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Przygotowanie stanowiska pracy Lt
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Komputer jest bardzo przydatnym urzadzeniem i wielkim udogodhieniem w zyciu co-
dziennym. Moze jednak by¢ przyczyng wielu probleméw zdruw_otn{»ch takich jak pogor-

&W Wad\ _postawy, béle niektérych migéni. 2@;6}3\4 (,\(L!OW Vla/*! j%‘) L;,

Jak wykazuja badania, wigkszo$¢ oséb pracujacych codziennie przy komputerze skarzy
si¢ na bole glowy lub kregostupa, tzawienie oczu, napiecie miesni, ogdlne rozdraznienie.
Czeédi z tych dolegliwodci mozna umknqc pracujac przy spec]alme zapro]ektowanym sta-
nowisku roboczym. Powinno ono by¢ wyposazone w nie:

Meble (krzesto z regulacjy Wysoma nachylenia oparcia, a takze duzy blat,

umozliwiajacy zachowanie wlasciwej odleglosci od monitora).

O$wietlenie.

» Urzadzenia zapewniajgce mikroklimat (temperatira 21-22°C; wilgotno$¢ powietrza
w% dla os6b obstugujacych komputer, a 30-70% w przypadku napraw kompute-
16w, aby zmniejszyc¢ ryzyko wyladowan elektrostatycznych; lekki ruch powietrza).
Ponadto powinno sie: e
Uzywad wylacznie monitoréw spelma acych miedzynarodowe normy bezpieczeristwa
lub wyposazon oW ochronne.
Wﬂiﬂdﬂi&.ﬁ&@g@x_m_oq}fom od oczu.

» Wykonywad-¢éwiczenia relaksujace zaréwno wzrok, jak i uktad nerwowy.

= Stosowac czeste przerwy w pracy z komputerem.

*OSOWAC CZESte przerwy W pracy z komp

Lzynniki s;
Najwazniejsze zagrozenia dla cztowieka pracujacego przy komputerze to oddziatywanie:
* Pola.elektromagnetycznego.

Pola elekirostatycznego.
¢ Promieniowania cieplnego.
—————
» Promieniowania nadfioletowego.
Slabego prormemowama ‘rentgenowskiego.

¢ Zmecz
» Bole miesni i stawéw.
Brak ostro$ci widzenia.

» Bali 08¢ ion.

|
i
!

i
i

Bl kregostupa.
Dretwienie i skurcze rak.

Niepokdj i nerwowo§¢.

Spedzajac przy komputerze wiele godzin, nalezy odpowiednio ustawi¢ stanowisko pracy,
aby zapobiec bélom kregostupa i glowy, schorzeniom rgk czy zmeczeniu oczu. Nieodpo-
wiednie ustawienie klawiatury, np. podniesienie nézek, moze powodowac nadwerezenie
nadgarstka.

Na jedno stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno przypada¢ 6 m? po-
wierzchni pokoju o wysokosci co najmniej 3,3 m. Jesli w pomieszczeniu znajduje sie wie-
cej niz jeden komputer, stanowiska pracy nalezy rozmieéci¢ tak, aby minimalna odlegtos¢
miedzy s3siednimi réwnolegtymi monitorami wynosita 60 cm. Odleglo$¢ miedzy tylem
monitora a glows sasiedniego uzytkownika powinna z kolei v lei wynosi¢ co najmniej 80 cm.
'_W_H}oga—;v—pomleszczemu z komputerami powinna by¢ gladka, bez szczelin, pokry-
ta wykladzing antyelekirostatyczng. Stanowiska pracy musza by¢ tak usytuowane, aby
wszyscy uzytkownicy mieli do nich swobodny dostep. Biurko powinno mie¢ blat o szero-
koéci 80-90 cm i dtugosci 120-160 cm. Maja sie na nim swobodnie zmiescic klawiatura,
myszka, podstawka na dokumenty i monitor. Miedzy przednia krawedzig blatu biurka
a klawiaturg musi pozosta¢ 5-10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie dioni. Wy-
soko$¢ biurka powinna by¢ dopasowana do wzrostu uzytkownika, z mozliwoscig regula-
cji w zakresie 65-75 cm (rys. 1.1).

40-75 cm

20507

i |

— -.,_:9_00
o=

60-70 cm

60-75cm
70-90 cm

90°
Obrét 360° %

40-50 cm

Prawidlowa postawa podczas pracy

Monitory nalezy ustawia¢ w takich miejscach, w ktérych nie bedzie sie w nich odbijato
$wiatto naturalne ani sztuczne. Monitor powinien by¢ oddalony optymalnie o 70 cm (mi-
nimalnie 45-50 cm) od oczu i wlasciwie wyregulowany (kontrast obrazu, rozdzielczosc).
Nalezy réwniez odpowiednio ustawi¢ biurko, krzesto i klawiature, aby nie nadwergzac
mie$ni. Odchylenie uzytkownika od pionu podczas pracy nie powinno przekraczac 15°.
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Komputer wykorzystujemy zaréwno do pracy, jak i do zabawy — gtéwnie gier stuzacych
rozrywce. W tym drugim przypadku czesto — niestety — zapominamy o swoim zdrowiu. N o .
ne ) Regulamin pracowni

Po kazdej gadzinie pracy przy komputerze nalezy zrobic 5 minut przerwy. Nie nalezy jes¢

przy komputerze, gdyz grozi to zalaniem lub zabrudzeniem czesci zestawu komputerowe- 4 : kO m p u te rowei

go. Moga one wtedy ulec uszkodzeniu.

Swiatlo sloneczne nie powinno pada¢ wprost na monitor, poniewaz odbite §wiatlo jest . I S . -
szkodliwe dla oczu. Najlepsze rozwigzanie to postawienie monitora na tle okna lub zasto- Bl
niecie okna zaluzjami. Po zmier: nalezy zapali¢ §wiatto i lampke na biurku. Nie nalezy ) )
pracowa tylko przy §wietle monitora, gdyz wystepujacy w takim przypadku duzy kontrast « Zasady obowiazujace w pracowni komputerowej
powoduje bardza szybkie zmeezenie oczu. e :
Wymagania dotyczace prawidtowego o$wietlenia pomieszczen, w ktérych znajduja si¢

komputery, okresla norma PN-EN 12464. Wed s $¢_natezenia $wiatta Kazdy uczeti powinien zapoznac si¢ z regulaminem pracowni komputerowej i jest zo-
wewngtrznego mierzonego na klawiaturze powinna wynosic 500 Ix (luksow). bowiazany do jego przestrzegania

T & o Uczniowie moga przebywaé w pracowni komputerowej jedynie w obecnosci nauczy-

~ ciela.
' Uczniowie sa zobowiazani przestrzega¢ zasad BHP dotyczacych stanowiska pracy, jak

Zastosuj sie do opisu na rysunku 1.1. Przyjmij odpowiednia postawe do pracy przy kom- réwniez sprzetu komputerowego znajdujacego si¢ w pracowni.

puterze. Zwré¢ uwage, jakie bledy najczedciej popelniasz podczas pracy na swoim stano-

wisku. Uczniowie wchodzg do pracowni komputerowej wylacznie za zgoda nauczyciela.
| Kazdy uczer pracuje jedynie na swoim stanowisku i nie moze go zmienic bez zgody
)7 SWOTA WIEDZE nauczyciela (stanowisko zostaje mu przydzielone na poczatku zajec).
' ' Podczas zaje¢ uczen nie opuszcza swojego stanowiska pracy.
Jakie czynniki wplywaja na bezpieczenistwo pracy przy komputerze? ! Uczniowie whyczaja i wylaczaja komputer wylacznie na polecenie nauczyciela.
Jaka powierzchnia pokoju powinna przypadac¢ na stanowisko pracy przy komputerze? ‘ W czasie zaje¢ nalezy zachowac cisze, aby nie przeszkadza¢ innym w pracy.
Jaka powinna by¢ odlegtos¢ pomiedzy sasiadujacymi monitorami? ! Nalezy dba¢ o porzadek na stanowisku pracy i wokét niego, a w szczegblnosci:
Jakie powinno by¢ natezenie §wiatta padajacego na klawiature komputerowa? ' » Nie wolno pic¢ i jes¢.

' ! Nie wolo dokonywa¢ samemu zadnych napraw sprzetu komputerowego.
Nie wolno dokonywac zadnych zmian w systemie operacyjnym bez zgody nauczyciela.
, Nie wolno podigcza¢ zadnych urzadzeti do komputera bez zgody nauczyciela.
» Nie wolo pobiera¢ i instalowa¢ oprogramowania bez wyraznego polecenia nauczy-
ciela prowadzacego zajecia.
Niedozwolone jest usuwanie plikéw i folderéw z dysku twardego.
Z internetu mozna korzysta¢ tylko w celach dydaktycznych.
‘ . Kazdy uczen powinien dostosowac stanowisko pracy do wlasnych potrzeb (tzn. wyre-
) gulowac krzesto i nachylenie monitora komputerowego).
‘ ' W przypadku zauwazenia jakichkolwiek usterek sprzetowych nalezy niezwlocznie ten
fakt zglosi¢ nauczycielowi prowadzacemu zajecia.
Uczen ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie usterki spowodowane niewla$ciwym uzy-
waniem sprzetu komputerowego.

zajecia w danej pracowni, dlatego kazdy uczet powinien dbac o jego stan.
Po zakoticzeniu zaje¢ nalezy doprowadzi¢ stanowisko pracy do stanu, w jakim je za-

|
|
|
| Sprzet znajdujacy sie w pracowni komputerowej stuzy wszystkim uczniom majacym
!
| .
| stali$my.




) Bezpieczenstwo
i higiena pracy

= Podstawowe pojecia dotyczace BHP
= Prawa i obowiazki pracownika
= Obowiazki pracodawcy
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|

Bezpieczeristwo i higiena pracy to zbidr przepiséw i zasad bezpiecznego i higienicznego
wykonywania pracy,
BHP obejmuje zagadnienia z zakresu:
Medycyny pracy. e
» Ergonomii i ekonomiki pracy.
Psychologii pracy.
» _Bezpieczenistwa technicznego.

Stuzbe medycyny pracy tworzy sie w celu ochrony zdrowia pracujacych przed wptywem
niekorzystnych warunkéw §rodowiska pracy. Zadaniem tej stuzby jest tez sprawowanie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujacymi, w tym kontrola ich zdrowia.

To zwigzek pomiedzy cztowiekiem a jego zajeciem, sprzetem i otoczeniem. Kazdy pra-
cownik powinien dostosowac swoje stanowisko pracy do wlasnych potrzeb, aby wykonujac
race, czut sie swobodnie. Tak dostosowane stanowisko nazywamy

To relacja pomiedzy nakladami dotyczacymi pracy a uzyskiwanymi efektami, tzn. wyni-
kami pracy.

Jest dzialem psychologii stosowanej i odnosi si¢ do rozmaitych aspektéw zarzadzania
zasobami ludzkimi i ich organizacji.

Zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

s Zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP.

. By¢ odpowiedzialnym za stan bezpieczeristwa i higieny pracy w zakladzie pracy.

» Eliminowa¢ potencjalne zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw.

» Uwzglednia¢ ochrone zdrowia miodocianych, pracownic w ciazy i karmiacych piersia
oraz pracownikéw niepelnosprawnych.

» Zapewni¢ wykonywanie zaleceti spolecznego inspektora pracy.

» Poddawac osoby pracujace i przyjmowane do pracy badaniom lekarskim wstepnym,

okresowym i kontrolnym.

» Nieodptatnie zapewni¢ pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazli-

wych odpowiednie positki i napoje. Dotyczy to sytuacji, w ktérych jest to niezbedne ze
wzgledéw profilaktycznych.
Przeszkoli¢ pracownika w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

» Dostarcza¢ pracownikom nieodplatnie $rodki ochrony indywidualnej. Zabezpieczaj

one przed dziataniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnikéw wystepu-
jacych w §rodowisku pracy.
Dostarczaé pracownikom nieodplatnie odziez i obuwie robocze.

» Znaé przepisy oraz zasady BHP.
s Brac¢ udzial w szkoleniu i instruktazu z zakresu BHP.
» Wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeristwa i higie-

ny, stosowac sie do zaleceni przetozonych.
Dbac o porzadek w miejscu pracy oraz o stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu.

¢ Stosowad §rodki ochrony zbiorowej.
» Stosowad §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
» Poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Niezwlocznie zawiadomic przelozonego o zauwazonym w zaktadzie pracy wypadku.

Prawo do powstrzymania sie od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowia-
daja przepisom BHP. '

» Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy.

Prawo do przerwy w czasie pracy.

» Zagrozenia fizyczne, np. wirujace czeéci, spadajace przedmioty, ptyny, krawedzie, prad

elektryczny, halas.

Zagrozenia chemiczne, np. substancje i reakcje chemiczne.

Zagrozenia biologiczne, np. mikroorganizmy, roéliny, zwierzeta, komponenty bio-
logiczne.

+ Zagrozenia fizyczne i psychiczne, np. brak ruchu, zmeczenie, stres, nadmierne obcia-

Zenie ciala.
Zagrozenia zwigzane z warunkami socjologicznymi, np. system organizacji, przebieg
pracy, brak kwalifikacji i umiejetnosci.

Co oznacza skrét BHP?

Jakie prawa i obowiazki dotyczg pracownika zatrudnionego w zakladzie pracy?
Jakie obowiazki ma pracodawca zatrudniajacy pracownika?

Wymien rodzaje zagrozen zawodowych.
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= Pojecia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa

« Rodzaje pozaréw
Dobér srodkéw gaséniczych do rodzaju pozaru

Odpornos¢ ogniowa.

Nognos¢ ogniowa.

Szczelnoéc ogniowa.

Izolacyjno$¢ ogniowa.

Klasa odpornoéci ogniowe;j.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku.

to_zapobieganie pozarom i ich zwalczanie. Przyczynami
¢ ( s
_»_Wadliwa instalacja urzadzeri elektrycznych lub nieprawidtowe uzywanie instalacji elek-
trycznych.
_:__[J_z;ztkewa-nie—u&qdzen elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
_»_Naprawianie urzadzen elektrycznych bez posiadania do tego niezbednych uprawmen

Nieostrozne postugiwanie sie zZrédtem ognia lub otwartym ogniem, wynikajace z Braku

-2 Nieosrozne
v_rzobrazm, zabawa zapatkami.

»Niewla$ zechowywanie cieczy fatwopalnych lub nieumiejetne ich stosowanie.
-+ " N Maanla_

A A F - i
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: Zapewnlc $rodki mezbedne do ud21elama pierwszej.pomocy w nag}ych Wypadkach
do zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownlkow
Wyznaczy¢ pracownikow do udzielania pierwszej pomocy.

» Zapewnié facznoéc z wyspecjalizowanymi stuzbami zewnetrznymi.

pracol
o LR

Przestrzegac przepiséw przec1wpozarowych
Uczestniczy¢ w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
Utrzymywac porzadek na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu.
Prawidtowo uzytkowa¢ instalacje i urzadzenia elekiroenergetyczne.
Zna¢ numer telefonu alarmowego do Patistwowej Strazy Pozarnej.

» Umiec postuzy¢ si¢ sprzetem ga$niczym.
Znad zasady postepowania na wypadek pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOQZAROWA

y)e Pozary cialstatych.
1} Pozary cleczy.
%)s Pozary gaz6w palnych.
ﬁ)- _Pozary metali.
g Pozary urzadzen elektrycznych pod napieciem.

ﬁfmawz}sd ’

Bardzo waznym elementem ochrony przeciwpozarowej jest wlasciwy dobér $rodkéw
gagniczych do rodzaju gaszonego pozaru (tabela 4.1.).

Dobieranie §rodkéw gasniczych do rodzaju pozaru

f woda, piana gasnicza, proszek gasniczy,
| dwutlenek wegla

pozar ciat statych
(drewno odz:ez pap|er)

pozar cieczy palnych oraz substanql sta+ych
topniejacych wskutek ciepta
(benzyna smofa, topiace su; tworzywa sztuczne)

piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek
wegla, halon

pozar gazoéw palnych | proszek gasniczy, dwutlenek wegla, halon
(propan butan acetylen gaz zuemny) |

| pozar metah | proszek gasniczy, dwutlenek wegla, halon |
(magnez lit, séd, potas) |

l proszek gasniczy, dwutlenek wegla, halon

pozar urzadzen elektrycznych pod napieciem

g

alezy pamietad nie mozna gasi¢ plonacych na lud21ac|\
ubrati (ze wzgledu na bardzo niska temperature $rodka ga$niczego). Trzeba to robi¢
M1czego Obowigzuje takze calkowity zakaz gaszenia wodg i ga$nicami /
pianowymi urzadzen pod napieciem, gdyz takie postepowanie grozi porazeniem pradem./
Woda nie nalezy réwniez gasic thuszczéw, paliw ani olej6éw.

AW L

Jakie sg obowigzki pracownika i pracodawcy w zwigzku z ochrong przeciwpozarowa?
Wymieni rodzaje pozaréw.
Wymien §rodki gaénicze stosowane do gaszenia pozaréw.
Jaki érodek gasniczy zastosujemy do gaszenia urzadzen elektrycznych pod nap1¢c1er;r
v
wigy vl !
A
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| 1Produkt nie powinien by¢ wyrzucany razem z innymi odpadami
domowymi  p————""

’ ° s i
Ochrona $rodowiska
Wskazuje na selektywng zbiérke zuzytego sprzetu elektrycznego
E i elektronicznego.

Pojecia zwigzane z ochrona srodowiska
= Oznaczenia na opakowaniach produktéw | . n
a LU Opakowanie wykonane z aluminium
@
y 4 ‘

to dzial ochrony przyrody zajmujacy sie ochrong wody, powietrza
i gleby przed zanieczyszczeniem. Ochrona ta wyraza sie w ksztattowaniu srodowiska i go- —
|| spodarowaniu jego zasobami zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Polega tez na
przeciwdzialaniu zanieczyszczeniom i przywracaniu elementéw przyrodniczych do stanu
- wlasciwego.
Obowigzek ochrony $rodowiska reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny srodowiska (DzU Nr 62, poz. 627 z p6ézniejszymi zmianami).
Bardzo waznymi i nieodzownymi elementami ochrony $rodowiska sa recykling i utyli- —
zacja odpadéw.
/

} To odzyskiwanie surowcéw z odpadéw w celu wykorzystania ich w procesach produkcyj-
| nych. Dzigki recyklingowi lepiej wykorzystuje sig materialy i oszczedza surowce naturalne. I

| Produkt nalezy wyrzuci¢ do kosza

Recykling. Opakowanie tego produktu moze byCprzetwarzone

Zielony Punkt.

Jest metoda wykorzystania odpadéw. Materiaty, ktére mozna ewentualnie wykorzysta¢, pod-

Elaje sie recyklingowi, natomiast pozostate odpadki i produkty uboczne unieszkodliwia sie. Za to opakowanie wniesiono wkiad pienigzny na rzecz

organizacji odzysku opakowar w danym kraju
hamliegns ==

! Recykling:

—~ segregacja

— sortowanie

— kompostowanie
Spalanie
Sktadowanie

Produkt jest tatwopalny, a temperatura przechowywania nie powinna
przekroczy¢ 50°C

Na co dzieti spotykamy ogélnodostepne pojemniki na odpady. Do kazdego z nich wrzuca-
my inne surowce:

Do niebieskich — papier.

Do z6ttych — plastik.

Do czerwonych — aluminium.

Do biatych - szklo bezbarwne.

Do zielonych — szkto kolorowe.

Na czym polega recykling?
Scharakteryzuj proces utylizacji.
Jakie oznaczenia mogg wystepowac na produktach?




Pierwsza pomoc

w stanach

zagrozenia zycia

1 Pojecia zwigzane z pierwsza pomocy
Ocena stanu poszkodowanego

Mozliwe pozycje poszkodowanego podczas pierwszej pomocy

o M_m_tr
|

|
|

to pomoc udzielana na miejscu wypadku przez $wiadkéw zdarzenia,
przed przybyciem stuzby ratowniczo-medycznej. Polega ona na zabezpieczeniu poszko- |

dowanego przed dodatkowym urazem.

Sprawdzenie, czy poszkodowany jest przytomny.
Sprawdzenie, czy poszkodowany oddycha.
Sprawdzenie, czy u poszkodowanego wystepuje tetno.
Badanie szczegétowe poszkodowanego.

Pozycja zastana — przy podejrzeniu urazéw kregostupa nie zmieniamy pozycji poszko-
dowanego.

Pozycja autoprzetoczeniowa — undsimy obie nogi poszkodowanego, aby poprawic kra-
zenie mézgowe poprzez wlasciwy odptyw krwi z koficzyn dolnych.

Pozycja péisiedzaca — poszkodowanego w pozycji siedzacej opieramy plecami o stabilny
przedmiot, przy niektérych urazach — z nogami lekko ugietymi w kolanach.

Pozycja lezaca z nogami ugietymi w kolanach — stosujemy jg przy urazach jamy
brzusznej i miednicy.

Pozycja boczna ustalona — ma na celu zabezpieczenie poszkodowanego nieprzytomne-
go z zachowanymi czynnogciami zyciowymi, np. podczas oczekiwania na przybycie le-
karza. Pozycja ta utatwia oddychanie i krazenie, zapewnia drozno$¢ drég oddechowych.
Pozycja przeciwwstrzgsowa — polega na utozeniu poszkodowanego na wznak i uniesie-
niu nég nad poziom glowy, na wysokos¢ okoto 30-40 cm.

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, a jego tetno niewyczuwalne, nalezy podjaé na-
stepujace dzialania: 30 uci$nie¢ dolnej czesci mostka (100 uci$nie¢ na minute), nastepnie
2 oddechy ratownicze. Czynnosci te nalezy powtarza¢ na zmiane do czasu powrotu prawi-
dlowego oddechu i kragzenia krwi lub do chwili przybycia lekarza.

Poszkodowany nieprzytomny, brak tetna i oddechu — przystepujemy do sztucznego
oddychania i zewnetrznego masazu serca (resuscytacji krazeniowo-oddechowej).

, Poszkodowany nieprzytomny, brak oddechu, ale tetno wyczuwalne — wykonujemy
sztuczne oddychanie w tempie 1 oddech co 5 s i powtarzamy wentylacje ptuc. Po minu-
cie sprawdzamy czynnosci zyciowe.

Podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi najczestszym zagrozeniem zycia cztowie-
ka jest porazenie pradem elektrycznym.

BéL

¢ Utrata przytomnosci.

s Poparzenia skory.
Zaburzenia oddychania.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym nalezy przede wszystkim wytaczy¢ Zré-
dlo pradu. Jezeli nie mamy takiej mozliwosci, trzeba odsuna¢ poszkodowanego od Zrédta
pradu, uzywajac dla wiasnego bezpieczefistwa materialéw o whasciwosciach izolacyjnych
(drewno, gruba folia, odziez). Natychmiast nalezy oceni¢ stan poszkodowanego. W sytu-
acji wystapienia zaburzen oddychania i krazenia powinno si¢ podja¢ akcje reanimacyjng
i wezwa¢ pogotowie ratunkowe. Podczas porazenia moze doj$¢ do wystapienia ran cigtych
bad# oparzeniowych. Wéwczas nalezy udzieli¢ szybkiej pomocy, opatrujgc zranienia.

. Jakie sg objawy porazenia pradem elektrycznym?

Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna?
Jakie s3 mozliwe pozycje poszkodowanego podczas pierwszej pomocy?




Srodki ochrony
‘indywidualne;
E} i zbiorowej

Srodki ochrony indywidualnej
Srodki ochrony dostarczane przez pracodawce
Srodki ochrony zbiorowej

Przykladowe zagrozenia moggce wystapic na stanowisku pracy:
Hatas.
Wibracja.
(| » Zapylenie.
| + Czynniki chemiczne.

|

|
i | = Odziez robocza, odziez ochronna.
Rekawice robocze, rekawice ochronne.
! |« Buty robocze, buty ochronne.
1 | = Ochrona glowy, oczu, twarzy, uszu.
| = Apteczki, gasnice.

__)Zgodnie z Kodeksem pracy — dziat dziesiaty, rozdziat IX, Srodki ochrony indywidualnej

(oraz odziez i obuwie robocze — pracodawca:

Jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodplatnie érodki ochrony indywidualnej.
Zabezpieczaja one przed dzialaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czyn-
nikéw wystepujacych w §rodowisku pracy.

Musi informowac pracownika o sposobach postugiwania sie tymi §rodkami.

Jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodplatnie odziez i obuwie robocze, spet-

1 niajace wymagania okreslone w Polskich Normach:

— jezeli odziez wlasna pracownika moze ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudze-

niy;

- ze wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne lub dotyczace bezpieczenistwa

' i higieny pracy.

1 Moze okreglié, na ktérych stanowiskach dopuszcza sie uzywanie przez pracownikéw, za
ich zgoda, wlasnej odziezy i obuwia roboczego. Odziez i obuwie musza spelnia¢ wyma-
gania bezpieczeristwa i higieny pracy.

r Wyplaca pracownikowi uzywajacemu wlasnej odziezy i obuwia roboczego ekwiwalent

\__pieniezny w wysokosci uwzgledniajgcej ich aktualne ceny.

Ustala rodzaje $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, kté-
rych stosowanie na okreglonych stanowiskach jest niezbedne.

Moze nie dopusci¢ do pracy pracownika bez §rodkéw ochrony indywidualnej oraz bez
odziezy i obuwia roboczego koniecznych na danym stanowisku.

s Jest obowigzany zadbad o to, by stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe. Musi tez zapewni¢ ich
pranie, konserwacje, naprawe, odpylanie i odkazanie.

Wyptaca pracownikowi ekwiwalent pienigzny za pranie odziezy roboczej, jezeli sam nie

moze tego zapewni¢; wysoko$¢ ekwiwalentu musi by¢ zgodna z kosztami poniesionymi

przez pracownika.

» ‘Test obowiazany zapewnic, aby $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, ktére w wyniku stosowania w procesie pracy ulegly skazeniu $rodkami che-
micznymi lub promieniotwérczymi albo materiatami biologicznie zakaznymi, byty
przechowywane wylacznie w miejscu przez niego wyznaczonym.

$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze stanowia wlasnos¢ praco-
dawcy.

: (i to rozwigzania techiniczne stosowane w pomieszczeniach pro-
dukcyjnych, maszynach i urzadzeniach. S3 one przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami wystepujacymi pojedynczo
lub tacznie w $rodowisku pracy.

Ostony.
Wentylatory pomieszczen.
o Srodki bezpiecznego dojscia (schody, drabiny).
Wyposazenie do latwego przenoszenia maszyn i ich ciezkich czgéci (np. haki, zaczepy).
» Srodki do odlgczania energii (np. rozlaczniki gtéwne zamykane na klucz) .
o Srodki zmniejszajace skutki zdarzen zagrazajacych, takie jak urzadzenia do zatrzyma-
nia awaryjnego.
Ostrzeganie o zagrozeniach za pomoca urzadzen sygnalizacji $wietlnej i dZwiekowej.

i. Jakie $rodki ochrony indywidualnej nalezy stosowac?
Czy i kiedy pracodawca powinien wydawac obuwie i odziez robocze?
Jakie sa przyktadowe $rodki ochrony zbiorowej?




2. Arytmetyka
komputera

® Pojecia z zakresu elektroniki i elektrotechniki

® Jednostki informacyjne i systemy liczbowe

® System dwéjkowy (binarny)

® System 6semkowy

® System szesnastkowy

® Przeliczanie systeméw liczbowych

® Operacje arytmetyczne na liczbach dwéjkowych

® Zapisy liczby dwéjkowej ze znakiem oraz reprezentacja stato-

i zmiennoprzecinkowa




2. ARYTMETYKA KOMPUTERA

|

Pojecia z zakresu
| elektroniki
i elektrotechniki

ZAGADNILENIA
m Podstawowe pojecia z dziedziny elektroniki i elektrotechniki |
m Rodzaje pradu elektrycznego

u Wyliczanie mocy pobieranej przez urzadzenia
u Podstawowe parametry pradu elektrycznego

Urzadzenia techniki komputerowej, ktérymi bedziemy sie zajmowac, sa zasilane pradem
elektrycznym. Dlatego musimy pozna¢ podstawowe pojgcia z nim zwigzane.

Podstawowe pojecia
Napiecie
Natezenie pradu
Czestotliwodc =4
Moc i
Rezystancja

Pojemnosc elektryczna !
Indukcyjnosé %

Napiecie
Napiecie to réznica potencjatéw pomiedzy dwoma punktami obwodu elekirycznego ko-
| nieczna do przeniesienia jednostkowego ladunku dodatniego z punktu o nizszym poten- |
| cjale do punktu o wyzszym potencjale. o
Napiecie oznacza sig¢ zwykle symbolem U. 1
Jednostka miary napiecia jest waolt (V). Aby fadunek jednego kulomba — 1 C pokonat
réznice potencjatéw jednego wolta — 1 V, nalezy wykona¢ prace jednego dzula—17.

Natezenie pradu

Natezenie pradu to wielko$¢ fizyczna charakteryzujgca przeptyw pradu elekirycznego zde-

ﬁgi_o_w_m;uakuﬂusmlekmJ:to__é_cj  fadunku elektr_xczgqgg_pizg}ywajaﬁegp ) przez dang po-

wierzchnie do czasu przeptywu fadunku. Jednostka miary natezenia pradu jest amper (A).

Jezeli przeptywajacy przez dany przekrdj ‘prad ma natezenic--A, oznacza-to, ze W Ciggu
{| 1sprzeptywa1C (kulomb)fadunku. Natezenie pradu oznacza si¢ symbolem I, a kierunek

jego przeplywu wskazuje strzalka.

Czestotliwosc

I Czestotliwos¢ jest to odwrotnos$¢ okresu T przebiegu zmiennego. Czestotliwo$¢ oznacza
sie symbolem f. Zaleznos¢ miedzy czestotliwoscia a czasem opisuje wzér 8.1.

W uktadzie SI jednostky czestotliwosci jest herc (Hz). Czgstotliwoé¢ jednego herca ma
| przebieg W okresie 1 sekundy (s).

| Moc
Moc pobierana przez urzadzenie to iloczyn natezenia przeptywajacego pradu elektryczne-

oo I oraz napiecia elektrycznego U. Moc oznacza sie symbolem P.
P=U_-1I 8.2), |
Moc wyraza si¢ w watach (W). Moc jest réwna jednemu watowi — 1 W, jezeli praca
jednego dzula —1] zostaje wykonana w czasie jednej sekundy — 1 s. Aby wyliczy¢ moc |
pobierana przez urzadzenie, nalezy pomnozy¢ napiecie zasilania urzadzenia i Mﬁlmy
prad (natezenie pradu). :
2GRS

Rezystancja,

Rezystancja to inaczej opér elektryczny. Wystepuje w obwodzie pradu stalego i zmiennego.
Jest zaleznodcia miedzy napieciem elektrycznym i natgzeniem pradu elektrycznego. Rezy-

stancje oznacza si¢ symbolem R.

R=—
I

gdzie: R — rezystancja pomiedzy dwoma punktami, U - napiecie pomiedzy dwoma punk-
tami, I — natezenie pradu elektrycznego. l

(8.3),

Pojemnos¢ elekiryczna

Pojemnog¢ elektryczna jest stosunkiem tadunku zgromadzonego na przewodniku do po-
—l‘—'-_'_—-_-_-__-_‘._—__"‘\ 0 < . . . - -

tencjatu przewodnika. Pojemnosc oznacza sig litera C, a jej jednostka jest farad {F).

c-2
F U

gdzie Q oznacza tadunek elektryczny w amperosekundach (As), a U - napiecie w woltach (V).

Indukcyjnosé
Indukcyjno$¢ to zdolno§¢ wytwarzania strumienia pola magnetycznego przez obwéd za- |
silany pradem elektrycznym. Tndukcyjnoé¢ oznacza si¢-symbolem L, a jej jednostks jest

henr (H).

Rodzaje pradu |
W urzadzeniach techniki komputerowej wyrézniamy nastepujace rodzaje pradu:
® prad staly,
& prad przemienny (idealna sinusoida).

Przebiegi pradu w czasie przedstawiono na rys. 8.1.

A
) Prad staty R

(8.4),

Prad przemienny 1

~+y
=

!
|
|
Rys. 8.1. Prad staly i przemienny i I

|
A
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Prad staty
Wiekszos¢ urzadzen techniki komputerowej jest zasilana pradem statym. Prad ten cha-
rakteryzuje sie statym natezeniem i kierunkiem. W _przypadku stosowania urzadzeti za-

silanych pradem statym podaje sie na nich dwa araietry: napiecie i natezenie (rys. 8.2).

3.42A

19V —

Rys. 8.2. Przykladowe oznaczenie na urzadzeniu

Oznacza to, ze urzadzenie jest zasilane napieciem 19 V, a natezenie pragdu wynosi do
3,42 A. Urzadzenie pobiera ok. 65 W mocy, poniewaz 19V - 3,42 A = 64,98 W.

Prad przemienny
Wiekszo$¢ obwodéw zasilajacych urzadzen elektrycznych na wejsciu ma prad prze-
mienny, a na wyjéciu prad staty. Prad przemienny to taki, ktérego nat¢zenie zmienia sig
w czasie. W _przypadku pradu przemiennego podaje si¢ trzy parametry: napiecie, nate-
_zenie i czestotliwos( (rys. 8.3). z

100-240V 1.2A

50/60Hz

Rys. 8.3. Przykladowe oznaczenie na urzadzeniu

¥

Jak okreélone jest napiecie elektryczne i natezenie pradu?
Jak obliczy¢ moc pobierang przez urzadzenie elektryczne?
Jakie wyrézniamy rodzaje pradu?

Jaka jest moc pobierana przez urzadzenie zasilane napigciem 15 V o natezeniu pradu 3 A?

B

=

Jednostki informacyjne
i systemy liczbowe

ZAGADNIENIA

s Podstawowe jednostki informacyjne

# Podstawowe systemy liczbowe

s Przeliczanie jednostek informacyjnych

u Systemy liczbowe stosowane w urzadzeniach techniki komputerowej

Jednostki informacyjne
- W zyciu codziennym uzywamy podstawowych jednostek, takich jak metr, wat, oraz ich
| wielokrotnoéci (kilometr i kilowat), przy czym:

1 km =1000 m
f 1 kW = 1000 W.

W systemie komputerowym symbol k (kilo) réwniez oznacza wielokrotno$¢ podsta-
wowej jednostki. Nie jest to jednak 1000-krotnos¢, lecz 1024-krotnoéé, poniewaz pod-
stawowym systemem komputerowym jest system binarny, a wielokrotno$¢ podstawy
systemu 210 = 1024.

Bit jest najmniejszg jednostka informacji przetwarzang przez komputery. Bit, oznacza-
ny malg literg b, moze przyjmowad wartosci 01 1.

Bajt (byte) to grupa oémiu bitéw. Bajty oznacza sie duza litera B.

Poniewaz ilo§¢ informacji przetwarzanych przez wspélczesne komputery jest coraz
wieksza, stosuje sie wielokrotnosci bitu i bajtu (tabela 9.1).

Tabela 9.1. Przeliczanie jednostek informacyjnych

bajt B g 1B=8b
1 . !
kilc_)bajt 1KB=2"B=1024B
megabait MB_ % 1MB=2"KB=22B=1048 576 B
gig_abajt GB 1GB=2"MB =20 KB =2%B
terabajt i TB J 1TB =20 GB = 2% MB = 2% <KB =298
m I PB 1-i3B=2‘°TB=22°GB=23°MB=24°KB=25°B

@ - ];1EB=2‘°PB=22°TB=23°GB=24°MB=25°KB=26°B
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|
systemie komputerowym wyréznia sie takze podstawowa porcje informacji zwang W technice komputerowej stosuje sie nastepujace systemy liczbowe:
g%.omm Stowo zawiera catkowity liczbe bafiow. natomiast dfugos¢ stowa wyraza sigw bi- | o dwojkowy,
ta _’c;;‘ Dhugo$¢ stowa zalezy od architektury procesora, a w szczegdlnosci od podstawowego | o Gsemkowy, {
}wn_lﬁhm-pmcess&—_diugosﬂlﬂismyl Wawem 1 o dziesietny, !
do urzadzen ia) dokonuje sie na z o szesnastkowy. |
i

Stowach, W tabeh 9.2 przedstawmno typy stéw najczesciej spotykane w komputerach PC. ]
Tabela 9.3. Charakterystyka systeméw liczbowych stosowanych w technice komputerowej

Tabela 9.2. Przeliczanie jednostek informacyjnych | Liczba
' o Zbidr symboli (cyfr) Sposoby zapisu liczb
Nazwa polska Nazwa angielska Dtugos$¢ stowa Y

'IO'IO , (1010
Stowo word 16 b 1stowo=2B=16b dwojkOWy (binarny) | e s = 2_,.“ =
+ ssemkowy (oktalny) 8 101234567 | (705)s, (705)oc
Dwustowo double word (dword) 32b 1 dwustowo=4B=32b - N = e
i /Aziesictny 10 0,1,2,3,456,7,8,9 453)10, (453)4, (453)p, (453)dec, 453
Czterostowo quadword (gqword) 64b ‘ 1 czterostowo =8 B=64 b (decymalny) ‘ ] BT SE a S 1 ( ho, (453)q, (453)p, (453) dec,
"W o N szesnastkowy 16 0,1,23, 4 5 6 7 8 9,A, (I (1C5) (1C5)p, ('ICS)H, (1CS)hex '|C5h
' technice komputerowej bity stosuje sie do okreslania szerokoéci magistrali (np. 32 b) (heksadecymalny) B,C,D,EF . 1C5H
ub predkosci transmisji (np. 1 kb/s), natomiast bajty — do wyrazania pojemnosci pamigci p—— !
(np. 512 MB). 1 Wymienione systemy liczbowe s3 takze nazywane systemami pozycy]nyml Oznacza to,
#e kazdej cyfrze na okreslonej pozyciji w liczbie jest przypisana odpowiednia waga (mnoz-

PRZYKLAD 9.1. B

Zapis symboliczny karty graficznej

nik). Wage mozna obliczy¢ ze wzoru:

> | Wy, =p" (9.1),
" ATI HD4870 1024 MB /256 b |

gdzie: w — waga pozycji, p — podstawa systemu, n — numer pozycji.
oznacza, Ze jest to karta o pojemnosci pamieci 1024 megabajtéw i szerokosci

magistrali pamieci 256 bitéw. o PRZYKLAD 9.3. I - -

Liczbie 1782 zapisanej w systemie dziesietnym (p = 10) mozna przypisaé odpo-

—————= . wiednie numery pozycji (n) — od prawej do lewej strony. Nastepnie dla kazdej cyfry
Na co dzieri uzywamy internetu z predkoscia 2 Mb/s. Jest to predkos¢ odbierania mozna okresli¢ wage, zgodnie ze wzorem (9.1). Zsumowanie wag pozwoli uzyskad
danych wyrazona w bitach na sekunde. Aby wyliczy¢ rzeczywistg predkos¢ pobiera- warto$¢ liczby.
nia danych, nalezy przeliczy¢ jg na bajty. . S

. " Nr pozydji (n) 3 2 11 o
1 2Mb/s = 2048000 b/s : 8 = 256 kB/s A it = . e o
. o : | Wagi (w) 10° 102 10 l 100
Rzeczywista predkos¢ pobierania danych wynosi 256 kB/s. I ‘ e e SN RS M S
' Llczba w systemle dziesietnym 1 7 8 2

K B a S
. ™

Zatem 1782=2 - 10°+8 - 10! +7 - 10?2 +1 - 10 =

Przelicz w zeszycie jednostki informacyjne: s
1024B  =..... b’ Ed SPRAW)
512 kb = e b ;
05GB = MB jak okredla sie bit?
2048 MB = ....... GB e bitow to bajt?
1048576 b = ........ kB - lle KB to 1 GB?

1
2
3
4. Co wyrazamy w bitach, a co w bajtach?
5. Jakie znasz systemy liczbowe?

6

Systemy liczbowe - Jakich znakéw uzywa sie w systemie heksadecymalnyms?

System liczbowy to inaczej zbiér regut zapisu i nazewnictwa liczb. Do zapisywania liczb
uzywa sie pewnego skoticzonego zbioru symboli, zwanych cyframi.
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VI > ARYTMETYKA KOMPUTERA 10 EM DWO[KOWY (BINARNY

| s
I PRZYKLAD 10.2. = = SR —

’ ] d 7o k Liczba (850)10
R i e - e e
e SyStem WOJ OWY 20 29 | 8 | g7 g8 EARAE: P 2|22
. iWagi N N R RN E R SN R B =
(blnarny) ‘ | 1024 512 | 256 | 128 64 | 32 16 | 8 } 4 2 i 1
T B T e S S o R S S S B
. i | ! 3 i }
N Liczba w systemie o l1 11 o 1,01 00 110
! dWOJkOW){leH I L D i !
el = Sumowanie wag ; 512 | 256 | i 64 L _‘Ue ] | [ 2 |

ZAGADNIENIA
= System binarny
u Przeliczanie liczb w systemie binarnym

Stad 512 + 256 + 64 + 16 + 2 = 850, czyli (850)y9 = (01101010010),

R L

Sposéb drugi polega na kolejnym dzieleniu zamienianej liczby przez 2. Jezeli po dziele-
e - - niu zostaje reszta, wpisujemy po prawej stronie 1. Jezeli liczba dzieli si¢ bez reszty — wpi-
Dwéjkowy system liczbowy (zwany réwniez binarnym) jest pozycyjnym systemem liczbo- sujemy 0.

wym, ktérego podstawe stanowi liczba 2. Oznacza to, ze do zapisu liczb s3 potrzebne tylko

dwie cyfry: 0 1. |

Systemu dwéjkowego uzywa sie powszechnie w elektronice cyfrowej. Uklady elektro- 75 0 2 = 37 reszty 1
niczne najczescie] interpretuja ptyngcy prad jako stan 1, a jego brak jako stan 0. Sprowa- 37:2-18 reszty 1
dzenie liczby-standw-do-dwédch pozwala na zminimalizowanie przekfaman danych. Dlate- 18:2=9 reszty 0 A
go tez system dwéjkowy prayjat si¢ rowniez w informatyce. 9:2=4 reszty 1 kierunek
] Sposoby zapisywania liczb w systemie dwéjkowym 4:2=2 reszty 0 odczytywania
Liczbe w systemie dwéjkowym oznacza sie przez dodanie indeksu dolnego, np. (11110), 2:2=1 reszty 0
| lub (11110)g (patrz: tabela 9.3 z lekcji 9.). Jesli jest to system dziesigtny, co mozna odpo- 1:2=0 reszty 1
wiednio zaznaczy¢, np. (30)9 lub (30)p. W ten sposéb unika sie ewentualnego bledu, gdyz Zatem liczba (75);o w systemie dwéjkowym to (1001011),
np. liczba 11110 moze wystepowad w systemie dziesietnym, dwéjkowym i innych. :
Konwersja liczby dwéjkowej na dziesietna
Konwersja liczby dziesigtnej na dwéjkowa Aby przeliczy¢ liczbe dwéjkowa na dziesietna, nalezy doda¢ kolejno wszystkie cyfry po-
Konwlirsjg (przeliczanie) liczby dziesietnej na dwéjkowa mozna przeprowadzi¢ dwoma mnozone przez wage danej pozycji. Zaczynamy od ostatniej cyfry.
sposobami. ,
Pierwszy polega na wybraniu odpowiednich wag (wartosci poteg liczby 2) w taki sposéb, I
| aby ich suma .b}.fla réwn:ft wartodci liczby prze'kszta}c.ar}ej. Wybiergnie-zaczynamy qd wagi, (10101100111), =1 - 2041 - 2141 ._22 +_0 _2_3 L0 . 2 +_1 .95 ; 1. 96 +_0 _ 27 4
ktéra jest mniejsza od liczby przeksztalcanej. W miejsce odpowiadajace wybranej wadze 1.2840.2941.20-1424+4 _
. P . . = +4+ 32+ 64+ 256 + 1024 = (1383)4¢
wstawiamy cyfre 1. Jegli dana waga nie zostanie wybrana (suma dotychczas wybranych b N - - e
wag i wagi biezacej jest wigksza od liczby zamienianej na posta¢ dwéjkowa), w miejsce to .
wstawiamy cyfre 0.

3 SPR/

- — _ .
Liczba (720)10 . | I Przelicz w zeszycie dwoma sposobami na system dwojkowy liczby:
!m___‘____m_ o 7 Pl 2 - (248 =

Wagi e S = | 5) (385) =
1024 512 256 128 64 32 16 & 4 2 1
_____ . — .?__ _._? - T - . (724)10 =
I;:\:I(zsl?kaovvx\/l srz/qstemle 0 ] o 1 1 o 1 o o o0lo | 41 (927) =
fomy F ‘ = ; (1342)y9 =
: i
Sumowanie wag 512 | 128 | 64 16 jﬂ o : (1289);5 =
|

Stad 512 + 128 + 64 + 16 = 720, czyli (720)50 = (01011010000), _ ]
. . N ] - — e i i . ﬂ} |
|
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Przelicz w zeszycie na system dziesigtny liczby:
(10111010),
{11101001),
(10010111),

(101110101),

(

(

110110111),
1000111101},

Za pomocy programu Kalkulator, dostepnego w systemie operacyjnym komputera,
sprawdz, czy otrzymane wyniki z zadania 11 2 s3 poprawne.

Jakie cyfry zawiera system dwéjkowy (binarny) i co one oznaczaja w uktadzie elektro-

nicznym?
Jak wykonaé konwersje systemu dziesietnego na dwéjkowy (binarny)?
Jak wykona¢ konwersje systemu dwéjkowego (binarnego) na dziesigtny?

-I -I System ésemkowy

ZAGADNIENIA
= System 6semkowy
# Przeliczanie liczb w systemie 6semkowym

Osemkowy system liczbowy, zwany tez oktalnym (ano octal), jest pozycyjnym systemem
TiczZBowyTiT o podstawie 8. Do zaplsu hczb uzywa s1e; w nim o$miu cyfr 0 1 2 3 ,4,5,6,7.

Konwersja hczby dwo;kowe; na osemkowq
Aby zamienic liczbg dwojkowa na 6semkows, trzeba wszystkie jej cyfry podzieli¢ na
grupy po trzy bity — od prawej do lewej strony. Nastepnie kazdg otrzymang grupe trzech
“cyft sysTemmu dwojkowego | nalezy zamieni¢ na odpowiadajaca im jedna cyfre systemu
6semkowego. Kolejne liczby w zapisie dwdjkowym i 6semkowym przedstawiono w ta-

beli 11.1.

Tabela 11.1. Liczby w systemie dwéjkowym i 6semkowym

Liczba w systemie dwojkowym Liczba w systemie 6semkowym

{

000 L 0
K |

' 001 1

| 010 2

on 3

100 g 4
- +

101 5

10 6

m 7

PRZYKLAD 11.1.

1. (1010 101 000 111), = (12507)g
125 0 7

2.(1101 010 110 011), = (15263)s
152 6 3
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Konwersja liczby dziesietnej na 6semkowg | (653)s = '
Gdy przeliczamy liczbe zapisang w systemie dziesigtnym na 6semkowy, wykonujemy takie | | ) (572)s =
| same czynnogci jak podczas przeliczania na system dwéjkowy. Réznica jest taka, ze dzie- ‘ (>72)s
limy liczbe dziesietna przez 8. i (724)s =
, (467)s =
! . . . .
S — - Przelicz w zeszycie na system dwéjkowy liczby:
233:8=29 | resztyl kierunek o 3720 =
29:8=3 reszty 5 odczytywania | | a) (372)s =
3:8=0 reszty 3 ' I Jb) (465)s =
| =
Zatem liczba (233)19 w systemie ésemkowym to (351)s. —— (7775)8
(645)s =
Konwersja liczby 6semkowej na dziesigtna (542) =
I%Ialeiy dodac’dkolelz[jr:o‘ Wszy;stkie cyfry z kazdej pozycji, pomnozone przez wiadciwg wage. 1 (451)s =
aczynamy od ostatniej cyfry. i
ynamy A I Za pomocg programu Kalkulator, dostgpnego w systemie operacyjnym komputera,
| PRZYKtAD 11.3. | - ! sprawdz, czy otrzymane wyniki z zadania 1, 2 i 3 s3 poprawne. i
| —— —
4 1.(257)5 =7 - 80+ 5 - 8142 - 82=7+40 + 128 = (175)y9 I |
F’I- . A
2.(436)5=6 - 80+ 3 - 8144 . 82 =6+ 24 + 256 = (286);0 Ll :

- l 1. Jak wykona¢ konwersje systemu dziesigtnego na ésemkowy?
Jak wykonac konwersje systemu binarnego na ésemkowy?
Jak wykonac konwersje systemu ésemkowego na dziesigtny?
Jak wykona¢ konwersje systemu 6semkowego na binarny?

Konwersja liczby 6semkowej na dwéjkowa
Przy przeliczaniu liczby ésemkowej na liczbe dwéjkowa nalezy zapisac kazda cyfre liczby
6semkowej na trzech bitach.

= — |
1.(6473)g=( 6 4 7 3 )g=(110100 111 011), '
110 100 111 011

2.(4521)5=( 4 5 2 1 )g= (100101010 001),
100 101 010 001 ‘

RAV K . .“.*-’" i . __.I I'NOSCI

Przelicz w zeszycie na system 6semkowy liczby:
| ~ z} (101110101),
| : (111001100),
J¢) (10110100101),
Nd) (456)10 =
e} (6790
(1213)y

1

I

Przelicz w zeszycie na system dziesietny liczby:
Ja) @257 -
N b) (341)s =




36

2. ARYTMETYKA KOMPUTERA

' System szesnastkowy

|

ZAGADNIENIA

= System dziesigtny

® System szesnastkowy

u Przeliczanie liczb w systemie szesnastkowym

System dziesigtny

mem liczbowym, w ktérym podstawg systemu jest liczba 10. Do zapisu liczb uzywa sig

|
|
l Iziesiectucyfr 0,1, 2, 3,4,5,6,7,8, 9.

‘ (135)1o=1-100+3 - 10+5 - 1=1- 102+ 3 - 10" + 5 - 10°

l Dziesietny system liczbowy, zwany-tez—systemem decymalnym, jest pozycyjnym syste-

I System szesnastkowy
Sz kowy system liczb ze heksade ub w skrdcie hex (ang.

|| hexadecimal), jest pozycyjnym systemem liczbowym, ktérego podstawe stanowi liczba 16.
} Do zapisu liczb jest potrzebnych szesnascie cyfr. Poza dziesigcioma cyframi od 0 do 9 uzy-

l wa sie pierwszych szedciu liter alfabetu lacifiskiego: A, B, C, D, E, F. Litery odpowiadaja
| | warto§ciom; A=10,B=11.C=12, D =13, E =14, F=15. System ten |

sowany w in-
. e . : - )
| dormatyce, najezescie] w sterowsnin Spragien,

Konwersja liczby dwéjkowej na szesnastkowa
| Aby zamieni¢ liczbe dwéjkowa na szesnastkowy, nalezy podzieli¢ ja po cztery bity —od pra-
wej do lewej strony. Nastepnie trzeba zamieni¢ kazdg grupe czterech cyfr systemu dwéjko-
| wego na odpowiadajacy im jedng cyfre systemu szesnastkowego. Kolejne liczby w zapisie
| dwojkowym i szesnastkowym przedstawiono w tabeli 12.1.

Tabela 12.1. Liczby w systemie dwéjkowym i szesnastkowym

Liczba w systemie
dwojkowym

Liczba w systemie Liczba w systemie

Liczba w systemie

szesnastkowym dwéjkowym szesnastkowym
i
' 0000 0 * 1000 8
L e N NEITY iR .
I 0001 1 1001 9
‘ 0010 | 2 ! 1010 A
oon 3 1011 B

| 0100 ? 4

I = =0

e

Liczba w systemie Liczba w systemie Liczba w systemie Liczba w systemie
dwoéjkowym szesnastkowym dwdjkowym szesnastkowym

0101 1101 D
0110 6 1110 E
|
o1m 7 1171 F
-
1.(1 0101 0100  O111), = (1547)16
1 5 4 7
2.(1 1101 1100 1001), = (1DC)yq
1 D C 9

Konwersja liczby dziesietnej na szesnastkows

Przy przeliczaniu liczby z systemu dziesietnego na szesnastkowy wykonujemy takie same
czynnosci jak podczas przeliczania na system dwéjkowy i 6semkowy. Réznica polega na
tym, ze dzielimy liczbe dziesietng przez 16.

PRZYKLAD 12.3. B =

466 :16 =29 reszty 2
29:16=1 reszty 13 kierunek
1:16=0 reszty 1 odczytywania

Zatem liczba (466), to w systemie szesnastkowym (1D2)qg.

Konwersja liczby szesnastkowej na dziesigtng
Nalezy doda¢ kolejno wszystkie cyfry z kazdej pozycji, pomnozone przez odpowiednig
wage. Zaczynamy od ostatniej cyfry.

(2F5)1g=5 - 169 +15 - 161+ 2 - 162 =5 + 240 + 512 = (757)0
(42C)16 =12 - 16 + 2 - 161 + 4 - 162 =12 + 32 + 1024 = (1068)0

Konwersja liczby szesnastkowej na dwéjkowa
Przy przeliczaniu liczby szesnastkowej na liczbe dwéjkowa nalezy zapisac kazdg cyfre licz-
by szesnastkowej na czterech bitach.

PRZYKLAD 12.5.

1. (2C5)6=( 2 C 5 )jg= (00101100 0101),
0010 1100 0101

2.(BSFjg=( B 5 F )= (10110101 1111),
1011 0101 1111
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2.

Jbj (111000110100),

~
J
N

J

ARYTMETYKA KOMPUTERA

Przelicz w zeszycie na system szesnastkowy liczby:
(110010011011),

I

{(100111000101), =
(78910 =
(962)19 =
(1315)1 =

Przelicz w zeszycie na system dziesietny liczby:
(2A5)46
(3C8)16
(1FE)¢
(427)16
(558)16
(4BC)y6

1

I

Przelicz w zeszycie na system dwdjkowy liczby:
(C58)16 =
(AB3)6 =
(FED)y6 =
(ABC)6 =
(F34)6 =
(

O

w1
e
>

I

Za pomoca programu Kalkulator, dostepnego w systemie operacyjnym ko%nputera,
sprawdz, czy otrzymane wyniki z zadan 1, 21 3 sa poprawne.

Jak wykonad konwersje systemu dziesietnego na szesnastkowy?

Jak wykona¢ konwersje systemu binarnego na szesnastkowy?

Jak wykona¢ konwersje systemu szesnastkowego na dziesietny?

Jak wykonad konwersje systemu szesnastkowego na dwéjkowy (binarny)?

13. PRZELICZANIE SYSTIMO

Przeliczanie systeméw
liczbowych

ZAGADNIENIA
u Przeliczanie liczb we wszystkich poznanych systemach liczbowych

YCH

System dwéjkowy

Przelicz w zeszycie na system binarny liczby:
| a) (567)0 =

b) (865)u0
| ¢ (478)10

d) (790)0
} e) (1256)50

f) (1567)1

Przelicz w zeszycie na system dziesietny liczby:
a) (10110011),
b) (10001001),
¢) (11110111),
d) (101011111),
e) (110010001),
f) (101100110),

System 6semkowy

Przelicz w zeszycie na system 6semkowy liczby:
a) (101011111),

b) (101000110),
c) (1100010101),
d) (9270

€) (876)10

f) (1156)0

Przelicz w zeszycie na system dziesietny liczby:
a) (475)8
b) (557)s
C) (320)8
d) (677)s
€) (721)g
f) (276)s

Przelicz w zeszycie na system dwéjkowy liczby:
a) (507)g =
b) (634)5 =
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o) (613)s
d) (431)g
&) (745)s
) (500)s

System szesnastkowy

Przelicz w zeszycie na system szesnastkowy liczby:
a) (111111100011),
b) (100010100100),
c) (101101010101), =
d) (887)0 =

&) (6930 =

f) (12010

Il

Przelicz w zeszycie na system dziesietny liczby:
a) (1C5)1e =
b) (456)is =
c) (2F8)s =
d) (43B)s =
e) (5AF)s =
f) (4D7)ss

Przelicz w zeszycie na system dwdjkowy liczby:
a) (B59%)ss
b) (C87)s
¢) (D6D)ss
d) (C4D)ss
e) (EF6)s
f) (C45)ss

I

Zastan6w sie, jak przeliczac liczby w systemie ésemkowym na szesnastkowy i odwrotnie.

¢

Przelicz w zeszycie na system szesnastkowy liczby:
(326)5 =

1) (522)g =
(616)s
(
(

411)g
737)g
(559)s =

Przelicz w zeszycie na system 6semkowy liczby:
(CID)ss
(A61)ss
(C88)s
(56F)ss
(DEF)s
(23F)ss

i

i

e

Operacje arytmetyczne
' na liczbach dwéjkowych

ZAGADNIENIA
u Operacje wykonywane na liczbach dwéjkowych

|

| Dodawanie dwéjkowe

I }
Aby wykona¢ dodawanie na liczbach dwéjkowych, trzeba zna¢ zasady dodawania, czyli
wyniki sumowania poszczegélnych cyfr. Zasady dodawania przedstawiono w tabeli 14.1.

Tabela 14.1. Zasady dodawania liczb w systemie dwéjkowym

T T T R

1

0+0 0 |
0+1 I 1
1+ 0 i 1 . |
T+1 10 czyli 0 z przeniesieniem
L__Lt] +1 % n 0 czyli 1 z przeniesieniem
i -

Dodawanie liczb dwéjkowych (1011010), oraz (101100),
Liczby zapisujemy jedna pod druga, tak by w kolejnych kolumnach znalazlty sie
cyfry stojgce na pozycjach o tych samych wagach. Jest to postepowanie analogiczne
do dodawania liczb w systemie dziesietnym.
Zatem:

1011010
+ 101100

: Dodawanie rozpoczynamy od prawej kolumny. Dodajemy wartosci cyfr w kolum-

nie, zgodnie z tabelg 14.1. Wynik zapisujemy pod kreska. Jesli suma jest dwucyfrowa
(1 +1=10), pod kreska zapisujemy tylko ostatnia cyfre 0, a 1 przechodzi do nastep-
nej kolumny (na lewo). Warto$¢ cyfry 1 zostanie dodana do sumy uzyskanej w na-
stepnej kolumnie. Jest to tzw. przeniesienie (wyréznione czerwong czcionka). Czyli:

Przeniesienie 111
1011010
+ 101100
10000110

+ e U S ST YA R SR

|
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Liczby zapisujemy jedna pod drugg, tak by w kolejnych kolumnach znalazly si¢

Przeniesienia 1111 : . ; .
i cyfry stojace na pozycjach o tych samych wagach. Jest to postepowanie analogiczne

'YBN ) ARYTMETYKA KOMPUTERA LACJE ARY" ‘ NA LICZB OJKC
i
z o . - —— i
| . r’M §
: Jesli w krétszej liczbie zabraklo cyfr, miejsca te uzupetniamy zerami (wyréznione ' _ |
i kolorows czcionka): Odejmowanie liczb dwéjkowych (10101101); oraz (10110), E
§

i . (1) (1) (1) 1 (1) (1) g 1 do odejmowania liczb w systemie dziesigtnym.
: r v = ' tem:
H 10000110 | £
| I 10101101
{ Dodalismy warto$ci odpowiadajace wszystkim cyfrom, ale przeniesienie wcigz wy- - 10110
\ y p ]a y ¥ p Wy = U
. nosi 1. Zatem uzupeliamy miejsca zerami i dodajemy wszystkie cyfry: | )
' o Odejmowanie rozpoczynamy od cyfr w prawej kolumnie. Wyniki zapisujemy pod
! ! Przeniesienia 1111 kreska. W tym przykladzie odjecie wartosci cyfr 0 — 1, znajdujacych sig¢ w drugiej
' 01011010 kolumnie od prawej strony, daje wynik 1 oraz pozyczke od nastepnej kolumny:
| +00101100 Pozyczka 1
| 10000110 10101101

- 10110

Sprawdzmy, czy otrzymany wynik jest poprawny.
(1011010), =0 - 20+1 - 2040 - 2241 - 25412440 - 2541 - 26= (90)yo |
(101100); =0 - 2°+0 - 2! +12%+1- 2340 - 2*+1 - 2° = (44)19

(10000110), =0 - 2°+1 - 21412240 - 22+0 - 2*+0 - 22402641 27=(134)

Odjecie wartodci cyfr w trzeciej kolumnie od prawej strony daje wynik 1 -1 = 0.
0Od tego wyniku musimy odjac pozyczke 0 — 1. Otrzymujemy wynik 1 i pozyczke od
nastepnej kolumny: }

90 + 44 =134
Pozyczka 11
Odejmowanie dwéjkowe 10101101
Przy odejmowaniu liczb dwéjkowych korzystamy z zasad odejmowania przedstawionych ‘ - 10110
| w tabeli 14.2. ' ! 10010111
Tabela 14.2. Zasady odejmowania liczb w systemie dwéjkowym l Wedtug tych zasad kontynuujemy odejmowanie wartosci cyfr w pozostatych ko-
- . lumnach. Pamietajmy o pozyczkach! Jesli w krétszej liczbie zabraknie cyfr, moze-
Dziatanie Wynik ’ my kolumny uzupelni¢ zerami (wyréznione kolorowa czcionks):
0-0 0 . ! Pozyczka 1 11
B : 10101101
il 0-1 11 pozyczka od nastepnej pozycji ~00010110
‘ =

1-0 . | 10010111

o |
121 0 ! 1 SprawdZmy, czy otrzymany wynik jest poprawny.
N S— 4 e (10101101), =1 - 2040 - 2141 - 2241 - 2340 - 2*+1-25+0 - 2641 - 27=(173)y0
pozyczka—0-0 1z pozyczka (10110); =0 - 2°+1 - 21 +1 - 2240 - 22+ 1 - 2*=(22)y9
|

(10010111), =1 - 29+1 - 2'+1 - 2240 - 2241 - 2%+ 0 - 25+ 0 - 2%+ 1 - 27 = (151)yo

pozyczka—0 -1 0z pozyczka 173 -22=151
pozyczka —1-0 0 | ' Mnozenie dwéjkowe
pozyczka —1-1 1z pozyczka ! Przy mnozeniu liczb dwéjkowych korzystamy z zasad przedstawionych w tabeli 14.3.

Tabela 14.3. Zasady mnozenia liczb w systemie dwéjkowym

& Przy odejmowaniu 0 — 1 otrzymujemy wynik 1 i pozyczke od nastepnej pozycji. | — : i :
' Pozyczka oznacza konieczno$¢ odjecia 1 od réznicy liczb odpowiadajcych cyfrom znaj- i Dziatanie Wynik
dujacym sie w kolumnie z lewej strony. . _ N 0-0 [ 0 E 1.0 } 0
Na poczatku zakladamy, ze od liczb wiekszych bedziemy odejmowac mniejsze.
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; Tabela mnozenia dwéjkowego pomaga przy tworzeniu iloczynéw czastkowych cyfr 1_ I N - ?

| mnoznej i mnoznika. Iloczyny te nastgpnie dodajemy wedlug zasad opisanych w tabeli -

' 14.1i otrzymujemy wynik mnozenia. L 101 2. 1101 {
| \ 111 . 110 1
I = — - - ! Przeniesienia 111 Przeniesienia 11 i

Mnozenie liczb dwéjkowych (1011), oraz (1100), | 00101 000000 i
Liczby zapisujemy jedng pod druga, tak by w kolejnych kolumnach znalazly si¢ 01010 011010 |
cyfry stojace na pozycjach o tych samych wagach. Jest to postepowanie analogiczne + 10100 + 110100 '
do mnozenia liczb w systemie dziesigtnym. 100011 1001110
Zatem:
1011 mnozna g _ 11(1)(1)
41100 mnoznik Przeniesienia 1111
, - . ‘ .- s 0001100
Kazdg cyfre mnoznej mnozymy przez poszczeg6lne cyfry mnoznika. Wartosci ilo- 0011000
] czynéw czastkowych zapisujemy w odpowiednich kolumnach. Wynik mnozenia 0110000
cyfry przez cyfre jest zawsze jednocyfrowy.
l Cayli: + 1100000
10110100
1011
1100 . ) o
l 0000 Dzielenie dwéjkowe
0000 Dzielenie dwdéjkowe jest najbardziej skomplikowang z opisywanych tu operacji arytme-
1011 tycznych. Wymyslono wiele algorytméw efektywnego dzielenia. Opisany zostanie algo-
1011 rytm, ktéry polega na cyklicznym odejmowaniu odpowiednio przesunietego dzielnika od
dzielnej.
Warto zauwazy, ze gdy cyfra mnoznika wynosi 1, wynikiem mnozenia jest powté- W sy/stemie dwoéjkowym jest to szczegblnie istotne, poniewaz dzielnika nie musimy
rzenie mnoznej z wlagciwym przesunieciem. Kiedy za$ cyfra mnoznika wynosi 0, mnozyc.
wynikiem mnozenia s3 same zera. '
Nastepnie puste kolumny uzupelniamy zerami (wyréznione kolorowa czcionka) _____PRZYKAD 14.4 I
i dodajemy do siebie wartosci wszystkich cyfr w kolumnach. Nalezy pamigtac Dzielenie liczby dwéjkowej (1101), przez (10), [czyli (13)10 przez (2)so]
o przeniesieniach podczas dodawania (wyréznione czerwong czcionka). Przesuwamy w lewo dzielnik, az jego niezerowy bit zréwna sie z niezerowym bi-
1 o1 tem na poczatku dzielnej. Nad dzielng rysujemy kreseczke:
1100 1101 dzielna
Przeniesienia 111 10 dzielnik przesuniety
0000000 Poréwnujemy dzielng z dzielnikiem. Jesli dzielna jest wieksza od dzielnika lub mu
0000000 réwna, odejmujemy od niej dzielnik. Wtedy nad kreskg na pozycji ostatniej cyfry
0101100 | dzielnika piszemy 1. Jesli dzielna jest mniejsza od dzielnika, nie wykonujemy odej-
+ 1011000 mowania. Przesuwamy dzielnik o jedna pozycje w prawo i powtarzamy opisane ope-
10000100 racje. Jeéli dzielnika w ogéle nie da sie odja¢ od dzielnej (np. przy dzieleniu 5 przez 8),
| wynik dzielenia wynosi 0. Dzielna ma w takim przypadku warto$¢ reszty z dzielenia.
Sprawdzmy, czy otrzymany wynik jest poprawny. E Zatem: ) . . .
! (1011);=1- 2041 2140 - 2241 - 2= (1) 1 pierwsza cyfra wyniku dzielenia
! (1100), =0 - 2040 - 20+1- 2241 - 22= (1259 1101 dzielna
(10000100); =0 - 2040 - 21412240 - 2240 - 2440 - 2540 - 2641 - 27=(132)y9 | -10  dzielnik przesuniety
1 11 -12=132 S . - e E 0101 wynik odejmowania dzielnika od dzielnej

ﬁu . == = = — e - i | S =5 g
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Dzielnik przesuwamy o jeden bit w prawo i powtarzamy czynnosci z otrzymang o o s R
ré?nicq. Jesli o‘de]'r‘nowanie' jegt rnozliwei nad kreska w naste;pnej.kolumnie dopi? ! Za p | sy I ICZ by dwo, koweJ

sujemy 1. Odejmujemy dzielnik od réznicy, przesuwamy go o 1 bit w prawo. Jesli . ;
odejmowanie nie jest mozliwe, dopisujemy nad kreska 0 i przesuwamy dzielnik | Z€é Zn aklem oraz reprezentac, a

o 1 bit w prawo. Dziatania te kontynuujemy, az ostatni bit dzielnika zréwna si¢ ‘
[ z ostatnim bitem dzielnej. |

e stato- i zmiennoprzecinkowa
110 wynik dzielenia , |

! 1101 dzielna !

i
s et 1 . P — R —

l -10 dzielnik przesuniety, nad kreska 1 : .
0101 dzielna po pierwszym odejmowaniu przesunietego dzielnika FAGADNIENIA
L " = 10 dzielnik przesunigty, nad kreska 1 « Metody zapisu liczb dwéjkowych (binarnych)
[ 0001 dzielna po drugim odejmowaniu przesunietego dzielnika s Reprezentacja stafo- i zmiennoprzecinkowa liczb binarnych

- 10 odejmowanie dzielnika niemozliwe, nad kreska 0 e = - - B
! 0001 reszta z dzielenia | Do zapisania liczby dwéjkowej ze znakiem jest potrzebny co najmniej jeden dodatkowy
];i:bit znaku. Zapis taki powinno sie przedstawia¢ na wielokrotnosciach bajtu (na 8,716,
Koricowa dzielna jest reszta z dzielenia. W przykladzie otrzymali$my wynik dzie- 32 bitach). Bit znaku natezy oddzieli¢ kropka od wartosci liczby.
lenia (110); i reszte (1), czyli (6)1 i reszte (L) Jest to wynik poprawny, gdyz Metody zapisu moga by¢ nastepujace:
— — J—:' Znak modul — ZM.

_

| 13 : 2 = 6 ireszta wynosi L.

e Znak uzupemienie do 1-ZU1 (Ul). —
e Znak uzupekienie do 2 - ZU2 (U2).

. TR Znak modut — ZM
Wykonaj w zeszycie dziatania: ! Obok najstarszego bitu liczby (pierwszy od lewej) dodaje si¢ bit znaku. Wynosi on 0 dla

10011101 + 10011011 liczby dodatniej i 1 dla liczby ujemnej. Pozostate bity reprezentuja warto$¢ bezwzgledna
11001100 + 10101101 (modul) liczby.

10100100 — 1001101

11001100 - 1101110

1?;)3 .‘ 1131 (12)10 = (1100)5, ZM: (+12)1 = (0.0001100);, ZM: (~12)30 = (1.0001100),

1001:11 . B
1100 : 10
Sprawdz za pomoca systemu dziesietnego, czy otrzymane wyniki s poprawne.

Znak uzupetnienie do 1 - ZU1 (U1)
Wystepuje bit znaku. Gdy liczba jest ujemna, modut zostaje uzupelniony do 1. Nastgpuje
odwrécenie wszystkich bitéw liczby (zamiana zer na jedynki i jedynek na zera).

I PRZYKLAD 15.2.

. . 7 Ve 'y 7 .1 ? e —
W jaki spos6b wykona¢ dodawanie dwéjkowe (12)19 = (1100),, Ul: (+12)5 = (0.0001100), U1: (<120 = (1.1110011),

W jaki sposéb wykonaé odejmowanie dwéjkowe?
W jaki sposéb wykona¢ mnozenie dwéjkowe?
W jaki sposéb wykonac dzielenie dwéjkowe?

| Znak uzupetnienie do 2 — ZU2 (U2)
| Wystepuje bit znaku. Gdy liczba jest ujemna, modut zostaje uzupeliony do 2. Nastepuje
uzupehienie do 1, odwrécenie wszystkich bitéw liczby i dodanie 1.

| PRZYKLAD 15.3. .

! (12)10 = (1100),, U2: (+12)3 = (0.0001100),, U2: (-12)10 = (1.1110100),

| AR

_FA
i
|
|
|
S [
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Jest to najczesciej stosowany sposéb zapisu, poniewaz dodawanie i odejmowanie wyko-
nuje sie w tym zapisie identycznie jak przy liczbach binarnych bez znaku (bit znaku jest
traktowany jako bit liczby).

Uzupelnij w zeszycie ponizsza tabele. Liczby dwéjkowe zapisz jako 8-bitowe (1 bit znaku,
7 bitéw liczby) w systemach: ZM (znak modut), ZU1 (znak uzupekienie do 1) oraz ZU2
(znak uzupelnienie do 2).

(340 I
(45)10
(73)0

(85)10

Reprezentacja statopozycyjna
W reprezentacji stalopozycyjnej (zwanej réwniez statoprzecinkowa) mamy najczesciej do
czynienia z reprezentacja w zapisie uzupemieniowym (np. U2). Czesé¢ najmlodszych bi-
téw (czyli od prawej strony) jest przy tym przeznaczona na czgsc utamkowsy.
Na przyklad w przypadku stowa 32-bitowego mozna wydzieli¢:
o 24 bity na czeé¢ catkowity i 8 bitéw na czes$¢ utamkowa;
e po 16 bitéw na czes¢ catkowity i utamkows;
o 30 bitéw na czeé¢ catkowita i pozostate 2 bity na czes¢ utamkows.
W przypadku liczby 8-bitowej z 4 bitami przeznaczonymi na cze$¢ catkowity przyktado-

wa liczba moze by¢ nastepujaca:
14

bbbb,bbbb — (0110,0010); =1 - 21+1 - 22+1 - 1/2> =2 + 4+ 1/8 = (6,125)s0.

Doktadnos¢ wynikéw takiego przeliczenia jest stata i wynosi 1/16 (zdolno$¢ reprezenta-
cji najmniejszej liczby okre$lona przez najmiodszy bit).

Reprezentacja statopozycyjna jest wiec uporzadkowanym ciagiem liczb (zer i jedynek),
z ktérych kazdej zostata przypisana jakas waga. Wagi kolejnych pozycji, od najmlodszej do
najstarszej, stanowia dwukrotno$¢ wartosci poprzedniej. Jesli waga najmlodszego bitu jest
ulamkiem (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 itd.), wystepuje reprezentacja stalopozycyjna.

Zapis statopozycyjny stosowano powszechnie, gdy jednostka zmiennopozycyjna proce-
sora byla nie do$¢ wydajna, a jednoczeénie nie byta wymagana duza dokladnos¢ obliczer.

Konwersja liczby dziesigtnej na statopozycyjng dwéjkowa

Zamiana liczby dziesietnej na staloprzecinkowa dwéjkows odbywa si¢ nastepujaco.
Liczbe dzielimy na cze$¢ catkowita i ulamkowa. Czes¢ catkowity przeliczamy na system
dwéijkowy w sposéb podany w podrozdziale dotyczacym systemu dwéjkowego (binarne-
go). Kolejne bity czesci utamkowej otrzymujemy poprzez mnozenie ich przez 2 - otrzy-
mana czeé¢ catkowita iloczynu jest kolejng cyfra dwéjkowa. Do nastepnych obliczen
bierzemy cze$¢ utamkowa wyniku. Mnozenie kontynuujemy, az otrzymamy wynik 0 lub
wyznaczong dokladnos¢ utamkowych cyfr dwéjkowych.

|

[ - . LNy L S A

PRZYKLAD 15.4 .
Zamiana liczby (6,125)9

Wyznaczamy czgs¢ calkowitg (6)1p = (0110),.
Wyznaczamy cyfry czesci utamkowej (0,125);:

0,125 -2=0,25 cyfra 0

0,25 - 2=0,5 cyfra 0 l kierunek
05-2=10 cyfral odczytywania
00-2=0 cyfra 0

Laczymy otrzymane wyniki. Zatem liczba (6,125)10 w postaci stalopozycyjnej dwéi-
kowej to (0110,0010),. .

Reprezentacja zmiennopozycyjna

7 reprezentacja statopozycyjna liczb bardzo duzych i bardzo matych wiaza si¢ pewne

problemy. Dlatego w komputerach zaczeto stosowa¢ reprezentacje liczb rzeczywistych

w postaci zmiennopozycyjnej (zwanej réwniez zmiennoprzecinkows).

Wartoé¢ liczby zmiennopozycyjnej (ang. floating-point number) oblicza si¢ ze wzoru:

Ipp=S - M - BE (15.1),

gdzie: S — znak liczby (sign), M — mantysa (mantissa), B — podstawa systemu liczbowego

(base), E — wyktadnik, cecha (exponent).

Mantysa to utamkowa czes¢ logarytmu po przecinku, przed ktérym wyrazona jest cecha
logarytmu.

Podstawa systemu w reprezentacji liczby w systemie dwéjkowym wynosi 2, stad liczba
zmiennopozycyjna ma postac:

Lpe=S - M - 2F (15.2).

W reprezentacji konkretnej liczby na mantyse i wykladnik (w tym znak wyktadnika) sg
przeznaczone odpowiednie liczby bitéw. Im dtuzsza mantysa, z tym wieksza dokiadno-
§cig mozna reprezentowac liczby. Im natomiast duzszy wyktadnik, tym wigkszy przedziat
liczb, ktére mozna reprezentowad. Uznaje sie réwniez, ze jedna pozycja (najstarsza) jest
zarezerwowana dla bitu znaku catej liczby.

Kazda liczbe mozna zapisa¢ w postaci zmiennopozycyjnej w rézny sposéb. W kon-
kretnej reprezentacji ustala sig tzw. znormalizowang posta¢ mantysy. Nalezy ona do
przedziatu (1, B), czyli spelnia nieréwno$¢ B > |M| = 1. Polozenie przecinka w man-
tysie nie jest ustalone i moze sie dowolnie zmienia¢. Jezeli zmienia sig wyktadnik,
przecinek przesuwa si¢ w lewo (przy zwiekszaniu wyktadnika) lub w prawo (przy jego
zmniejszaniu).

Konwersja liczby dziesietnej na zmiennopozycyjna dwéjkowa

Na poczgtku normalizujemy mantyse. Jezeli mantysa nie nalezy do zadanego przedzialu,
przesuwamy przecinek tak, aby jej wartog¢ znalazla si¢ w przedziale (1, B). Jednoczesnie
modyfikujemy odpowiednio wyktadnik. Na koniec wykonujemy ucigcie (ang. truncate)
albo zaokraglenie (ang. round) mantysy do zadanej liczby cyfr.
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PRZYKLAD 15.5. |

Zamiana liczby (345,92)1. Mantysa o dlugosci 3 bitéw.
Zadany jest przedzial (1, 10). Mantysa nie nalezy do tego przedziatu, zatem nalezy
przesuwac przecinek w lewo i jednocze$nie zwieksza¢ wykladnik:

(345,92)10= (345,92 - 10°),, = (34,592 - 10Y)y, = (3,4592 - 102),,.
Cozyli:
M=3,4592, B=10, E=2.

Po dokonaniu uciecia: (3,45 - 102)y, po zaokragleniu: (3,46 - 10%)y,.

0d 1985 roku istnieje standard opisu liczb zmiennoprzecinkowych IEEE 754. Stan-
dard ten przewiduje istnienie liczb zmiennoprzecinkowych, reprezentowanych przez
dwa formaty: .
o Format pojedynczej precyzji — 32 bity (1 bit znaku, 8 bitéw wykladnika, 23 bity mantysy).
o Format podwéjnej precyzji — 64 bity (1 bit znaku, 11 bitéw wykiadnika, 52 bity mantysy). |
Oprécz formatu danych standard IEEE 754 okresla takze pewne zasady wykonywania
obliczen arytmetycznych. ‘

3. Uktady cyfrowe

Jakie znamy sposoby zapisu liczby binarnej ze znakiem?

Czym rézni sie reprezentacja stalopozycyjna od zmiennopozycyjnej?

jak wykonujemy konwersje liczby dziesietnej na stalopozycyjng? » Uktady cyfrowe

Jak wykonujemy konwersje liczby dziesietnej na zmiennopozycyjna? | ® Algebra Boole’a

® Bramki logiczne

Realizacja funkcji logicznych na bramkach

Kodery, dekodery i transkodery

Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki

Liczniki i rejestry

® Elementy elektroniczne stosowane w urzadzeniach techniki
komputerowej




Uktady cyfrowe

Cechy uktad6w cyfrowych
Zalety i wady uktadéw cyfrowych
Typy uktadéw cyfrowych

| .PNP), nazywa si¢ u'c

_przyjmuja tylko okreslong liczbe stanéw z przypisanymi im warto$ciami liczbowymi.
Informacja wewnatrz urzadzen cylfrowych jest wiec zakodowana za pomocy uporzadko-

Uklady cyfrowe sg w praktyce budowane r6znymi technikami. W urzadzeniach automa-
tyki stosuje si¢ powszechnie uktady elektroniczne, ktérych przekazniki stanowia podsta-
wowe elementy przelaczajace. Ztozono$¢ logiczna i szybkoémq
jednak stosunkowo niewielkie, natomiast ich rozmiary, masa, pobér mocy i koszt - duze.

Naj niej uz dady cyfrowe wytwarzane w technologii mikroelektroniczne;

sie wylgcznie jako uklady monolityczne. Uldady sca-
e wykorzystuje sie tranzystory bipolarne (NPN lub

rnvol, Uklady scalone z tranzystorami unipolarnymi to

lor

H1E—

sa rodzajen

wanego ciagu cyfr. Zwykle liczba stanéw wszelkich-sygnaléw wynosi 2 i przyjmuja one

warto$ci umowne 0 i 1. Operacje realizowane przez uklady cyfrowe mozna opisad zgodnie
zalgebra Boole’a, czyli jezykiem logiki matematycznej. Dlatego uklady cyfrowe nazywa sie
—_— e ——

_takze

Sygnaty elekt yczne istniejg w systemach cyfrowych w jednej z dwéch wartoéci. Sa to: po-
ziom niski L (low) oraz poziom wysoki H high). W praktyce okregla sie dwa pola tolerancji,
wewnatrz ktérych powinien sie znajdowac poziom sygnalt reprezentujacego logiczne 01 1.

Napiecie [V] 4
1 5
‘ 4 - Jedynka logiczna 1
3
2 -+
T Zero logiczne 0 .

Czas [s]

Zero logiczne i jedynka logiczna typowe dla uktadéw TTL (ang. Transistor-Transistor Logic)
~——'—'_'_'_'—\——__,—_—-—-._____-___________'_

= |

Jedynka logiczna zawiera si¢ wigec w obrebie napiecia 3-5 'V, a zero logiczne w obrebie
napiecia 01 V- . . .

Uklady cyfrowe s3 zbudowane z bramek logicznych, realizujgcych operacje znane z al-
ebry Boolea. 53 to: negacja (NOT), iloczyn logiczny (AND), negacja iloczynu logiczne-
o (NAND), suma logiczna (OR), negacja sumy logicznej (NOR), réznica symetryczna

(EX-OR) itp. Ze wzgledu na stopieri skomplikowania wspétczesnych uktadéw cyfrowych
wykonuje si¢ je w postaci ukiadéw scalonych.

M;jé wejécie (wejscia) i wyjécie (wyjscia) — gdzie moga przyjac sygnat 0 lub 1.
Realizuja okreglong funkcje - sygnal na wyjsciu zalezy od sygnatu (sygnaléw) na wej-
éciu oraz stanu wewnetrznego uktadu.

Bezstratne kodowanie i przesylanie informacji. W uktadach analogowych, operujacych
na nieskoniczonej liczbie stanéw sygnaléw, byle to niemozliwe do uzyskania.

« Uproszczone zapisywanie i przechowywanie informacji cyfrowe;.

« Mata wrazliwos¢ na zaklécenia elektryczne.

» Mozliwoéé¢ tworzenia uktadéw programowalnych, ktérych dziatanie okresla program

komputerowy.

» Skomplikowanie zaréwno na poziomie elektrycznym, jak i logicznym.
« Mimo wickszej odpornosci na zaklécenia wykrywanie mozliwych przeklaman stanéw
logicznych wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen.

Ukt

Ze wzgledu na sposéb przetwarzania informacji rozréznia sie dwa typy uktadéw cyfrowych:
o uklady kombinacyjne,

¢ uklady sekwencyjne.

W sygnaly wyjéciowe zmieniajg sie z mierzalnym matym
op6znieniem w stosunku do zmian sygnaléw wejsciowych, czyli kazdy stan wej$¢ okresla
jednoznacznie stan wyj$¢ (rys. 16.2).

Wejscie Uktad kombinacyjny Wryjscie

|

Schemat blokowy uktadu kombinacyjnego

Natomiast w stan wej$¢ nie opisuje w sposéb jednoznaczny
stanu wyjsé. Stan wyj$¢ zalezy bowiem od poprzednich stanéw wejé¢ zapamietanych
W uktadzie. Uklady sekwencyjne nazywa sie tez uktadami kombinacyjnymi z pamiecia
(tys. 16.3). Uktady sekwencyjne dzielimy na synchroniczne i asynchroniczne.

S T
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T I ZAGADNIENIA
Schemat blokowy uktadu sekwencyjnego # Definicja algebry Boole’a
s Prawa algebry Boole’a
) . Funkcja I (tzw. boolowska) to matematyczny model opisu cyfrowego uktadu kom-
]ak‘okreslony jest uklad cyfrowy? binacyjnego. Jest wyrazeniem ztozonym ze zmiennych dwéjkowych oraz okreslonych ope-
Iallzlfl Ceihy mi ‘f—ljad czfrow}y? racji logicznych. Dla zadanych warto$ci zmiennych funkcja boolowska moze przyjmowac
Jak dzielimy uktady cyfrowe: wartogci 0 lub 1.
Jakie s3 zalety uktadéw cyfrowych? Zmiennymi dwéjkowymi i operacjami logicznymi zajmuje sie 12. Stosu-

je sie j3 do matematycznego opisu przetwarzania informacji dwéjkowej. Jest szczeg6l-
nie przydatna do analizy i projektowania systeméw cyfrowych. Na przyklad zachowa-
nie ukladéw logicznych wykonujacych dwéjkowe operacje arytmetyczne najwygodniej
opisa¢ za pomoca zmiennych dwéjkowych i operacji logicznych, czyli funkcji boolow-
skich. Zmienne dwéjkowe mogg przyjmowac dwie rézne wartosci (0 lub 1) i s3 ozna-

] czane literami A, B, C, x, y, z itd. Istnieja trzy podstawowe operacje logiczne: NIE

| (NOT), I (AND) oraz LUB (OR). Operacje te zapisuje si¢ za pomoca symboli znanych
z arytmetyki:

{ » negacja: A (lub A%),

s iloczyn logiczny: A - B (lub AB),

» suma logiczna: A + B.

Prawa

Do podstawowych praw logicznych (twierdzeri) algebry Boole’a naleza:

Twierdzenie 1: Prawo przemiennosci

1. A+B=B+ A

2. AB=BA

Twierdzenie 2: Prawo tgcznosci
3.(A+B)+C=A+(B+ ()
4. (AB)C = A(BQ)

Twierdzenie 3: Prawo rozdzielnosci
5. A(B+C)=AB +AC

6. A + (BC) = (A + B) A+C)
Twierdzenie 4

7. Ar A=A
8. AA = A




Twierdzenie 5
AB+AB =A
(A+B)(A+B)=A

Twierdzenie 6: Prawo absorbgji
A+AB=A
AA+B)=A

Twierdzenie 7
0+A=A
0A=0

Twierdzenie 8
1+A=1
1A=A

Twierdzenie 9: Prawo pochianiania
A+A=1
AA=0

Twierdzenie 10
A+AB=A+B
A(A+B)=AB

Twierdzenie 11: Prawo podwdjnej negacji
A=A

Twierdzenie 12: Prawa De Morgana
(A+B)=AB
(ABy=A +B

Ponizej podano przyklad minimalizacji funkcji logicznej za pomoca praw algebry
Boole’a. v

+AB =(AB + AB)+ AB=B(A+A)+ AB=B + AB =

Y=AB + +A +B
= B =

2|l
:t>| H
ol

Skorzystaj z poznanych praw algebry Boole’a i zminimalizuj podane funkcje logiczne.
Y=AB +AB+AB+B
Y=AB+AB +B
Y=AB+A+B

Na czym polega funkcja logiczna i jakie wartos$ci moze przyjmowac?
Jakie sg podstawowe funkcje algebry Boole'a?

ZAGA
» Definicja bramki logicznej
« Dziatanie bramek logicznych

to element realizujacy pewng funkcje logiczna. Argumenty funkcji i sama
finkcja moga przyjmowac jedna z dwéch wartosci: 0 lub 1.

s NOT —negacja (NIE)

» AND —iloczyn logiczny lub koniunkgja (1)

» NAND (Not-AND) — negacja iloczynu logicznego (NIE I)

OR - suma logiczna lub alternatywa (LUB)

NOR (Not-OR) — negacja sumy logicznej (NIE LUB)

EX-OR (EXclusive OR) — suma modulo 2 lub réznica symetryczna (ALBO)
EX-NOR (EXclusive Not OR) — zaprzeczenie réznicy symetrycznej (NIE ALBO)

L ® ° L

Bramki NOT, AND i OR s3 podstawowymi elementami logicznymi uzywanymi do
budowy ukladéw logicznych. Za pomoca bramek NAND i NOR oraz pary bramek AND
i NOT lub OR i NOT mozna zbudowac uklad realizujacy dowolna funkcje logiczng. Ukfa-
dy takie nazywa sie funkcjonalnie pelnymi lub zupelnymi.

Ponizej przedstaw1ono charakterystyke bramek. Do opisu ich dzialania stosuje sie
tzw. tabiice p (tablice wartodci funkcji). Zawieraja one zbiér wszystkich sygnatéw
wejsciowych i odpowiadajace im sygnaly wyjsciowe.

Bra
Bramka NOT realizuje operacje negacji logicznej: Y = A. W technice cyfrowej negacje
oznaczamy jako NOT A albo A. Bramka NOT czesto jest nazywana negatorem lub inwer-

terem, poniewaz odwraca na wyj$ciu dostarczony poziom sygnalu logicznego (z 0 na 1

oraz z 1 na 0). Symbol kétka na wyjsciu (lub wejsciu) oznacza negacje sygnatu.
Bramki NOT zawieraja np. uklad scalony typu TTL 7404.

2) b)
o Ty ]
A v LAY
Ao "o "
1 0

| SR E—————

15, 18.1. Bramka NOT: a) symbol bramki, b) tabela prawdy
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| a) b) a) b)
{ ] Bramka AND realizuje operacje iloczynu Al B Y A B v
| Y=A - B (lub keécej Y = AB). W technice A o o o A oo 1!
- cyfrowej iloczyn oznaczamy jako A AND B lub ?DL {1 10 | 0 | EDOL 10 o0 .
| AB. Bramka ta moze mieé wiele wej§¢. Bramki B i 0 |1 ] 0 | 0 0 |
AND zawiera np. uklad scalony TTL 7408. 111 1 | 1 1 1

Dwuwejsciowa bramka AND: » Dwuwejéciowa bramka EX-NOR: a) symbol bramki, b} tablica prawdy

; ; Rys. 1
Bramka ta stanowi w pewnym sensie pola- ) symbol bramld, b) tabhca prawdy 4
czenie bramek AND i NOT. Realizuje funkcje  CDR AR
Y = AB. Zero pojawia sie na wyjéciu bramki a) by o @ -
| tylko wtedy, gdy na obu wejsciach znajduje sie A B Y 1. Jaka role peini brambka logiczna?
jedynka. W pozostalych przypadkach na wyj- JUULCAE N N R 2. Jakie znasz rodzaje bramek logicznych?
Sciu zawsze jest stan 1. Widac wiec, ze bramka ED?‘Y‘ L B j 3. Przy jakich stanach na wejsciu bramki AND otrzymamy jedynke logiczng na wyjsciu?
[ ta stanowi odwrotno$¢ bramki AND. Wystarczy }»AO——L-JW L1 1 4. Przy jakich stanach na wejsciu bramki EX-OR otrzymamy zero logiczne na wyjéciu?
poréwna¢ tablice prawdy obu bramek. Bram- L T S
ka ta moze mie¢ réwniez wiele wejs¢. Bramki Dwuwejéciowa bramka NAND:
l NAND zawiera np. uklad scalony TTL 7400. a) symbol bramki, b} tablica prawdy
2 b)
l Bramka OR realizuje operacje sumy logicznej A B Y ﬁ
Y = A+ B. W technice cyfrowej sume¢ ozna- A 0 0 0 |
czamy jako A OR B lub A + B. Bramka ta jest Q>—Y 1 .0 ; 1|
uktadem o co najmniej dwéch wejsciach. Stan AL LR S
wyjécia wynosi 1, gdy przynajmniej jedno (SRR S A B
z wej$¢ ma stan 1. Bramki OR zawiera np. uktad Dwuwejéciowa bramka OR:
scalony TTL 7432. a) symbol bramki, b) tablica prawdy 1
a) b) |
Funkcjonalnie bramka ta jest dokladng od- AT Ty ]
wrotno§cia bramki OR. Realizuje funk- A o 0 1]
cje Y = A+ B. Zero na wyjsciu pojawia si¢ B ) Dot !M] -0 1 0
zawsze wtedy, gdy przynajmniej na jednym L0 1T 0
z wejé¢ znajduje sie jedynka logiczna. Stan 1 : a1 o ]
pojawia si¢ na wyjéciu tylko wtedy, gdy wszyst-

. L . . Dwuwej$ciowa bramka NOR:
f kie wejscia sg ustawione w stan 0. Bramki NOR a) symbol bramki, b) tablica prawdy

i zawiera np. ukiad scalony TTL 7402.

! a) b)

| A B Y]

, | Bramka EX-OR realizuje funkcje réznicy syme- A 0 [0 ! 0|

| trycznej Y=A @ B =AB + AB. Stan na jej wyj- Ey 1.0 o
§ciu wynosi 1, gdy stany na wejsciach sg rézne o0 1.1 |
(0i1lub1i0). Bramki EX-OR zawiera np. uklad 1 i1 10 |

|
' scalony; TTL 7466. 5. Dwuwejéciowa bramka EX-OR:
| a) symbol bramki, b) tablica prawdy

Bramka EX-NOR realizuje funkcje zaprzeczenia réznicy symetrycznej Y=A O B = A®B
= AB + AB. Stan wyjécia wynosi 1, gdy kazde z wej$¢ ma stan 1 lub kazde stan 0. Bramki

| EX-NOR zawiera np. uklad scalony typu CMOS 4077 (ang. Complementary Metal-Oxide
Semiconductor). |

H
!
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Realizacja funkgji 5 ] |
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| 7402 7486

Budowa uktadéw cyfrowych z bramkami logicznymi Ukdad 7402, w kt6rym zastosowano Uklad 7486, w Kidrym zastosowano

Minimalizowanie funkcji logicznych za pomoca algebry Boole'a cztery bramki NOR cztery bramki EX-OR
| oo .

A 20 O ] O ) 8

Na rysunkach 19.1-19.7 pokazano typowe uktady cyfrowe, w ktérych zastosowano bramki [l [5 l:[J_l_ = —_J J_l] J_L |
logiczne. I LD LK
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4077

Uklad 4077, w ktérym zastosowano cztery bramki EX-NOR

alala

il EpiHa gy 2'1_’L4J—I_U i ___PRZYK
1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND . - - B
7404 2408 , Na rysunku 19.8 przedstawiono przykladows realizacje funkcji

Uklad 7404, w ktérym zastosowano Uklad 7408, w ktérym za;tosowano Y=AB +AB+AB

sze§¢ bramek NOT cztery bramki AND przy uzyciu dwuwejsciowych bramek NOT, AND, NAND i OR.
AND
Vec 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y Vec 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y NOT 4D_
—WBI l_ﬁﬂ L_H_J—lé%— ul 3] [n] [n] [0} [9] [8] A [>o | o
=) ][ | —5
. — = B 4{>‘} | | NAND
W ﬂ )c| ‘Ijﬂ > L 1T T
o ] oY
‘ _I—ZJ—LI 4|—1j\_|"|7| —Ll_l_}_u“'iﬁ_l—éﬁ_l ‘
1A Y 2A 2B 2Y GND Y 2A 2B

2Y GND

Uktad 7432, w ktérym zastosowano
cztery bramki OR

7400 7432

Uktad 7400, w ktérym zastosowano

cztery bramki NAND Realizacja funkcji Y przy uzyciu bramek logicznych

| =SSR -




Warto doda¢, ze powyzsza przykladowa realizacja funkcji nie jest minimalna. Po zasto-
sowaniu praw algebry Boole’a funkcje mozna zminimalizowa¢ do jednej bramki NAND,

Pamietajmy jednak, ze funkcje zrealizowaliémy przy uzyciu czterech uktadéw:

TTL 7404 — sze$¢ bramek NOT (dwie wykorzystane),

TTL 7408 — cztery bramki AND (dwie wykorzystane),
o TTL 7400 — cztery bramki NAND (jedna wykorzystana),

TTL 7432 — cztery bramki OR (dwie wykorzystane).

Dlatego mozemy skorzysta¢ z zamiennikéw bramki NAND i zmniejszy¢ liczbe zasto-
sowanych ukladéw.

Na rys. 19.9 przedstawiono mozliwe zamienniki bramek NOT, AND i NOR na bramki
NAND. )

jest réwnoznaczne

¥y vV
|||
990
¥

I
9
:

Zamienniki bramki NAND

Zamiast bramek NOT mozemy uzy¢ bramek NAND. Dzieki temu zmniejszymy liczbe
ukladéw do trzech.

|:|t>—-’j D

bo —L—D

Uzycie w funkeji bramek NAND zamiast bramek NOT

Po tej operadji realizujemy funkcje przy uzyciu trzech uktadéw:
TTL 7408 — cztery bramki AND (dwie wykorzystane),

TTL 7400 — cztery bramki NAND (trzy wykorzystane),

TTL 7432 — cztery bramki OR (dwie wykorzystane).

Ile bramek zastosowano w ukladzie TTL 7400? Jakie to bramki? ’
W jaki sposéb nalezy uzy¢ bramki NAND, aby wykorzystac jg jako bramke NOT?

20. KODERY. DF i b <

Kodery, dekodery
i transkodery

ZAGADNIENIA
» Podstawowe kody dwéjkowe
« Kodery i dekodery oraz ich zastosowanie

Kod

NieIZtére uktady cyfrowe zajmuja si¢ , czyli przypisywaniem réznym informa-
cjom pevwnych symboli. Kod jest zestawem symboli przypisanych danej informacji. Opisa-
ny wczesniej system dwojkowy jest naturalnym kodem dwéjkowym.

Jak juz wspomniano, uklady cyfrowe wspétpracuja ze soba przy uzyciu systemu dwoj-
kowego. Ostatecznie jednak urzadzenia komunikuja si¢ z cztowiekiem, co wymusza czg¢-
sto przedstawianie danych w systemie dziesigtnym. Poniewaz naturalny kod dwéjkowy
jest technicznie trudny do konwersji na system dziesigtny, stosuje si¢ kody dwéjkowo-
-dziesietne, zwane réwniez lodar (ang. Binary Coded Decimal). Kody te kazdej cy-
frze dziesietnej przypisuja na state okreélong liczbe dwéjkowa. Oznacza to, ze kazda cyfre
koduje sie oddzielnie.

Jednym z kodéw BCD jest tzw. . Stanowi on czesto kod wejsciowy urzadzen,
np. klawiatury: jeden przycisk klawiatury jest wciniety (stan 1), a pozostate zwolnione
(stany 0). Przyktady kodéw BCD zawiera tabela 20.1.

R B . i S L O L L e - ...

Przyktadowe kody BCD
Liczba bitéw 4 4 5 10
Wagi f 8421 2421 ! 9876543210
o . 0000 0000 00000 0000000001
1 - oo 0001 00001 0000000010
2 0010 0010 0001 0000000100
B ~oon oon 00111 ' 0000001000
4 0100 0100 o1 0000010000
5 [ oo o om M ~ 0000100000
6 o110 1100 1110 0001000000
SR P S S O 1O O

h ) o L o | 11100 0010000000
8 1000 Mo 11000 0100000000
- a = i = .0 b

g | 1001 | m 10000 1000000000




J B
Koder jest cyfrowym ukiadem kombinacyjnym majacym n wejs¢ oraz k wyj$¢. Stuzy do Dekoder dziata odwrotnie do kodera, tzn. zamienia Op—
przetworzenia kodu 1 z n (np. 1 z 10) w okreslony dwéjkowy kod wyjéciowy. Poniewaz ist- Kod dwojkowy na wejéciu na okreglony kod wyjsciowy 11—
nieje mozliwo$¢ jednoczesnej aktywacji wigcej niz jednego wejscia, koder uznaje zawsze 1z n. Mawiec wyjéc. Kazdemu ze stéw wejéciowych _ 1% %. is
informacje z najstarszego wejscia. Jednocze$nie ignoruje informacje na pozostatych wej- jest przyporzqdkowany sygnal aktywny (zwykle logicz- v ib
dciach - stad nazwa wy. Warto$¢ na wyjéciu kodera odpowiada wybranemu ne zero), pojawiajacy sig tylko na wybranym, jednym — a2 50—
numerowi wejscia, przedstawionemu w kodzie dwéjkowym. 2 1 Wyjsé. Pozostate zmienne wyjsciowe maja warto§c — A3 60—
Przyktadem kodera jest uktad scalony TTL 74148 przeciwna. _Z_ P
—do A (rys. 20.1). Ukltad ten ma osiem wejs¢ (0-7) i trzy przyktadem dekodera jest uklad scalony TTL 7442 5
—a B g— wyjécia (A, B, C). Dodatkowo ma wejscie bramkuja- rys. 20.2)- Uklad ten ma cztery wejécia (A0-A3) i dzie-
—Og cp ce EI (ang. enable input) oraz dwa wyjscia EO (ang. siec wyjs¢ (0-9)- Symbol graficzny kodera
e o enable output) i GS (ang. group strobe), informujace est to dekoder kodu BCD na kod 1 z 10. Zasade  priorytetowego — uklad scalon
—o8 . i : J : proryletoweg y
—d5 o stanie ukladu oraz umozliwiajgce faczenie tych dziatania tego dekodera pokazano w tabeli 20.3. TTL 7442
—46 koderéw. Jegli na wejscie bramkujace podana zo-
7 stanie logiczna jedynka, uklad jest zablokowany, rabela Tablica dziatania dekodera kodu BCD na kod 1x 10
— g FOlo— a wszystkie wyjécia réwniez znajduja sie w stanie 1. —m '
Uktad pracuje, jezeli na wejscie EI zostanie podane ‘-,__;
Symbol graficzny kodera 0. Wtedy wyjécia A, B, C, a takze GSi EO przyjmuja ME _
priorytetowego — uklad scalony okreslony stan logiczny, zalezny od stanu wejé¢ 0-7 - | ! x % y | | r
TTL 74148 (tab. 20.2). 0 g (o060 1 ! 1l | L (L LI L L
o l oo 1|1 o |11 r vt
Tablica dzialania kodera priorytetowego e B —mf e AR B dhioe ik o
0 0 1 0 1 170 ¢ o 1 LA N A B
10 S| IR = S SO e T REUE VS NS R
J o [ o | 1 11 11 o bl
- — - e -
l | 1 0 0 1 1 1 10 | 1 1 T
1 ! [ - = - t ; P S it 1
1 b's X X X X X } X x |1 1 ’ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ! 1 ; 0 1 1 1 1
3 il T e T T i ' SRR (I '
0 1 1 1 1 1 1o 1 1 1 T 0 | 10 ! ! 11 1 0 1 1 1
L - . e _ !
0 X b's X X X X X 0 L o 0 0 to 1 4 ] 1M ! M,l,_m1 - 1m,wlm l,m“ ! L 0___;,“1_“% J
- i t = 1 0 0 0 L I RS I 1 1 1 110
0 X X X X X X 0 1 0 0 I 1 0 1 RE—— T Amd—— o 4 o
- : e b : j o | o | 1 1 T 1 1 1 110
0 X X x | ox X 0 1 1T [0 1 0 4 0 1 B B - I
- 8 . R R B
H { i 1
0 X | x x| “om - 1 i ] | 1 l 0 l 1 l 1 ; 0 ,1 ";r:'m'rs,!alt.a-..j ' o N o '
. . : S : : N ! 0 ! o : ranskoder to uklad majacy n wejs¢ i k wyjéé. Zamienia on dowolny kod cyfrowy na inny
* x X kod cyfrowy. Najpopularniejszy transkoder to uktad zmieniajacy kod dwéjkowy na kod wy-
,,,,,, = L N S B e - Najpop 182y jacy JKowy wy
0 ; . o-l 1 BERE . ] o | 1 ' Swietlacza siedmiosegmentowego. Przyktadem jest uklad scalony TTL 7447.
i
: ——t = = - . . N . o L
0 ¥ 0 1 T 1 1 T 1 1 JL 1 1 J>r 0 -0 1 E?E‘:?:gmﬁu Tablica dzialania transkodera kodu dwéjkowego na kod wys$wietlacza siedmioseg-
I R L 11 1 0 E N
x— wartos¢ nieistotna m’ ; ;
; ; ] v | 0 0 0 o | o 0 o | o 0 0 1
Kodery stosuje sie gtéwnie do wprowadzania informacji w postaci liczb dziesigtnyc S N S e = =
LA NG L o S o | o 1 L 1T 0 0 1 1 1 1

(np. z klawiatury) i thumaczenia jej na kod zrozumiaty dla uktadu cyfrowego.




Multipleksery,
‘demultipleksery

[y 0 0 1 0 0 0 1 o ' 0 1 0
f 0 0 1 1 o o o | o Y 1 1 k 1
R | przerzutniki
0 1 0 o 1 0 0 1 1 0 0
S-S S S L. S T LY — -
0 1 0 1 0 1 o | 0 1 0 0 R
0 1 1 0 o | 1 | o0 0 0 0 0 ZAGADNIE
— i - T == - » Definicja multipleksera i demultipleksera
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 . ie tych uktadé
{ e 8 » Budowa i zastosowanie tych u oW )
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u Definicja i funkcje przerzutnika
ie i budowa przerzutnikow
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Rtedzale! d )
! Multip
A Th- S Jest to uklad kombinacyjny. Nalezy do grupy ukladéw scalonych o sredniej skali integra-
' cji (MSI — medium-scale integration). Jest ukladem przelaczajacym sygnaly cyfrowe (tzw.
8 2 f b komutacyjnym). Ma k wejé¢ informacyjnych (zwanych tez wej$ciami danych), n wejs¢
—18 o ‘ adresowych (sterujacych) oraz jedno wyjscie y. Ma tez wejécie sterujace dziataniem ukla-
— D do— R du. zwane wejéciem strobujgcym S (ang. strobe). Najczesciej miedzy wejsciami zachodzi
i 5 : ] Y g ) ] y wej
! — R8I e p— - zaleznosc k = 2n.,
; —qB/RBO  fp— o g
\‘ H: g 3 S
|
Symbol graficzny transkodera Symbol graficzny gk 10" 2 ¥k-1
— uklad scalony TTL 7447 wy$wietlacza 7-segmentowego
' | —Oy Xo—
¥
Xo o Y%
Wymien poznane kody dwéjkowe. ... T |
Na czym polega koder i jaka funkcje pemni? a A a Gn-1
Scharakteryzu] dekoder} petniong przez niego .funkc]q. Ry Symbol graficzny multipleksera Symbol graficzny demultipleksera
5 Opisz transkoder i pelniona przez niego funkcje. e o o va s .
! ¥kt = wejscia inf Jine, t,.4-a9 — wejécia x — wejscie, a,_—ao — wejscia adresowe, S — wej-
adresowe, S — wejsci obujgce, y — wyjscie $cie strobujace, yxq—yo — wyjécie

Multiplekser wybiera okreglony sygnat wejéciowy x i przelacza go na wyjécie y. Numer

Wejscia, z ktérego sygnal jest podawany na wyjécie, jest okreslany na wejéciu adresowym a.

Wejscie strobujace S shuzy do zablokowania pracy multipleksera. Po podaniu na to wejécie

i logicznego zera wyjscie y przyjmuje okreslony stan logiczny (zazwyczaj zero), niezaleznie
od stanu wejsé x 1 a.




i | | 21, MULTIPLEKSERY, DEMULTIPLEKSERY I PRZERZUTNIKI

Demultiplekser jest uktadem majacym jedno wejécie (x), n wej$¢ adresowych (ag~ any) | przerzutnik : <cie inf o o e
: e D, wejscie zegarowe C oraz dwa wyjécia:

oraz k wyjsé¢ (yo— Vk1) (zazwyczaj k= 2n), a takze wejécie strobujace S. Pelni funkcje odwrot- PrZeIZu“_uk g Lf:ogw&f;;eé?egﬁ?gga prograrr]mj ace s% ’ it

ng do multipleksera. Przelacza sygnal wejsciowy x na okreslone wyjscie. Na pozostalych proste Q i zanegow g

wyjsciach wystepuje stan logicznego zera.

Jesli na wejscie strobujace zostanie podane logiczne zero, wyjécia y przyjma okreslony a) b) 0)
stan logiczny (zwykle 0), niezalezny ani od stanu wejscia x, ani od wej$¢ adresowych a. N T

c 1 1 1 l - e
| R

Mulipleksery i demultipleksery sg elementami stuzacymi do budowy zlozonych ukta- !
! L0 i 0
i e !

déw kombinacyjnych. Wsréd tych ukladéw znajdujg sie gléwnie tor transmisji danych
cyfrowych oraz uklady udostepniania naprzemiennie informacji i kierowania jej do odpo-
wiednich wyj$¢. Multiplekser ma za zadanie polaczy¢ wejécie o numerze okre§lonym za
pomocy wej$¢ adresowych. Demultiplekser dziata odwrotnie — Igczy wejscie z wyjsciem
o numerze wskazanym przez wejscia adresowe. W technice komputerowej multipleksery
i demultipleksery maja zastosowanie m.in. w sterowaniu klawiatura i ukladami adresowa-
nia pamieci RAM.

| |
| i
| 4
| I
i |
Q ] t
i t T 1
| 1 | |
| | 1 |
3 | | |

' Rys. 21.3. Przerzutnik D: a) symbol graficzny, b) przebiegi czasowe sygnal6w, c) tablica stanéw

Przerzutnik | . L
przerzutnik T ma jedno wejscie informacyjne T, wejscie zegarowe C oraz dwa wyjscia:

Przerzutnik jest podstawowym ukladem sekwencyjnym, uzywanym do zapami ania S . b
o VIR, BEyAny pamicyw proste Qi zanegowane Q. Moze mie¢ wejscia programujace sir.

danych. Mozna w nim zapisac jeden bit informacji.

a b C
Asynchroniczne rs, w kt6rych zmiana stanu wej$¢ moze spowodowaé natychmiastows } : Co L ) o
zmiane stanu wyjsc. c || i | i | | ' | rﬁ T T’—an ]
Synchroniczne D, T, RS, JK. Stan wyj$¢ moze sie w nich zmienic¢ wytgcznie w okreslo- | — — —
nych chwilach, wyznaczonych aktywnym zboczem przebiegu czasowego (zegarowego, | T R At L = 5_0_"_J
taktujacego). ' o L i 1 ; O
=T I I SRS SR —

Przerzutniki asynchroniczne oznacza sie matymi literami (np. rs), natomiast synchro- A

iczne — duzymi lit i . RS). . .
niczne — duzymi literami (np ) Rys. 21.4. Przerzutnik T: a) symbol graficzny, b) przebiegi czasowe sygnaléw, c) tablica stanéw

Przerzutniki stosowane w technice cyfrowej sg uktadami o co najmniej dwéch charaktery- Przerzutnik
stycznych wejéciach i zwykle dwéch wyjéciach (gwiazdka* zaznaczono wejécid niewyma- Przerzutnik RS ma dwa wejscia informacyjne S i R, wejécie zegarowe C oraz dwa wyjscia:
gane — stosowane w zaleznosci od typu przerzutnika, np. wejécia zegarowe majg wylacznie proste Q i zanegowane Q.
przerzutniki synchroniczne):
wejécia informacyjne (D, T, Si R, Ji K), a) b) 9
wejscia programujgce: ustawiajace (s, set) i zerujace (r, reset)*, wejécie zegarowe lub
inaczej synchronizujace (C, clock)*, = s | R Qna1
wyjscie proste (Q), e o e T O o o T o
wyjécie zanegowane [Q lub NOT(Q)]. § ——f —— 1 = | "

Jak juz wspomniano, przerzutniki synchroniczne maja wejécie zegarowe, tzw. synchro- R— i | 1+ 0 1 0
nizujgce, oznaczane jako C. W zaleznosci od rodzaju wej$¢ zegarowych wpis do przerzut- EEEEEERE 1 T o 11
nika moze by¢ wyzwalany: a—— 1 = —i

zboczem dodatnim (narastajacym) — zmiana ze stanu niskiego na wysoki, 1 l 1 bStaq

zboczem ujemnym (opadajacym) — zmiana ze stanu wysokiego na niski. sl

Rl prechigpach czasowych fia fySuilkach 21.1°21.4 precrautniki & SENAIE 2hocZig Rys. Przerzutnik RS: a) symbol graficzny, b) przebiegi czasowe sygnaléw, c) tablica stanéw

narastajgcym.

»




Przerzutnik JK ma dwa wejécia informacyjne J i K, wejscie zegarowe C oraz dwa wyjscia; == z
proste Q i zanegowane Q. Moze mie¢ wejécia programujace sir. ¢ ‘ L. o k. o ® t
L C) ] jestry
% I I I | | T T - y 'L i
c J K Qn+'| p—
T s e s M o T o
| PRI i [ [ 0 [ 0 | & g M - e
! —pc | | p—— o 1 0 ,
= I i caeriil A
—— T | ZAGADNIEN!
| Q ! . | [ ! 0 ! » Co to jest licznik i jaka funkcje petni?
S 1 » Rodzaje | budowa licznikéw
| A # Co to jest rejestr i jaka funkeje pei? |
I Przerzutnik JK: a) symbol graficzny, b) przebiegi czasowe sygnaléw, c) tablica stanéw u Rodzaje i budowa rejestréw E
{ i
Liczniki . . :
Liczniki sa uktadami sekwencyjnymi, zbudowanymi z przerzutnikéw symetrycznych. Stu-
Scharakteryzuj multiplekser i jego funkcje. Ja do zliczania i zapamigtywania liczby impulséw podawanych na wejscia zliczajace.
Opisz demultiplekser. Jaka funkcje petni? Kazdy licznik ma okreslong pojemnos$¢ N (zwana dtugoscia cyklu), tzn. moze zliczy¢
Zdefiniuj przerzutnik i petniong przez niego role. okreslong liczbe impulséw. Pojemnos¢ zalezy od liczby przerzutnikéw n wchodzacych
Jakie wyrézniamy rodzaje przerzutnikéw? w sklad licznika i wynosi N = 2.
Jakie wejécia i wyjscia mozemy spotkac w przerzutnikach? Liczniki mozna podzieli¢ na:
Wymieni poznane typy przerzutnikéw. s Ze wzgledu na liczbe N stanéw wystepujgcych w jednym pelnym cyklu zliczania:

— modulo N lub w skrécie mod N (licznik zlicza kolejno do N impulséw, po czym sie
| kasuje i cykl jest powtarzany); %
— do N (licznik zlicza kolejno do N impulséw i pozostaje w stanie ostatnim, zapamig- |

tuje N; w celu powtérzenia cyklu nalezy sprowadzi€ go do stanu poczatkowego, czyli
. wyzerowania). | 1
' s Pod wzgledem dlugosci cyklu: L

— liczniki o statej dhugosci cyklu (pojemnodci);

— liczniki o programowanej dtugosci cyklu (pojemnosci). %

s Pod wzgledem kierunku zliczania:
, — jednokierunkowe liczace w przéd (dodajace);
| — jednokierunkowe liczace wstecz (odejmujace); |
i ~ dwukierunkowe, czyli rewersyjne (dodajace i odejmujace). i
* Pod wzgledem sposobu oddziatywania impulséw:

— asynchroniczne (szeregowe);

~ synchroniczne (réwnolegle);
| — asynchroniczno-synchroniczne.

W liczniku asynchronicznym zliczane impulsy sa podawane tylko na wejécie zegarowe
pierwszego przerzutnika licznika. W liczniku synchronicznym — jednoczesnie na wejscia
zegarowe wszystkich przerzutnikéw wchodzacych w skiad licznika. W licznikach asyn-
¢hronicznych zmiana stanu kolejnego przerzutnika odbywa sie na skutek zmiany stanu
Przerzutnika poprzedniego.

Przykladem licznika szeregowego jest kaskada n szeregowo polaczonych przerzutni-
K6w. S3 one budowane najczedciej na przerzutnikach typu T lub JK. Licznikiem jest prze-
fauinik T z podpietym na stale wejéciem T do logicznej jedynki (rys. 22.1).
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Schemat logiczny licznika szeregowego, zbudowanego z trzech przerzuinikéw typu 1

Na rysunku 22.2 przedstawiono schemat, przebiegi czasowe i tablice prawdy licznika
szeregowego, zbudowanego z trzech przerzutnikéw JK, zliczajacego w przéd, o dtugosci

, cyklu8.
|
z
a) q)
Wyjscia
| R o
P 1 1 Wyijécia
J—»CJ a We .
We—T@C Q@ @& @
; TG 100 o
A 2 1 0 0|
30 1 0 |
!
b) L. 3 4 4 101 o0 !
y 5 6 7 8 sl ool
& 6 1 0 1
| Q ' 701
i ! 8 1 |1 1|
O] - !
02. ; . t d : : : |
0oi1i2i3iaisiei 7 .

¥
Licznik szeregowy, zbudowany z trzech przerzutnikéw JK: a) schemat logiczny, b) prze-
biegi czasowe sygnatow, c) tablica stanow

Wejscia J i K przerzutnika sa przylaczone do logicznej jedynki. Zliczane impulsy sa
podawane na wejécie zegarowe przerzutnika A. Wejscia zegarowe kolejnych przerzutni-
kéw sg polaczone z wyjsciem Q poprzednich przerzutnikéw. Zgodnie z tablicg prawdy —
w chwili poczatkowej wszystkie przerzutniki znajduja sie w stanie 0.

Jezeli na wejécie- przerzutnika A zostanie podany impuls, stan jego wyjécia zmieni sie

| z 0mnal Stan przerzutnika B nie zmieni si¢, poniewaz na wejsciu zegarowym przerzut-

nika nie wystapita zmiana sygnatu z 1 na 0. Pod wplywem drugiego impulsu przerzut-

| 1 nik A zmieni stan z 1 na 0. Ta zmiana powoduje zmiane stanu przerzutnika B z-0 na 1.

Pod wplywem trzeciego impulsu przerzuinik A zmieni stan z 0 na 1. Ta zmiana nie

. powoduje zmiany stanu przerzutnika B. Czwarty impuls zmieni stan przerzutnika A

z 1 na 0. Zmiana ta powoduje zmiane stanu z 1 na 0 przerzutnika B, a ta z kolei zmiang

stanu z 0 na 1 przerzutnika C. Przed pojawieniem sie ésmego impulsu wszystkie prze-

rzutniki licznika znajduja sie w stanie 1. Po ésmym impulsie przerzutnik A zmieni stan

z1na 0. Ta zmiana spowoduje zmiane stanu z 1 na 0 przerzutnika B, a ta z kolei zmiang
stanu z 1 na 0 przerzutnika C.
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FRt jestry sa U kladami sekwencyjnymi zbudowanymi z przerzutnikéw, najczesciej synchro-
ejestry s

icznych typu D. Stuzg do przechowywania danych. Stosuje sie je w uktadach, w ktérych
m:tepl.je potrzeba chwilowego przechowania niewielkiej ilosci informacji. Liczba bitéw
;?{; rn.l acji (dhugos¢ rejestru), ktéra moze by¢ przechowywana w rejestrze, odpowiada licz-
bie zastosowanych przerzutnikow. Ze wzgledu na sposéb zapisu i odczytu informacji re-
try dziela sie na:
séereng'&’ (SISO, ang. serigl input, serial output),
rownolegle (PIPO, ang. parallel input, parallel output),
rownoleglo-szeregowe (PISO, ang. parallel input, serial output),
egowo-rownolegle (SIPO, ang. serial input, parallel output).

jes
L
L]

o SZET

parametry charakterystyczne rejestrow to:
dlugos¢ (rowna liczbie przerzutnikéw n),

®
s pojemnosc (rowna 21),
s szybkosc.

REit“’o‘,"

Informacija jest wpisywana do rejestru szeregowo (tzn. bit po bicie) i szeregowo z niego
wyprowadzana. Rejestr szeregowy ma jedno wejscie i jedno wyjscie.
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D @ b a}——p o}—7Ip o}
—pC Cc —C C
r r r r
L . |
Zerowdnie | ? tl ] ?
Wpisywanie| |
1
We N
Rys. Schemat logiczny rejestru szeregowego, zbudowanego z czterech przerzutnikéw
Rejestr

Informacja jest wpisywana réwnolegle (tzn. cale stowo wejsciowe jest zapisywane jedno-
czesnie) i wyprowadzana réwnolegle. Rejestr réwnolegly ma te samg liczbe wejsc 1 wyjsc,
rowng liczbie przerzutnikéw zastosowanych do jego budowy.

W, fl . B
D a— D @— —ib aQ— —ib @
—pC bC —pC —pC
‘ r r r r|
O o]
| Zerowanie l I l j
| Wpisywanie| | S ] .
| Dy Dy we D, AD,y
Rys. Schemat logiczny rejestru réwnoleglego, zbudowanego z czterech przerzutnikéw
Rejest

Informacia jest wpisywana réwnolegle, a wyprowadzana szeregowo. Rejestr réwnolegto-
"SZeregowy ma jedno wyjscie i liczbe wej$¢ zalezng od liczby przerzutnikéw zastosowa-
1ych do jego budowy.
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Schemat logiczny rejestru réwnoleglo-szeregowego, zbudowanego z czterech prze-
rzutnikéw

Informacja jest wpisywana szeregowo, a wyprowadzana réwnolegle. Rejestr szeregowo-
-réwnolegty ma jedno wejscie i liczbe wyj$¢ zalezng od liczby przerzutnikéw zastosowa-
nych do jego budowy.

Wy
-l Ty
We >—1D @ b a b a+—p a
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r | r r r

T R o ¢ (&
Zerowanie i | . |
Whpisywanie

Schemat logiczny rejestru szeregowo-réwnoleglego, zbudowanego z czterech prze-
rzutnikéw

W rejestrach typu szeregowego wystepuje konieczno$¢ przesuwania wprowadzanej in-
formacji w kierunku starszych (w prawo) lub mlodszych (w lewo) bitéw. Dlatego nazywa
sie je rejestrami przesuwajgcymi.

Rejestry szeregowe stosuje sie najczesciej jako uktady posredniczace pomiedzy urza-
dzeniami o réznym sposobie przetwarzania informacji, o réznej szybkosci pracy itp. Reje-
stry réwnolegle maja zastosowanie przede wszystkim jako pomocnicze elemerity pamie-
ciowe o matej pojemnosci. Wykorzystuje sie je np. w uktadach wyswietlania informacji
z licznikéw, w ktérych pelnig role bufora miedzy licznikiem i transkoderem wskaznikéw.

Scharakteryzuj licznik i pelniong przez niego funkcje.
Jak dzielimy liczniki?

Gdzie maja zastosowanie liczniki?

Opisz rejestr i jego funkcje.

Jakie s3 rodzaje rejestréw?

Podaj parametry charakterystyczne rejestréw.

Z jakich uktadéw cyfrowych sa zbudowane rejestry?

o e e

EN N J F 1.

Elementy elektroniczne

stosowane

w urzadzeniach techniki
- komputerowe;j

il

ZAGADNIEN ‘
« Elementy elektroniczne stosowane w urzadzeniach techniki komputerowej (UTK)

« Podstawowe parametry elementéw elektronicznych
» Zastosowanie elementéw elektronicznych

Element
Elementy elektroniczne s wykonane z réznych materiatéw i wedtug réznych technologii,
dlatego majg rézne whasciwosci i zastosowania. W uktadach elektronicznych wystepuja:
s elementy bierne:

— rezystory,

— kondensatory,

— cewki,

— transformatory;
s elementy czynne:

~ diody,

— tranzystory,

~ uklady scalone.

Rezystor

Rezystor (potocznie: opornik) jest elementem biernym obwodu elektrycznego. W zalez-
nosci od charakterystyki pradowo-napieciowej wyréznia sie rezystory liniowe (gdy prad
plynacy przez taki rezystor jest wprost proporcjonalny do wystepujacego na nim spadku
napiecia) i nieliniowe. “

Rezystory stuza do ograniczania pradu plynacego w okreslonych gateziach obwodu oraz
do ustalania odpowiednich spadkéw napiecia. Prad przeptywajacy przez te elementy po-
woduje wydzielanie sie ciepla. Rezystory maja rézne wymiary i ksztatty, s3 wytwarzane
z réznych materiatéw.

Symbol rezystora stosowany na schemacie przedstawiono na rysunku 23.1a. Parametrem
Iezystora jest rezystancja, oznaczana literg R, ktérg wyraza sie w omach (Q), np. 10 kQ.

a) R

. Rezystor: a) oznaczenie
isymbol, b) wyglad typowego ele-
mentu

Kondensator

Kﬂn_clf-n sator, czyli element pojemnosciowy obwodu elektrycznego, jest zbudowany z dwéch
gl"ﬂc\\.'odm‘ kéw (okladzin), rozdzielonych warstwa dielekiryka. Doprowadzenie napiecia
0 okladzin kondensatora powoduje zgromadzenie si¢ na nich tadunku elektrycznego.




Kondensatory mozna podzieli¢ w zaleznosci od ich przeznaczenia (m.in. przeciwzakléce.
niowe, blokujace, sprzegajace) oraz zastosowanego dielektryka (m.in. mikowe, ceramiczne,
elektrolityczne, powietrzne).

Symbole kondensatora — stosowane na schemacie — przedstawiono na rysunkach 23.25
i 23.3a. Ze wzgledu na wymagania dotyczace polaryzacji napiecia kondensatory elektro.
lityczne majg symbol graficzny jak na rysunku 23.3a. Parametrem kondensatora jest po-
jemno$¢, oznaczana literg C, ktérg wyraza sie w faradach (F), np. 100 pF.

a) b)

Kondensator elektrolityczny: a) oznaczenie
i symbol, b) wyglad typowego elementu

Kondensator staly: a) oznaczenie
i symbol, b) wyglad typowego elementu

Cewka, czyli element indukcyjny obwodu elektrycznego, sklada sie z pewnej liczby zwo-
jow drutu przewodzgcego. Zwoje sg nawiniete (np. jeden obok drugiego) na powierzchni
walca (cewka cylindryczna) lub na powierzchni pierécienia (cewka toroidalna). Ze wzgledu
na sposéb nawiniecia zwojéw mozna takze podzieli¢ cewki na jednowarstwowe i wielo-
warstwowe. Wewngtrz zwoj6w moze sie znajdowac dodatkowo rdzen z materiatu ferro-
magnetycznego. i

" Symbol cewki — stosowany na schemacie — przedstawiono na rysunku 23.4a. Parametrem
cewki jest indukcyjnoé¢, oznaczana litera L, ktérg wyraza sie w henrach (H), np! 20 pH.

N

Z .

Cewka: a) oznaczenie i symbol, b) wyglad typowego elementu z rdzeniem ferrytowym

Transformator sklada sie z dwéch sprzezonych magnetycznie cewek, nawinigtych na
wsp6lny rdzeri.-Jedna tworzy uzwojenie pierwotne, druga — uzwojenie wtérne. Trans-
formatory sa uzywane przede wszystkim do zamiany (zmniejszania lub zwiekszania)

—~

.. w obwodach pradu zmiennego. Podstawowym parametrem transformatora jest

na P‘Q_‘flz ia. Jest to liczba okreslajaca stosunek liczby zwojéw na uzwojeniu pierwotnym
rze-klab n;gx,\;-ojﬁw na uzwojeniu wtérnym (przektadnia zwojowa). Przektadnia napigcio-
do hfjegl-‘i stosunek napiecia pierwotnego do napiecia wtérnego. Symbol transformatora

o 3 schematach pokazano na rysunkach 23.5a i 23.5b.

stpsowany 11

podziat i1 e . o . .
Transformatory energetyczne, umozliwiajace zmiane napigcia wystgpujacego w sie-

F ciach wysokiego napiecia (stuzacych do przesylania energii elektrycznej na duze odle-

Josci) na niskie napiecie, do ktérego s3 dostosowane poszczegélne odbiorniki.

. %‘ranq{hrmamry matej mocy, stosowane m.in. w urzadzeniach elektrycznych i elektro-
nicznych, w automatyce. ’

» Transformatory specjalne, przeznaczone do réznych zastosowan specjalnych (np. prze-

Khadniki pomiarowe).

B 23.5. Transformator: a) oznaczenie i symbol z rdzeniem Tr1, b) oznaczenie i symbol bez rdze-
nia Tr2, ¢) wyglad typowego elementu

Dioda

Dioda to dwuzaciskowy element elektroniczny, zbudowany ze zigcza pétprzewodnikowego
p-n lub zlgcza metal-pétprzewodnik. Zalezno$¢ pradu ptynacego przez diodg od przytozo-
nego do jej zaciskow napiecia jest nieliniowa. Poza tym jest ona niesymetryczna, tzn. dio-
da w jedng strone przewodzi prad, a w druga whasciwie go nie przewodzi. Diody stosuje sig
gléwnie do prostowania pradu przemiennego (dioda prostownicza), jednak maja one tak-
Ze wiele innych zastosowan. Na przyklad: diody §wiecace (LED), emitujace promieniowa-
nie w zakresie $wiatla widzialnego i podczerwieni, s3 uzywane w sprzecie elektronicznym,
m.in. jako wskazniki $wietlne lub wy$wietlacze numeryczne oraz nadajniki promieniowania
podezerwonego. Fotodiody, reagujace na promieniowanie $wietlne, wykorzystuje si¢ m.in.
W detektorach $wiatta widzialnego i podczerwonego, miernikach odleglosci, komunika-
Gji swiattowodowej. Na schemacie diode oznacza sie literg D. Symbole diod stosowane na
sehematach pokazano na rysunkach 23.6a, 23.7a123:8a.

a) b) a) b) a) b)
3 — D, ; D, [
o — —f- —b
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Rys. 23.6. Dioda prostownicza: Dioda $wiecgca (LED): Fotodioda:
%) 9Znaczenie i symbol, a) oznaczenie i symbol, a) oznaczenie i symbol,
) Wyglad typowego elementu b) wyglad typowego elementu b) wyglad typowego

elementu
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Tranzystor to tréjzaciskowy pétprzewodnikowy element elektroniczny, stuzacy do wzmac-
niania sygnatéw elektrycznych. Istniejg tranzystory bipolarne i polowe. Na rys. 23.921 23.9b
pokazano symbol tranzystora stosowany na schematach.

Ma trzy wyprowadzenia: baze B, emiter E i kolektor C. Jest zbudowany z trzech warstw
pétprzewodnika o przeciwnym typie przewodnictwa (struktury p-n-p lub n-p-n). Od spo-
sobu przewodnictwa tych zlgczy zalezy stan pracy tranzystora.

Tranzystor moze pracowac w stanach:
s przewodzenia — jako wzmacniacz sygnatu,

zaporowym (tzw. zatkania) — jako lacznik (stan logiczny 0),

nasycenia — jako tgcznik (stan logiczny 1),
» inwersji (tzw. odwrécenia) — jako dlawik sygnatu.

: )
3) b)
m 12

Tranzystor polowy ma trzy wyprowadzenia: bramke G, dren D i Zrédto S. Wystepuja tran-
zystory polowe ziaczowe lub z izolowang bramka (np. MOS). W wypadku tranzystoréw
polowych z izolowang bramka w pétprzewodniku — miedzy dwiema elektrodami (Zrédtem
i drenem) — powstaje tzw. kanat. Przez kanat plynie prad, ktérego wartos¢ jest regulowana
napieciem przytozonym do trzeciej elektrody — bramki. Wyréznia si¢ wiele typéw tranzy-
stor6w polowych, w zaleznos$ci od rodzaju kanatu.

Tranzystor bipolarny:
a) oznaczenie i symbole (T1: n-p-n; T2: p-n-p),
b) wyglad typowego elementu

a) | b) f'\

|

Zastosowane w komputerze procesory, chipsety oraz inne elementy s3 zbudowane
z milionéw tranzystoréw. Na schematach tranzystor oznacza sie literg T lub Q.

Tranzystor polowy z izolowana
bramkg i kanalem typu n:
a) oznaczenie i symbol,
b) wyglad typowego elementu

Uklad scalony to zminiaturyzowany uklad elektroniczny, zawierajacy od setek do milio-
néw podstawowych elementéw elektronicznych, gléwnie tranzystoréw i diod.

Uktady cyfrowe oparte na ukladach scalonych stanowia podstawe techniki komputero-
wej. Sa stosowane réwniez w automatyce, urzagdzeniach pomiarowych itp.

N Y O
a) b) ,
Uktad scalony:
j-l P2 a) oznaczenie i symbol,
i L L L b) wyglad typowego elementu

Rezonator kwarco . .
Rezonator kwarcowy to element elektroniczny wykonany z krysztalu kwarcu. Jego dzia-

Janie opiera si¢ na zjawisku piezoelektrycznym. Rezonator stuzy do stabilizacji drgari ge-
neratorow elektronicznych (w komputerze uzywanych do taktowania m.in. procesora).
Na schematach rezonator oznacza sie literg X. Jego parametrem jest czestotliwos¢ pracy;
waha sie ona od kilkudziesieciu kilohercéw do kilkuset megahercéw.

Rezonator kwarcowy:
a) oznaczenie i symbol,
b) wyglad typowego elementu

Zastosowanie oméwionych elementéw elekironicznych wida¢ na zdjeciu zasilacza
komputerowego (rys. 23.13) oraz na zdjeciu plyty gléwnej komputera (rys. 23.14).

Rys Zasilacz komputerowy

I~rezystor, 2 — transformatory, 3 — kondensator staly, 4 — cewka na rdzeniu ferromagnetycznym, 5 - konden-
satory elektrolityczne, 6 - diody, 7 - tranzystory
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Elementy elektroniczne na plycie gtéwnej komputera PC
1 - diody, 2 - kondensator elektrolityczny, 3 —uktady scalone, 4 — rezonator kwarcowy, 5 — tranzystor, 6 — rezy-
story, 7 — kondensatory state

Jakie znasz elementy elektroniczne stosowane w urzadzeniach techniki komputerowej?
Jaka funkcje w ukladzie pelnia rezystory?
Jakie wyr6zniamy rodzaje kondensatoréw i jak je oznaczamy?

Podaj rodzaje i zastosowanie diod.
Do czego stuzy rezonator kwarcowy i gdzie najczesciej wystepuje?

4, Zasada dziatania
komputera

® Informatyczne systemy komputerowe
u Architektura komputera
® Elementy jednostki centralnej
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Uiytkownicy to ludzie lub komputery. Maja bezposredni kontakt z oprogramowaniem

uiyrkowym .

|
I n 'FO r m atycz n e SYSte my ' podstawowe zadania systemu operacyjnego: |

przydzia?ri kontrola procesora,

komputerowe § proydai  Fontoa pamicc
o zarzadzanie lista zada, o ]
, kontrola urzadzeni wejécia-wyjscia i zarzgdzanie nimi, i
o zarzadzanie danymi, ‘
o zarzadzanie siecig komputerows.
ZAGADNIENIA przykiady systemow operacyjnych:
= Definicja systemu informatycznego i komputerowego J Microsoft Windows,
m Rodzaje systeméw informatycznych o Linux
- o Novell, 5
System informatyczny o Apple,
System informatyczny to powigzane ze sobg elementy, dzieki ktérym jest mozliwe prze- e Android.
twarzanie danych przy uzyciu techniki komputerowej.
System informatyczny tworzg: C
e sprzet komputerowy,
e oprogramowanie, 1, Zdefiniuj system informatyczny.
o ludzie. 2. Podaj przyklady systeméw informatycznych.
Na system informatyczny sklada sie m.in. oprogramowanie wspomagajace funkcjono- 3. Jak jest zbudowany system komputerowy?
wanie przedsiebiorstw i instytucji. Przykladami takiego systemu sa: 4. Podaj przyklady poznanych systeméw operacyjnych.

e CRM (ang. Customer Relationship Management — zarzadzanie relacjami z klientem),

e ERP (ang. Enterprise Resource Planning — planowanie zasobéw przedsigebiorstwa),

e MRP (ang. Material Requirements Planning — planowanie zapotrzebowania materiato-
wego), !

e SCM (ang. Supply Chain Management — zarzadzanie fanicuchem dostaw). '

M H

System komputerowy i
System komputerowy to wspéldziatanie systemu informatycznego, czyli sprzetu kompu-
terowego i oprogramowania.
W pelni zautomatyzowany system komputerowy dziala bez udziatu czlowieka.
Sktada sie z nastepujacych warstw: .
sprzet,
system operacyjny,
programy narzedziowe,
programy uzytkowe,
uzytkownicy.
Sprzet to procesor, pamie¢ operacyjna i masowa, urzadzenia wejécia—wyjscia, ktére za- |
pewniajg mozliwosci obliczeniowe.
System operacyjny zarzadza systemem komputerowym za pomoca programéw uzytko- |
wych. Tworzy $rodowisko do uruchamiania i kontroli zadan uzytkownika.
Oprogramowanie narzedziowe odpowiada za zarzadzanie zasobami sprzetowymi po-
przez interfejsy uzytkowe do obstugi pamieci komputera, obrébki plikéw, diagnozowania
i konfigurowania komputera.
Oprogramowanie uzytkowe to programy majace zastosowanie jako konkretne narze-
dzia: edytory, arkusze kalkulacyjne, bazy danych. Dzieki nim mozna rozwigzywaé proble-
my obliczeniowe zadane przez uzytkownika. ! |

e 6 o e o
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ZAGADNIENIA
® Architektura systemu komputerowego
= Schemat budowy komputera

| Architektura komputera

Architektura systemu komputerowego

Méwigc o zasadzie dziatania komputera, mamy na mysli sposéb, w jaki wykonuje on pro-
gram i uzyskuje dostep do pamieci oraz danych. Decyduje o tym architektura systemu
komputerowego, ktéra okresla, jak sa polaczone trzy podstawowe elementy slktadowe:

® procesor,

® pamig,

o urzadzenia wejscia-wyjscia.

Ze wzgledu na sposéb organizacji pamieci oraz wykonywania programu wyréznia sie
komputery o architekturze von Neumanna oraz o architekturze harwardzkiej. Opracowano
tez systemy o architekturze mieszanej (zwanej tez zmodyfikowang architektura harwardz-
ka), ktéra ma cechy dwéch poprzednich.

Ogolny schemat systemu komputerowego
Na rysunku 25.1. przedstawiono ogélny schemat logiczny systemu komputerowego.

Pamieé wewnetrzna Urzqdzenia '
RAM wejscia/ )
ROM /wyijscia ¢
= =
/ lT Magistrala [] L @ i
N
\f ﬁ
Procesor
ALY
cu Rys. 25.1. Og6lny schemat
rejesiry ey systemu komputerowego
Procesor
Procesor jest gléwnym elementem komputera. Odpowiada on za przetwarzanie danych.
W jego sklad wchodza:

® jednostka arytmetyczno-logiczna ALU (ang. Arithmetic Logical Unit),
e jednostka sterujaca CU (ang. Central Unit),
o zesp6l rejestréw.

Jednostka sterujaca pobiera dane z pamieci i dostarcza do ALU. W jednostce arytme-
tyczno-logicznej s3 realizowane operacje na liczbach dwéjkowych: dodawanie, odejmowa-
nie, mnozenie, dzielenie oraz inne operacje logiczne. W rejestrach przechowuje si¢ adresy
wybranych miejsc w pamieci oraz dane i wyniki obliczen. )

EKTURA KOMPUTET

Pamiﬂé wewnetrzna
cklada sie 2 pamigci ROM (ang. Read Only Memory) oraz RAM (ang. Random Access Me-

). Pamiec ROM stuzy jedynie do odczytywania. Sa w niej przechowywane informacje
mﬁ; }:l.ﬁguracji sprzetowej oraz programy diagnostyczne. W pamieci operacyjnej RAM sa
. wane przetwarzane dane, programy i wyniki wykonania programéw. Pamigc

rzechowy iy i’ o i ilani
RAM mozna odczytywac i zapisywac w dowolnym czasie, jednak po wylaczeniu zasilania

wszystkie dane sg tracone.

Magistrala . o .

gtanowi zespot linii shuzacych do przesytania danych, adreséw 1 sygnaléw miedzy proceso-
ecig i urzadzeniami wejscia-wyjécia. Szybkos¢ pracy magistrali zalezy od jej typu

rem, pami - . L o
Zazwyczaj jest kilka razy mniejsza od czestotliwosci pracy procesora.

oraz zastosowall ia.

Rodzaje magistral systemowych
Magistral.a FSB (ang. Front Side Bus) taczy procesor z kontrolerem pamieci (zazwyczaj

w mostku polmocnym). Sktada sie z linii sterowania, linii danych oraz linii adresowych.
Jej czestotliwosc zalezy od zastosowanego procesora.

Magistrala DMI (ang. Direct Media Interface) taczy mostek péinocny i potudniowy. Jej
Przepustowoéé siega 2 GB/s.

Magistrala QPI, zastosowana w procesorach Intel, zastgpita magistrale FSB. Jest to ma-
gistrala dwukierunkowa — w przeciwienstwie do FSB (jedna do odczytu, druga do zapi-
su). Ta 20-bitowa magistrala moze osigga¢ predkos¢ do 25,6 GB/s.

o Magistrala Hyper Transport, zastosowana w rozwigzaniach firmy AMD, w ktérych wy-
stepuja procesory ze zintegrowanym kontrolerem pamieci, jest magistralg dwukierun-
kowa o czestotliwoéci do 4 GHz.

Architektura von Neumanna

System komputerowy o architekturze von Neumanna skfada sig z trzech blokéw:

e procesora (jednostki arytmetyczno-logicznej ALU oraz jednostki sterujgcej CU),
e pamigci,

o urzgdzen wejécia—wyjscia.

‘ Pamiec¢ danych i programu

I
! |
1 I |
o Jednostka I Jednostka !
i \ sterujgca —:1 arytmetyczno-logiczna Procesor !
i ﬁ L !
G | (U S N VG |

=
Weiscie Wyjscie

Rys. 25.2. Schemat systemu komputerowego o architekturze von Neumanna

_ System komputerowy o architekturze von Neumanna przechowuje wszystkie informa-
Y€ = zarowno dane, jak i rozkazy — w tej samej pamieci. Sg one jednakowo dostepne dla
Procesora. Procesor ma skoriczona, funkcjonalnie pelng liste rozkazéw. Operacje arytme-
fyezne i logiczne s3 wykonywane kolejno (sekwencyjnie), zgodnie z instrukcjami progra-
MU, 7 okreslong czestotliwoscia zegara procesora.
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Architektura harwardzka

System komputerowy o architekturze harwardzkiej ma dwie pamieci: jedng Przeznaczoy

na rozkazy, a druga — na dane. S3 one potaczone z procesorem osobnymi magistralapy;
Dane z pamieci danych i pamieci programu moga by¢ odczytywane jednoczesnie. DZile:
temu systemy o tej architekturze s3 szybsze od systeméw o architekturze von Neumanp,

(== - s T : Rys. 25.3. Schemat systemu
Pomie€ [~/ A+ Pamiec )
progra?‘nu 1( /| Procesor | /' danych komputeroyvggo o architekturze
: | — | | harwardzkiej

Zmodyfikowana architektura harwardzka

Zmodyfikowana architektura harwardzka ma charakter mieszany —taczy architekture yoy
Neumanna z architekturg harwardzka. Pamieci danych i rozkazéw sa w niej rozdzielone.
lecz wykorzystujg wspélng magistrale danych i magistrale adresows.

Schemat logicznej budowy komputera

Schemat logicznej budowy komputera przedstawiono na rys. 25.4. Jak juz wspomniang,
komputer sklada si¢ z procesora, pamieci wewnetrznej oraz urzadzen peryferyjnych, czyli
zewnetrznych urzadzen wejscia—wyjscia. Wszystkie elementy sktadowe aczg sig za poma.
ca magistrali systemowej.

Jednostka =

stervjgca - CU = g

8 | Procesor Q i

5 [Jednostka % graficzny - GPU g é %

E arytmetyczno- 5 € |2 g

-logiczna - ALU g Pamiec 2 3 §_

. wideo — VRAM E|l |2

28 =

Rejestry =
77;‘ =

N—T=

iy M |

Magistrala systemowa

— = = = =
. J ___________ ‘ ___________ 5 ] S~ i " = N
i Kqui\;jst:ra, | ‘ Skaner ‘ Naped optyczny ‘ Drukarka Monitor ‘ i
| [EEEmysz—— m—— ] | _
| |
| Urzqgdzenia peryferyine :

Rys. 25.4. Schemat logicznej budowy komputera

Wspétpraca procesora z pamiecia oraz urzagdzeniami wejscia-wyjscia

Wspétprace te obrazuje rys. 25.5. Odbywa si¢ ona poprzez szyne danych i szyng adresowd:
Procesor wysyla sygnaly sterujace, ktére umozliwiajg odczyt lub zapis z poszczegdlnyel
urzadzen. Wyrézniamy nastgpujace sygnaty sterujace:

e MR (ang. Memory Read) — odczyt pamieci,

e MW (ang. Memory Write) — zapis do pamiegci,

Input/Output Read) - odczyt z urzadzen wejscia—wyjscia,

o Ig\};/(?;lgg Input/Output Write) — zapis do urzgdzen wejscia—wyjscia.
I ]
L
MW
- - — e MR e—
L B ¥
pParmiet Pamiec Urzqdzenia |« IOR
ROM ‘ RAM wefécia-wyjscia | _IOW
e — s s
SO [ .
«‘ Magistrala adresowa
B Magistrala danych |
I —
Procesor lOR
MW f——

Rys. 25.5. Zasada wsp6tpracy uktadu mikroprocesowego z pamigcia oraz uktadami wejécia—wyjscia

Operacje wejscia-wyjscia wykonywane pod nadzorem procesora

Operacje te (rys. 2 5.6.) spowalniaja prace komputera, poniewaz procesor przerywa na czas
ich realizacji wykonywanie programu. Operacje taka rozpoczyna urzadzenie Zadajace do-
stepu do procesora. Wysyla ono zadanie przerwania IRQ (ang. Interrupt Request).

Urzgdzenie Urzgdzenie Urzgdzenie
nrl nr2 nr3
-~ T= 7 — == =~
umg'rsﬂulu adresowa i L ) .
— 1 == Pamiec
i ; AN RAM
_ Magistrala danych _ |'l‘. y
S ‘E | | j T
ks B N N N,
JNTAP IRG2 IRG3 IRGS
Procesor |« TR Koniroler przerwafi
RYS. 25.6. Operacie wejscia—w yidcia wykonywane pod nadzorem procesora
INTA - sygnal przyjecia zgloszenia przerwania, INTR - sygnal odebrania zgloszenia przerwania przychodza-

€80 do spratu, IRQ2, TRQ3, IRQS — numery kanaléw przerwati urzadzen

: Przerwaniami zarzadza kontroler przerwan, ktéry powiadamia procesor za pomocy

S¥gnaty _INTR. Procesor potwierdza sygnatem INTA i rozpoczyna wymiane danych mie-

uz;:fz’::?tﬁ i uizqfl-{e tlit-].n, Kazde urzacd-zenie ma .W}gsny r.1umer prze,rwania. Jezeli kilka

E WY?'Sz'yn:u Tfﬂ_../.esz.ue 'x_a.',:_qda przerwania, zostgme obstuzone to, ktére ma przerwanie
eyl priorytecie — nizszy numer przerwania.
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Operacje wejscia-wyjscia z bezposrednim dostgpem do pamigci

Operacje te, przedstawione na rysunku 25.7, s3 wykonywane bez udziatu procesora, k6. E o o
ry w tym samym czasie moze realizowac inne operacje. Do sterowania tymi operacjami I m d k
stuzy uktad DMA (ang. Direct Memory Access), kt6ry przejmuje kontrole nad szyna danych ! e e n ty ] e n OSt I
i szyna adresowa. Sygnalem DRQ (ang. Data-Ready Queue) urzadzenie wejscia-wyjscia I :
zadajace dostepu do pamieci inicjuje pracg ukladu DMA. Ukltad DMA sygnalizuje pro- ce ntra ne]
| cesorowi — za pomoca sygnatu HRQ — mozliwos¢ przejecia kontroli nad magistralami. |
Procesor zawiesza swoje magistrale i sygnalizuje to sygnatem HLDA. Kontroler DMA za |
pomoca sygnatu DACK przekazuje do urzadzenia informacj¢ o ustawionym trybie DMA, b L N = =l
| Rozpoczyna sie transmisja danych z pamiegci do urzadzenia zadajacego, z pominiecien

procesora.

ZAGADNIENIA
« Elementy wchodzace w skiad jednostki centralnej i

# Elementy wymagane do uruchomienia komputera

Urzgdzenie Urzgdzenie Urzgdzenie :
el LRt arg ‘ Elementy zestawu komputerowego

W skdad standardowego zestawu komputerowego wchodzg: jednostka centralna oraz urza- l

) /“r r'y 5 [A /\r A 9reT dar . _
[ — : [ : ' [ dzenia peryferyjne (klawiatura, mysz, monitor, glogniki).
Magistrala adresowa [ | | I P ; i
= . . 3| ! Jednostka centralna sklada si¢ z nastgpujgcych elementéw:
‘ Magistrala danych | o Obudowy z zasilaczem.
lj o Plyty gtéwnej. i
HLDA y Y y e Procesora.
> DRQI DACKI  DRQ2 DACKZ  DRQ3 DACK4 o Pamieci operacyjnej (RAM) 1
AM). |
Procesor HRQ e 3 P
- Uklad DMA o Karty graficzne;j.
o Dysku twardego.
L s o o Napedu optycznego.
Rys. 25.7. Operacje wejécia—wyijécia wykonywane z bezposrednim dost¢pem do pami 1 L
1 g - perd ] i y y P m epenm co pamied ! o Kartrozszerzen.
o Kontroleréw.

Jak jest zbudowany system komputerowy? . i
Jakie magistrale systemowe mozemy wyrézni¢ w systemie komputerowym?
Poréwnaj architekture von Neumanna i architekture harwardzka.

Za co odpowiada kontroler IRQ?

Ktére urzadzenie zostanie obstuzone jako pierwsze w kolejce przerwan?

Za co odpowiada kontroler DMA?

Na podstawie powyzszego opisu oraz schematéw przedstawionych na rysunkach 25.2 |
i 25.3 wykonaj analogiczny schemat systemu komputerowego o zmodyfikowanej archi- |
tekturze harwardzkiej.

RYS. 26.1. Wnetrze typowej
1ednostki centralne;
| ;- p[rc_:cesru: 2—karta graficzna,
=Chipset z radiatorem, 4— pamigc
EAM. §I~ naped optyczny, [
=~ Zasilacz, 7 - m‘ivic_u- na dyski SSD
8=dysk twardy . y
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Budowa zewnetrzna jednostek centralnych
Na rysunkach 26.2-26.6 pokazano budowe zewnetrzng jednostek centralnych.

Do uruchomienia jednostki stuza nastepujace podzespoly: zasilacz, ptyta gtéwna, pa-
mied, procesor i karta graficzna.

| |

||
1 23 4 5 67

Rys. 26.2. Budowa zewnetrzna stacji typu desktop (przéd)
1—-naped optyczny, 2— wlacznik, 3 —wska#nik dziatania dysku twardego, 4~ wskaznik zasilania, 5 - gniazda
USB, 6 - gniazdo mikrofonowe, 7 — gniazdo na stuchawki

Rys. 26.5. Budowa zewnegtrzna stacji typu tower (tyh)
1 - interfejsy urzadzen peryferyjnych, 2 - karta graficzna, 3 - zasilacz

Rys 26.3. Budowa zewnetrzna stacji typu desktop (tyh)
1 - interfejs LPT, 2 - gniazda USB, 3 — gniazdo karty sieciowej, 4 — gniazdo Display Port, 5 - gniazdo VGA
6 - gniazdo RS-232, 7 — gniazda PS/2, 8 — gniazda jack, 9 — gniazdo zasilania, 10— zasilacz '

Rys. 26.4. Budowa zewnetrzna stacji typu tower
(przéd)

1-gniazdo USB 3.0, 2— gniazda jack, 3 - gniazdo USB 2.0,
4— wskaznik dziatania dysku twardego, 5 — przycisk reset,
6 — przycisk zasilania, 7—naped optyczny

Rys. 26.6. Budowa zewnetrzna stacji typu tower (interfejsy urzadzen peryferyjnych)

| i’;grgiazdg PS/2, 2— gniazda USB 2.0, 3 - gniazda USB 3.0, 4 - gniazdo LAN, 5— gniazda jack karty dzwicko-
J: 6=gniazdo DV, 7 - gniazdo D-SUB, 8 — gniazdo HDMI
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2 1

Obejrzyj jednostke centralng swojego zestawu komputerowego. Okreél, jakiego typu
jest jego obudowa, oraz — na podstawie wygladu panelu przedniego i tylnego — wymien

|
elementy zestawu. :
Zastanéw sie, gdzie stosuje sig obudowy typu tower, gdzie typu desktop. W jaki sposéb |

wybér danego typu obudowy wptywa na prace uzytkownika?

Jakie podzespoly wchodza w sklad zestawu komputerowego?
Jakie podzespoty wchodza w skiad jednostki centralnej?
Wymieri podzespoly niezbgdne do uruchomienia komputera.

5. Phyty gtéwne

® Plyty gtéwne
® Plyty gtéwne w standardzie ATX

® Phyty gtéwne w standardzie WTX
® Plyty gtéwne w standardzie BTX oraz ITX
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= Budowa typowej plyty gléwnej
= Schemat blokowy typowej ptyty gtéwnej
| Typowe interfejsy zintegrowane z ptyta gtéwna

(ang. motherboard) to plytka drukowana, na ktérej zamontowano najwazniej-
sze podzespoty i elementy komputera. Sa one niezbedne do jego prawidtowej pracy oraz
do komunikowania sie z pozostatymi komponentami i modutami.

Przyktadowa budowe typowej plyty gléwnej pod procesory Intel przedstawiono na ry-
sunku 27.1, a schemat blokowy tej plyty gtéwnej — na rysunku 27.2.
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Przyktadowa plyta gtéwna pod procesory Intel z gniazdem LGA

1 - zasilanie procesora, 2— gniazda RAM, 3— gniazdo LGA procesora Intel, 4— PCI Express x1, 5~ PCI Express x1,6,
6~ PCI, 7 - zasilanie 24 pin do ptyty, 8 — zlacze ATA, 9- chipset, 10 - interfejsy S-ATA

e = __*.__,_.mm.w./-,}
|

PCI Express 3.0 graphics
1x16 linii
2x8 linii
1x8 i 2x4 linii

[ do10x USB3.0
do 14 x USB 2.0

20 linii PCI Express 3.0

_

Intel HD Audio

Schemat blokowy plyty gtéwnej pod procesory Intel Core z chipsetem Intel Z170

Przyktad budowy typowej plyty gléwnej pod procesory AMD przedstawiono na rysunku
27.3, a schemat blokowy tej plyty gléwnej — na rysunku 27.4.

Rys Plyta gtéwna pod procesory AMD z gniazdem Socket

1 3 zasilanie procesora, 2-- pamie¢ RAM, 3 — gniazdo procesora Socket, 4 — zasilanie plyty gléwnej, 5— mostek
P6tnocny, 6 — PCI ex x16, 7 — PCI ex x1, 8 — mostek potudniowy, 9— ztacza PCI, 10— interfejsy S-ATA

Procesor Intel Core
6 generacji,
gniazdo LGA 1151

Intel HD graphics 530

Magistrala DMI 3.0

Chipset Intel Z170

B | 5

DDR4 2133
DDR3L 1600

DDR4 2133
DDR3L 1600

6 x Sata 3

Intel Rapid Storage

Karta sieciowa GB




B i
Procesor AMD Na wspétczesnych ptytach gtéwnych gniazda interfejséw urzadzen peryferyjnych sg ze
Pamig¢ DDR3 Socket AM3 sobg zintegrowane i tworza jeden modut.
Magistrala HT 5.2 GTis . ATX 305 x 244 mm (wspélezesny w komputerach PC)
s - | 1x16/2x8 N WTX 356 x 425 mm (serwerowy)
apnglgra ";'26”5‘ °StZ g(f‘;;‘“”y . BTX 325 x 266 mm (miat zastapi¢ ATX)
‘ X 16 GB/s | = . ITX 215 x 191 mm (urzgdzenia miniaturowe)
Magistrala Alink 4 GB/s
| 14 x USB 2.0 6 x Sata 3
Mostek p— . Jaka funkcje pelni ptyta gléwna?
Interfejs PCI ‘ potudniowy Interfejs ATA Jakie elementy montujemy na ptycie gtéwnej?
SB850 e —— Jakie interfejsy sa zintegrowane z plyta gtéwna?
HD Audio J Karta sieciowa GB
- .
Schemat blokowy plyty gléwnej pod procesory AMD z chipsetem ATI 890FX
W komputerze na plycie gléwnej znajduja sig:

Gniazdo procesora Intel (LGA) lub AMD (Socket).

Procesor.

Pamie¢ RAM (gniazda do zainstalowania modutléw RAM, np. typu DDR4).

Gniazda do podigczania kart rozszerzajacych (np. PCI, PCle).

Z1jcza do podigczania pamieci masowych (np. SATA do dyskéw twardych).

Interfejsy urzadzen peryferyjnych (np. PS/2, USB, FireWire, LPT).

Dwa zlacza zasilania (gléwne i dodatkowe) do podiaczenia zasilacza do ptyty gtéwne;.

Przykladowe zastosowanie interfejséw peryferyjnych plyty gtéwnej

interfejsy urzadzen PS/2 myszy, klawiatury

eryferyjnych i
penyienny " audio gtosnikéw, stuchawek, mikrofonu

MIDI instrumentéw muzyczndch
D-SUB Monitora — ztacze analogowe
DVI Monitora — ztacze cyfrowe

. HDMI Monitora — zigcze cyfrowe z dZzwiekiem

i . . !
Display Port Monitora ~ zfacze cyfrowe i

| FireWire | szybkich pamieci zewnetrznych, bezposrednio dwdch |

I komputeréw, kamer cyfrowych

E-SATA dyskéw zewnetrznych 1
Ethernet komputera do sieci lokalnej

usB wielu urzadzeri peryferyjnych ‘[
LPT | drukarki E
RS-232/COM | starszych modeméw, bezposrednio dwéculf:—k—o_rﬁputer_éyw |

—— — — | — R I - ~ . - N ﬁ




Ptyty gtéwne
'w standardzie ATX

Budowa ptyty gtéwnej standardu ATX
1 Cechy charakterystyczne ptyt ATX
» Rozpoznawanie elementéw na plycie ATX

Plyty gléwne w zastapity w drugiej potowie lat dziewie¢dziesigtych XX
wieku stosowane do tej pory plyty w standardzie AT. Plyty te nie s3 wzajemnie wymien-
ne. Format ATX jednoznacznie okregla, w ktérym miejscu powinien sig znajdowac pro-
cesor. Dokladne wyznaczenie potozenia niektérych elementéw pozwolito zoptymalizowac
budowe w poréwnaniu z wczegniejszymi plytami, na ktérych przeszkoda byta lokaliza-
cja procesora. Rozmieszczenie poszczegdlnych komponentéw jest duzo korzystniejsze,
m.in. zwiekszyt sie obszar przeznaczony na interfejsy zewnetrzne. Dzigki umieszczeniu
interfejséw bezposrednio na plycie, zredukowano plataning kabli. Utatwito to dostep do
niektérych czesci (np. moduly pamieci znajdujg si¢ na érodku, kontrolery dyskéw SATA
i IDE — blizej samych naped6w). Po zmianie potozenia gniazda procesora i gniazd pamieci
nie koliduja one z zadnym gniazdem kart rozszerzeri. Umozliwiaja tez tatwg aktualizacje,
niewymagajaca usuwania zadnej z zainstalowanych kart rozszerzeni. Ptyta ATX jest zasi-
lana przewodem 20-stykowym, dodatkowo ma ztjcze 4-stykowe do zasilania procesoréw
Pentium 4 i nowszych. Nowsze wersje ptyty maja gléwne zlacze 24-stykowe, co umozliwia
zasilanie szyny PCI Express. ,

Zastosowanie funkcji Soft Power na ptycie ATX umozliwia kontrole zasilania z poziomu
systemu operacyjnego. Pozwala tez oszczedza¢ energi¢ przez wprowadzanie komputera
w stan uspienia po dtuzszej bezczynnosci. Polepszone zostaty takze warunki odprowadza-
nia ciepla. Dzieki zmienionej konstrukeji obudowy, poprzez jednoczesny nawiew i wy-
wiew powietrza, chtodzenie komputera stato si¢ bardziej wydajne.

Interfejsy urzadzen peryferyjnych zintegrowane na ptycie.
Optymalne rozmieszczenie elementéw na ptycie gléwnej.
» Zlycze zasilania dwurzedowe 2 x 10 (12) stykéw.

Plyty ATX wystepowaly tez w mniejszej wersji Mikro ATX 244 x 244 mm. Zmniejszona
plyta gléwna miata mniej gniazd rozszerzen, cz¢sto tylko 2 gniazda pamieci RAM oraz
zazwyczaj zintegrowang kare graficzng. Plyty te sa przeznaczone dla mniej wymagaja-
cych uzytkownikéw i maja mniejsze mozliwosci rozbudowy (zawieraja tylko jedno gniaz-
do PCI Express x106).

przyklad typowej ptyty ATX po lewej i ptyty Mikro ATX po prawej przedstawiono na
rysunku 28.1. |

fys. 28.1. Plyty gtéwne: a) ATX, b) Mikro ATX

G

1. Poréwnaj standardy ATX i Mikro ATX i uzupelnij w zeszycie ponizsza tabele.

rozmiar

llos¢ gniazd pamieci

ARSI —— - T

llos¢ gniazd rozszerzeri

£

! Jakie s3 cechy charakterystyczne plyty ATX?
“ Po czym najtatwiej rozpozna¢ plyte ATX?
4. Jakie elementy zawiera plyta ATX?
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Ptyty gtéwne
w standardzie WTX

' Budowa ptyty gtéwnej standardu WTX
s« Cechy charakterystyczne ptyt WTX
Rozpoznawanie elementéw na ptycie WTX

ptyt gléwnych jest rozwinieciem formatu ATX i powstal w koricu lat dzie-
wiecédziesigtych XX wieku. Zostat zaprojektowany z myslg o rynku serweréw i stacji ro-
boczych, wyposazonych w kilka procesoréw oraz dyskéw twardych. W przypadku tego
standardu opracowano bardzo dokladna specyfikacje. Okresla ona, oprécz rozmiaru
i ksztattu ptyty gtéwnej, réwniez interfejs miedzy plyta i obudowg oraz wymagania, kté-
re musi spelia¢ ptyta gtéwna. Konfiguracje plyty gléwnej w standardzie WTX mozna
zmienia¢ znacznie tatwiej. Nalezy w tym celu wymieni¢ modut specjalnej karty rozsze-
rzajacej (tzw. riser card), zawierajacej zlgcza oraz komponenty. Odpowiednie wycigcia
w obudowie umozliwiaja fatwe instalowanie i wymiane modutéw, zaleznie od zapotrze-
| bowania. Plyty gléwne WTX s3 znacznie wieksze, zwykle prawie dwa razy, od ptyt ATX.
| Ich obudowy réwniez znacznie odbiegaja od przecigtnych rozmiaréw obudéw kompute-
réw PC. W obudowach WTX przewidziano bowiem miejsce na wiele dyskéw twardych
oraz na wydajny zasilacz. Bedzie on w stanie obstuzy¢ duzg liczbe kart rozszerzen i do-
datkowych urzadzen (jest to zasilacz o mocy 400 W lub wigkszej). Poniewaz obudowa
WTX jest ciezka (moze wazy¢ nawet okoto 35 kg), aby utatwic jej przesuwanie, montuje
sie do niej zwykle nieduze kétka.
Obecnie format ptyty gtéwnej WTX jest coraz rzadziej stosowany i nie przewiduje si¢
pojawienia jego nowych wersji.

}' Mozliwo$é¢ zamontowania kilku procesoréw serwerowych (1-8).
Duza liczba dyskéw twardych.
Duza iloé¢ pamieci, z kontrolg btedéw ECC.
Duza liczba gniazd rozszerzen.
Gniazda PCI 64-bitowe, AGP Pro.
1 Kontrolery SCSI.
Jeden zasilacz duzej mocy lub kilka takich zasilaczy.
Duze rozmiary plyty gtéwnej i obudowy.
Zdjecie ptyty gtéwnej w standardzie WTX oraz jej obudowy przedstawiono na rysun-
kach 29.1129.2.

29 PLYTY 0 W STANDARDZIE WT.

fys 29.1. Plyta gléwna w standardzie WTX

1 - procesor, 2 — gnlazdo na drugi procesor, 3 — interfejs SCSI, 4 — mostek potudniowy, 5 — kontroler SCSI,

6- gniazda pamieci RAM, 7 - mostek pétnocny, 8 — gniazda PCI 64 bit

THRL ety

ll. l _1"
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Rys. 292 Obudowa WTX




| Standard WTX obecnie jest juz rzadko spotykany. Najnowsze serwery typu Tower s
zbudowane na podstawie standardu ATX lub Extended ATX (o wigkszych rozmiarach).

o~  Plyty gtéwne
| w standardzie BTX
Jakie sg cechy charakterystyczne ptyty WTX? Qe y | oraz I TX

Po czym najlatwiej rozpoznad plyte WIX?
Jakie elementy zawiera ptyta WTX?

i

i

! ZAGAD!
» Standard BTX
g Standard ITX

Bud
: Standard to standard ptyt gléwnych oraz zasilaczy i obudéw zaproponowany w 2004

| roku przez firme Intel. Jest nastepca wystuzonego standardu ATX.

W standardzie tym wprowadzono zmiane ulozenia elementéw na plycie gtéwnej. Naj-
: wazniejsze elementy, ktére najbardziej sie grzeja, s3 tu ulozone w tunelu powietrznym.
Z przodu obudowy umieszczony jest wentylator, ktéry witacza powietrze do $rodka. Po-
wietrze przeptywa nad podzespolami w kierunku tytu obudowy. Dzigki takiemu rozwig-
zaniu elementy latwiej sie chlodza. Ponadto wszystkie elementy dtugie, takie jak pamieci
i karty graficzne, sa ustawione wzdtuz kanatu powietrznego, aby przeptywajace powietrze
nie brudzito chlodzonych czesci.

Rys. Zdjecie plyty gléwnej w standardzie BTX

1}‘ gnia%do PCl exx1, 2—gniazdo PCI, 3 - gniazdo PCI ex x16, 4 - zintegrowane interfejsy, 5—zlgcze zasilania
Ptyty g}own_e]', 6 — gniazdo 1.GA procesora Intel, 7 - mostek potudniowy, § — interfejsy S-ATA, 9— mostek pét-
nocny, 10— interfejs ATA, 11 — gniazda pamieci RAM, 12— ztacze zasilania procesora
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Jak wida¢ na rysunku 30.1, elementy na plycie s3 odwrécone w poréwnaniu do ptyt
w standardzie ATX. Pomimo bardzo korzystnego rozwigzania zastosowanego w ptytach
gléwnych BTX standard ten nie przyjat sie na rynku. Przy zmianie ptyty gtéwnej nalezato
bowiem zmieni¢ zaréwno obudowe, jak i zasilacz, co powodowato dodatkowe koszty. -

to rodzaj plyt gléwnych wprowadzonych przez firme VIA z poczatkiem

2001 1. Ptyty sg niewielkich rozmiaréw. Stosuje sie je gléwnie w biurowych i domowych
komputerach multimedialnych.

Standard zaistniat dzi¢ki popytowi na tanie i mate komputery domowe oraz multi-
medialne. Komputery z ptytami ITX — pomimo swoich rozmiaréw — zawieraty gniazdo
procesora, 2 gniazda pamigci RAM, kilka interfejséw na dyski S-ATA, a nawet gniazdo
rozszerzen PCI express x16.

Gléwnym celem standardu mial by¢ niski pobér mocy komputera oraz pasywne bez-
glosne chlodzenie.

Rodzaje plyt:
ITX

Mini ITX
Nano ITX
Pico ITX

215 mm x 191 mm
170 mm x 170 mm
120 mm x 120 mm
100 mm x 72 mm

Plyta gtéwna w standardzie ITX

Jakie sg cechy charakterystyczne plyty BTX?
Jakie s3 rodzaje ptyt ITX?
Gdzie stosowano plyty ITX ?

6. Procesory
| ghiazda

= Gniazda procesoréw

® Procesory

® Procesory Intel. Czg$¢ 1

= Procesory Intel. Cze$¢ 2
® Procesory AMD. Czes¢ 1
® Procesory AMD. Cze$¢ 2




j I Gniazda procesoréw

S = e — R .

ZAGADNIENIA

= Typy gniazd procesoréw na ptytach gtéwnych
u Gniazda procesoréw Intel

= Gniazda procesoréw AMD

| Typy gniazd procesora
Rozwigzania plyty gléwnej zaleza od rodzaju procesora, ktéry jest na niej zamontowa-
ny. Do réznych typéw procesoréw stosuje sie rézne gniazda. Gniazdo procesora to rodzaj
zlacza na plycie gléwnej komputera, w ktérym umieszczany jest procesor. W zaleznogci
od rodzaju obudowy procesora wykorzystuje sie nastepujace typy gniazd: Socket (AMD),
LGA (intel). _

Gniazdo Socket (rysunek 31.1.a) jest najpopularniejsze. Nalezy ono do typu ZIF (ang.
Zero Insertion Force). Umozliwia fatwa instalacje procesora, bez uzycia sily. Ma mala dzwi-
gnie, ktéra stuzy do zaciskania procesora zamontowanego w gniezdzie,

Firma Intel opracowata nowy typ gniazda: LGA (rysunek 31.1.b). Montowany w nim
procesor znajduje si¢ w obudowie bez nézek i ma jedynie plaskie styki. Gniazdo LGA ma
wystajgce styki — nalezy na nich ostroznie zamontowac procesor, aby ich nie uszkodzi¢.

Rys. 31.1. Gniazda procesoréw: a) Socket, b) LGA

Gniazda procesoréw Intel

Na plytach gléwnych firmy Intel stosuje si¢ nastepujace gniazda:

* LGA775 (procesory Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium Extreme Edition,
Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron Dual Core, Xeon seria 3000,
Core 2 Quad).

EGA 1150 (procesory Intel Core i3, i5, i7, Intel Pentium Dual Core) 4, 5 generacja

LGA 11571 (procesory Intel Core i3, i5, i7, Intel Pentium Dual Core) 6, 7 generacja

LGA 1366 (procesor Intel Core i7).

LGA 2011 (procesor Intel Core i7).

Firma Intel jest producentem nie tylko procesoréw, ale réwniez zestawéw gk}adéw

sterujacych (chipsetéw) do ptyt gléwnych, kart graficznych oraz sa.m}fch plyt gtéwnych.

To obecnie gtéwny producent podzespotéw komputerowych na swiecie. o
Procesory i chipsety produkuje réwniez firma AMD. Jej plyty gléwne réznig sie od

plyt firmy Intel nie tylko gniazdami procesoréw, ale réwniez chipsetami..Firma, AMD,

wspélnie z producentami plyt gléwnych, stale wprowadza nowe technologie wspétpracy

ze swoimi procesorami. Jako pierwsza zastosowata zintegrowany z procesorem kontroler

pamieci oraz procesor 64-bitowy. Firma produkuje réwniez chipsety do ptyt gtéwnych oraz

chipsety kart graficznych.

Gniazda procesoréw AMD

Na plytach gtéwnych firmy AMD stosuje sie nastepujace gniazda:

o Socket 754 (procesory AMD Sempron, Athlon 64,).

Socket 939 (procesory AMD Sempron, Athlon 64, Athlon 64 X2,).

Socket AM2 (procesory Sempron, AMD Athlon 64, Athlon 64 X2,).

Socket AM2+ (procesory jak w AM2 i dodatkowo, Phenom X3, Phenom X4).
Socket AM3 (procesory AMD Sempron, AMD Athlon II X2, X3, X4, AMD Phenom II
X2, X3, X4,).

Socket AM3+ (procesory jak w AM3 i dodatkowo AMD FX X4, X6, X8).
Socket AM4 (procesory AMD RYZEN).

Socket FM1 (procesory AMD APU A4, A6, A8, A10)

Socket FM2 (procesory AMD APU A4, A6, A8, A10)

W dodatku A zamieszczono rysunki plyt gtéwnych oraz opisy gniazd procesoréw firm
Intel i AMD.

Skorzystaj z dostepnego zestawu komputerowego i sprawdz, w jakie interfejsy jest wy-
posazona plyta gléwna oraz jakie gniazda si¢ na niej znajduja. /

" W dodatku A zobacz, jak wygladajg gniazda pod procesory Intel i AMD. Na dostepnych
plytach gtéwnych sprawdz rodzaje gniazd pod procesory i okregl, z jakimi procesorami
beda wspélpracowaty.

Jakie znasz typy gniazd procesoréw?
" W jakich gniazdach s3 montowane procesory Intel?
W jakich gniazdach s3 montowane procesory AMD?
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Procesory

ZAGADNIENIA

= Definicja i funkcje procesora

= Podstawowe parametry procesoréw
= Budowa procesora

Budowa procesora

Procesor, nazywany takze czesto jednostky centralng (CPU — central processing unit), jest
sekwencyjnym urzgdzeniem cyfrowym. Wykonuje on bardzo szybko proste operacje (roz-
kazy) okreslone przez program. Rozkazy te tworzg zbiér operacji podstawowych, zwanych
lista rozkazéw procesora.

W funkcjonalnej strukturze procesora mozna wyréznic:
o uklad sterujacy przebiegiem wykonywania programu,
e jednostke arytmetyczna (arytmometr), wykonujaca operacje obliczeniowe na danych,
zespot rejestrow, w ktérych sg przechowywane dane i wyniki.

Procesor wykonuje nastepujace rozkazy:

kopiowanie danych,

dzialania na bitach (dziatania logiczne),

dzialania arytmetyczne, '
skoki (rozgatezienia) bezwarunkowe i warunkowe. . s

Zasada dziatania procesora

Na rysunku 32.1 przedstawiono schemat logicznej budowy procesora. Jednostka sterowa-
nia magistralg odpowiada za wspétprace procesora z pamiecig operacyjna RAM. Ma trzy
niezalezne magistrale: magistrale adresowa, magistrale danych i magistrale sterowania.
Dekoder rozkazéw odpowiada za odtwarzanie rozkazéw czekajacych w kolejce do wyko-
nania przez procesor. Dekoder wykorzystuje pamie¢ ROM, ktéra umozliwia dostep do
stownika ttumaczacego przyjmowane kody rozkazowe na sekwencje operacji do wykona-
nia przez procesor. Jednostka wykonawcza przyjmuje przekazywane do niej rozkodowane
instrukcje. Nastepnie instrukcje sa przetwarzane przez jednostke arytmetyczno-logiczna,
wspdlpracujaca z ukladem sterowania i zespolem rejestréw. Jednostka adresowa obstugu-
je m.in. pobieranie argumentéw rozkazéw. Wykorzystuje przy tym modul zarzadzania,
realizujgcy dostep do pamieci fizycznej zadanej przez procesor.

Zasada dziatania wspélczesnych procesoréw jest bardziej ztozona. Obecne procesory
moga by¢ wielordzeniowe. Oznacza to, ze w jednym uktadzie scalonym moga znajdo-
wac sie dwa (lub nawet wiecej) procesory przetwarzajace dane niezaleznie. Aby proces
przetwarzania danych przebiegal sprawnie, procesory wykorzystuja pamigci podreczne
cache.

Dane Sygnaly sterujgce

1l 1l !

Jednostka sterowania magistralg

kod programu

"(- 1 Pamiec
il

| ROM |

Dane l r
Jednostka —A
wykonawcza

Jednostka !‘-’ Dekoder
Y| adresowa i“— rozkazéw

Jednostka ‘ |
arytmetyczno- |
-logiczna

Aysaloy
<

Uklad
sterujgey

Rys. 32.1. Schemat logicznej budowy procesora

Trzy rodzaje pamieci cache

o L1 (level 1) — pierwszego poziomu, dla kazdego rdzenia oddzielna, zintegrowana z pro-
cesorem, umieszczona wewngtrz jego struktury.

o L2 (level 2) — drugiego poziomu, dla kazdego rdzenia oddzielna, umieszczona razem
z procesorem w jednej obudowie uktadu scalonego.

o L3 (level 3) — trzeciego poziomu, wspélna dla wszystkich rdzeni.

Uproszczone schematy logicznej budowy wspélczesnych procesoréw AMD i Intel
przedstawia rysunek 32.2.

AMD INTEL Core INTEL i7
CPUO cPUI I CPUO CPUT ] CPU—O CcPUI CPU2 CPU3
L1 cache 11 cache L1 cache L1 cache L1 cache | L1 cache ! L1 cache | L1 cache
L2 cache L2 cache L2 cache L2 cache L2 cache | L2 cache | L2 cache | L2 cache
L3 cache Magistrala wew. BSB L3 cache .

Systemowy inferfejs zapytar

Przetgcznik krzyzowy 1
il T I ! Magistrala Kontroler Magistrala
JL \i_ . [ FSB pamieci QP .
[ Magi e s y: '
Konroler || el Tl 11 1
el | transport ~ o '
ifll I
W S VS

Rys. 32.2. Uproszczony schemat logicznej budowy wspétczesnych procesoréw

Parametry procesora

o Czestotliwos¢ — okreéla taktowanie zegara sterujacego pracg procesora.

® Magistrala faczaca mostek z procesorem (AMD magistrala HT, Intel magistrala QPI).

® Mnoznik - liczba, przez kt6rag mnozy sie czestotliwo§¢ magistrali systemowej FSB
(ang. Front Side Bus) w celu ustawienia czestotliwosci procesora.
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Pamiec cache — pamieé podreczna procesora, dzieki ktérej skraca sie czas wykonania

rozkazéw przez procesor.
Typ gniazda.

Napiecia zasilania.

Pobér mocy.
Technologia wykonania.
Typ obudowy.

Przyktadowe parametry procesora

Czestotliwoéc¢ 3 GHz.

FSB 200 MHz.

Mnoznik x15.

Pamiec cache:

- L1,

- 12,

- L3.

Gniazdo, Socket AM2.
Napiecie zasilania 1,3 V.
Pobdr mocy 65 W.
Technologia wykonania 0,09 pm.
Typ obudowy SECC, PPGA.

Jak okreglany jest procesor i jaka funkcje petni?

Jak dziata procesor i z jakich elementéw sie sklada?
Podaj podstawowe parametry procesora.

Czym réznig sie pamieci cache L1, L2 1 L3?

f
1

Procesory Intel.
Czesc 1

ZAGADNIENIA

# Procesory firmy Intel

s Podstawowe réznice pomigdzy rodzinami procesoréw
s Technologie stosowane w procesorach Intel

& Analiza parametréw procesoréw

Firma Intel jest najwiekszym na §wiecie producentem uktadéw scalonych oraz twoérca mi-
kroprocesoréw z rodziny x86 (kolejno 16-, 32- i 64-bitowych). Mikroprocesory te znajduja
sie w wiekszoéci komputeréw osobistych.

Rodzina procesoréw Intel — kolejne generacje

Pentium 4 (gniazdo LGA 775).

Celeron D (gniazdo LGA 775).

Celeron D EMT 64 {gniazdo LGA 775).

Pentium D EMT 64 (gniazdo LGA 775) — dwurdzeniowy.
Pentium Dual Core (gniazdo LGA 775) — dwurdzeniowy.
Core 2 Duo (gniazdo LGA 775) — dwurdzeniowy.

Core 2 Quad (gniazdo LGA 775) — czterordzeniowy.
Pentium Dual Core (gniazdo LGA 1155);

Core i3 (gniazdo LGA 1155, 1156, 1150, 1151).

Core 15 (gniazdo LGA 1155, 1156, 1150, 1151).

Core i7 (gniazdo LGA 1155, 1156, 1150, 1151, 1366, 2011).

Wszystkie rodziny procesoréw Intel mozemy podzieli¢ na dwie zasadnicze grupy, ze
wzgledu na zastosowane w nich rozwigzania i technologie. Dzigki tym najnowoczesniej-
szym wzrasta wydajno$¢ procesoréw.

e Grupa 1 - starsze rozwigzania, procesory od Pentium 4 do Core 2 Quad.
e Grupa 2 — najnowsze rozwigzania, procesory serii i3, i5, i7.

Wraz z procesorami Pentium 4 Intel wprowadzit nows technologie HT (ang. hyper threa-
ding). Dzigki niej system traktowat procesor jako dwa logiczne procesory. HT zwigksza wy-
dajno$¢ obliczen prowadzonych réwnolegle (wykonuje kilka zadari jednoczeénie). Kazdemu
fizycznemu procesorowi system operacyjny przypisuje bowiem dwa procesory wirtualne,
ktére dzielg sie obliczeniami. Pamietajmy jednak, ze wzrost wydajnosci, a wiec faktyczne wy-
korzystanie tej technologii, zalezy w zasadniczym stopniu od mozliwo$ci oprogramowania.

Druga technologia zaimplementowana w procesorach Pentium 4 jest technologia Quad
Pumping. Pozwala ona przesyta¢ dane z predkoscia czterokrotnie wyzsza niz w wypadku
FSB (ang. Front Side Bus), a adresy z predkoscig dwukrotnie wyzsza.

Niedtugo potem Intel wprowadzit na rynek pierwsze procesory Pentium D. Zrezygno-
wano w nich z HT na korzy$¢ dwéch rdzeni w jednym fizycznym procesorze.
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Jeszcze nowsze i technologicznie bardziej zaawansowane procesory firmy Intel to
64-bitowe procesory Intel Pentium Dual Core, Core 2 Duo i Core 2 Quad. Nie wykorzystu- )
je sie juz w nich technologii HT, poniewaz sg w nich zintegrowane dwa lub cztery rdzenie. . Jakie technologie wykorzystuje si¢ w procesorach Pentium 4?

Nadal jednak stosuje si¢ technologie Quad Pumping. , Tle rdzeni maja procesory Pentium D?

7 jakim FSB pracujg procesory Intel Dual Core?
. Dlaczego w procesorach Intel Core 2 Duo nie stosuje si¢ technologii HT?
. 1le rdzeni majg procesory Intel Core 2 Quad?

Skorzystaj z dodatku B na koricu podrecznika i przeprowadz analize procesoréw In- |
tel Pentium 4 oraz Pentium D i Celeron D. Zauwaz, jakie technologie zastosowano :
W procesorze Pentium, a jakie w procesorze Celeron. Po wykonanej analizie wypeknij
w zeszycie tabele.

Pentium 4 |
seria 500 l | § ?

Pentium 4 :
seria 600 |

Celeron D

Pentium D
seria 800

SRS — S
Pentium D |
seria 900 | } !

e R -

Skorzystaj z dodatku B na koricu podrecznika i przeprowadz analize procesoréw Intel
Pentium Dual Core, Core 2 Duo i Core 2 Quad. Po wykonanej analizie wypelnij w zeszy-
cie tabele.

[

Intel Pentium !
Dual Core i |

Intel Core 2
Duo

Intel Core 2
Quad

Korzystajac z instrukcji dotaczonej do dostepnej plyty gléwnej wykonaj montaz proce-
soréw Intel i ustaw czestotliwosci.

W dostepnym komputerze sprawdZ parametry procesora Intel. Nastepnie skorzystaj
z dowolnego programu, np. , 1 przetestuj szybko$¢ dziatania procesora.
Skorzystaj z programu diagnostycznego, np. oraz , 1 sprawdzZ wszystkie
parametry procesora Intel w dostgpnym komputerze. Wykonaj testy. Nastepnie poréw-
naj wydajno$¢ z innymi testowanymi procesorami.
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smart cache
7arzadza pamiecia cache L3, ktéra dzieli pomigdzy rdzenie chcace w danej chwili z niej

P ro c e s o ry I n t e I i Korzystac. Jezeli istnieje taka potrzeba, rdzeft moze wykorzystac calq pamiec L3.

7F Hyper threading

C 2z SC 2 wielowatkowos¢ wrécila w procesorach serii i. Oznacza to, Ze kazdy fizyczny rdzen jest
Q widoczny w systemie jako dwa logiczne procesory. W przypadku procesora czterordzemo

wego daje to osiem logicznych procesoréw (watkéw).

GPU Intel

W rozwigzaniach procesoréw Intel zintegrowat kontrolery pamigci RAM oraz PCI Express. ]
ZAGADNIENIA ponadto wbudowat w niektére procesory dodatkowo uklad graficzny. Pozwala to korzysta¢ !
® Procesory Intel serii i z podstawowych funkji systemu operacyjnego bez montowania dodatkowej karty graficznej.

Procesory Intel serii i Oznaczenia procesoréw Intel serii i3, i5, i7

Kolejnym ogromnym krokiem technologicznym firmy Intel byto wprowadzenie proceso- Oznaczenia literowe
réw serii 1. W procesorach Intel serii i3, i5, i i7 stosuje sig nastepujace oznaczenia literowe: ;
Zostaty one wdrozone z nowymi technologiami i rozwigzaniami. Najpopularniejsze o K- odblokowany mnoznik procesora (swobodna mozliwo$¢ podkrecania) ‘

technologie procesoréw tej serii to:
Magistrala DMI.

Magistrala QPI

Turbo Boost.

Smart Cache. - .
Hyper Threading. Oznaczenia literowe notebookéw:

GPU Intel o M- oznaczenie wersji mobilnej procesora .

' o U —wersja energooszczedna dla wersji mobilnej procesora (zmniejszone TDP, np. 65W)

-Magistrala QP! (Quick Path Intercorrect) e Y —wersja super oszczedna dla wersji mobilnej procesora (zmniejszone TDP, np. 45W)
Umozliwia szybkie polaczenie punkt do punktu pomiedzy procesorem i zintegrowanym
kontrolerem pamieci.

S —wersja energooszczedna (zmniejszone TDP —ang. Thermal Design Power, np. 65W)
T — wersja super oszczedna (zmniejszone TDP, np. 45W)

R - uktad graficzny Iris Pro

P — brak zintegrowanej grafiki

Oznaczenia modeli

Przyklad: 13-3220T

-Magistrala DMI (Direct Media Interfejs) e 13 —rodzina procesoré6w

Stuzy do szybkiej realizacji polaczenia punkt do punktu pomiedzy zintegrowanym | ‘kontro- pierwsza cyfra (w tym wypadku 3) to generacja procesora

lerem pamieci a kontrolerem urzadzen 1/O na plycie gléwne;. druga cyfra (w tym wypadku 2) to model pod wzgledem wydajnosci
trzecia cyfra (w tym wypadku 2) to wydajnos¢ w serii

Turbo Boost ‘
T — wersja bardzo oszczedna

Technologia ta pozwala zwigkszac czestotliwos$¢ rdzenia lub rdzeni, gdy komputer potrze- [
buje wyzszej predkosci obliczeniowej. Na przyklad przy taktowaniu procesora 2,4 GHz
maksymalna predko$¢ turbo dla jednego rdzenia to 3,2 GHz, przy dwoéch rdzeniach — %
2,8 GHz, a przy czterech rdzeniach — 2,6 GHz na rdzefi. Technologie te zastosowano %
w procesorach Core i5 oraz Core i7.

Skorzystaj z dodatku B na koricu podrecznika i przeprowadz analize procesoréw Intel
serii i3, i5, i7. Po wykonanej analizie wypelnij tabele po przepisaniu ich do zeszytu

Intel i3 drugiej generacji

przedmiotowego.
Turbo na 4 rdzeniach Turbo na 2 rdzeniach Turbo na 1 rdzeniu
Dynamiczny limit
czestotliwosci
o trybu turbo
: = »
e Bazowa Intel i3 pierwszej generacji
W czestotliwosé A — - - S o

Bez wigczonych

| ] . -
s’ niektérych rdzeni ntel i3 trzeciej generacji

, Intel i3 j ji I
Rys. 34.1. Technologia Turbo Boost b jzanic) generac !
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S e B =




116

6. PROCESORY I GNIAZDA

Intel i3 pigtej generacji ‘

Intel i3 szbstej generacji

Intel i3 siédmej generacji

Intel i5 pierwszej generacji

Intel i5 drugiej generacji
Intel i5 trzeciej generacji |

Intel i5 czwartej generacji |

Intel i5 piatej generacji

S | — "

Intel i5 szdstej generacji

Intel i5 siédmej generacji

* Intel i7 pierwszej generagji

Intel i7 piatej generacji
Intel i7 széstej generacji

Intel i7 siédmej generacji

Skorzystaj z dodatku B i okre§l parametry procesoréw firmy Intel: Pentium 4 640 GHz,
Celeron D 340, Pentium D 830, Pentium D 935, Pentium Dual Core E5200, Core 2 Duo
E4500, E8300, Core 2 Quad 9300, Core i3-2120, Core i5-2400, Core 15-3550, Core i7-940,
Core i7-3820.

SPRAWDZ JA WIEDZE

Jakie technologie wykorzystuje sie w procesorach Intel serii i?

lle watkéw moze przetwarzad czterordzeniowy procesor serii i?

W jakim gniezdzie mozna zamontowa¢ procesor serii i drugiej generacji?
Co to jest Turbo Boost?

N } I -,

I
|
I
|

Procesory AMD.
Czesc 1

ZAGADNIENIA
= Procesory AMD

m Podstawowe réznice pomigdzy rodzinami procesoréw
u Technologie stosowane w procesorach AMD

= Analiza parametréw procesoréw

Firma AMD zaistniala na rynku mikroprocesoréw do komputeréw klasy PC dzieki uzy-
skanej od firmy Intel licencji na produkcjg procesoréw 16-bitowych 8086, 8088 i 80286.
Obecnie AMD jest gléwnym konkurentem firmy Intel w zakresie produkgcji procesoréw.

Rodzina procesoréw AMD - kolejne generacje
Sempron 64 (gniazdo Socket 754).

Athlon 64 (gniazdo Socket 754).

Sempron 64 (gniazdo Socket 939).

Athlon 64 (gniazdo Socket 939).

Sempron 64 (gniazdo Socket AM2).

Athlon 64 (gniazdo Socket AM2).

Athlon 64 X2 (gniazdo Socket AM2).
Phenom X3, X4 (gniazdo Socket AM2+).
Athlon II X2, X3, X4 (gniazdo Socket AM3).
Phenom II X2, X3, X4, X6 (gniazdo Socket AM3).
FX X4, X6, X8 (gniazdo Socket AM3+).
Ryzen (gniazdo Socket AM4)

APU - Llano X2, X3, X4 (Socket FM1).

APU - Llano X2, X3, X4 (Socket FM2).

Rodziny procesoré6w AMD mozemy podzieli¢ na dwie zasadnicze grupy:
Grupa 1 - starsze rozwigzania, procesory 64-bitowe do gniazd 754, 939, AM2.
Grupa 2 - najnowsze rozwiazania, procesory do gniazd AM3, AM4 oraz FM1 1 FM2.
Gdy firma AMD wprowadzita jako pierwsza na rynek procesory z architekturg 64-bito-
W3, osiggneta ogromny sukces. Procesory te mogly wykonywac instrukcje zaréwno 32-, jak
164-bitowe. Byly bardzo wydajne. Dzieki nowej technologii zmniejszono wydzielanie ciepta,
przez co procesory AMD przestaly sie przegrzewac. Ponadto rewelacyjnym rozwigzaniem
W procesorach 64-bitowych bylo zintegrowanie kontrolera pamieci RAM. Dzieki temu pro-
cesor mogt sie komunikowac z pamiecig z pominieciem mostka, co istotnie wptyneto na
wydajno$¢ nowych procesoréw AMD.

Pierwsze procesory 64-bitowe byty montowane do gniazda Socket 754, kolejne do gniaz-
da Socket 939. Gniazdo to obstugiwato procesory AMD Sempron, Athlon oraz nowe roz-
Wigzanie Athlon X2, czyli procesory dwurdzeniowe.
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Skorzystaj z dodatku B na koricu podrecznika i przeprowadz analize procesoréw AMD
do gniazd Socket 7541 939
Po wykonanej analizie wypehij w zeszycie tabelg.

Sempron 64 Socket 754
Athlon 64 Socket 754

Sempron 64 Socket 939

| Athlon 64 Socket 939

Podaj przyktady poznanych rodzin procesoréw AMD.
W jakich gniazdach montowano procesory AMD?
Czym r6znia si¢ procesory Athlon, Duron i Sempron?

Procesory AMD.
Czesc 2

ZAGADNIENIA
@ Parametry magistrali Hyper Transport
s Procesory AMD do gniazd AM2 i AM3

Procesory AMD montowane do gniazda AM2

Postep technologiczny wymusit na firmie AMD zmiane podstawki na AM2, w ktérej mon-
towano procesory Sempron, Athlon oraz Athlon X2. Procesory te miaty juz zintegrowany
kontroler pamieci DDR2.

Kolejnym krokiem w rozwoju procesoréw AMD byto wprowadzenie procesora AMD
Phenom z pamiecig cache trzeciego poziomu (L3). Procesory Phenom X3 i X4 byly mon-
towane do gniazda Socket AM2+. Symbol + nie oznaczat zmiany samej podstawki, lecz
informowat o nowych chipsetach, ktére obstugiwaly w pelni procesory Phenom. Procesor
Phenom, zamontowany w gniezdzie AM2, nie byl w pelni wykorzystany, poniewaz chipset
nie obstugiwat nowej magistrali HT (ang. Hyper Transport).

Magistrala Hyper Transport

Jest to magistrala punkt do punktu, czyli laczaca dwa urzadzenia szybka transmisjg da-
nych. Magistrala wystepuje w kilku wersjach, o predkosci od 800 MHz do 2,6 GHz. Umoz-
liwia potaczenie DDR, czyli przesylanie danych na dwéch zboczach sygnatu taktujacego.
e HT1.0-do 800 Mhz 12,8 GB/s

e HT2.0-do1.4GHz 224GB/s

e HT3.0-2,6GHz 41,6 GB/s

Procesory AMD montowane do gniazda AM3
Procesory AMD montowane do gniazda AM3 mialy juz zintegrowany kontroler pamieci
DDR3. Do tego gniazda mozna bylo zamontowac¢ procesory serii Sempron 11, Athlon II
X2, X3, X4, Phenom X3, X4, X6, X8.

Do gniazda AM3+ pasuje takze procesor FX, wprowadzony przez firme AMD.

Nowsza propozycja firmy AMD to polaczenie w jednym ukladzie procesora CPU oraz
ulktadu graficznego GPU. Rozwigzanie to jest znane pod nazwa APU lub AMD Lano.
W procesorach zintegrowane sg uktady graficzne ATI HD.

Skorzystaj z dodatku B na koricu podrecznika i przeprowad? analize procesoréw AMD
do gniazd Socket AM2 i AM2+.
Po wykonanej analizie wypelnij w zeszycie tabele.

A C—— SRS A




Sempron 64 Socket AM2
Athlon 64 Socket AM2
Athlon X2 64 Socket AM2
Phenom X3 64 Socket AM2+

Phenom X4 64 Socket AM2+

Skorzystaj z dodatku B na koncu podrecznika i przeprowadz analiz¢ procesor6w AMD
do gniazd Socket AM3 i AM3+.
Po wykonanej analizie wypemij w zeszycie ponizsza tabele.

Sempron 1l Socket AM3

Athlon 11 X2 Socket AM3

Athlon 11 X3 Socket AM3

Athlon 11 X4 Socket AM3 |
Phenom i X2 64 Socket AM3 I
Phenom lI X3 64 Socket AM3
Phenom I X4 64 Socket AM3 .
Phenom Il X6 64 Socket AM3

FX Socket AM3+

Skorzystaj z dodatku B na koticu podrecznika i przeprowadz analize procesoréw AMD
APU do gniazda Socket FM i FM2.

Skorzystaj z dodatku B i okresl parametry procesoréw firmy AMD: 64 3000+ Socket
754, Sempron 64 3500+ Socket 939, Athlon 64 3800+ Socket AM2, Athlon 64 X2 4400+,
5600+ Socket AM2, Phenom X3 8600+, Phenom X49650+, Athlon 11 X2 245, Athlon 11
X3 425, Athlon 11 X4 620, Phenom 11 X3 710, Phenom 1I X4 945.

Z pomoca instrukcji dolaczonej do dostepnej plyty gtéwne; wykonaj montaz posiada-
nych procesoréw AMD i ustaw czgstotliwosci.

W dostepnym komputerze sprawdZ parametry procesora AMD. Nastepnie skorzysta]
z dowolnego programu, np. CPU speed, i przetestuj szybkos¢ jego dziatania.
Skorzystaj z programu diagnostycznego, np. Everest, i sprawdz wszystkie parametry
procesora AMD w dostepnym komputerze. Wykonaj testy. Nastgpnie poréwnaj wydaj-
no$¢ z innymi testowanymi procesorami.

r

Podaj przyktady poznanych rodzin procesoréw AMD.
W jakich gniazdach montowano procesory AMD?

). Czym wyrdzniajg si¢ procesory AMD Phenom?

. Czym charakteryzuja sie procesory AMD APU?




/. Pamieci

® Pamieci
» Pamieci operacyjne RAM
# Pamieci ROM




Pamieci

Definicja pamieci

Réznica miedzy pamiecia wewnetrzng a zewnetrzng
Rodzaje pamieci RAM

Parametry pamieci RAM

Rozpoznawanie modutéw pamieci

Rodzaje pamieci operacyjnych

Kazdy komputer jest wyposazony w pamie¢, czyli elektroniczne ukdady stuzace do prze-
chowywania danych i programéw. Logicznie pamig¢ jest uporzadkowanym (ponumero-
wanym od 0) zbiorem elementarnych komoérek pamieci o okreslonej dtugosci. Wyboru
okreslonej komérki pamigci, np. w celu zapisu lub odczytu, dokonuje si¢ przez podanie jej
numeru, zwanego adresem. Ogélnie pamie¢ komputera dzieli si¢ na pamiec wewnetrzng
i pamiec zewnetrzna.

Pamie¢ stata (ROM, tylko do odczytu). Sa w niej przechowywane informacje niezbedne
do uruchomienia systemu operacyjnego. .
Pamie¢ operacyjna (RAM, dane mogg z niej by¢ odczytywane i do niej zapisywane). S3
w niej przechowywane programy, dane niezbedne do prowadzenia obliczen oraz wyniki
tych obliczen.

W systemie komputerowym jest tez wiele pamigci pehiacych funkcje pomocnicze, jak
pamieci podreczne procesora czy pamieci kart graficznych. Sg to zaréwno pamieci state,
jak i operacyjne.

okresla sie réwniez jako . Te funkcje spelnia m.in.
dysk twardy, CD, DVD, karta flash, pendrive.

Pamie¢ operacyjna to pamiec typu RAM (ang. random access memory), o dostepie swobod-
nym. Oznacza to, ze dostep do kazdej komoérki pamieci RAM jest mozliwy w dowolnym
momencie. Pamiec ta jest ulotna — po wytaczeniu komputera (lub awaryjnym zaniku na-
piecia zasilania) informacje w niej zawarte sg tracone. Dlatego wyniki pracy programow
powinny by¢ zapisywane w pamieci zewngtrznej, np. na dysku twardym.

W zaleznosci od budowy, zasady dzialania i technologii produkcji wyréznia sig pamiecl
dynamiczne (DRAM) i statyczne (SRAM).

vy h

(ang. dynamic random access memory — dynamiczna pamie¢ RAM) wy-
maga odéwiezania zapisanych informacji. Powoduje to zmniejszenie szybkosci dziata-
pnia pamieci. Ze wzgledu na prosta konstrukcje (jedna komérka pamigci zajmuje matg
Powierzchnie;) osigga ona do$¢ duzg pojemnodc. Pamie¢ DRAM stosuje si¢ jako pamied
operacyjna.

. (ang. static random access memory — statyczna pamie¢ RAM) to taka,
w ktérej raz zapisane informacje nie musza by¢ odéwiezane. Jest przez to szybsza od
pamie;ci dynamicznej. Dlatego czesto stosuje sie ja jako pamie¢ podreczng w procesorach
(m.in. jako pamie¢ podreczng L1, 1.2 lub L3), dyskach i innych urzadzeniach. Pojemnos¢
tej pamieci jest zazwyczaj nieduza ze wzgledu na skomplikowang technologie i wysokie
koszty produkcji. Pamie¢ SRAM jest okoto siedem razy szybsza niz DRAM.

Przelomowym typem pamieci stala sie pamieé DDR (ang. double data rate) oraz ko-
lejne jej wersje: DDR2, DDR3, DDR4. Jest ona modyfikacja dotychczas stosowanej pa-
mieci SDRAM (ang. synchronous DRAM — synchroniczna DRAM). W pamigci typu DDR
SDRAM uzyskano m.in. dwa razy wieksza przepustowosc niz w przypadku konwencjonal-
nej SDRAM typu PC-66, PC-100 i PC-133. Moduty s3 zasilane nizszym napieciem, dzigki
czemu uzyskano znaczgce ograniczenie poboru mocy.

W przypadku pamieci SDRAM mamy do czynienia z czgstotliwoscig rzeczywistg, ponie-
waz dane przesylane sg jedynie przy zboczu narastajacym. Pokazano to na ponizszym
rysunku.

. Przesylanie danych na zboczu narastajgcym w przypadku pamieci SDRAM

Natomiast w przypadku pamieci DDR dane przesytane sa na dwéch zboczach — nara-
stajacym 1 opadajacym.

A r A 4 A 4 A
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Przesylanie danych na zboczu narastajacym i opadajacym w przypadku pamieci DDR

Czestotliwoé¢ pracy pamieci w istocie sie nie zmienia, lecz dane przesylane sa dwa
razy szybciej. Dlatego tez czestotliwo$¢ pracy pamieci ustawiamy w BIOS-ie zawsze jako

rzeczywista.

Rozréznia sie nastepujace parametry pamieci RAM:
* Typ pamieci, np. DDR3.
* Pojemnosé, np. 4 GB.
¢ Pojemno$¢ maksymalna w kosci, np. 8 GB.
Szyna danych: 64 bit dla wszystkich pamieci RAM.
. S‘zybkos’é mierzona czasem dostepu, czasem cyklu odczytu/zapisu, szybkoscig transmi-
8ji, w szczeg6lnosci:
- czestotliwo$¢, np. 800 MHz
~ czestotliwod¢ efektywna — czyli podwojona czestotliwo$¢ pracy pamieci, np. 1600 MHz




— przepustowosc — okreslajaca ilog¢ danych przesylanych do pamieci w jednostce czasu
= 1600 Mhz x 8 B (64 bity)= 12800 MB/s

— CL (ang. CAS latency) — czas oczekiwania (tzw. opéznienie). 4 -, :. ' p a m i Qci o p e ra Cyj n e

Pobdr mocy.

Napiecie zasilajace. - | R A M
i
Przyktad pamieci: DDR3 4096MB PC1600 CL11 - j
| |
|
ﬁ | |
Jak okreslana jest pamie¢ w komputerze? ? ZA
Czym r6zni sie pamie¢ wewnetrzna od zewnetrznej? | u Rodzaje pamieci operacyjnych
Podaj rodzaje pamigci RAM. s« Rozpoznawanie pamieci operacyjnych
Podaj parametry pamigci RAM. Parametry pamieci operacyjnych
Jak nalezy rozpoznawa¢ moduty pamieci?
Wymieri rodzaje pamieci operacyjnych.
» DDR
» DDR2
» DDR3
» DDR4
| - podstawowe parametry
C s 184 styki.

[ ]

64-bitowa szyna danych.

» Pojemnodci: 64, 128, 256, 512, 1024 MB.

Czestotliwoéé: 133, 166, 200 MHz.

s Czestotliwod¢ efektywna: 266, 333, 400 MHz.

Zasilanie 2,5 V.

s Przepustowo$¢: 2133, 2700, 3200 MB/s.

» Oznaczenia: DDR-266 (PC-2100), DDR-333 (PC-2700), DDR-400 (PC-3200).

a

@

pamieci to zdolno$¢ do przesytania okreslonej ilogci danych w jednostce
czasu (czyli szybkos¢ przesylania danych w komputerze). Mozna jg obliczy¢ jako iloczyn
szeroko$ci szyny danych, wyrazonej w bajtach (B), oraz czestotliwosci efektywnej modutu
pamieci RAM.

Dla pamieci DDR-400:
Przepustowos$¢ = 400 MHz - 64 b =400 MHz - 8 B =3200 MHz - B = 3200 MB/s

| ) moduléw pamieci moga by¢ nastepujace:

DDR-333 (PC-2700)

W MHz. Natomiast w oznaczeniu PC-2700 liczba 2700 to przepustowos¢, wyrazona w MB/s.

| W oznaczeniu DDR-333 liczba 333 to czestotliwo$¢ efektywna pamieci, wyrazona
|
I
|




Jesli modut pamieci oznaczony jest jako PC-2700, warto$¢ 2700 jest przepusto-
woscig, wyrazong w MB/s. Aby obliczy¢ czestotliwo$¢ efektywng modutu, nalezy
podzieli¢ warto$¢ przepustowosci (tu liczbg 2700) przez liczbe bajtéw okreslajacg
szyne danych (64 bity, czyli 8 bajtéw). Zatem:

2700 / 8 = 333

Modut (184-stykowy)
pamigci operacyjnej DDR

Gniazda pamieci
operacyjnej DDR

- podstawowe parametry:
240 stykéw.
64-bitowa szyna danych.
Pojemnodci: 256, 512, 1024, 2048 MB.
Czestotliwos$¢ rzeczywista: 266, 333, 400, 533 MHz.
Czestotliwodd efektywna: 533, 667, 800, 1066 MHz.
Zasilanie 1,8 V.
Przepustowos¢: 4200, 5300, 6400, 8500 MB/s.
Oznaczenia: DDR2-533 (PC-4200), DDR2-667 (PC-5300), DDR2-800 (PC-6400),
DDR2-1066 (PC-8500). :

Modut (240-stykowy)
pamieci operacyjnej DDR2

racyjnej DDR2

- podstawowe parametry:
240 stykéw.
64-bitowa szyna danych.
Pojemnosci: 1, 2, 4, 8 GB.

Gniazda pamieci ope-

- w4
|

Cze;stotliwoéc' rzeczywista: 533, 667, 800, 933, 1000, 1066, 1200 MHz.

Czestotliwos¢ efektywna: 1066, 1333, 1600, 1866, 2000, 2133, 2400 MHz.

Zasilanie 1,5 V (wystepuja réwniez niskonapieciowe moduly DDR3L zasilane napie-
ciem 1,35 V).

Przepustowos¢: 8500, 10600, 12800, 15000, 16000, 17000, 19200.

» Oznaczenia: DDR3-1066 (PC-8500), DDR3-1333 (PC-10600); DDR3-1600 (PC-12800),
DDR3-1866 (PC-15000), DDR3-2000 (PC-16000, DDR3-2133 (PC-17000), DDR3-2400
(PC-19200).

Rys. Modut (240-stykowy)
pamigci operacyjnej DDR3

Rys . Gniazda pamieci
operacyjnej DDR3

Pamiec - podstawowe parametry:

o 284 styki.

« 64-bitowa szyna danych.

» Pojemnosci: 4, 8,16 GB.

» Rzeczywista czestotliwo$¢ : 266, 400, 333, 350, 375, 400, 415 MHz

» Czestotliwo$¢ magistrali: 1066, 1200, 1333, 1400, 1500, 1600, 1666 MHz.

» Czestotliwos¢ efektywna: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, MHz.
s Zasilanie1,2 V.

s Przepustowo$¢: 17000, 19200, 21300, 22400, 24000, 25600, 26700.

[ ]

Oznaczenia: DDR4-2133 (PC-17000), DDR3-2400 (PC-19200); DDR4-2666 (PC-21300),
DDR4-2800 (PC-22400), DDR4-3000 (PC-24000, DDR4-3200 (PC-25600), DDR4-3333
(PC-26700).

Hys. 38.7 Modut pamieci
operacyjnej DDR4

Rye . < .
wys - Gniazda pamieci

operacyjnej DDR4

Warto zwréci¢ uwage, ze pamieci DDR4 (rys. 38.7) maja zakrzywiona krawed, dzieki
£2€mu mozna je latwiej umieszcza¢ w gniazdach, co zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia.




Rozpoznawanie gniazd pamigci DDR na plycie gléwnej byloby trudne, gdyby nie to, ze |
na przecieciach zawsze jest podane napiecie pamieci, jakie nalezy tam montowad. Wystar- |
czy zapamieta¢, ze dla pamieci DDR to 2,5V, dla DDR2 -1,8 V, dla DDR3 - 15V, adla
DDR4-12V. Wtedy wlozenie pamieci do gniazd nie bedzie stanowi¢ problemu. i

n Na rysunkach ponizej pokazano, dlaczego czestotliwo$¢ taktowania pamieci ]?DR4 (szy-
. na point to point) jest tak niska w poréwnaniu z DDR3 (multi drop BUS). Ma'gl.strala P2p
| (point to point) DDR4 jest poczwérna, przez co czestotliwo$¢ magistrali pamieci jest cztero.
" Lkrotnie wieksza.
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| Schemat logiczny TR - 1 - !
‘ potaczenia procesora z mo- —
\ CPU ‘ dutami pamieci DDR3
T —‘ T 1
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). Schemat logiczny | . ' =
| | polaczenia procesora z mo-
] I | CPU dulami pamieci DDR4
i

Na rysunku ponizej przedstawiono poréwnanie pamieci od DDR do, ]?]?R4. Warto za-

uwazyé, Ze sa one jednakowej dtugosci, dlatego pamieci DDR najprosciej rozpoznawac

| po oznaczeniach i czestotliwosci. Réznica w budowie to przede.z Wszys'tk%m wciecie, ktor.e

L w kazdej z pamieci jest w innym miejscu. Konstrukcja taka uniemozliwia zamontowanie
nieodpowiedniej pamieci w gniezdzie. Od géry DDR, DDR2, DDR3, DDR4

Rys. 3 Napiecie pamieci na przecieciu gniazda: a) DDR (2,5 V), b) DDR2 (1,8 V), ¢} DDR3
(1,5 V), d) DDR4 (1,2 V)

—
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a) e | Y BN T 1. Poréwnaj parametry moduléw pamieci operacyjnej i uzupeij w zeszycie ponizszg tabele.

Liczba stykéw

b) ' Szerokosc szyny danych
|_Po-]emno§é | ’
% | Czestotliwoic¢ — zakres I . " h N }
I_&-Q5t0t|lwos'c efektywna — zakres E o |
<) 1{_
i

- Zasilanje
i |-
|
|

Przepustowosc — zakres

W Ozhaczenia

i. -Napiqc]e

Modyly pamigci:
a) DDR, b) DDR2, ¢) DDR3,
d) DDR4

$ % wﬁ’kﬂl‘z}-‘s‘mi dostepne plyty gléwne i naucz sie rozpoznawa¢ gniazda pamieci. Ktére
" moduly pamieci pasuja do gniazd na plycie gléwnej?




Uzyj dostepnych pamigci, zamontuj je W odpowiednich gniazdach. ‘ ‘
Przyporzadkuj podane oznaczenia pamieci do rodzaju modutu i okredl ich czestotli- ‘
wos¢ rzeczywista i efektywna oraz przepustowosc. Uzupehij ponizsza tabele po prze-
pisaniu jej do zeszytu przedmiotowego. |

I PC-4200 _ .
I‘D R3-1066 .
PC-2100

| PC-10600
| DDR2:800

DDR4-2666

o ] . _
}DDR3-2133 i | | | |

| PC3200

DDR2-667

Skorzystaj z programu diagnostycznego, np. , 1 sprawdz ws.zystkie parametry
pamieci operacyjnej dostgpnego komputera. Wykonaj testy. Nastgpnie por6wnaj wydaj-

no$¢ z innymi testowanymi pamigciami.

SPRAWDYZ SWOJA WIEDZE . h
Jakie znasz rodzaje pamieci operacyjnych? |
Jak odrézni¢ pamie¢ SDRAM od DDR?

Z jaka czestotliwoscia pracuja pamieci DDR2?

Jak rozpozna¢ pamiec po gniezdzie na ptycie gléwne;j?
Na czym polega czestotliwos¢ efektywna pamieci?

{
i
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Jak okreglana jest przepustowo$¢ pamigci? 1

39. PAMIECI RO

* Pamieci ROM

» Definicja pamigci ROM
» Rodzaje pamieci ROM
u Definicja BIOS

e

Pamiec (ang. Read Only Memory — pamiec tylko do odczytu) jest rodzajem pamieci
statej (nie ulotnej). Jej zawarto$¢ nie znika po wylaczeniu zasilania. Dane lub programy s3
w niej zapisywane podczas produkg;ji lub procesu programowania. W pamieci ROM s3 za-
pisywane: startowa sekwencja instrukcji komputera oraz oprogramowanie sterownikéw.

Zawartosci pamieci ROM, programowanej w procesie produkcyjnym, nie da si¢ zmie-
ni¢. Istniejg jednak pamieci przeznaczone tylko do odczytu, ktérych zawarto§¢ moze okre-
éli¢ sam uzytkownik. Sg to tzw.

s Pamied (ang. Programmable ROM) jest pamiecia stala tylko do odczytu, ktérej
zawarto$¢ uzytkownik moze zaprogramowac tylko raz. Dane s3 zapisywane przez elek-
tryczne przepalenie odpowiednich polaczent wewnetrznych. Pierwsze pamieci tego typu
byly programowane przez przepalenie cieniutkich drucikéw wbudowanych w strukture
(tzw. przepalanie polaczen).

¢ Pamied (ang. Erasable Programmable ROM) jest pamiecia tylko do odczytu,
ktdrej zawarto$¢ uzytkownik moze wielokrotnie skasowac i ponownie zapisa¢. Do za-
programowania tej pamieci jest potrzebne specjalne urzadzenie elektroniczne (progra-
mator). Pamieci tego typu sg montowane zwykle w obudowie ceramicznej z przezro-
czystym okienkiem ze szkla kwarcowego. Umozliwia ono skasowanie pamieci przez
naswietlanie §wiatlem ultrafioletowym.

» Pamieé (ang. Hlectrically Erasable Programmable ROM) jest pamiecig stata, kt6-
r3 mozna kasowac i programowac za pomocy sygnatéw elektrycznych. Produkowanych
jest kilka rodzajéw takich pamieci, r6zniacych sie sposobem kasowania i zapisu. Jed-
nym z nich jest pamiec . Pozwala ona na kasowanie i zapisywanie wielu
komérek pamieci o réznych adresach jednoczesnie, podczas jednej operacji programo-
wania. Oznacza to, ze pamieci flash sg znacznie szybsze od standardowych pamieci
EEPROM. Tamte bowiem umozliwialy zapisywanie i kasowanie tylko po jednej komor-
ce pamieci w cyklu programowania. Pamieci flash oraz EEPROM maja ograniczona
liczbe cykli kasowania. Przekroczenie tej liczby powoduje uszkodzenie pamieci.




Pamieci ROM: a) EPROM, b) EEPROM

Pamieci ROM najczesciej stosuje sie w przypadku BIOS-6w ptyt gtéwnych, kart graficz-
nych i innych urzadzen komputerowych.

Podstawowy system wejscia—wyjécia (BIOS ang. Basic Input—Output System) jest zapisany
w pamieci statej ROM. Zawiera zestaw procedur, ktére posrednicza pomiedzy systemem
operacyjnym a sprzetem komputerowym. Najnowsze wersje BIOS-6w sa zapisywane
w pamieci EEPROM, dzieki ktérej mozemy je w dowolnym momencie zmieni¢ na now-
$Z3 wersje.

T
TAE)

Rodzaje wspétczesnych kogci BIOS-u na ptytach gtéwnych

Bardzo czesto korzystamy z BIOS-u i zmieniamy w nim rézne ustawienia: bootowanie
urzadzei, czestotliwo§¢ pamieci i procesora itp. Jednak tak naprawde nie zmieniamy usta-
wiei BIOS-u, poniewaz jest to pamie¢ tylko do odczytu (ROM). W rzeczywistosci zmiana
ustawien jest zapisywana w specjalnej pamieci CMOS (ang. Complementary Metal-Oxide—-
Semiconductor). Zawiera ona dodatkowo ustawienia biezacej daty i godziny. Pamig¢ CMOS
jest ulotna, dlatego musi by¢ podtrzymywana przez baterie.

Zdefiniuj pamie¢ ROM..

Jakie wyrézniamy rodzaje pamieci ROM?
Scharakteryzuj BIOS i jego funkgcje.
Opisz pamigé¢ CMOS.

8. Uktady chipset

s Uktady chipset

= Ukfady chipset Intel

w Uktady chipset NVIDIA
u Ukfady chipset AMD/ATI




8. UKLADY CHIPSET

’ Uktady chipset |

ZAGADNIENIA

m Definicja chipsetu

m Producenci i rodzaje chipsetow
= Kontrolery zawierajace chipsety

|
i

R __,
Chipsety |
Chipset to ukfad lub zestaw ukladéw scalonych, wykonujacych wspélnie okreslone zada- E
nie. Organizuje przeptyw informacji miedzy procesorem a poszczegdlnymi podzespota-
mi jednostki centralnej. Od chipsetu zalezy w duzym stopniu wydajnosc i niezawodno$¢
komputera. Umieszczone na ptytach gtéwnych chipsety sktadajg sie zazwyczaj z dwéch
ukladéw — w starych rozwiazaniach ptyt gléwnych oraz z jednego — w nowszych rozwigza-
niach. Kontroluja one przeptyw danych miedzy poszczegblnymi podzespotami plyty glow-
nej i tworzg tzw. mostki.
Rozrézniamy dwa rozwigzania technologiczne: dwumostkowy i jednomostkowy.

Uktad dwumostkowy (rys. 40.1) ‘

L CPU

 vea [

[ | b e |
E-IDE W

MCH | | RAM —‘

] L |

]

i B =
’7 FIREWIRE | ‘ | | AUDIO 1 I

S-ATA I ICH ‘

Rys. 40.1. Schemat blokowy typowej plyty gléwnej z ukladem dwumostkowym

W sktad uktadu mostkowego wchodza:
o Mostek pétocny (northbridge), MCH. Odpowiada za wymiang danych miedzy pamiecia
operacyjna a procesoremn oraz steruje magistraly karty graficzne;j. |
o Mostek potudniowy (southbridge), ICH. Odpowiada za wspétprace z urzgdzeniami wej- |
$cia-wyjécia, takimi jak dysk twardy, karty rozszerzenh czy interfejsy zewngtrzne (np. E
USB, Ethernet). 1

Uktad jednomostkowy (rys. 40.2) to taki, gdzie bezposrednio do procesora — poprzez
wbudowane kontrolery — s3 dolaczone pamie¢ RAM oraz karta graficzna, natomiast do
mostka sg podlaczone pozostate elementy.

‘ Procesor l RAM .
VGA e — ]
L amver [ [
Magistrala
[ USB 2.0i3.0
- ‘ Sata 3
PCl express 3.0 ! Chipset _—
‘ HD Audio f_ Karta sieciowa GB

Rys. 40.2. Schemat blokowy plyty gléwnej pod procesory Intel lub AMD z jednym mostkiem !

Chipset (mostek) moze zawiera¢ kontrolery (sterowniki) nastepujacych elementéw: |
Pamigci RAM,

CPU (w tym obstluga pamieci cache L1).

Pamieci cache L2.

Magistral PCI/AGP, PCI Express.

Przerwan IRQ. 1
Kanatéw DMA.

Dyskéw ATA/ATAPI (IDE /EIDE), Serial ATA.

Klawiatury, myszy (gniazdo PS/2) i innych urzadzen zewnetrznych (np. gniazda USB,
FireWire). |

Producenci chipsetéw:
o AMD/ATL
o Intel.

Ob,aj 'w.ymi.enieni producenci obecnie produkujg chipsety dla/do wtasnych procesoréw. |
Wezedniej chipsety produkowaly réwniez firmy: NVidia, VIA i SIS.

Skorzystaj z dostepnych plyt gléwnych i ocen, jaki wpltyw majg chipsety na dziatanie
komputera i podzespotéw. Ktére szyny na plycie s3 najbardziej obcigzone?

. Ktére podzespoly na plycie komunikujg sie z mostkiem pémocnym, a ktére z potudnio-
wym w ukladzie dwumostkowym? Wypelnij tabele w zeszycie.

Mostek pétnocny MCH

Mostek potudniowy ICH
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Ktére podzespoty na plycie komunikuj sie z procesorem, a ktére z mostkiem w ukda-
dzie jednomostkowym? Wypehij tabele w zeszycie.

E— ; |

mostek

1
! |
| procesor |

Jak definiuje sie chipset? _
Ile chipsetéw spotykamy na plytach gtéwnych? Jakie to chipsety?
Jakie kontrolery mogg zawiera¢ chipsety?

Wymieti producentéw chipsetéw plyt gtéwnych.

Uktady chipset Intel

ZAGADNIENIA
# Chipsety firmy Intel .
# Schematy blokowe chipsetéw Intel

Rozwdj chipsetéw firmy Intel

Poczatkowo firma Intel produkowata kolejne wersje chipsetéw model X. Obstugiwaty one
r6zne procesory, a co za tym idzie — r6znity si¢ obstugg FSB, rodzajem i ilo$cig obstugi-
wanej pamieci oraz standardem gniazda AGP. Magistrala taczaca mostek péinocny i potu-
dniowy to magistrala PCI o przepustowosci 133 MB/s. Kolejna seria chipsetéw to rodzina
Intel 800. Pierwsze wersje obslugiwaly procesory do gniazd Slot 11 Socket 370. Byly to
unowocze$nione chipsety serii X z magistrala PCI pomiedzy mostkami MCH i ICH.

W chipsetach serii i845 i nowszych zastosowano szyne o przepustowosci od 266 MB/s,
faczaca mostek péinocny i potudniowy. Pozwolito to na przekazywanie coraz wigkszej ilo-
éci danych. Magistrala ta zastapita wystuzong magistrale PCI, ktéra byta niewystarczajaca
do nowszych zastosowar.

Seria chipsetéw Intel 900 zostala wprowadzona na rynek ze wzgledu na koniecznos¢
zmiany kontroleréw pamieci na DDR2. Jak w kazdej rodzinie, byto tu kilka chipsetéw — od
najstabszego i najtafiszego do najlepszego i najdrozszego. Chipset najstabszy byt przej-
$ciowy, co znaczy, ze mogt obstugiwad starsze i nowsze pamieci. Dodatkowo chipset 1915
moégl obstugiwad karty graficzne z gniazdem AGP lub PCI Express. Najwyzsze modele
obstugiwaty tylko najwyzsze modele procesoréw oraz najszybsze pamieci, a takze karty
graficzne w trybie SLI lub Crossfire. §

Seria chipsetéw P oraz G (tabela 41.1) to chipsety wczesniejszej serii 900, zmodyfiko-
wane, zeby mogly obstugiwac pamieci: szybszag DDR2 oraz nowsza DDR3. Najwyzsze
modele obstuguja juz do 16 GB pamieci RAM oraz maj3 zintegrowane karty graficzne
serii GMA.

Tabela 41.1. Chipsety serii P, G obstugujace gniazdo Socket T (LGA 775)

Chipset Rodzaj obstugiwanych Radeal llosc

. FSB [MHz] obstugiwanej pamieci
procesorow S
pamigci [GB]

P31 Pentium Dual-Core, 200,266 | DDR2667,800 | 4 PCle x16 |

Core 2 Duo, Core 2 Quad E 1 }

- S —— J | _—— et

P35 Pentium Dual-Core, 200, 266, DDR2 667, 800, 8 PCle x16

Core 2 Duo, Core 2 Quad 333 1066

|,




P43

U

'
i

Rodzaj obstugiwanych
procesorow

i
| Core 2 Duo,
‘ Core 2 Quad

.
Core 2 Duo,

Core 2 Quad

Pentium Dual-Core,
Core 2 Duo, Core 2 Quad

e

Pentium Dual-Core,
Core 2 Duo,
Core 2 Quad

Pentium Dual-Core,
Core 2 Duo,
Core 2 Quad

Core 2 Duo,
Core 2 Quad

( PCl ex x16
lub

2xPC|exx8J
r 12xUSBZO

6 x S-ATA 2

j

INTEL HD
AUDIO

200, 266,
333

200, 266,
333

200, 266,

333

200, 266,

333

200, 266,

333

200, 266,

333

f’ij

obstugiwanej
pamieci

DDR2 667,800 |
DDR3 800, 1066 l

DDR2 667, 800
DDR3 800, 1066,
1333

DDR2 667, 800,
1066

DDR2 667, 800,
1066

DDR2 667, 800,
1066

DDR2 667, 300
DDR3 800, 1066,

pamieci
[GB]

16 | PClexi6
|

16 1xPCle x16 lub
8 2xPCle x8

4 ? PCle x16 zint.
i% GMA 3100
8 PCle x16 zint.
GMA 3100
!
8 | PCle x16 zint.
ll GMA 3500

16 PCle x16 zint.
8 GMA 4500

P45 ‘
MCH

Po wprowadzeniu procesoréw setii i Intel musiat

_ 1156 (procesory Intel 1 generacji).
Chipsety obstugujace to gniazdo przedstawiono w tabeli 41.2.

|

l Rys. 41.1. Schemat blokowy plyty gléwnej z chipsetem Intel P45

; l DDR2 LUB DDR3 |

J

‘ DDR2 LUB DDR3

6 X PClex x1
— -
l GIGABIT LAN
RAID

zmieni¢ gniazdo procesora na Socket

= B . - B
L
Tabela 41.2. Chipsety obstugujgce gniazdo LGA 1156
Rodzaj D | | I
obstugiwanej <1 R3 DDR3 DDR3 | DDR3 ‘
i maks 1333 MHz | maks 1333 MHz | maks 1333 MHz i maks 1333 MHz |
16 GB 16 GB 16 GB 16 GB
Magistrala DMI 2GB/s _
Cle 2.0 -
IT PCle 1x16 / 2x8— 1x16 1x16 1x16
8 6 8
Gniazda USB 2.0 14 12 T . ) 14
e — = s - -
Porty SATA2 6 6 3 6
i i
Lo = s - ot
tak (opcja) nie nie tak (opcja)

przedstawia tabela 41.3.

Cecha [ chipset

Bridge

! Tabela 41.3. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1155, seria 6, Sandy Bridge

|
I Koleinq seria chipsetéyv byta seria procesoréw Intel do gniazda LGA 1155 obstuguja-
ca architekture Sandy Bridge (procesory Intel 2 generacji). Chipsety obstugujace te serie

DDR3 maks.
ios¢ | loty 32 GB/4 16 GB/2 32 GB/4 , 32 GB/4 32 GBJ4 32 GB/4
PCle 2.0 1x16 1x16 1x16 1x16 ;;‘:BG(S"EB 2?’26 é“Lb
o I
| B 1 x8 (SLI)
8 6 8 8 t 8 8
Gniazda , T = ]
USB 2.0 12 ‘ 10 14 : 14 14 14
SATA2/S n - B 1 2z a2 .
[SATA3 e 4N | _ﬁ) ) _4/_2 ! 4/2 4/2 4/2 i
Obstuga PC| tak nie tak | nie :ie . *"““‘;ie“‘““ i
. - . | S i - - ; T ~.:
ie nie ,__Ek o _I —tik | tak | tak [
Obstuga Ivy o K } ‘ |
ta tak tak [ tak

magistrala DMI 2.0 4 GB/s obstuga Dual Channel, zegary pamieci do 1333 MHz
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Intel Core DDR3
| Procesor
PCl ex x16 \
| Intel HD r |
Graphic B DDR3 !
a———t —
DMI 4 GB/s
N ——— ] [
‘ 14 x USB 2.0 ‘ ‘ l i 8 X PClex x1
_ | chipset — -
'_ _‘ INTEL HD
2 X S-ATA3 , AUDIO
| |

Rys. 41.2. Schemat blokowy ptyty gtéwnej z chipsetem Intel H67

Ivy Bridge to kontynuacja udanej architektury Sandy Bridge (procesory Intel 3 genera-
cji). Zasadnicza réznica migdzy nimi polega na technologii wykonania. Sandy Bridge jest
wykonana w technologii 32 nm (nanometry), a Ivy Bridge w technologii 22 nm. Chipsety
obstugujace mikroarchitekture procesoréw Ivy Bridge przedstawia tabela 41.4.

!

Tabela 41.4. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1155, seria 7, Ivy Bridge

| ;

DDR3 maks. ; i
ol B/4 2
ilos¢ / sloty 32GB/A i 32GB/4 1 32GB/4 J 32GB/4 | 3 GB/ 32GB/4

1x16'lub 2x8
. 1X16 1x16 1X16 wae o XElb b
i 2x8
2x4
Pozostate PCle 8 slotéw w wersji 2.0
Gniazda USB
4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4
2038 8 of / / of /
SATA2 | SATA3 501 5/1 42 42 472 42
Obstuga PCi . Tak tak tak nie nie nie
Tak tak tak tak tak E tak
|
Wspélne magistrala DMI 2.0 4 GB/s, obstuga Dual Channel, zegary pamieci do 1600 MHz

Do obstugi procesoréw Inel 41 5 generacji s stosowane chipsety Intela serii 81 9 przed-
stawione w tabeli 41.5.

.U ET INTEL

i
1
i
i
|
{

Tabela 41.5. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1150 !

chipset mn

R3 maks. ] |
DD 16 GB/2 | 32GB/4 | 32GBJ4 | 32GBJ4

: i ] i
os¢ | sloty | 32GB/4 | 32GBj4 | 32GB/4 ( 32GBJ4 |
N T_ o N ][ - SR S — ok
i 1x16 lub % 116 lub
1x16 1x16 1x16 1x16 1x16 2x8 lub ‘ 2x8 lub
1 1x8 + 2x4 X6 | 1x8 + 2x4
) ] ! 1o I I
6 slotéw 1
Pozostate PCle IRVAWDISITE 8 slotéw w wersji 2.0
2.0
Gniazda USB T B N i -
niazda |
7030 82 | 84 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6
S e 4_,“ | | -
SATA2 / SATA3 [ET IR 7! ; 24 1 /0 6/0 J 60 | 60 6/0 T
i i H
- L : _ L R
Obstuga PCl nie | nie | nie nie nie nie nie nie
nie i nie nie 1 t—;; k --------- i tak tak tak thﬁ k
a
—— ] _
Wspélne magistrala DMI 2.0 — 4 GB/s, obstuga Dual Channel i
PCl ex x16 3.0
" Intel Core . |
Procesor 4 gen. | DORS
2xPCl ex x8 3.0 ‘
lub Intel HD | . DDR3 ‘

Oraz 2 x PCl ex

1 x PCl ex x8 Graphic ’

!
DMI 4 GBfs §
8 x USB 2.0 8 XPClex20x1 | l
6 x USB 2.0 e GIGABIT LAN !
chipset |
6 x S-ATA 3 INTEL HD
AUDIO

Rys. 41.3. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem Intel Z87

Po wprowadzeniu na rynek procesoréw Intel 6 jii j i
P generacji ich obstuge przejety chipse
serii 100 przedstawione w tabeli 41.6. g preciely chipsety
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i

Tabela 41.6. Chipsety obstugujgce gniazdo LGA 1151 seria 100 :

DDR4 maks. :
| iIOS'é/S|0ty 64 GB/2 64 GB/4 64CB/4 64GBf/4 64GB/4 64GB/4
1x16 lub  1x16 lub
PCle 3.0 1x16 1x16 1x16 1x16 2x8 lub 2x8 lub
1x8 + 2x4  1x8 + 2x4

I 8slotéw 10 slotéw 16 slotéw 20 slotéw | 20 slotéw

Pozostate PCle 6 slotéw w wersji 2.0 wwersji  wwersji  wwersji | wwersji | w wersji |
3.0 3.0 30 J 3.0 i 30 |
Gniazda USB
20730 4710 6/12 8/14 8/14 10/14 10/14
‘ T i 1
SATA3 4 6 6 6 6 6
; 1
Obstuga PCe ) . )
g nie nie nie 2 3 3
m nie nie nie tak tak tak

magistrala DMI 2.0 - 5 GB/s,

s el e magistrala DMI 3.0 — 7.9 GB/s, obstuga Dual Channel

Natomiast chipsety Intel serii 200, przedstawione w tabeli 41.7, pod gniazdo LGA 1151
obstugiwaty procesory Intel Core 7 generacji.

Tabela 41.7. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1151 seria 200

Cecha |

DDR4 maks.
ilo$¢ [ sloty

64 GB/4 64 GB/4 64 GB/4 64 GB/4 64 GB/4

!
|
% 1x16 lub 2x8 1x16 lub 2x8

i 116 16 116 lub1x8 + 264 lub1x8+2x4
| w | w | '
Pozostate PCle 12 sIoEow | 14 sIoF.ow 20 slo.t_ow 24 slgty 24 sIc.>.ty
w wersji 3.0 1 w wersji 3.0 w wersji 3.0 w wersji 3.0 w wersji 3.0
Gl 22 410 612 8/14 8/14 10/14
- | ]
6 6 6 ! 6 6
— — 4 - 4
1 1 2 3 3
! i
nie nie tak ! tak ! tak

magistrala DMI 3.0 — 7.9 GB/s, obstuga Dual Channel

Intel Core
Procesor 7 gen.

Intel HD

{I—

L PClexx16 3.0

L——
DMI 7,9 GB/s
8 x USB 2.0 ’_
Intel H270
14 x USB 2.0 }
chipset
L 6 x S-ATA3

Rys. 41.4. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem Intel H270

Jakie znasz rodziny chipsetéw Intel?
Czym r6znig sie rodziny chipsetéw Intel?
Jakie s3 réznice pomiedzy chipsetami tej samej rodziny?

| DDR4

L DDR4

20 X PClex 3.0 x1

GIGABIT LAN

INTEL HD
AUDIO

4. Jakie najnowszé architektury zastosowat Intel w swoich procesorach serii i?

Narysuj wybrany chipset z kazdej serii procesoréw Intel.
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~ Uktady chipset NVIDIA

ZAGADNIENIA
u Chipsety firmy NVIDIA
m Schematy blokowe chipsetéw NVIDIA

Firma NVIDIA odniosta ogromny sukces przy wspétpracy z firma AMD. Wprowadzita na
rynek jednouktadowe chipsety serii nForce3, 4, 5, 6, 7 (tabela 42.1). Technologia szyny Hy-
per-Transport w przypadku procesoréw AMD byta szybsza od proponowanych technologii
innych firm.

Tabela 42.1. Chipsety nForce 3,4,5,6,7

Rodzaj

Rodzaj Hos¢

Chipset obstugiwanych F[?v?ll_:]T obstugiwanej obstugiwanej VGA JIBT
procesorow pamieci pamieci [GB] [ME/s]
nForce3 Athlon 64 ‘ ! !
, PC266, PC333 :
800 : o 2 AGP x8 1600
(Socket 754) Sempron 64 PC400 DDR
nForce4 Athlon 64,
(Socket 939) PC266, PC333,
! Sempron 64, 800 PC400 DDR 4 PCle x16 1600
Athlon 64 X2
nForce5 Athlon 64, |
(Socket AM2) 1600, PC533, PC667, | PCle x16
Sempron 84,1 5500 PC800 DDR2 | 8 sl .
Athlon 64 X2 |
— i
nForce6 Athlon 64
’ PC533, PC667,
ket AM2 ! !
S Sempron 64, || 1909 PC800, PC1066 4 PClexi6 | 4900
2000 DDR2 SLI
Athlon 64 X2-
nForce7 Athlon 64, {
(Socket t
S 64 |
AM2+) TR 400 PC533, PCEE, | | PClex16
Athlon 64 X2, ’ PC800, PCI066 | 8 | e X® 10200
5200 DDR2 | SLI
Phenom X3, |
Phenom X4

[ S—
i
'
i
!
._4,‘ N
|
P
i
b

= 6,4 GB/s _
RAM DDR2
AMD 6,4 GB/
Socket AM2 " I
RAM DDR2
HT 4000 MB/s
— 4 GB/s e
PCl ex x16 PCI
( usB NFORCE 5 E-IDE

TS-ATA ' ' AUDIO

fys, 42.1. Schemat blokowy ptyty gléwne;j z ukladem nForceS

Modele chipsetéw nForce5 pod procesory AMD:
nForce 520.

nForce 550.

nForce 560

nForce 570 SLI.

nForce 590 SLI.

Modele chipsetéw nForce6 pod procesory AMD:
nForce 630a — zint. GPU GF7050, PClex 2.0, HT 2.0, S-ATA 3.0.
nForce 680a — PClex 2.0, HT 2.0, S-ATA 3.0, SLIL

Modele chipsetéw nForce6 pod procesory Intel:

e nForce 630i.
e nForce 6501 SLI.

o nForce 680i Quad Core CPU, SLI, S-ATA 3.0.

Modele chipsetéw nForce7 pod procesory AMD:

nForce 720a — zint. GPU GF8200, PClex 2.0, HT 3.0, hybrid SLI.
nForce 730a — zint. GPU GF8300, PClex 2.0, HT 3.0, hybrid SLI.
nForce 750a — zint. GPU GF8200, PClex 2.0, HT 3.0, SLI.
nForce 780a — zint. GPU GF8200, PClex 2.0, HT 3.0, Triple SLI.

Modele chipsetéw nForce7 pod procesory Intel:
o nForce 750i — FSB 1333, DDR2 do 8 GB, PClex 2.0, Dual SLI.
e nForce 780i — FSB 1333, DDR2 do 8 GB, PClex 2.0, Triple SLI.
e nForce 790i — FSB 1600, DDR3 do 8 GB, PClex 2.0, Triple SLI.

o

1. Jakie znasz rodziny chipsetéw NVIDIA?
2. Czym réznig si¢ rodziny chipsetéw NVIDIA?
). Jaka jest réznica miedzy uktadami jedno- i dwumostkowymi NVIDIA?
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| | Tabela 43.2. Chipsety AMD 790

Uktady chipset
) AMD/ATI

Rodzaj obstugiwanej DDR3 1666+ MHz DDR3 1866+ MHz DDR3 1866+ MHz

pamieci _ =
Maks. ilo$¢ pamieci 16 GBJ4 16 GB/4 1 16 GB/4
sloty 2
ZAGADNIENIA Magistrala (MHz) 2600 [HT 3.0] |
u Chipsety firmy AMD Radeon 3300 (DirectX 10) l brak brak i
i
R_OZW(Sj ;hipsc;téw ﬁr_my AMD 2x PCle 2.0 x16 2x PCle 2.0 x16 do 4 PCie 2.0 x16
Firma AMD wprowadzita na rynek pierwsze udane chipsety w roku 1999. Byla to seria ob- CrossFire X
v . ; 8
stugujaca procesory AMD do gniazd Slot i Socket A. Dopiero po wykupieniu przez AMD CrossFire + (Hybrid x8+x8) + (x8 +x8) J (dual x16 or quad x8)
firmy ATT wprowadzone chipsety pod 64-bitowe procesory AMD odniosty zaplanowany i _
sukces. Niemniej jednak w tym czasie byty na rynku bardzo udane chipsety nForce, z kt6- B
rymi AMD konkurowat. |
Chipsety AMD seria 5, 6, Socket AM2/AM2+ | Chipsety AMD seria 8, Socket AM3/AM3+
Ukdady tej serii bazowaty na dwéch chipsetach: pétnocnym i potudniowym. | . )
Chipsety serii 5 obstugiwaty procesory AMD Sempron, Athlon i Phenom z uzyciem | Tabela 43.3. Chipsety AMD seria 8
magistrali HT 2.0 (1000 Hz). Chineet eecha 380G 890GX 890FX
Seria chipsetéw AMD 6 obstugiwata te same procesory z uzyciem magistrali HT 2.0 P
SOC;) 1ubX11(;00 Hz). Ponadto chipsety serii 6 miaty zintegrowany uklad graficzny serii Rodzaj obsffug.iwanej DDRI\ZHZ(Z)OO+ DDR3 20004 MHz | DDR3 2000+ MHz DDRI\Z |_2‘(Z)OO+
adeon X12xx. pamieci I+ - _][ o
Chipsety AMD seria 7, Socket AM3/AM3+ Maks. ilos¢ pamieci |
) S . . . . . 4 16 GB/4 16 GB/4
W najnowszych rozwigzaniach z rodziny chipsety firmy AMD do gniazda Socket AM3 sloty 16 GB/4 16 GB/ 1 f .
nie maja juz prawie konkurencji. Tabele 43.11 43.2 przedstawiajg najnowsze chipsety ob- j r B 2 0; HT—3 0
stugujace to gniazdo. Podobnie jak w wypadku innych rozwiazan, modele najnizsze maja Magistrala (MHz) [HT3.
stabsze mozliwosci, a przez to s3 mniej wydajne — lecz za to niedrogie. Chipsety z literg G ) Radeon HD 4250 Radeon HD 4290 brak
maja wbudowany uktad graficzny. bra (Directx 10.1) (DirectX 10.1)
N le 2.0
Tabela 43.1. Chipsety AMD seria 7 E xPCle20x16  1x PCle 2.0 X16 2xPCle20x16 04 ;CG ¢
Chipset / cecha 740G 760G 770 785G | - 656 |
SIS ] DDR2 do 1066 DDR31333+ | DDR31666+ bOR3 13005 1T ’ CrossFire - Hybrid | X8 +x8 lub x8 quad
pamieci MHz MHz MHz * ‘
! = = | e + + + +

Maks. ilos¢ pamieci

| sloty SATA3 (6 GB/s) i USB 3.0 (opcja)

2600 [HT 3.0] 2600 [HT 3.0] 2600 [HT 3.0]

|
8 GB/2 | 8 GB/2 i 16GB/4 16 GB/4
!

Magistrala (MHz) 1000 [HT 2.0]
Rad.egn 2100 | Rac:.leon 3000 E brak Rade_on HD 4200 Chipsety AMD seria 9, Socket AM3/AM3+ o L '

_(DirectX9) | (DirectX10) | — ] (Disect gl W serii chipsetéw AMD 9 (tabela 43.4) zostaty zastosowane najnowoczesniejsze rozwigza-

PCle 1x PCle 1.1 x16 1x PCle 2.0 x16 1x PCle 2.0 x16 2x PCle 2.0 x16 nia technologiczne, ktérym dysponuje firma. Sg to najwydajniejsze uklady dla najbardziej

CrossFire ' 4(Hybrid) = + (Hybrid x16+x4) wymagajacych uzytkownikéw. Pracuja one wylgcznie z uzyciem zewnetrznych kart gra-

L — il ficznych. Najwieksza wydajno$¢ uzyskamy, jesli skonfigurujemy jednostke centralng na
| | N, platformie z uzyciem chipsetu, procesora i karty graficznej firmy
I - — . — -

T T T {
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Tabela 43.4. Chipsety AMD seria 9

Rodzaj obstugiwanej

Tug DDR3 do 2000 MHz ] DDR3 do 2000 MHz DDR3 do 2000 MH, !
pamieci i |
~——— |
Maks. ilos¢ pamieci/sloty 32 GB/4 32 GB/4 | 32 GB/4 |
Magistrala (MHz) 2600 (HT 3.0); 3200 (HT 3.1) (rodzina Bulldozer)
brak

Tx PCIe20x16 2x PCle 2.0 x16 4x PCle 2.0 x16 !
S Sl . o i

CrossFire x8 + x8 i x8 + x8 x16 £l

lub x8 quad
) x16 + x16 lub x16 + %8 +
- Ji X8+ x8 x8 lub x8 quad ]
+ ‘ + + | |
=t i = ..

—

obstuga SATA 3 (6 GB/s); RAID

¥ 9. Magistrale

Najnowsze rozwiazania technologiczne firmy AMD zostaly zastosowane w chipsetach

serii A55 1 A75 (tabela 43.5). Procesory AMD APU ze zintegrowanym ukladem graficz- 4
nym serii Radeon 6xxx obslugiwane sg przez chipsety serii A55 1 A75. I g n I a Z a rOZ S Z e rZ e n
Tabela 43.5. Chipsety AMD A551i A75

Chipset [ cecha AS5 A75

Rodzaj obstugiwanej ® Magistrale i gniazda rozszerzen
b DDR3 .
pamieci ® Magistrale PCI Express

32 GB/4 (wsparcie w czesci phyt

Maks. ilo$¢ pamiecifsloty 32GB/4 do 64 GB — 16 GB kosci)

Magistrala UMI 2 GB/s

1x16 PCle 2.0
4x1 PCle 2.0 |
USB 3.0/2.0 014 410 )

SATA 6 SATA2 (3 GB/s) 6 SATA3(6 GB/s)
' 01,10

obstuga CrossFire

Jakie znasz rodziny chipsetéw AMD?
Czym réznia sie rodziny chipsetéw AMD?
Jakie procesory sa obstugiwane przez chipsety do gniazd Socket FM1?




Magistrale i gniazda
rozszerzen

Definicja gniazda rozszerzefi
Rodzaje magistral i gniazd rozszerzefi

Na kazdej plycie gtéwnej komputera znajduja sie magistrale oraz gniazda umozliwiajace
podtaczanie réznych urzadzerl i kart rozszerzet.

to miejsca na plycie gléwnej komputera, przewidziane do montazu
dodatkowych ukladéw, ktére s3 budowane w postaci kart rozszerzen. Najczesciej sg to
karty graficzne, karty dzwigkowe, modemy i Karty sieciowe. Stuzg do zwigkszania mozli-
wosci pracy i zasobéw komputera poprzez jego rozbudowe lub zmiane konfiguracji bez
koniecznosci wymiany ptyty gtéwnej.

Gniazda rozszerzeti sg podlaczone do (szyny). Jest to zesp6t linii i ukdadéw do
przesylania sygnat6w sterujacych, adres6éw i danych miedzy procesorem, pamigcia i gniaz-
dami rozszerzefi, w ktérych znajduja sie okreslone karty dodatkowych urzadzen.

Rodzaj (a wiec i nazwa) gniazda rozszerzen jest zwigzany Z nazwa standardu magistrali,

do ktérej gniazdo jest podtaczone.

PCI (32-bitowe) 33 MHz.
. AGP (32-bitowe) 66 MHz.
PCI Express.

Magistrala i gniazdo PCI

Gniazdo PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) stuzy réwniez do podigczania dodat-
kowych urzadzen do plyty gtéwnej (rys. 44.1). Magistrala PCI cechuje si¢ szybsza komu-
nikacjg miedzy procesorem i kartami niz stosowana wczeéniej magistrala ISA. Standard
magistrali PCI ma jeszcze dodatkows zalete. Nie ma znaczenia, czy w gniezdzie znajduje
sie karta kontrolera dyskéw, karta sieciowa czy karta graficzna. Kazda karta pasujaca do
gniazda PCI dziata bez jakichkolwiek probleméw. Nie tylko bowiem sygnaty, ale i przezna-
czenie poszczeg6lnych stykéw gniazda sg znormalizowane.

Szyna PCI stanowi kompleksowe rozwiazanie, przyspieszajace wspoiprace z dowolnym
urzadzeniem zewnetrznym. Przy czestotliwodci taktowania 33 MHz i szeroko$ci szyny
32 bity magistrala PCI osigga szybko$¢ transferu danych 132 MB/s.

Karty rozszerzeti podigczone do gniazda PCI mogg si¢ komunikowaé nawet bez udzia-
tu mikroprocesora, dzieki czemu wzrasta efektywnos¢ jego uzytkowania. Dla kazdej karty
s zdefiniowane tzw. rejestry konfiguracyjne. Przy tadowaniu systemu procesor odczytuje
zapisane w nich dane i rozpoznaje, jaka karta jest umieszczona w gniezdzie. Instalacja
{ inicjowanie karty nastepuje potem w pelni automatycznie. Wszystkie obecne ptyty gtéw-
ne s3 wyposazone w kilka gniazd PCL.
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Przyktad modemu do gniazda PCI

Rys. 44.1. Gniazda PCI na plycie gtéwne;j

Parame

» Czestotliwo$¢: 33 MHz lub 66 MHz (serwery).

» Szyna danych: 32 bity lub 64 bity (serwery).

s Przepustowos¢: 133 MB/s lub 528 MBY/s, przy czym przepustowosc dzieli sie na liczbe
kart podiaczonych w gniazdach.

s Mozliwo$¢ zainstalowania wszystkich rodzajéw kart rozszerzen.

+ Liczba stykéw gniazda PCI —120.

» Obstuga standardu Plug&Play.

P — oznacza, Ze urzadzenie podtaczone do komputera zostanie automatycznie
wykryte przez system jako konkretny typ. Jezeli system ma sterowniki, od razu zainstaluje
urzadzenie. W przeciwnym razie poprosi o sterowniki.

Magistrala i gniazdo AGP

Qniazdo AGP (ang. Accelerated Graphics Port, takze Advanced Graphics Port) zostalo zapro-
]E}ktowane specjalnie do obstugi kart graficznych (rys. 44.3. 144.4.). Jest to 32-bitowa zmody-
flkowana magistrala PCI - o duzo wiekszej szybkosci przesylania danych (obrazéw wideo
1 grafiki) niz jej pierwowzér. Pracuje z czgstotliwoscia 66 MHz (dwukrotnie wigkszg niz
PCI), a maksymalna przepustowo$¢ wynosi 2133 MB/s (szesnastokrotnie wigcej niz -PCI).
Obecnie gniazda AGP sg zastepowane przez nowsze i jeszcze szybsze zlacza PCI Express.




Gniazda AGP na plycie gtéwnej Przyktad karty graficznej do gniazda AGP

» Czestotliwos¢: 66 MHz.
Szyna danych: 32-bitowa.
o Wersje standardu: x1, x2, x4, x8.
» Przepustowos¢ magistrali w réznych wersjach standardu i napigcie sygnatu:
x1—-266 MB/s, 3,3V,
x2-533 MB/s, 3,3 V;
x4 1066 MB/s, 1,5 V;
x8 — 2133 MB/s, 0,8 V.
» Obstuga standardu Plug&Play.

Na rys. 44.5 przedstawiono widok stykéw kart ze zlaczami AGP x4, x4/x8, x8.

Jakie s3 rodzaje gniazd rozszerzen?
Jakie parametry ma magistrala PCI?
Jakie parametry ma magistrala AGP?

Magistrala PCI Express

ZAGADR
» Standardy PCI Express
« Parametry magistrali PCI Express

Magistrala i gniazdo PCI Express

standard PCI Express (w skrécie PCle lub PCI-E) stuzy do podiaczania wigkszosci kart
rozszerzen (rys. 45.1). Magistrale PCle stosuje si¢ obecnie gléwnie do podigczania kart
graficznych (rys. 45.2). Magistrale AGP s3 jeszcze stosowane i pojawiajg sie nawet nowe
ich modele ze zlaczem AGP. Jednak praktycznie s3 one przeznaczone do komputeréw
starszych konstrukcji. Natomiast ztacza PCI, ktére mialy zostac zastapione przez nowa
technologie, wciaz sa montowane na ptytach gtéwnych.

PCI Express jest magistralg lokalng, laczaca dwa punkty (ang. point-to-point). Kazde
urzadzenie PCle jest polgczone bezposrednio z kontrolerem. Sygnat jest przesytany za po-
moca dwdéch linii sygnatowych, po jednej w kazdym kierunku, a transmisja danych moze
odbywac¢ si¢ w obie strony jednoczeénie. Przepustowos¢ jednej linii wynosi 250 MB/s. Po-
niewaz urzadzenia mogg przekazywac sygnat dwukierunkowo, szybko$¢ transferu danych
moze siega¢ 500 MB/s. Magistrala PCle — w zaleznoéci od wersji — moze mie¢ 1, 2, 4, 8,
16 lub 32 linie sygnatowe (kazda skladajgca sie z dwoch czedci — nadawczej i odbiorczej).
Gniazdo do danej magistrali jest tym dtuzsze, im wigcej ma ona linii sygnatowych. Gniaz-
da maja takg samg czes$¢ poczatkows — kolejne linie sygnalowe sg dodawane na koricu.

Przepustowo$¢ PCI Express w wersji x16 jest dwukrotnie wieksza niz najszybsza odmia-
na AGP x8. Budowa gniazda umozliwia wlozenie wolniejszej karty do szybszego gniazda
(nie odwrotnie). Gniazdo x1 ma po 18 stykéw z kazdej strony, czyli razem 36, gniazdo x4
~ po 32 styki (razem 64), gniazdo x8 — po 49 stykéw (razem 98), za$ gniazdo x16 — 82 styki
(razem 164).

RY:‘ 1. Gniazda PCI Express na plycie Przyklad karty graficznej
Blownej

1= PCI Express x1, 2- PCI Express x16




Czestotliwosé: 100 MHz.

Standardy: x1, x2, x4, x8, x16.

Gniazdo PCI Express ma od 36 do 164 stykéw.
Obstuga standardu Plug&Play.
Przepustowo$¢ w jedna strone:

Standardy magistrali PCI Express

i

X1 E 250 MB/s 500 MB/s 1GB/s g
= someis  iees | 2ces |

x4 16;/: 2GB/s l '_‘,‘63/5. j

x8 2 GB/s 4 GB/s 8 GB/s

x16 4 GB/s 8 GB/s 16 GB/s f

— x1 — montaz wickszo$ci kart rozszerzeti;

~ x2 —montaz dyskéw SSD na kartach rozszerzen, kontrolery USB 3.0;

— x4 - montaz dyskéw SSD na kartach rozszerzen, kontrolery USB 3.0, 3.1;
- x8 — gigabitowe kontrolery LAN;

— x16 — montaz kart graficznych.

Nalezy jednak pamieta¢ o jednej waznej sprawie. Wyposazenie plyty gtéwnej w przy-
najmniej dwa gniazda PCI Express x16 nie oznacza, ze karty graficzne beda dzialaly z taka |
szybkoscia. Doktadne informacje na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji plyty gtéwnej. |
Przy niektérych plytach mogg to by¢ predkosdci x16 i x8, a przy niektérych x8 i x8.

Okregl, jakie gniazda rozszerzer znajduja sie na plytach gléwnych z dodatku A.

Jakie znasz gniazda rozszerzeri?

Jakie parametry majg gniazda rozszerzen?

Jakie karty mozna zamontowac do gniazda AGP?

Jakie standardy spelia gniazde PCI Express?

Z jaka czestotliwoscig pracuje standardowe gniazdo PCI?
Jakie karty mozna zamontowa¢ do gniazda PCI Express x16?

10. Pamieci

» Dyski twarde — budowa i parametry
» Dyski twarde — kontrolery

= Dyski SSD

= Napedy tasmowe

® Napedy optyczne

® Standardy ptyt CD, DVD i BD

® Pamigci pétprzewodnikowe

masowe
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10. PAMIECI MASOWE

|
i

|

'Dyski twarde —
budowa i parametry

ZAGADNIENIA

= Budowa typowego dysku twardego
m Zasada dziatania dysku twardego
m Typowe parametry dysku twardego

Pamie¢ masowa

Pamie¢ masowa (ang. mass memory, mass storage) to pamieC przeznaczona do dlugotrwa-
lego przechowywania duzej ilogci danych. Pamie¢ masowa jest zapisywana na zewngtrz-
nych no¢nikach informacji. Procesor nie ma do niej bezposredniego dostepu, dlatego
odczytywanie i zapisywanie trwa dtuzej niz w przypadku pamieci operacyjnej.

Rodzaje pamieci masowych

Ze wzgledu na rodzaj no$nika i metode zapisu wyréznia si¢ nastepujace pamieci:
o magnetyczne (np. ta§my magnetyczne, dyski twarde, dyskietki),

e optyczne (np. ptyty CD, DVD),

o pétprzewodnikowe (np. pendrive’y, karty SD).

Dysk twardy (HD, hard disk) jest urzadzeniem pamieci masowej, wykorzystujacym do
zapisywania i przechowywania danych no$nik magnetyczny. Nazwa dysk twardy powstata
w celu odréznienia tego typu urzadzen od tzw. dyskéw miekkich, czyli dyskietek {floppy
disk).W dyskach miekkich no$nik magnetyczny naniesiono na podloze elastyczne, a nie -
jak w dyskach twardych — na podtoze sztywne.

Budowa i dziatanie dysku twardego

Dysk twardy sklada si¢ z glowic elektromagnetycznych oraz z zamknictego w hermetycz-
nej obudowie wirujacego talerza lub zespotu talerzy. Sa one zwykle wykonane ze stopow
aluminium o wypolerowanej powierzchni pokrytej nosnikiem magnetycznym (grubodci
kilku mikrometréw). Glowice umozliwiajg zapisywanie i odczytywanie danych. Na kazda
powierzchnie talerza dysku przypada po jednej glowicy odczytujace;j i zapisujacej. Glowice
s3 umieszczone na elastycznych ramionach i w stanie spoczynku stykaja si¢ z talerzem bli-
sko osi. W czasie pracy unosza sie na tzw. poduszce powietrznej. Ich odleglos¢ od talerza
jest stabilizowana dzieki sile aerodynamicznej, powstalej w wyniku szybkich obrotéw ta-
lerza. W celu odczytania lub zapisania danych ramig glowicy dysku ustawia glowice w od-
powiedniej odleglosci od osi obrotu talerza, na wlasciwej Sciezce. Sciezki o tych samych
numerach, znajdujace sie na kolejnych powierzchniach dysku, tworza cylinder. Na jednej
powierzchni $ciezki sa podzielone na sektory w ksztalcie wycinkéw kota (rys. 46.1).
Podczas odczytu danych z dysku twardego cewka urnieszczona w silnym polu magne-
tycznym porusza sie i zajmuje potozenie zgodnie z przeptywajacym przez nig pradem.

|
|
|
i

i

46. I oW/

W ten sposéb ustawia ramie w odpowiedniej pozycji. Dzigki temu czas przejécia migdzy
kolejnymi $ciezkami jest nawet krétszy niz 1 ms, a przy wigkszych odlegtosciach nie

rzekracza kilkudziesieciu milisekund. Uklad regulacyjny pradu zmienia jego natgze-
nie tak, by gtowica jak najszybciej ustabilizowata swe potozenie w zadanej odlegtosci od
érodka talerza.

Rys. 46.1. Elementy logiczne dysku twardego

1—éciezka, 2— sektor, 3 — $ciezki tworzace cylinder

S/N:ES08HJINLSEA3704

HD160JJ (160GB/7200rpm/8l) E
LE£312,581.808 160.0GB P8OSD AEV. 8
—
Rys. 46.2. Fizyczna budowa dysku twardego: a) wewnetrzna, b) zewnetrzna — widok z dotu, ¢) ozna-

€zenia — widok z gory

1- dyski (ta'lerze) vyiru]'qce z warstwg magnetyczng, 2 — glowica zapisujgco-odczytujaca unoszaca si¢ na ,po-
d.ugzce powietrznej” nad powierzchnig dysku, 3 ~ uklady sterujace praca dysku, 4 — ramie glowicy, 5 — silnik
liniowy, 6 — mechanizm pozycjonujacy

.Kazdy producent dysku twardego umieszcza na gérnej czeéci obudowy tabliczke zna-
mionowy (rys. 46.2c). Na tabliczce znajduja sie informacje dotyczace modelu, pojemno-
o daty produkcji, numeru seryjnego, liczby klastréw, cylindréw oraz innych parame-
tréw dysku. Na odwrocie dysku zamontowano plytke elektroniczng (rysunek 46.2b), ktéra
shuzy do sterowania dyskiem. Na plytce znajduija sie:
® pamied,
procesor,
uklady sterujace praca silnika i glowicy,
kontroler dostosowany do rodzaju interfejsu (IDE, SATA, SCSI).




10. PAMIECI MASOWE

Parametry dysku twardego

Pojemnosdé, np. 500 GB

Wielkoé¢ bufora pamieci podrecznej, np. 32 MB

Szybkos¢ transferu danych, np. SATA3 — interfejs dysku twardego o przepustowosci 6 Gb/s
Predkoé¢ obrotowa talerzy, np. 7200 obr./min

System monitorowania i powiadamiania o bigdach dzialania S.M.A.R.T. (ang. Self
Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

e Kontroler, np. SATA

Sredni czas dostepu (§redni czas wyszukiwania + op6Znienie rotacyjne), np. 4 ms

Oznaczenia dyskéw twardych
Przyktadowe oznaczenia dyskéw twardych

ST31000524AS 32MB

ST — producent: Seagate

3 — wielko$¢ dysku 3,5 cala

1000524 — pojemnos$¢ w MB (okoto 1 TB)
AS — interfejs SATA

32MB - wielko$¢ bufora cache
1002TSKB 7,2K 3,5” 16 MB

1002 — pojemnos¢ w GB

7,2 K — predkoé¢ obrotowa 7200 obr/min
3,5” — wielko$¢ dysku 3,5 cala

16 MB ~ pojemno$¢ bufora cache

Jakie urzadzenie nazywamy dyskiem twardym?
Jak jest zbudowany dysk twardy?

Jak dziata typowy dysk twardy?

Jakie sa parametry dyskéw twardych?

Dyski twarde —
kontrolery

ZAGADNIENIA

& Jakie kontrolery maja dyski twarde?
s Jak wygladaja kontrolery dyskéw?

m Parametry kontroleréw dyskéw

Kontrolery dyskéw twardych

ATA-1, IDE — moze obstuzy¢ dwa urzadzenia o przepustowosci do 4 MB/s
ATA-2, EIDE — moze obstuzyé dwa urzadzenia o przepustowosci do 133 MB/s
SATA — moze obstuzy¢ jedno urzadzenie o przepustowosci do 150 MB/s
SATA 2 — moze obstuzy¢ jedno urzadzenie o przepustowosci do 3 Gb/s
SATA 3 — moze obstuzy¢ jedno urzadzenie o przepustowosci do 6 Gb/s

SCSI — moze obstuzy¢ do o§miu urzadzeti o przepustowosci do 640 MB/s
SAS — moze obstuzy¢ do czterech urzadzen o przepustowosci do 6 Gb/s

Kontroler ATA/EIDE

ATA (ang. Advanced Technology Attachments), zamiennie nazywany IDE (ang. Integrated
Drive Electronics), jest interfejsem réwnoleglej magistrali. Urzadzenia standardu IDE s3
wyposazone we wlasne uklady sterujgce i przylaczane do niedrogiego adaptera IDE. Ukta-
dy elektroniczne sterujace dostepem do magistrali IDE umieszcza sie bezposrednio przy
kazdym urzadzeniu dyskowym. Nie trzeba wiec instalowa¢ kontrolera dysku twardego na
plycie gléwnej komputera. Dysk aczy sie z kontrolerem za pomoca dwéch wigzek prze-
woddéw: 20- 1 34-stykowych.

Rys. 47.1. Ztacza w dysku twardym

1~ gniazdo interfejsu EIDE, 2 — gniazdo konfiguracyjne
trybu pracy, 3 ~ gniazdo zasilania typu Molex

Rys. 47.2. Taéma kontrolera EIDE:
a) 80-zylowa, b) 40-zylowa

_ EIDE (ang. Enhanced Integrated Device Equipment, czyli Enhanced 1DE), nazywany ATA-2,
Jest kontrolerem napedéw najczeéciej stosowanym w komputerach klasy PC. To rozsze-
rzony i ulepszony typ interfejsu IDE (ATA-1). Oferuje m.in. wiekszg szybkos¢ transferu
danych (do 133 MB/s). Pozwala tez na dolaczanie dyskéw twardych o wickszej pojemnosci.
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Od kiedy w 2003 r. wprowadzono magistrale szeregowa SATA (ang. Serial ATA), stan.
dard ten jest okreglany jako PATA (ang. Parallel ATA).

Kontroler SATA

SATA (ang. Serial Advanced Technology Attachment, Serial ATA) jest szeregows ma.
gistralg, nastepca réwnoleglej magistrali ATA. Do transferu danych s przewidziane
ciefisze i elastyczniejsze kable z mniejsza liczbg stykéw. Pozwala to na stosowanie
mniejszych zlaczy na ptycie gtéwnej w poréwnaniu z réwnolegly magistralg ATA. Wa-
skie kable ulatwiajg instalacje i prowadzenie ich w obudowie, co poprawia warun.
ki chtodzenia wewnatrz obudowy. Interfejs przeznaczony do komunikacji umozliwia
szeregowg transmisje danych miedzy kontrolerem a dyskiem komputera z maksymal.
na przepustowoscig do 6 Gb/s. :

l
e e AL
!

Rys. 47.3. Ztacza SATA w dysku twardym
1- gniazdo zasilania, 2 - gniazdo interfejsu SATA

Rys. 47.4. 7-stykowy przew6d SATA

Kontrolery SATA s3 kompatybilne wstecz, co oznacza, ze mozna podigczy¢ dysk
SATA III do kontrolera SATA II. Nalezy to jednak zazwyczaj ustawic przy uzyciu zworki
z tytu dysku.

Kontroler eSATA (ang. Extrenal SATA) to zewngtrzne zlacze kontrolera SATA 3. Wyko-
rzystuje sie je do podtaczania dyskéw twardych z zewnatrz zamiast montowania w $rodku
urzadzenia. Na rysunku 47.6 przedstawiono zigcze eSATA oraz zlacze SATA.

Rys. 47.6. Ztacze eSATA (po lewej) oraz ztacze SATA (po prawej)

Kontroler SCSI

gCSI (ang. Small Computer Systems Interface) jest réwnolegly magistralg przeznaczong do

przesy}ania danych miedzy urzadzeniami. System SCSI wykorzystuje si¢ obecnie gléwnie

w wysokiej klasy serwerach i stacjach roboczych. Wszystkie urzadzenia podlaczone do ma-
istrali SCSI s3 réwnorzedne.

Kazde z tych urzadzenh ma adres unikalny w obrebie magistrali, czyli identyfikator.
Do adresowania urzadzen sa wykorzystywane trzy bity magistrali, co pozwala na polg-
czenie ze soba maksymalnie o§miu urzadzeri. Przy rozstrzyganiu préby jednoczesnego
dostepu wiecej niz jednego urzadzenia do magistrali identyfikator pelni réwniez rolg
priorytetu.

W wiekszosci konfiguracji do magistrali s podlaczone poprzez kontroler jeden kom-
puter 0raz urzadzenia pamieci masowej (dyski twarde i napedy tasmowe). Podiacza si¢ tu
tez inne urzadzenia, np. skanery, drukarki, nagrywarki.

Magistrala SCSI pozwala na podiaczenie dysku do wiecej niz jednego komputera. Jest
réwniez mozliwe przesylanie danych bezposrednio miedzy urzadzeniami, bez ingerencji
komputera (np. wykonanie kopii macierzy dyskowej na taémie magnetycznej).

Na rys. 47.7 pokazano 50-stykowe gniazdo ztacza SCSI oraz tasme z wtyczkami.

Ry‘.l;. 47.7. 50-stykowe wewnetrzne zlacze SCSI: a) gniazdo, b) ta§ma z wtyczkami, zakoniczona ter-
minatorem

1~ gniazdo interfejsu SCSI, 2 - gniazdo konfiguracyjne, 3 — gniazdo zasilania

Parametry magistrali SCSI

® Sposéb transferu danych: asynchroniczny, synchroniczny

® Szybko$¢ transferu danych: 5, 10, 20, 80, 160, 320, 640 MB/s
¢ Szeroko$¢ magistrali: 8,16 b

Kontroler SAS

SAS (ser.ial attached SCSI) to szeregowy nastepca kontrolera SCSI, do stosowania przede
Wszystklm w serwerach. Kontroler SAS jest cze$ciowo kompatybilny z SATA, co oznacza,
ze dyski SATA mozna podtacza¢ do niekt6rych kontroleréw SAS.

Zl3cza standardy SAS

* Zlycze SFF 8482, wewnetrzne, jedno urzadzenie

® Zlacze SFF 8484, wewnetrzne, do czterech urzadzen

® Zlacze SFF 8470, zewnetrzne, do czterech urzadzen

* Zlacze SFF 8087, wewnetrzne, do czterech urzadzeri (mini-SAS)
® Zlacze SFF 8088, zewnetrzné, do czterech urzadzen
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Dyski dynamiczne ‘
Zamiana dysku podstawowego na dynamiczny dostarcza wielu nowych mozliwosdi, takich
jak woluminy dublowane, roztozone i RAID 5 bez koniecznosci posiadania kontrolera RAID.

@

" SR [T 10. PAMIECI MASOWE 47. DYSKI 1 WAR KONTR
i l F |
{1 Symbole kontroleréw dyskowych SCSI ¢ RAID4 dane d  RAID5 dane §
— A1, A2, A3, B1, B2, B3 — A1, A2, A3,B1,B2,B3
; SESI SE Sl DIFF | C1,C2, C3, D1, D2, D3 C1,C2, C3, D1, D2, D3 !
1 o ' | | ' '
} ! ; ] ’ = ___E = - | ‘ ; ;
Rys. 47.8. Symbole kontroleréw _61_—_! _A2 ‘ A3 | AP B AT ‘ A2 A3 ‘ . AP
dyskowych SCSI B1 B2 ‘ B3 BP B1 BP || B2 B3 |
i Macierze RAID a || a s | ocp a || ce || a3
RAID to macierz, w ktérej co najmniej dwa dyski wspétpracuja tak, aby zapewni¢ do- D1 ‘ D2 D3 ‘ DP DP ‘ DI D2 ‘ D3
datkowe mozliwosci, nieosiagalne przy pojedynczym dysku twardym. RAID stosuje sie, — : — : aE— ;
i aby uzyska¢ niezawodnos¢ (odpornos¢ na awarie), zwigkszy¢ wydajnosc, powiekszy¢ prze- dysk0  dysk1  dysk2  dysk3 dyskO0  dysk1  dysk2  dysk3 ;
strzen istniejgcych partycji jako catosci.
JACyR partycit] e) RAID 0+1 f) RAID 1+0 |
Rodzaje macierzy RAID (rys. 47.9 1 47.10) P S - - 1
| s RAID 0 - dane zapisywane jednoczeénie na kilku dyskach (paskowanie). Dzieki temu ‘ RAID 1 | J RAID 0
uzyskuje sie wzrost wydajnosci, lecz nie zyskuje zabezpieczenia danych (min. 2 dyski). RAID O—‘ ‘ R A“I-DO—‘ ‘ RAID 1 RAID 1 j
e RAID 1 - dane zapisywane jako kopia na kilku dyskach, ktére przechowujg te same - ‘_ _ : = | ‘
dane jako typowe zabezpieczenie przed utratg (min. 2 dyski). D1 D2 D1 D2 D1 D1 D2 rDZ
e RAID 2 - dane zapisywane jednoczeénie na kilku dyskach (paskowanie), korekeja ble- ——— 11 li——— = j !
| d6éw zapisywana na dodatkowym dysku (min. 3 dyski). ' b3 D4 D3 D4 D3 D3 D4 D4 .
- . . . . . — - ; - { 1 —| |
e RAID ,3 ' dane zapisywanie mdnogzesme na kilku dyskach (paskowanie), kontrola pa- D5 D6 D5 D6 D5 D5 D6 D6 i E
rzystosci na dodatkowym dysku (min. 3 dyski). L — 11l [ i
| e RAID 4 - podobny do RAID 3, lecz dane zapisywane w wigkszych blokach. D7 D8 D7 D8 D7 D7 D8 | | D8
e RAID 5 — dane zapisywane jednocze$nie na kilku dyskach (paskowanie), bity parzysto- ' — :
| §ci zapisywane na calej strukturze macierzy (min. 3 dyski). dysk0  dysk1 dysk2  dysk3 dyskO  dyskT dysk2  dysk3
| @ RAID 0 + 1 — macierz realizowana jako RAID 1, ktérej elementem jest macierz RAID 0 Rys. 47.9. Rézne rodzaje wykorzystania macierzy RAID: ¢) macierz RAID 4, d) macierz RAID 5,
| (min. 4 dyski). e) macierz RAID 0+, f} macierz RAID 1+0
' e RAID1+0, inaczej zwana RAID 10 — macierz realizowana jako RAID 0, kt6rej elemen- !
tem jest macierz RAID 1 (min. 4 dyski). l
i
|

a)  RAIDO dane b)  RAID1 dane
‘—m, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 —— D1, D2, D3, D4, D5, D6

&
-
o
-
2
@
i
-
:
-
-3
@
€

A

o || b2 D1 DT :
| F _D4 ﬂ{ D2 D2 i[’
o5 || o5 | o7 || o3
D7 J D8 | D4 D4 e | A
dysko dyskl dysk O dysk1 Rys. 47.10. Sieciowy serwer plikéw z kontrolerem S
Rys. 47.9. R6zne rodzaje wykorzystania macierzy RAID: a) macierz RAID 0, b) macierz RAID1 RAID (4 dyski twarde) }r
+ ——— e e n S B o I
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A

Do pierwszego interfejsu plyty gléwnej podlacz dwa dyski twarde standardu EIDE o
i skonfiguruyj ich prace w trybie master—slave. Do podigczania dyskéw do plyty uzywaj Dys kl SS D

80-zytowego kabla.

W miare mozliwosci sprawdz, jak podigcza sie dyski twarde SATA i SCSI.

Za pomocy programu, np. HD Tune lub HD Tach, sprawdz szybko$¢ dziatania dysky
twardego w dostepnym komputerze.

ZAGADNIENIA
s Rodzaje dyskéw SSD i ich parametry

. ; R
Jakie znasz kontrolery dyskéw twardych: « Zalety i wady dyskéw SSD

Ile urzadzen mozna podlgczy¢ do poszczegdlnych kontroleréw?
Jaka predkos$¢ ma kontroler SATA I11?

Co to jest kontroler SAS? Dysk SSD
Jakie znasz macierze RAID? SSD (ang. Solid State Driver) to dysk zbudowany w oparciu o pamig¢ typu flash. Typowy

Co to jest dysk dynamiczny? dysk twardy powstaje z elementéw mechanicznych i elektronicznych, natomiast dysk SSD
- wylacznie z elementéw elektronicznych. Podstawowg zaleta SSD jest brak ruchomych
czesci, dzieki czemu dyski te maja krétszy czas dostepu do danych. Charakteryzuja sie
cichg praca i wiekszg odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo dyski SSD s3 przystosowane do pracy w zakresie temperatur od —40°C
do +85°C. W tych warunkach zwykle dyski nie dawaly sobie rady. Dyski wystepuja w roz-
miarach i standardach: ' '
e 1,8”

e 2,5” (najczesciej spotykany)

e 3,5 :

e M.2

Rodzaje dyskéw SSD

' : e Zbudowane z pamieci MLC (w kazdej komérce pamieci mozna zapisa¢ kilka bitéw
v informacji).

» Zbudowane z pamieci SLC (w kazdej komérce pamieci mozna zapisad jeden bit informacji).

Pamieci MLC

e pojemne,

e tanie,

o bardziej zawodne niz SLC.

Pamieci SLC
l ¢ Duza niezawodno$é.

] o Duzo trwalsze niz MLC.

o Mozna adresowaé wiele blokéw pamieci.
o Kilkakrotnie drozsze od MLC.

Parametry dysku SSD

e Format 2,5 cala.

e Interfejs SATA III.

¢ Pojemno$¢, np. 60 GB.
]

]

L]

Maksymalna szybkos¢ zapisu 400 MB/s.
Maksymalna szybkos§¢ odczytu 500 MB/s.
Zasilanie SATA.
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Standardowym interfejsem dysku SSD jest S-ATA, pokazany na rys. 48.1. Czgsto spoty- I
kanym ze wzgledu na male rozmiary jest dysk SSD z interfejsem M.2, stosowanym bez-
posrednio w plytach gléwnych oraz laptopach — rys. 48.2. Dos¢ rzadko stosuje sig dyski
zamontowane na karcie ze zlaczem PCI Express pokazanej na rys. 48.3.

BESSD | -=m

SOEIO STATE DRVE ABATS Raciekn Goenm, Polat

UL I e

s 2,87

LT B N

Drecimon WARRAMIY VM BF LABEL + CONER 1S REMOVED OR BROKER
Wiesr prmand wwiesgoodiarn.con

i Rys. 48.1. Dysk SSD z interfejsem S-ATA

Rys. 48.3. Dysk SSD w ztacze PCI Express Rys. 48.4. Ztacze M.2 na plycie gtéwnej

Zalety dyskéw SSD

Bezglo$ne.

Bardzo matle zuzycie energii.

Male wydzielanie ciepla.

Praca w duzym zakresie temperatur od —40°C do +85°C.
Kilkukrotnie szybsze od HDD.

Wady dyskéw SSD
W przypadku uszkodzenia dysku tracimy wszystkie dane (w przypadku bad sektoréw na
dysku HDD mozna odzyska¢ wigkszo§¢ danych).

et

Podaj okreslenie dysku SSD.
Jakie zalety ma dysk SSD?

A Rsnan s = B

Napedy tasmowe

ZAGADNIENIA

s Definicja napedu ta§mowego

m Zastosowanie napedu taSmowego
& Parametry napedéw tasmowych

Zapis danych pamieci masowych

Do zapisu danych w systemach komputerowych uzywa sie réwniez ta$my magnetycznej.
Jest to noénik w postaci paska tasmy z tworzywa sztucznego pokrytego materiatem ferro-
magnetycznym. Podczas zapisu wykorzystuje sie glowice elektromagnetyczng dziatajaca
na takiej samej zasadzie jak glowica dysku twardego. Cho¢ technologia tasm moze wyda-
wac sie przestarzala, jest to najbardziej pojemny noénik danych uzywany w napedach ma-
gnetycznych. Dzieje si¢ tak, poniewaz ta§ma po zwinigciu na szpule ma ogromng gesto$¢
objetosciowy zapisu danych (na jednej szpuli zmiesci sie kilometr tagémy). Dostep do da-
nych na ta§mie jest sekwencyjny.

Naped ta§mowy
Uzywany obecnie naped ta§mowy (streamer) wykorzystuje taémy umieszczone w specjal-
nych kasetach. Na tych kasetach mozna zapisywac nawet do kilkuset gigabajtéw danych.
W wigkszosci napedéw stosuje sie kompresije, dzieki czemu mozna zapisaé jeszcze wie-
cej danych. Napedy tasmowe s3 wykorzystywane gléwnie do archiwizacji danych i nie na-
daja sie do ich przenoszenia miedzy komputerami. Powodem jest dtugi czas dostepu do
danych i ich odczytu. Ze wzgledu na profesjonalne zastosowanie napedy tasmowe byly
zazwyczaj wyposazane w interfejs SCSI. Obecnie stosuje sie réwniez interfejsy sieciowe.
Dane na napedach tasémowych zapisywane sg w formie sektoréw o wielkosci 512 lub
1024 B. Na poczatku kazdego sektora znajduje sie kilka bajtéw specjalnych, stuzacych syn-
chronizacji i identyfikacji (numer sektora, §ciezka). Pierwszy sektor tagmy zawiera infor-
macje o tasmie, drugi — o partycjach.

Rodzaje napedéw tasmowych
Wyrézniamy kilka rodzajéw napedéw ta§mowych ze wzgledu na zasade ich dziatania:
* QIC,
DAT,
DIT,
SLR.
Naped tasmowy QIC ma prosta budowe i jest wyposazony w trzy glowice: zapisujaca,
odczytujaca i kasujaca. Do przesuwania tadmy uzywa jednego silnika. Do przesuwania
glowicy wykorzystuje silnik krokowy. '
Naped tasmowy DAT ma trzy silniki: przesuwu, przewijania i wywijania tasmy. Jest
Wyposazony w wirujacg glowice w postaci bebna. Dane zapisywane s3 przez dwie glowice.
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Naped ta$mowy DLT jest kilkakrotnie szybszy niz naped ta§mowy DAT. Predkos¢
odczytu to nawet 2,5 MB/s, a zapisu — do 3 MB/s. Napedy ta§mowe DLT wykorzystuja
glowice nieruchoma.

Naped tasmowy SLR wykorzystuje glowice magnetorezystancyjne, pozwalajace na za-
pis danych jednocze$nie na kilku §ciezkach. Charakteryzuje si¢ duza niezawodnoscig.

Producenci streameréw to m.in.: lomega, Tandberg Data, HP, TDK, IBM, Sony.

Formaty napedéw tasmowych

Ze wzgledu na typ ta§my stosowanej w napedzie wyrézniamy nastepujace formaty nape-
déw tasémowych:

AIT (ang. Advanced Intelligent Tape) — zaawansowana ta$ma inteligentna,

DDS (ang. Digital Data Storage) — przechowywanie cyfrowych danych,

DLT (ang. Digital Linear Tape) — cyfrowa tagma zapisu cigglego,

LTO (ang. Linear Tape-Open) — otwarty format liniowy,

SIR (ang. Scalable Linear Recording) — skalowane nagrywanie ciagte.

Pojemnoé¢ wspélczesnych tasm do streameréw wynosi od 250 MB do ponad 1 TB.

Skorzystaj z internetu i sprawdz ceny no$nikéw pamieci masowych (dyskéw twardych,
napedéw magnetycznych i taém magnetycznych). Poréwnaj je. Sprawdz i zapisz, ile
kosztuje archiwizacja 1 GB danych na kazdym z nich. Postuz sie ponizsza tabelg po
przepisaniu jej do zeszytu.

Cena j
| Pojemnos¢ nodnika %

Koszt 1 GB |

Jakg funkcje pelni streamer?
Jakie znasz rodzaje streameréw?
Jakie znasz formaty napedéw tasmowych?

Napedy optyczne

ZAGADNIENIA

u Definicja napedu optycznego

m Zasada dziatania napedu optycznego
u Parametry napedéw optycznych

Naped optyczny
Naped optyczny (rys. 50.1) jest urzadzeniem, ktére za pomoca wiazki lasera odczytuje
dane z nastepujacych nog¢nikéw: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW) lub najnow-
szych Blu-ray. Naped optyczny podiacza si¢ do komputera za pomocy interfejsu EIDE
lub SATA. Napedy dzielg sie na wewnetrzne i zewnetrzne (najczesciej podiaczane przez
USB). Predko$¢ napedéw optycznych podaje sie w wielokrotnoéciach podstawowej pred-
kosci 1x. I tak ich przepustowoé¢ wynosi:

e dla CD 1x-150 kB/s,

e dla DVD 1x - 1350 kB/s,

e dla Blu-ray (BD) 1x — 5234 kB/s.

Dla kazdego standardu predko$¢ obrotowa to $rednio 200 obr./min przy predkosci x1,
dlatego standardowe predkosci napedéw wynosza:
o CD x52 — przepustowos$c 7800 kB/s i 10 400 obr./min,
e DVD x16 — przepustowo$c¢ 21 600 kB/s i 3200 obr./min,
e BD x8 — przepustowosc 41 872 kB/s i 1600 obr./min.

Rys. 50.1. Budowa napedu optycznego

1- silnik poruszajacy ramie, 2 — mechanizm
napedzajacy ramie, 3 - ramie z laserem i so-
czewka, 4 — soczewka, 5 — silnik napedzajacy
Plyte, 6 - talerz na plyte

Zasada dziatania napedu optycznego

Plyta sklada sie z kilku natozonych na siebie warstw (rys. 50.2). Na jednej z nich, spraso-
Wwanej poliweglanowej, znajduja sie miniaturowe zaglebienia o wielkoéci zaledwie tysiecz-
nych czeéci milimetra. Zapisane dane tworza spiralng $ciezke, ktéra biegnie od $rodka
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plyty do jej brzegu i w tym wiasnie kierunku jest odczytywana. Odczyt danych nastepuje
w spos6b bezkontaktowy za pomoca promienia $wietlnego (lasera). Kolejna warstwg (od-
bijajaca $wiatto) tworzy napylone zloto lub aluminium, nadajace ptycie charakterystyczny
srebrzystoteczowy potysk. Gdy promieni laserowy natrafi na gtadka powierzchnie dysku
(tzw. land, czyli pole), odbija si¢ od niej jak od lustra i wraca t3 sama droga do lasera,
Umieszczony tu maty pryzmat kieruje strumien $wietlny do fotodiody, ktéra pochtania
tak uzyskana energie i zamienia j3 w prad elektryczny. Caty proces wyglada inaczej, gdy
promien laserowy natrafi na zaglebienie w plycie (tzw. pit, czyli d6t). Zaglebienie to powo-
duje odbicie strumienia §wietlnego w innym kierunku, w zwiazku z czym nie trafia on do
fotodiody i prad nie ptynie. Za zero logiczne odpowiada pit lub land, natomiast za jedynke
logiczna — przejécie pit-land lub land-pit.

Rys. 50.2. Zasada dzialania napedu optycz-
nego

1 - fragment CD, 2 - nadruk, 3 — warstwa z alu-
minium, 4 — warstwa z tworzywa sztucznego,
5-land, 6- pit, 7— obiektyw, 8— strumieti §wiatta
odbity od landu, 9 - dioda fotooptyczna,
10 - laser diodowy, 11 — glowica odczytujaca

Na rysunku 50.3 przedstawiono przyktadowy odczyt z CD:

1 L R LR
L ‘LH JIL T _H__I‘ ‘ LU | '__F‘Ll
A Aknannd hkilka
o1 001011001100 T710 01 111 10

Rys. 50.3. Odczyt z CD

Jakie urzadzenie nazywamy napedem optycznym?
Jak dziala naped optyczny?

Czym s3 piti land?

Z jaka predkoscia odczytuja dane poznane napedy?

Rodzaje ptyt stosowanych obecnie w napedach optycznych:

51. STANDARDY D, DVD

Standardy CD,
DVD i BD

ZAGADNIENIA

s Rodzaje ptyt do napedéw optycznych
u Jakie s3 réznice pomiedzy ptytami?

# Standardowe pojemnosci ptyt

» CD,
e DVD,
o Blu-ray (BD).

Standard CD

Plyta CD (ang. Compact Disc) ma $rednice 120 mm, grubo$¢ 1,2 mm i przecietnie wazy
ok. 15 g. Dtugo$¢ spirali z zapisanymi danymi na typowej ptycie to ok. 5,4 km.

Rodzaje CD:

200 MB (21 min), 8 cm (mini-CD),

650 MB (74 min), 12 cm (pierwszy standard),

700 MB (80 min), 12 cm (obecny standard),

800 MB (90 min), 12 cm,

870 MB (99 min), 12 cm.

Rys. 51.1. CD, DVD i BD

Standard DVD

P}y,ta DVD (ang. Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) ma §rednice 120 mm i gru-
bos¢ 1,2 mm. Dhugoé¢ spirali z zapisanymi danymi na typowej ptycie DVD to ok. 11,6 km.
Rodzaje DVD:

DVD-5 (wideo 120 min), pojemno$c 4,7 GB, jednostronna, jednowarstwowa,

DVD-9 (wideo 240 min), pojemnos¢ 8,5 GB, jednostronna, dwuwarstwowa,

DVD-10 (wideo 240 min), pojemnos$¢ 9,4 GB, dwustronna, jednowarstwowa,

DVD-18 (wideo 435 min), pojemnos¢ 17,08 GB, dwustronna, dwuwarstwowa.
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Standard Blu-ray

Ptyta BD (ang. Blu-ray Disc) jest noénikiem zapisu optycznego opracowanym przez sto-
warzyszenie firm Blu-ray Disc Association (BDA), powstate w 2002 r. Ptyty Blu-ray majg
wiekszg pojemnos¢ niz DVD. Na jednowarstwowej plycie Blu-ray mozna zapisa¢ 25 GB
danych. Stosuje sie réwniez ptyty dwuwarstwowe — o pojemnosci 50 GB. Do zapisywania
na tym noéniku stosuje sie laser niebieski (w nagrywarkach DVD uzywany jest laser czer-
wony). Jest to standard zapisu optycznego konkurencyjny wobec HD DVD.

Podstawowa réznicg miedzy wspomnianymi laserami jest dtugosc fali — promien czer-
wony ma 650 lub 635 nm, podczas gdy niebieski — tylko 405 nm. Mniejsza dtugos¢ fali po-
zwala na zmniejszenie rozmiaru bitéw. To z kolei umozliwia gestsze zapisywanie danych
na jednostce powierzchni noénika.

Parametry ptyt Blu-ray

Pojemno$é: 25 GB (jedna warstwa), 50 GB (dwie warstwy).

Dlugoéc fali lasera: 405 nm (DVD 635 lub 650 nm).

Formaty zapisu filméw: MPEG-2, MPEG-4.

Mechanizm sterujacy laserem pozwala na jednoczesny zapis i odczyt danych

Standard HD DVD

Standard HD DVD (ang. High Definition DVD) opracowaly firmy Toshiba, NEC i Memo-
ry-Tech, zrzeszone w organizacji AOSRA. Technologia zapisu jest podobna do stosowane;j
w plytach DVD. Plyty HD DVD s jednak znacznie bardziej pojemne. Dzigki zastosowa-
niu niebieskiego lasera udato si¢ bowiem znacznie zwigkszyc gestosc upakowania danych.
Standard HD DVD jest konkurencyjny wobec Blu-ray.

Rodzaje HD DVD:
e HD DVD-ROM (tytko do odczytu):
15 GB (jednostronny, jednowarstwowy);
30 GB (jednostronny, dwuwarstwowy);
30 GB (dwustronny, jednowarstwowy);
51 GB (jednostronny, tréjwarstwowy);
- 60 GB (dwustronny, dwuwarstwowy).
e HD DVD-R (jednokrotny zapis):
— 15 GB (jednostronny, jednowarstwowy);
— 30 GB (dwustronny, jednowarstwowy).
» HD DVD-RW (HD DVD-RW wielokrotny zapis):
— 20 GB (jednostronny, jednowarstwowy);
— 32 GB (jednostronny, dwuwarstwowy);
— 40 GB (dwustronny, jednowarstwowy).

Standard HVD

Standard HVD (ang. Holographic Versatile Disc), opracowany w 2004 roku przez firmg
Optware, umozliwia zapis na ptycie holograficznej. Na plycie o wielkosci 12 cm mozna za-
pisa¢ do 1,6 TB danych. Zastosowana w tym standardzie technologia holografii umozliwia
zapis w tr6jwymiarowej przestrzeni danych. W napedach holograficznych stosuje si¢ dwie
wigzki lasera: czerwong i zielona. Wigzka czerwona, o dtugosci fali 650 nm, umozliwia
whagciwe adresowanie (pozycjonowanie) miejsca zapisywania. Za pomoca zielonej wigzki
laserowej, o dtugosci fali 532 nm, zapisuje si¢ i odczytuje dane.

optycznego

o
i 150 015 | 1350 1,32 5234 5,23
% 300 0,29 2700 2,64 10468 10,46
dx 600 0,59 5400 527 | 20936 ( 20,93
8x 1200 117 10800 10,55 41872 I 41,87
164 2400 2,34 21600 T 2100 83744 E 8374
2y’ 3600 3,52 32400 31,64 167488 167,48
40x" 6000 5,86 54000 s | 33076 334,98
A2 3 6300 615 56700 55,37 669952 669,95
48" 7200 7,03 64800 E 63,28 1339904  1339,90

7800 7,62 70200 68,55 2679808 2678,08—

-

poréwnanie ptyt CD, DVD i BD oraz HD DVD
Réznica miedzy CD, DVD i BD, mimo tej samej wielkodci i gruboéci ptyty, jest zna-
czaca. Wynika ona ze $rednicy plamki zastosowanego lasera. W przypadku CD laser
emituje fale o dtugodci 780 nm, a $rednica plamki wynosi 0,8 pm. Laser DVD emitu-
je dwie dlugosci fali (650 i 635 nm), srednica plamki wynosi 0,6 pm. HD DVD oraz
Blu-ray sa zapisywane i odczytywane laserem o dtugosci fali 405 nm oraz o $rednicy plam-
ki 0,48 pm.

Poréwnanie predkosci napedéw optycznych pokazano w tabeli 51.1, natomiast poréw-
nanie parametréw optycznych pokazano w tabeli 51.2.

1,6 pm

0,74 pm

~ 0,6 um

0,4 um
min.

Rys. 51.2. Parametry zapisu optycznego na ptytach: a) CD, b) DVD

Tabela 51.1. Poréwnywanie predkosci napedéw optycznych

! ‘ * Teoretyczne predkosci dla napedéw DVD i Blu-ray
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Tabela 51.2. Poréwnanie parametréw optycznych

Wielko$¢ phyty [cm] 12 L 2
Gruboséphtymm T2 T 12 1200
| Dugos fali lasera [nm] 780 | 650lub63s | 405 405 \l
Srednica lasera [pm] 0,8 0,6 0,48 0,48
T N T
‘(Bdleglfos'c’ miedzy Sciezkami [um} B 1,6 ) Ol4 L 0—,3‘2 0,24
SPRAWDZ SWOIE U

Do drugiego kontrolera EIDE na plycie podtacz dwa napedy optyczne: pierwszy w trybie
master, drugi w trybie slave.

Skorzystaj z dodatku Nero Toolkit i przetestuj pracg swojego napedu optycznego.
Zwr6¢ uwage na rézny kolor ptyt CD, DVD i BD. Naucz sig je rozpoznawac na podsta-
wie koloru podloza.

Jakie plyty sa stosowane w napedach optycznych? |

Jakie sg standardy ptyt CD?

Jakie s3 standardy ptyt DVD?

Jakie sg standardy ptyt BD?

Czym r62nia sie plyty stosowane w napedach optycznych?

|

I
Pamieci |
pétprzewodnikowe

ZAGADNIENIA

# Rodzaje pamieci pétprzewodnikowych

® Rodzaje kart pamieci i ich zastosowanie

= Standardowe parametry pamieci p6iprzewodnikd\~ych

Pamieci USB

Pamie¢ USB (ang. universal serial bus) jest znana m.in. pod nazwami: pendrive, USB Flash
Drive, Flash Disk, Flash Drive, Finger Disk. Stanowi urzadzenie przenosne, zaprojekto-
wane do wspétpracy z dowolnym komputerem poprzez interfejs portu szeregowego USB.
Zawiera pamie¢ typu flash (EEPROM) o duzej pojemnosci. Pamigc jest nieulotna, wigc nie
tracimy danych po odigczeniu zasilania. Ten typ pamigci jest odporny na wstrzasy, a nie-
ktére z urzadzeri s3 wodoodporne.

W przypadku pamieci USB najwazniejsze sg cztery parametry:

Pojemnos¢, np. 8 GB.

Szybko$¢ odczytu, np. 31 MB/s.

Szybkos¢ zapisu, np. 15 MB/s.

Rodzaj interfejsu USB: 2.0, 3.0 lub 3.1

Na rysunku 52.1 przedstawiono budowe pamigci USB.

3 2 1

|
i
&

Rys. 52.1. Budowa pamieci flashdrive
1 —kontroler, 2 — rezonator kwarcowy, 3 - zlacze interfejsu USB'

Karty pamieci

Karta pamieci (ang. memory card) to — podobnie jak pendrive — pétprzewodnikowy nognik
danych, wykorzystujacy pamie¢ flash EEPROM. Karty sa stosowane w nastepujacych urza-
dzeniach:

® Cyfrowe aparaty fotograficzne.

® Palmtopy.
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Telefony komérkowe.

Odtwarzacze MP3.

Kamery cyfrowe.

Odtwarzacze multimedialne.

Komputery.

Karty pamieci maja takie same parametry jak pamieci USB, czyli pojemnos¢, predkos¢
odczytu i predkos¢ zapisu.

| | Rodzaje kart pamieci
¢ Secure Digital (SD):
~ mini SD;
— micro SD.
e CompactFlash (CF):
— CompactFlash [;
— CompactFlash II.
e SmartMedia (SM).
e Memory Stick (MS).
e Memory Stick PRO:
- Memory Stick Duo;
— Memory Stick PRO Duo.
e Multimedia Card (MMC).
o xD-Picture Card.

' Na rysunku 52.2 przedstawiono typowe karty pamieci.

K SandiskZ 2 Mg 4
== @
deg
COAG TAIHAN

Memory Stick PRO Duo

. ‘ 64MB MaoGieGATE

Fa' wpston® ‘
C414GB 35 FL
e |

Rys. 52.2. Karty pamieci: a) Secure Digital (SD), b) Compact Flash (CF), c) Memory Stick (MS),
d) Micro SD

Najpopularniejsza na rynku jest pamie¢ SD (ang. Secure Digital). Rozrézniamy kilka
klas szybkoéci tych pamieci, wszystkie pokazane w tabeli 52.1.
Na rysunku 52.3 przedstawiono przykladowe karty pamieci SD.

Minimalna
predkos¢ zapisu

30 MB/s Zapls wideo 4K2K !
= e e UHS-HI R
| UHS 1 E UHS-I
! l I 10 MB/s t
1 e \ / Zapis full HD wideo
| zdjecia seryjne w HD
CLASSC : 10 MB/s High Speed | zolecia sen]
D
CLASSC o MB/s |
1 . .
Klasapredkosci = — T T Zapis wideo 720p
1 CLASSG 4 MB/s Normal Speed :
i
\ i |
Standardowy zapis
cLAss@ | yzap
l C 2 MB/s i wideo
I

a)

: >
3 95 mB/s §C £

Be

Rys. 52.3. Karty SD: a) U1 Class 10; b) U3 Class 10

| (: =
‘ 1. Przetestuj prace pamieci USB przy uzyciu programu HD Tune.
2. Poréwnaj szybkoéci pracy z innymi dostepnymi na rynku pamieciami USB.

e

I Jakie s3 rodzaje pamieci pétprzewodnikowych?
‘. Jakie parametry maja pamieci pétprzewodnikowe?

i i. Jakie wyrézniamy rodzaje kart pamieci?
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11. System graficzny

Karty graficzne
= Karty graficzne NVIDIA
= Karty graficzne ATI
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« Rodzaj gniazda rozszerzen do zamontowania karty.
» Interfejs wyjsciowy dla monitora, zwykle VGA, DVI, HDMI.

~ Karty graficzne . hsus

» Gainward
o Gigabyte
| o MSI |
| o Saphire |
—e e e o . palit

Definicja karty graficznej » AMD/ATI
Budowa karty graficznej ' » NVIDIA
Parametry karty graficznej | o Intel
Rodzaje i producenci kart graficznych »

komputera stanowi cze$¢ systemu wejécia—wyjscia, umozliwiajgcy in-
terakcje systemu z uzytkownikiem. W jego sklad wchodza specjalizowane ukiady prze-
twarzania obrazéw, pamieci obrazu, a takze przetworniki cyfrowo-analogowe. S3 one
umieszczone na kartach graficznych, kartach do obrébki wideo oraz kartach telewizyjnych
(zwanych takze tunerami TV). System graficzny wspélpracuje z zewnetrznym urzadze-
niem wy$wietlajacym, czyli monitorem komputerowym.

, okre§lana czesto mianem akceleratora grafiki, jest elementem kompu-

tera tworzacym sygnat dla monitora. Podstawowe zadania karty graficznej to gromadzenie

| informacji o tym, jak powinien wygladac obraz na ekranie monitora, i odpowiednie stero-
wanie monitorem.

W komputerach PC karty graficzne s3 najczesciej montowane na plycie gtéwnej w kar-

tach rozszerzen. Istnieje wiec mozliwoé¢ ich wymiany. W laptopach s3 one zintegrowane

|z plyta. Wada kart zintegrowanych jest oczywiscie brak mozno§ci wymiany oraz gorsze

parametry w poréwnaniu z kartami niezintegrowanymi. Ma to szczegdlne znaczenie

w przypadku grafiki zaawansowanej (np. gier). Karty graficzne réznia sig szybkoscig pracy ‘

i

[ procesora graficznego, iloscia pamieci, typem chlodzenia i rodzajem ztacza. Budowa karty graficznej
| Budowa ka rty graﬁcznej ie—t iquﬁczazﬁ\cfi:azp E ?E)C(;iesslgl;; 136— chtodzenie pamieci, 4 — zasilanie PCI Express, 5 - chlodzenie aktywne chip-
W budowie karty graficznej (rys. 53.1) mozna wyréznic: i

Procesor graficzny GPU (ang. Graphics Processing Unit) — odpowiada za generowanie « GeForce 200
obrazu w pamieci obrazu. s GeForce 400
Pamiec¢ obrazu VRAM (ang. Video RAM), bufor ramki — przechowuje cyfrowe dane + CeForce 500
0 obltame. . . i * GeForce 600
Pamie¢ ROM — BIOS karty — pamie¢ przechowujaca dane (np. dane generatora znakéw) '« GeForce 700
lub oprogramowanie firmware karty graficznej (wbudowane w kartg). Obecnie jest re- "« GeForce 900 i
alizowana jako pamiec flash EEPROM. | s GeForce 1000 |

DAC (ang. Digital to Analog Converter) — przetwornik cyfrowo-analogowy — odpowie-
| dzialny za przeksztatcenie cyfrowych danych z pamigci obrazu na sygnat sterujacy dla : - | '

monitora analogowego. W przypadku kart tylko z wyjéciem cyfrowym DAC nie ma za- * HD 4000
stosowania. ¢ HD 5000 1




HD 6000

HD 7000

HD 4000

R5, R7, R9 serie 200 i 300
RX 400

» Model, np. GTX 1080.
Producent chipsetu: NVIDIA.
Rodzaj zkacza: PCI Express x16 3.0.
» Wielko$¢, np. 8 GB
Rodzaj pamieci: DDRS.
Szeroko$¢ magistrali pamieci: 256-bitowa.
Czestotliwos¢ pracy pamieci w grafice 3D, np. 10010 MHz.
Maksymalna przepustowog¢, np. 320 GB/2.
Liczba procesoréw strumieniowych: 2560,
Czgstotliwos¢ pracy procesora graficznego, np. 1797 MHz.
Czestotliwos¢ pracy ukladu RAMDAC (jezeli jest), np. 400 MHz.
+ Chlodzenie chipsetu: aktywne 2 wentylatory.
Wyjscia: DVI, D-SUB, Display Port, HDMI.
Tryb pracy wielu kart: SLI lub CrossFire.
Obstuga Direct X w wersji, np. 12,
Technologie: OpenGL 4,5, HDCP.
Tlos¢ obstugiwanych monitoréw: 4.
Dodatkowe zlacza zasilania: 1x6 pn, 1x8 pin.
Liczba zajmowanych slotéw: 2.

Direct X to zestaw funkcji Wwspomagajacych generowanie dwieku oraz grafiki dwu- i tr6j-
wymiarowej przede wszystkim w grach i aplikacjach multimedialnych. Kazda nowa gene-

racja wprowadza nowe rozwigzania, ktére wykorzystujg programisci przy projektowaniu
gier komputerowych.

OpenGL to otwarty i uniwersalny interfejs programistyczny do tworzenia grafiki. Sktada
si¢ z 250 podstawowych wywotlan, przy uzyciu ktérych mozna budowaé tréjwymiarowe
sceny z podstawowych figur geometrycznych.

Opracowany przez Intela standard HDCP jest wykorzystywany do przesylania dzwieku
i obrazu w postaci danych cyfrowych miedzy dwoma urzadzeniami.

Technologia SLI (ang. Scan Line Interleave — przeplot skanowania linii lub Scalable Link
Interface — interfejs Iacza skalowalnego) umozliwia zastosowanie wielu kart graficznych
firmy NVIDIA w systemie komputerowym w celu podniesienia wydajnosci podsystemu
graficznego. Ma ona jednak pewne ograniczenia — mozna taczy¢ w pary jedynie urzadze-
nia oparte na tym samym ukladzie graficznym. Ponadto plyta gléwna musi by¢ wyposazo-
na w odpowiedni chipset oraz kilka gniazd PCle x16.

W technologii SLI obraz jest generowany w jednym z dwéch trybéw:
* SFR (ang. Split Frame Rendering): podziat ekranu na dwie czesci.
» AFR (ang. Alternate Frame Rendering): naprzemienne generowanie klatek.

ii i 7 & 162 dele kart graficznych z tej sa-
CrossFire firmy ATI mozna taczy¢ rézne mo art g . :

B/ t.ecgilioiﬁ.l:l HD 3450 i 3870 lub 4550 i 4850. Jej zaleta jest fakt,,ze nlekom,eczn?e tr}zleba

ilne]pf)nm;vac' dwiema takimi samymi kartami graficznymi. Aby méc 11<<011i’<zysta.c z éell ;c:elce Xrig

1 swna musi by¢ 7 iedni chipset oraz kilka gniaz .

i t6wna musi by¢ wyposazona w odpowiedn : ]

10g11<1, plﬁ;ric(:l"]?zilce zaréwz,lovivy}’)trybie SLI, jak i CrossFire musza by¢ pola‘czone'ze soba

osilfiZm' W przypadku SLI jest to mostek wewnetrzny, w przypadku CrossFire - ze-
m .

wnetrzny.

(5 SPRAWDZ SWOJE

|, Skorzystaj z dowolnego programu do testowania wyde.ljngéci ka.rt graﬁc?nych, np.
. i przeprowadz test swojej karty. Poréwnaj Wy.n.lkl z innymi .kartaml. onie
2 Odcz,yta]' oznaczenia na posiadanej karcie graficznej i wyszukaj jej parametry na s

producenta.

o1 ; 1Y/,
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[

Jak jest zbudowana karta grafic;na?

Jakie parametry majg karty. graficzne? . >

Jakie zlacza sygnatowe maja karty g}graﬁczr.le. \
Jakich znasz producentéw chipsetox'zv graficznych:
Jakich znasz producentéw kart graficznych?




Karty graficzne NVIDIA

Modele kart graficznych NVIDIA
Parametry kart graficznych NVIDIA

Kazda seria kart graficznych zawiera zazwyczaj jakie§ nowe rozwigzanie technologicz.
ne. Kazda rodzina kart obejmuje modele najstabsze, §rednie i najbardziej wydajne. Kazdy
moze wiec znalez¢ model odpowiadajgcy jego wymaganiom oraz mozliwosciom finanso-
wym. Zazwyczaj najlepsze modele wchodza w sktad sztandarowych serii producenta i kon-
kuruja z podobnymi modeleami z serii konkurenta. Ostatnie modele serii s3 zazwyczaj
dwurdzeniowe.

Parametry omawianych kart graficznych zestawiono w tabelach 54.1-54.4

GT - standardowa wersja uktadu graficznego,

GS, LE — okrojona (stabsza) wersja ukladu graficznego (mniejsza szyna, mniejsza czg-
stotliwoé¢ GPU lub stabsze pamieci GDDR),

GTX - najwydajniejsza wersja ukladu graficznego,

GX2 — dwurdzeniowa wersja ukladu graficznego,

Procesory strumieniowe — stosowane w kartach graficznych pomagaja w przetwarzaniu
réwnolegltym réznych operacji

GeForce 200 Direct X 10

GT220 | 625MHz 1580 MHz | GDDR3 ; 1024 MB 128b | 48

| GT 240 550 MHz 2000 MHz ~ GDDR3  512,7024 MB 128 b 96
3400 MHz  GDDRS5

GTS 240 675 MHz | 2200 MHz = GDDR3 1024 MB 256 b E 12

GTS 250 738 MHz I 2200 MHz  GDDR3 512, 1024 MB  256b 128

GTX 260 | 576 MHz 2000 MHz GDDR3 | 896 MB . 448D 192

[ GTX;; 633 MHz | 2268 MHz ~ GDDR3 “ 896 MB T 448 b 240

240

| GTX280 | 602 MHz 2214MHz ~ GDDR3 | 1024 MB 512b |

t. KARTY GRAFICZNE NVIDIA
i
GTX 285 ! 648 MHz | 2484MHz | GDDR3 | 1024 MB l si2b | 240
o7 2905%2 | S76MHz | 2000MHz | GDDR3 | 896 MBx2 | asbx 2002 |
GeForce 400 Direct X 11 I
6T 420 | 700 MHz ’ 1800 MHz GDDR3 { 2048 MB i 128b | 43 _J
[T 430 5 J00MHz | 1600MHz | GDDR3 i 2048 MB ] 128b 9% I
| | 1800 MHz , -
cras0 | S94MHz | 1600MHz | GDDR3 | 15lub3GB 192b 144
1800 MHz |
‘crs4s0 | 790MHz | 4000MHz | GDDRS | 15GB | 192b | 144
Grs4e0 | 650MHz | 3400MHz | GDDRS | 1GB 256 b 336
ToTxess | 607MHz ! 3206 MHz | GDDRS | 1GB | 256b | 352
}_G_Tx #0 | 607MHz | 3M8MHz | GDDRS = 1280MB | 320b ‘ s
G0 | mowwe | seswie | cooes | sewe | b | w0
GeForce 500 Direct X 11
GT 510 S23MHz | 1800 MHz | GDDR3 | 1024 MB 64b 43
['@6 810 MHz 1800 MHz | GDDR3 | 1024,2048MB | 64b 43
(TS | j00MMz | 100MHz | GDDR3 | loz4704sMB | 128b | %
GT 545 | 70MHz  1800MHz | GDDR3 | 15 Wb3GB | 192b | 144
| GT 545 |80 MHz | 4000MHz | GDDRS |  1GB 128 b 144
(GIXS50Ti | 90MHz | 400MHz | GDDRS |  1GB | 1%2b | 12
| GTX 560 950MHz | 4000MHz | GDDRS =~ 1GB | 256b 336
(GTXS60SE | 736 MHz JL 3800 MHz | GDDRS | 168 | 192b 288
geTX 570 72MHz | 380MHz | GDDRS 1280 M8 320b | 430
L GTX 580 772MHz | 4000MHz | GDDRS |  1,5GB 385b | 512
LG 590 x2 | | Goors | Casabx | Tom

607 MHz |

3400 MHz

1,5GBx2

R -
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' GeForce 600 Direct X 11 "_
- = . . UK . jem
L | = ._ § me— ;
i P i "i GTX 780 863 6008 | GDDRS 3,6GB 384 b i 2304
| GT610 | 8I0MHz  1800MHz  GDDR3 1024 MB 64b 48 | . I PR T | IR
I . iy - e ) Ti DDR5 | 3GB 384b } 2880
GT 620 700 MHz 1800 MHz = GDDR3 1024 MB 64 b 96 BT 780l 876 7000 c | |
| I 4 AT - o e e ey T : e et - S T SRS TN i S |
! | I | ! S . l !
| GT 630 ; 810 MHz | 1800MHz | GDDR3 [ 1024, 2048 MB 128 b | 956 GTX Titan 837 6008 ] GDDR5 6 GB 384b E 2688 |
! ‘ | 3200MHz | GDDRS | ; - B USRS S N — |
! | R : GTX Titan 889 7000 GDDRS5 6 GB 384b | 2880
GT 640 l 900 MHz 1800 MHz GDDR3 2GB 128 b 384 Black ;
GTX 670 980 MHz 6000 MHz GDDRS 2GB 256 b 1344 GTX Titan Z 705 7000 E GDDR5 2x6GB 2 x 384b { 5760
GTX 680 1058 MHz 6000 MHz  GDDRS 2GB 256 b 1536 e - - = T
- - ' = T T . ;
GTX690X2 | 1019MHz | 6000MHz = GDDR5 |~ 22GB | 512b | 3072 GeForce 900 DirectX 11112 i
To architektura obliczeniowa umozliwiajaca wzrost wydajnosci obliczen dzigki wykorzy- ] } | ( g | 768
staniu mocy GPU zamiast CPU. Obecnie korzysta z tej architektury wielu naukowcéw g 1024 MHz 6610 MHz . SBDES | 2, 4GB | l
o T . : o | . 1! . - I
oraz programistéw. Wykonujg oni dzigki niej bardzo skomplikowane operacje z zakresu i
X Do .. L. . . . : 1024
fizyki, biologii, matematyki i innych dziedzin nauki. _GTX &’ Nl '7310 EAEZ *__EDPRS | e _128 i
CeForce 700 DirectX 11112 GTX 970 1050 MHz 7010 MHz % GDDR5L3584+5'|2 MB 224+32 1664
i E GTX 980 126 MHz | 7010MHz  GDDRS 4GB 256 2048 |
M— ' ' - GTX 980 Ti 1000 MHz | 7010 MHz | GDDRS 6GB | 38 2816
GT 710 L 954 MHz 1800 MHz GDDR3 | 1,2GB 64 b 192 — = 2 —
SRS ISt )L R Mgyl SIS .- g b ( ‘ ‘
GT 720 797 MHz | 1800MHz | GDDR3 1,2GB 64 b 192 i In | T000MHz | 7010MHz § GDDRS |  12GB | 384 | Mo |
i 5000 MHz GDDR5
———— - __{_. — | S - SISISIUNEISISSS [ S—— —r! "
GT 730 700 MHz °~ 1800 MHz GDDR3 1,2GB 64b | 384 Tabel GeForce 1000 DirectX 12
} 902 MHz 5000 MHz | GDDRS5 ! 128b |
GT 740 | 993 MHz 1800 MHz  GDDR3  2GB, 4GB 128 b 384 l )
1085 MHz 5000 MHz GDDR5 3 \ ] 1 |
ERE 2 GTX 1050 12 640 !
GTX 745 1033MHz | 1800MHz  GDDR3 4GB 128b 384 1354 ‘ e | GDDRS |  2CB l 8 |
G . ;
GTX 750 1020MHz ~ 5000MHz  GDDRS  1GB,2GB, 128 b 512 T 1290 7000 GRS s 28 768
4GB : i
GTX 1060 1506 8000 GDDR5S 3,6GB | 192 1152,1280 »
GTX750Ti 1020 ‘ 5400 GDDR5S 1GB, 2 GB, 128 b 640 ‘ i
4GB &TX 1070 1506 8000 GDDR5 8 GB 256 1920 i
GTX 760 980 5808,6008  GDDR5  1,5lub3GB 192b 1152 B e - ’ ! L |
,ZG‘; B pee b GTX 1080 1607 10000 GDDRSX 8GB | 256 2560
e e e s e — - . V,_+.. ; '
I GTX 760 Ti 915 6008 GDDR5 2GB 256 b 1344 GTX 1080 Ti 1480 11000 GDDR5X 1 GCB 352 3584 i
— +
GTX 770 1046 7010 GDDR5 2 GB, 4GB 256b 1536 GTX Titan X 1417 10000 % GDDRS5X 12 GB I 384 3584 %
4




Jakie znasz serie kart graficznych NVIDIA?
Czym réznig sie serie GS, GT, GTX?
Co to jest Pixel Shader i Vertex Shader?

. Co oznacza technologia CUDA?

s

Przeanalizuj serie kart graficznych GeForce 200, 400, 500, 600 i wypelnij w zeszycie
ponizsza tabele. Zwr6¢ uwage, jak zmienialy sie kolejne wersje ukladéw graficznych.

! GeForce 200
+ = |

!L GeForce 400

f

GeForce 500 '

GeForce 600

- ed

Przeanalizuj serie kart graficznych GeForce 700, 900, 1000 i wypelnij w zeszycie poniz-
sza tabele. Zwr6¢ uwage, jak zmienialy sie kolejne wersje uktadéw graficznych.

GeForce 700 | !

i o I _‘__‘m i n e ]

GeForce 900

| GeForce 1000 i

Karty graficzne ATI

Modele kart graficznych ATI
» Parametry kart graficznych ATI

Firma ATI, konkurent firmy NVIDIA na rynku kart graficznych, wprowadza do swoich
roduktéw nowe rozwiazania technologiczne, aby doréwnac rywalowi.
W tabelach 55.1-55.4 zestawiono karty graficzne ATT Radeon HD 4000, 5000, 6000, 7000.

HD 4350 600 MHz 1000 MHz 1 GDDR2 256, 512, ' 64b

Radeon HD 4000 Direct X 10

80
| 1024 MB | i
HD 4550 600 MHz 1600 MHz GDDR3 512, 1024 MB 64 b 80
HD 4650 600 MHz 1000 MHz GDDR2 l 512, 1024 MB 128 b 320
700 MHz 1800 MHz | GDDR3
HD 4670 750 MHz 2000 MHz GDDR3 512,1024 MB 128 b 320
HD 4770 i 750 MHz 3200 MHz GDDRS 5'|2 1024 MB 128 b 640
HD 4830 575 MHz 1800 MHZ —;_ GDDR3 512, 1024 MB 128 b 640
HD 4850 625 MHz 2000 MHz f GDDR3 512, 1024 MB 256 b E_ 800
| 3600MHz | GDDRS | ;
— S— . _i,«_ =P .~+, N . .ot N — p— .
HD 4870 750 MHz 3600 MHz GDDR5 512, 1024 MB 256 b I 800
HD 4890 850 MHz 3900 MHz | GDDR5 1024 MB 256 b i 800
HD 4870 X2 750 MHz 3600 MHz GDDR5 2x1024 MB 256 b 1600
Radeon HD 5000 Direct X 11
HD 5450 l 650 MHz 800 MHz ; GDDR2 512,1024 MB 64 b 1 80
| 1600 MHz | GDDR3
.._i_ — —
HD 5550 550 MHz 800 MHz GDDR2 512, 1024 MB 128 b 320

1600 MHz GDDR3

it E——




HD 5570

' HD 5670
' HD 5750
" HD 5770
HD 5830

HD 5870

/' HD 5970

HD 6450

HD 6570

HD 6670
HD 6750
HD 6770
HD 6790

HD 6850

HD 6870

| HD 6950
. HD 6970
HD 6990

1
|

| HD 7750

; HD 7770
HD 7850
HD 7870

SN IS R

I

. HD 5850

650 MHz | 1600 MHz | GDDR3 1024 MB 128b 400
775MHz 4000 MHz ~ GDDRS = 512,1024MB  128b 400
700 MHz 4600 MH;ﬁ_%— GDDRS 1024 MB 128 I 720
850 MHz 4800 MHz | GDDRS 1024 MB 128 b 800
800 MHz 4000 MHz  GDDRS ' Cl024MB 128b 120
725MHz | 4000 MHz ~ GDDRS 024MB | 25%6b 1440
- ‘ 850 MHz 4800 MHz ~ GDDRS | 1024,2048 MB 256 b N 1600
725MHz | 4000MHz ~ GDDRS  1024,2048 MB 256 b 3200
— et - j
Radeon HD 6000 Direct X 11 %
| 625750 | 1600MHz  GDDR3  512,1024MB | 64b 160
i MHz | 3600MHz GDDRS _& - B
650 MHz  1800MHz  GDDR3 512,1024, 128 b 480
4000 MHz  GDDRS 2048 MB
| 512, 1024 MB
800 MHz | 4000MHz  GDDRS  512,1024MB  128b 480
 J00MHz 4600 MHz  GDDRS  512,1024MB  128b | 720
775MHz | 4600MHz  GDDRS  512,1024MB  128b 720
| BOMHz | 400MHz | CDDRS  S1210MB 128b 500
775MHz 4000 MHz | GDDRS | 1024 MB 256 b 960 {
" 90MHz | 4200MHz | GDDRS  1024MB | 256b 1120
| wowH:  soomkz  GOORS | aogms | 2s6b o8
880 MHz 5500 MHz  GDDRS 2048 MB 256 b 1536
' 830MHz  S000MHz  GDDRS 4096 MB 256b | 3072
Radeon HD 7000 Direct X 12
|
e
900 MHz | 4500MHz  GDDRS 1,2GB 128b 512
1000MHz ~ 4500MHz  GDDRS  1,2GB 128b 640
860MHz  4800MHz  GDDRS 208 256b 024
1000 MHz 4800 MHz  GDDRS 2GB 256 b 1280 |

|

I

4D 7950 800 MHz 5000 MHz ] GDDRS |  3GB 384 b 1792
HD 7970 925 MHz 5500 MHz GDDRS5 l 3GB 384 b 2048
HD 7990 j 850 MHz 5000 MHz i GDDRS | 3GB 384 b ”J B “4()";6

Parametry najnowszych kart graficznych przedstawiono w tabelach ponize;j.
Radeon RX200 Direct X 12

|

C-RS 230 625 MHz 1066 Mhz ‘ GDDR3 | 1,2GB 64 b 160
R7 240 ~7‘80 Ml:lzd 1125 Mhz “ GDDR3 ' 2GB 128 b i W32E)

GDDR5 | | o

| R7250 i —16&)_MHZW B 1150 MHz GDDRS5S ‘ 1,2GCB B 128 b 384
R7 250X 1000 MI-'|; 1125 MHz GDDR5S 1,2GB 128 b 1 6;10
R7 260 | 1000 MHz 1;()_() MHz GDDRS5 1GB ' 128b 7-6.8
260X | 1000MHz | 1625MHz  GDDRS | 1.2GB  128b 896
R7 265 I ;Z—EMHZ ”1400 MHz GDDRS5 2 GT ' 256 b T —102{
R9 270 900 MHz : 1400 MHz 7GDDVR5 2GB ] 256 b 1280
R9 270X + 1000 MHz 140(; M_H;— thDDRS I 2,4 GI; 1 256 b 1 "128-6 '
RS 280 1 850 MHz 1250 MHz ' GDDR5 . 3 Gé‘ | h3_8-£ﬁ.) im 1792

! R9 280X l ﬁMHZ T 1500 MHz GDDRS E ;ﬁ b 2“0:18H
RS 285 918 Mtlz 1375 MHz GDDRS5 2 GB - _256—b | 1792
R9 290 B l 947 MHz [ 1250 MHz ﬁi GDDRS5 | 4EB‘ _SJEb ' ;_ v25§ﬂ0"
R9 290X 1000 MHz 1250 MHz GDDR5 4{ 8 GB . 512b | 2816
R9 295x2 s 1018 MHz th 1250 MHz GDDRS5 2x4GB L2x5'|2b 5632

' Radeon RX300 Direct X 12
R7 350 _i 925 MHz J 1625 MHz i GDDRS | 1,2GB | 128b l 768

| R7 360 1050 MHz 1625 MHz GDDR5 2GB EEE_ 768

i R7 370 975 MHz J 14;00 MHZ | ﬂ% GDDR5 ;2—, fG_B.__:L 256 b- [ 1024

| R7 370X 1000 MHz 1400 MHz GDDR5 256 b 1024

2,4GB




Gl
I.] |
I}
| |
H T
i |
: | R9 380 | 970MHz = 1450 MHz | GDDR5 2,4GB 256b | 792 |
= S e e s SR |
R9 380X T 970 Mhz | 1425Mhz  GDDRS 4GB 256b | 2048
: o b b TN
R9 390 1000 MHz | 1500 MHz  GDDRS5 8GB | 512b | 2560
- o L -
R9 390X 1050 MHz 1500 MHz HBM 8GB | 512b j 2816
| R9 Fury I 1000 MHz 500 MHz HBM | 4GB } 4096 b i 3584 |
e . = T . |
| R9 Nano 1000 MHz | 500 MHz HBM 4GB | 4096b | 4096
| ROFuryX | 1050 MHz | 500 MHz HBM 4GB IT 4096 b [~ 4096
| Pro Duo | 1050 MHz 500 MHz HBM 2x4GB . 2x4096 b 1 2x 4096
;_ ] 1 1 -
} Radeon RX400 Direct X 12
I ; g e A I I : jl: - [ J ®
RS 430 730 MHz 1800MHz | GDDR3 | 1,2GB | 128b ] 384 -I Z I n e te EW| Z n e
=== 1 o b - : l J
| R7430 730 MHz | 1800 MHz  GDDR3 | 1,2,4GB | 128b | 384 »
; GDDRS | t l |
| R7450 1050 MHz 1125MHz | GDDRS | 208 7; 128b 512 ) W
; RX 460 1090 MHz 1750MHz ~ GDDR5 = 2,4GB | 128b 896 = Tunery telewizyjne i
e P e e _
| RX 470 | 926MHz | 1650 MHz | GDDRS | 4,8GB | 256b | 2048 |
t,_—_-_“.._.,.f,.wﬂ.m e = ST T — ,._0,.”_..; S g 8 AW ey '
RX 480 | 1120 Mhz 2000Mhz ~ GDDR5 : 4,8GB : 256b 2304 '
RAWD7
Przeanalizuj serie kart graficznych ATI RX200, RX300, RX400 i wypetnij w zeszycie

ponizsza tabele. Zwré¢ uwage, jak zmieniaty sie kolejne wersje uktadéw graficznych.

ATI RX200 {

. o
T

ATI RX300

AT} RX400 ; |

SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

Jakie znasz serie kart graficznych?
Jakie parametry maja karty graficzne ATT?




12. TUNERY TELEWIZYJNE

Tl

Tunery telewizyjne

ZAGADNIENIA

® Definicja tunera telewizyjnego

® Rodzaje tuneréw telewizyjnych
® Budowa tuneréw telewizyjnych

Tunery telewizyjne
Tuner telewizyjny to karta rozszerzen lub oddzielne urzadzenie, dzieki ktéremu na ekra-
nie monitora lub telewizora mozna oglada¢ program telewizyjny. Niektére tunery umoz-
liwiajg takze podlaczenie dysku twardego lub pamieci flashdrive. Sa takze wyposazone
w tuner radiowy i dekoder telegazety.

Rodzaje tuneréw TV

e Tuner cyfrowy naziemny DVB-T.
e Tuner cyfrowy kablowy DVB-C.

e Tuner cyfrowy satelitarny DVB-S.

Tuner DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting-Terrestrial) umozliwia odbiér naziemnej
telewizji cyfrowej, takze transmisji w wysokiej rozdzielczodci wraz z dzwiekiem prze-
strzennym.

Tuner DVB-C (ang. Digital Video Broadcasting-Cable) stuzy do odbioru telewizji cyfrowej
z lokalnej telewizji kablowej.

Tuner DVB-S (ang. Digital Video Broadcasting-Satellite) umozliwia odbiér cyfrowej tele-
wizji satelitarnej. Wystarczy mie¢ antene satelitarnag dowolnej wielko$ci. Urzadzenia te sa
wyposazone zazwyczaj w jedno ziacze antenowe oraz odbiornik pilota na zlaczu RS-232
lub USB. Dostepne s takze akcesoria na karty chipowe, umozliwiajagce ogladanie ptatnej
telewizji. Dodatkowym atutem tunera DVB-S jest mozliwo$¢ korzystania z internetu sa-
telitarnego.

Ztacza tuneréw TV

Na rysunku 56.1 pokazano budowe tunera DVB-T. Widoczne s3 na nim typowe ztacza:
wejscie antenowe,

wyj$cie antenowe,

wyjécie analogowe,

EURO zlacze analogowe,

wyjécie cyfrowe audio,

HDM]I,

USB.

Dekoder STB

Rys. 56.1 Budowa tunera DVB-T: a) przéd, b) tyt
1 - wejécie antenowe, 2 — wyjécie antenowe, 3 — wyjscie cyfrowe audio, 4 - HDMI, 5 — USB do podlaczenia
1 pendrive’a lub dysku do nagrywania-odtwarzania, 6 - wyjécie analogowe audio, 7— BEURO zlgcze analogowe

1. Uruchom dostepny tuner DVB-T przy uzyciu monitora lub telewizora. Wyszukaj stacje
telewizyjne dostepne w okolicy.
2. Zwi6¢ uwage, jakie gniazda wejécia i wyjécia ma dostepny tuner.

| 1. Zdefiniuj tuner telewizyjny.
2. Jakie sg rodzaje tuneréw telewizyjnych?
| 1. Jakie ztacza maja tunery telewizyjne?

|




Karty dZzwiekowe

Karty dzwickowe
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Karty dZzwiekowe

Budowa karty dZzwigkowej
Dziatanie typowej karty dZzwickowej
Zadania elementéw kart dZwiekowych

Sygnat dzwigkowy jest sygnatem ciggtym (analogowym) i w takiej postaci nie moze by¢
zapisany na dysku komputera. Zawarte w nim informacje musza najpierw uzyskac posta¢
cyfrowa. Jest on wiec zamieniany na sygnat cyfrowy przy uzyciu przetwornika analogowo-
-cyfrowego A/C. Przetwornik mierzy warto$¢ sygnatu analogowego w okreslonym cza-
sie — pobiera prébke sygnatu, czyli prébuje sygnat (prébkowanie). Nastepnie zamienia te
warto$¢ na liczbe, ktéra na wyjéciu pojawi sie w postaci dwéjkowej. Przykdad tego rodzaju
prébkowania przedstawiono na rysunku 57.1.

U
i .
[ :
1
Odstepy
czasowe o
U+1618 probkowanie 14
T 12 12 10 1012
e 4llf
o Illlo | 0
| | [t
|| g |l 6 000
- - -10-
10 Ma “12-10

Zamiana sygnatu analogowego na cyfrowy

Pomiary sg dokonywane w statych odstepach czasu, czyli ze stalg czestotliwoscia (tzW.
czestotliwodcia prébkowania). Im czesciej sa pobierane probki, tym doktadniej jest odwzo-
rowywany sygnat analogowy. Czestotliwoé¢ prébkowania powinna by¢ dwa razy wigksza
od najwiekszej czestotliwoéci sygnatu analogowego. Wtedy przetwarzanie nie powoduje
znaczgcych strat informacji.

e == e —— —ﬁ

Karte dZwigkowg podigcza sie do komputera poprzez interfejs, zazwyczaj ISA, PCI lub
USB.

Karty dZwickowe to urzadzenia przetwarzajace parametry elektryczne na sygnat dzwigkowy.
Na rysunku 57.2 pokazano schemat blokowy karty dzwiekowej.

Karta dZzwiekowa zawiera:

procesor dzwieku DSP,

s syntezator,

s syntezator Wavetable,

o przetworniki A/CiC/A,

» mikser dzwigku,

» wzmacniacz wyjsciowy,
interfejs do komputera, np. ISA lub PCI,
interfejs MIDIL.

Wejscie liniowe

| -—
A/C j— —_— Mikser |
I RAM Weijscie mikrofonowe
Gniazdo <
ISA, 1 ROM
PCl DSP R
uss Wave Wyjscie liniowe
Table B R
M A Synteza Wave Table H
C/A | —— —“ Wzmacniacz glosniki
Syntezator FM

Schemat blokowy karty dzwiekowej

shuzy do cyfrowego przetwarzania sygnatu. Jest to specjalizo-
wany procesor sygnatowy, umozliwiajacy ksztattowanie dzwieku. Pozwala m.in. uzyski-
wac efekty w postaci echa i pogtosu, miksowa¢ i korygowa¢ sygnat oraz tworzy¢ dzwigk
przestrzenny.
stosuje sie do generowania dZzwieku za pomocg modulagji i faczenia fal oraz
szumu. Dziata on podobnie jak elektroniczne instrumenty muzyczne.
i zamieniaja sygnal odpowiednio z analogowego na cyfrowy
i z cyfrowego na analogowy. Umozliwiaja rejestracje dzwieku w postaci cyfrowej i jego
odtwarzanie w postaci analogowej przez glo$niki.
Na rysunku 57.3 pokazano zasade zamiany sygnatu analogowego na cyfrowy.

Sygnat
andlogowy A/C Sygnat w postaci

e cyfrowej

Rys Przetwornik A/C




stuzy do laczenia sygnaléw dzwieku z réznych Zrédel, generatoréw

dzwieku, przetwornikéw C/A, wejs¢ zewnetrznych itp.

1 , wzmacniajacy sygnat analogowy, stosuje sie do podiaczania stu-

chawek lub glognikéw.

stuzy do podlaczania do komputera cyfrowych instrumentéw muzycznych.

dzwiekowej.

Oznaczenia gniazd i wiykéw na karcie dzwiekowej

niebieski wejscie liniowe

_ rézowy wejscie mikrofonu

_ zielony wyjscie na gtosniki przednie lub stuchawki
czarny - wyjscie na gtosniki tylne o -

_ pomia—r;r’\éc:v;): - T ;yjécie na ;c:sjnik centralg; i subwoofer
szary * wyjscie na g’ros’@ boczne _(;;;t;;;];

Jak jest zamieniany sygnat analogowy na cyfrowy?
Jak jest zbudowana karta dZzwiekowa?
Jakie wejscia i wyjscia ma karta dzwiekowa?

Budowa karty dzwiekowej
1— procesor DSP, 2 — wyjécie CD, 3 — wejécie
AUX, 4 — wejécie liniowe, 5 - wejscie mikro-
y fonowe, 6 — wyjécie na gloéniki przednie,
\ 7 — wyjécie na glodniki tylne, 8 ~ wyjécie na
glosnik centralny i subwoofer, 9 — MIDI

W tabeli 57.1 pokazano typowe oznaczenia gniazd i wtykéw dostepnych na karcie

1

14. Zasilanie
| chtodzenie
komputera

® Zasilacze
® Pobér mocy podzespotéw komputera — dobér zasilacza
® Chtodzenie komputera




[ 14 ZASILANIE I CHLODZENIE KOMPUTERA

~ Zasilacze |
t 1

ZAGADNIENIA

u Definicja zasilacza

m Rodzaje zasilaczy

m Rodzaje ztaczy w zasilaczach komputerowych
» Napiecia stosowane do konkretnych urzadzes

Zasilacz komputera
Zasilacz komputera jest urzadzeniem, ktére zamienia napigcie przemienne sieci elek-
trycznej na state napiecie potrzebne do pracy komputera.

Zasilacz jest jednym z najistotniejszych elementéw sprzetu komputerowego. Jego sta-
bilna i niezawodna praca w duzej mierze przeklada si¢ na stabilno$¢ dziatania i zywotnos¢
pozostatych elementéw komputera. Najczeéciej spotykane obecnie zasilacze komputero-
we maja parametry opisane standardem ATX.

Rodzaje zasilaczy:
e liniowe,
e impulsowe.

Zasilacze liniowe

Zasilacze liniowe obnizajg napiecie wejsciowe pradu przemiennego. Transformator (2),
jak pokazano to na rys. 58.1, obniza napigcie pradu przemiennego z 230 V do 48 V 50 Hz
pradu zmiennego. Napiecie jest prostowane przez uklad prostowniczy (3) — mostek
Graetza. Za transformatorem znajduja sie kondensatory elektrolityczne (4), ktérych za-
danie polega na filtracji napiecia stalego. Uklad 5 to stabilizator napigcia. Rysunek 58.1
przedstawia uproszczony schemat dziatania zasilacza liniowego.

(3]

IR ‘f"""

~230V =—C | =-C

Rys. 58.1. Uproszczony schemat zasilacza liniowego

1— wejdcie pradu zmiennego, 2 — transformator, 3 ~ mo-
stek Graetza, 4~ kondensatory, 5~ regulator napiecia pra-
du statego, 6 — wyjscie pradu statego :

i o—

Gléwnym mankamentem zasilaczy liniowych jest ich mata sprawnos¢. Wynika ona nie
tylko ze sposobu konwersji pradu, lecz takze z rozmiaréw zasilaczy. Najpierw transforma-
tor musi obnizy¢ napiecie dostarczone na wejéciu, a nastgpnie tranzystor rozprasza pewna
ilog¢ mocy, ktéra jest tracona jako ciepto.

Zasilacze impulsowe

W nowoczesnych komputerach s3 stosowane zasilacze impulsowe (ang. Switching Power
Supply). Mimo bardziej skomplikowanej budowy stanowia one znaczne ulepszenie w sto-
sunku do swoich poprzednikéw pod wzgledem sprawnosci i mocy. Zasilacz impulsowy
dziata na zasadzie kontroli éredniego napiecia dostarczanego do obcigzenia. Odbywa sie to
poprzez otwieranie i zamykanie przetacznika z duza czestotliwodcia. Ten sposéb regulaciji
jest lepiej znany pod nazwa modulacji szerokosci impulsu, czyli PWM (ang. Pulse-Width
Modulation). Uktad PWM jest najwazniejszym ukladem wyrézniajacym ten typ zasilaczy.

ey

Rys. 58.2. Schemat zasilacza impulsowego

1 - wejécie pradu przemiennego, 2 — transformator impulsowy, 3 - kondensatory, 4 — dioda, 5 — tranzystor
mocy, 6 — uklad kontroli napiecia, 7 — uklad sprzezenia zwrotnego, 8 — wyjécie pradu stalego

Zalézmy, ze zasilacz impulsowy dostarcza napiecie 12 V przy obcigzeniu 6 A. Gdy za-
potrzebowanie obcigzenia na prad wzrosnie do 8 A, napiecie automatycznie zmaleje do
okoto 10,67 V. Dzieki sprzezeniu zwrotnemu uktad PWM odnotuje spadek napiecia i przy-
wréci warto$é napiecia do wartodci 12 V.

Poréwnanie zasilaczy liniowych i impulsowych

Zasilacze liniowe:

 wymagaja duzych transformatoréw (dla zasilacza z wyjéciem 16 V na kazdy amper przy-
pada 0,5 kg masy transformatora),

» wymagajg duzych radiatoréw, aby rozproszy¢ straty energii,

s maja sprawno$¢ konwersji na poziomie 50% dostarczonej mocy.

Zasilacze impulsowe:

e cechuja sie wysokim kosztem produkcji w poréwnaniu z zasilaczami liniowymi,

¢ s3lzejsze i mniejsze niz zasilacze liniowe,

e maja sprawnos¢ dochodzacg nawet do 90%.

Napigcia w zasilaczach komputerowych

Wyrézniamy trzy podstawowe napiecia stosowane w zasilaczach komputerowych:

® 12V (26tty przew6d) — stosowane do zasilania silnikéw dyskéw i napedéw optycznych,
procesora, kart graficznych,

® 5V (czerwony przewdd) — stosowane do zasilania elektroniki dyskéw i napedéw,

* 3,3V (pomarariczowy przewdd) — stosowane do zasilania pamieci RAM, gniazd PCL

Rodzaje ztaczy w zasilaczach ATX

Zlycze zasilania ATX 24-pin sklada sie z dwdch czeéci (rysunki 58.3 i 58.4). Pierwsza
z nich to standardowa wtyczka 20-stykowa, znana ze starszych zasilaczy. Druga to 4-sty-
kowa kostka polaczona z przewodami: pomaraticzowym (3,3 V), czerwonym (5 V), z6ttym
(12 V) i czarnym (masg).
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14. ZASILANIE I CHLODZENIE KOMPUTERA

-12v
CoOM
PS_ON#
com | 20-stykowe
COoM
CoOM
NC
+5V
+5V
+5V
COoM

+3,3V ‘

e W

+ 4-stykowe

Rys. 58.4. 24-stykowe ztacze zasilania ATX
24-pin (20+4)

Rys. 58.3. Schemat zlacza zasilacza
ATX 24-pin (20+4)

ATX 12V 4-pin jest pomocniczym zlaczem zasilajacym, stuzacym do zapewnienia nje.
zaleznego zrédla zasilania dla procesora. Ma dwa przewody 12 V i dwa przewody masy,

Y =
[y
- .

*, i} I‘--\‘k. P
Sow -

Rys. 58.5. Zlgcze 4-stykowe ATX 12V 4-pin
do zasilania procesora napigciem 12 V

Rys. 58.6. Uniwersalne ztacze 4-stykowe
zasilania firmy Molex

Molex 4-pin to uniwersalne ztacze do zasilania dyskéw twardych, napedéw optycznych,
kart graficznych, czasami ptyt gléwnych i innych urzadzen (rys. 58.6). W skiad wiazki fir-
my Molex wchodzg cztery przewody: z6tty (12 V), czarny (masa), czarny (masa) i czerwony
5V).

Floppy 4-pin jest obecnie coraz rzadziej uzywanym zlgczem — stuzy do zasilania stacji
dyskietek, kart graficznych i niektérych paneli sterujacych (rys. 58.7). Jest to mniejsza od-
miana ztacza typu Molex.

&

>
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L]

g

Rys. 58.7. Zlacze 4-stykowe zasila-
nia stacji dyskietek Floppy 4-pin

Rys. 58.8. Zlacze 5-stykowe zasilania SATA

SATA to zlgcze zasilaczy ATX. Jest ono uzywane do zasilania urzadzen wyposazonYCh
w pelny interfejs SATA. W sktad wiazki ztacza SATA wchodzi pig¢ przewodéw: z6tty (12 V),
czarny (masa), czerwony (5 V), czarny (masa), pomaranczowy (3,3 V).

+
|
|
|

pCle 6-pin to najnitodsze zlacze. Stuzy do zasilania kart .graﬁcznych w gr.lieidzie PQI
ress. Karty te wymagaja mocy do 150 W. Ze wzgle;dg na duze zapotrzebowame’ na energie
wiazka zasila nia PCle sklada sie z trzech 2z6ttych (12 V) i trzech czarmych Przewodow (masa).
EPS12V 8-pin to zlgcze serwerowe, wymagane przez norme dla zasﬂgczy serwe‘rovvy.ch
EPS12V v1.6. Stuzy ono do zasilania procesoréw w serwerach o wigkszej mocy obliczenio-

wej, Sklada si z czte rech z6ttych (12 V) i czterech czarnych przewodéw (masa).

artosci napie zasilajacych ' - -
g‘, tabeli 58.1 przedstawiono informacje na temat dozwolonych wartosci napigc dla kaz.d.e]
linii zasilajace]. Wartoéci te sa zgodne z obowigzujacym obecnie standardem w dziedzinie
konstrukcji zasilaczy.

Tabela 58.1. Dozwolone wartosci napie¢ zasilajacych

5V £10

silnikéw dyskéw twardych, napedéw

12 v, } £5 11,40 12,00 ¢ 12,60 i optycznych, kart graficznych PCle,
] ' wentylatoréw
[ ) procesoréw przez ztacza ATX12V 4 pin lub
12V, +5 11,40 12,00 1260 Eocioy 8 pin
Lj 3v0e %5 3,14 3,30 3,47 pamieci RAM, niektérych kart graficznych
F _ kart graficznych, elektroniki
5V = Sk B Sy dyskéw twardych, urzadzer USB
—- T
-2V +10 10,80 -12,00 -13,20
1 urzadzeri USB, umozliwia
> Vs & H75 >:00 e uruchomienie komputera
| -450 | -5,00 -5,50 kart ISA

M Przy obcigzeniu szczytowym norma ATX dopuszcza 10% odchylenia dla linii 12 V1, czyli s3 dozwo-

@ Przy obcigzeniu szczytowym minimalne napiecie dla linii 12 V2 musi by¢ wigksze niz 11,0 V.
B Tolerancja napiecia 3.3 V jest wymagana dla gléwnego zlacza ATX oraz zhaczy SATA (jedli sg
uzywane).

W Linia -5 V zostala usunieta w normie ATX12V v2.0, gdyz nie ma zastosowania w nowoczesnych
komputerach (korzystaly z niej kiedys karty na zlaczach ISA). Wigkszos¢ piyt gléwnych nie rozpo-
Zidje poprawnie warto$ci tego napiecia.

|, Sprawdz, jakie wtyczki zasilania ma dostepny zasilacz komputerowy.

i

I Co to jest zasilacz?

& Jakie s3 rodzaje zasilaczy?

% Jakie zlacza stosuje sie w zasilaczach komputerowych?

4. Jakie sg podstawowe napiecia w zasilaczach komputerowych?

‘ lone napigcia 10,80-13,20 V,

.| Tolerancja | Minimum ) Normalne | Maksimum Linia pzeznaczona do zasilania
V] v i
]
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Pobér mocy
podzespotéw komputera
— dobér zasilacza

. | , J

ZAGADNIENIA

# Moc pobierana przez podstawowe elementy komputera
® Dobér zasilacza do parametréw komputera

Pobér mocy podstawowych elementéw komputera

Kazdy z elementéw komputera pobiera okreglona moc, ktérg nalezy obliczy¢, zanim wy-

bierze si¢ zasilacz. Ponizej przedstawiono §rednia moc pobierang przez przykladowe urzy-
dzenia jednostki komputerowej.

Podstawowe urzadzenia jednostki komputerowej

o plyta gléwna: 35 W,

e pamie¢ RAM: 15 W,

o dysk twardy: 25 W,

e naped optyczny: 30 W,

e procesor: 65-125 W (w zaleznodci od typu),

e karta graficzna: 70-300 W (w zaleznosci od typu).

Pozostate urzadzenia komputerowe

monitor CRT: ok. 400 W,

monitor LCD: ok. 60 W,

drukarka atramentowa: ok. 25 W,

drukarka laserowa: ok. 500 W,

urzgdzenie wielofunkcyjne atramentowe: ok. 35 W (bez uzycia skanera),
urzadzenie wielofunkcyjne laserowe: ok. 600 W (bez uzycia skanera)
skaner: ok. 200 W (podczas skanowania)
router: ok. 10 W,

’

’

Jak wida¢, najwicksza rozbieznos¢ pobieranej mocy wystepuje w przypadku proceso-
16w i kart graficznych. Wynika to z réznic miedzy modelami. Modele podstawowe pobie-
rajg moc z przedziatu nizszego, a modele wyzsze — z przedziatu maksymalnego, np.
procesory energooszczedne i modele nizsze: ok. 65W,
procesory §redniego szczebla: 90-100 W,
procesory najbardziej wydajne: ok. 125 W,
podstawowe karty graficzne: 70 W,
standardowe karty graficzne: 120 W,
najwydajniejsze karty graficzne: 300 W.

|

eria wyboru zasilacza | | o
Krthyborze zasilacza nie nalezy kierowa¢ sig tylko jego moca. N1e0dp0W}edn1 zasil.ac.z
Prz},’e spowodowa¢ duze szkody w komputerze. Waznym elementem w zasﬂaczg s3 mll}e
rn05 oraz obciazenie na tych liniach, a takze PFC (power factor correction — kore.kc]a WSpO};
E nika mocy). Wedlug przepiséw PFC musi by¢ montowana we wszystklch_ nowl);c
CZyﬁaczach. Warto tez zwréci¢ uwage na poziom hatasu generowanego przez zasilacz. Do-
]Z;ie jest zaopatrzy¢ sie w zasilacz z wentylatorem 12 cm zamiast 8 cm. Im wiekszy wenty-

olniej pracuje, czyli generuje mniej hatasu. . . ' .
latfi\lf;lifzfzf; ‘;rzede] \E\)fszys]ckim pamieta¢, aby nie dobiera¢ zasilacza idealnie d(? mocy, ]a}kq
pobiera komputer. Kazdy zasilacz powinien miec pewien ,zapas” mocy, gdyz W przeciw-

i i i ° ich mozliwosci.

razie bedzie pracowal na niemal 100% swoic
nyrrx’lrzyklad; mocy wspétczesnych zasilaczy: 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750,

1000, 1200 W. o . . -
85%Viele wsp6lczesnych zasilaczy ma odlaczane przewody zasﬂa!qcc.e, mozemy w1§;1c.ko
rzysta¢ jedynie z tych, ktérych w danej chwili potrzebujemy. Dzieki temu oszczedzimy
miejsce wewnatrz jednostki centralnej.

Zasilacze z odtaczanymi przewodami | .
Niekt6rzy producenci zasilaczy wprowadzili na rynek r.nodele. z odpinanymi vslzty ami 212
silania. Rozwigzanie to umozliwia zaoszczedzenie miejsca W ]e.d.nostce centralnej, polg .
waz uzywamy jedynie wtykéw zasilania, ktérych w danej chwili potrzebujemy. Przykia
takiego zastosowania przedstawia rysunek 59.1.

Rys. 59.1. Zasilacz z od¥aczanymi wtykami zasilania
1-wtyki zasilania PCI Express, 2~ wiyki zasilania molex i S-ATA

Producenci zasilaczy komputerowych
Be Quiet

Chieftec

[-BOX

Modecom

Xilence

Tagan

0oCcz

Zalman
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!
H

PRZYKLAD 59.1.

i
i
|

Po obliczeniu mocy pobieranej przez nasz komputer uzyskaliémy 350 W. Powinni;
$my wiec wybrac zasilacz 0 mocy min. 400 W, a najlepiej 450 W, aby mie¢ zapas mocy,
Jezeli jednak planujemy w najblizszym czasie zmieni¢ gtéwne podzespoty kompu:
tera, np. procesor lub karte graficzna, trzeba od razu przemysle¢ zakup zasilacza
o duzo wigkszej mocy.

Sprawdz, jakie jest natezenie pradu przy napieciu +12 Vi +5 V w dostepnym zasilaczy
Skorzystaj z internetu i odszukaj zasilacze o mocy powyzej 500 W z odtaczanymi prze:
wodami. Zwré¢ uwage na producentéw i tabliczki znamionowe tych zasilaczy.

Okresl podzespoty swojego komputera i postaraj sie wyliczy¢, jakg pobieraja moc.

\WD/Z SwWU

Jaka moc pobierajg podstawowe elementy komputera?
Jakich znasz producentéw zasilaczy?
Jak nalezy dobiera¢ zasilacz do komputera?

ZAGADNIENIA
u Rodzaje chtodzenia komputera

Chiodzenie

Wspétczesne komputery wydzielaja duze iloéci ciepla, wymagaja wiec intensywnego
chtodzenia. Zatrzymanie pracy chtodzenia lub jego brak w uktadach, w ktérych byto ono
przewidziane, moze spowodowac ich uszkodzenie na skutek przegrzania.

Rodzaje chtodzenia
s Chlodzenie aktywne:
~ wentylatory;
— chlodzenie wodne.
e Chlodzenie pasywne:
— radiator;
— heat pipe.

Chlodzenie aktywne

Chlodzenie aktywne polega na tym, ze wentylator wymusza ruch powietrza w poblizu po-
wierzchni, na ktérej jest zamontowany, przez co zwigksza odprowadzanie ciepta. W star-
szych uktadach plyt gléwnych wentylator obraca sie ze stala predkoscig. W nowszych
predkos¢ obrotowa wentylatora moze by¢ regulowana, wentylator moze si¢ tez wylaczal.

Rys. 60.1. Wentylator

Chtodzenie wodne g
Chlodzenie wodne polega na chlodzeniu elementéw mechanicznych lub elektronicznych |
przy uzyciu ukladu, w ktérym znajduje sie specjalny ptyn chiodniczy. System chtodzenia
wodnego, niezaleznie od miejsca zastosowania, sklada si¢ zawsze z nastepujacych ele-
mentéw:

|
|
|
|

!
|
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blokéw chtodzgcych — wymiennikéw ciepta;

chiodnicy, ktéra réwniez jest wymiennikiem ciepla;

pompy, ktéra wymusza kontrolowany obieg ptynu;

zbiornika wyréwnujacego;

ukfadu rur, ktére tacza ze soba pompe, bloki chlodzace, chtodnice i zbiornik wyrgy,.
nawczy.

Chiodzenie pasywne

Chlodzenie pasywne (bez uzycia wentylatoréw) nie jest czesto spotykane. Stosowanie tej
metody w komputerach nie sprawdza sie ze wzgledu na jej stosunkowo niska wydajnog¢,
Coraz czesciej zdarzaja si¢ jednak konstrukcje umozliwiajace chlodzenie pasywne niektg.

rych komponent6w komputera. Chlodzenie pasywne odbywa sie przy uzyciu radiatora lyl,
specjalnej rurki zwanej heat pipe. '

— e Y m w ww

=W Y —

Rys. 60.2. Radiator - Rys. 60.3. Heat pipe na karcie graficznej

Radiator jest elementem o duzej powierzchni, wykonanym z materiatu dobrze prze-
wodzacego ciepo (metalu). Moze fatwo odbiera¢ cieplo, np. z procesora, i oddawac je do
otaczajacego powietrza (rys. 60.2).

Heat pipe to rurka, ktéra po odpompowaniu powietrza wypehiono niewielks ilocig
ptynu. Plyn przy nieznacznym podgrzaniu absorbuje cieplo, zamienia sie w pare i unosi
do drugiego korica rurki, dzieki czemu doskonale odprowadza cieplo. Rurki takie s3 stoso-
wane zazwyczaj w systemach chtodzenia kart graficznych (rys. 60.3).

Do procesoréw z ostatnich serii lub Black Edition sg dolgczane zazwyczaj chlodzenia

aktywne z systemem heat pipe w celu polepszenia chtodzenia. Na rysunku 60.4 przedsta-
wiono wlasnie takie rozwigzanie.

Rys. 60.4. Polgczenie w radiatorze chlodzenia aktywnego i heat pipe

G

1. Sk

j komputera: procesor ikarta graficzna.
maja chtodzone elementy dostgpnego : ta na.
7 gl];rfjgcz procesor i karte graficzng programem testujacym. Sprawdz, jak zmienia sig

orzystaj z programu do diagnostyki komputera, np. Everest, i sprawdz, jaka tempera-

temperatura poszczegélnych podzespoléw komputera.

1. Jakie znasz rodzaje chtodzenia?

' ine?
9. Co to jest heat pipe: . .
3. 7 jakich elementéw sklada sig chlodzenie wodne?




F 15. Urzadzenia .
[ peryferyjne j

# Transmisja danych oraz interfejsy COM i LPT
# Interfejsy USB
+ Interfejs FireWire i interfejsy bezprzewodowe
I « Klawiatury i urzadzenia wskazujace
' Drukarki igtowe

» Drukarki atramentowe i sublimacyjne

» Drukarki laserowe (|

Drukarki termiczne i termotransferowe

= Drukarki 3D |

= Skanery

= Urzadzenia wielofunkcyjne

" Plotery
' Aparaty cyfrowe
| Kamery cyfrowe
Urzadzenia do monitoringu
" Systemy gtosnikéw '
Monitory CRT ;
= Monitory LCD
| Wyswietlacze plazmowe i OLED
v » Projektory multimedialne

! * Materiaty eksploatacyjne do drukarek
' Konserwacja urzadzei peryferyjnych




1

Transmisja danych oraz
" interfejsy COM i LPT

Rodzaje transmisji danych
Interfejsy urzadzen peryferyjnych
Parametry interfejséw peryferyjnych

terfeisemn nazywa sie urzadzenie stuzace do potaczenia dwéch innych urzadzen w spo-
séb-umozliwiajacy transmisje danych miedzy nimi. Laczy on z ptyla gtéwng urzadzenia

zewnetrzne, takie jak klawiatura, mysz, drukarka czy monitor.

Transmisja danych
Transmisja danych miedzy urzadzeniami moze si¢ odbywac na rézne sposoby.

ey

_szeregowa — bity informacji sa przesylane kolejno, bit po bicie,
s _réwnolegla — jednoczesnie jest przesylany caty bajt, a potem kolejny,
»_synchroniczna — informacje sa przesylane w jednakowych odstepach czasu,

. 03 . S
»_asynchroniczna — informacje sa przesvlane w dowolnych odstepacii czasu, przy czym
poczatek i koniec przesytanych danych oznacza si¢ w specjalny sposéb.

Transmisja szeregowa

Przy transmisji szeregowej do wysylania danych jest wymagany co najmniej jeden prze-
wéd, poniewaz wysylanie nastepuje bit po bicie. Jednak w takim wypadku odbiorca nie
méghby wysyla¢ danych do nadawcy, dopéki ten nadaje. Ulepszeniem transmisji jest wpro-
wadzenie drugiego przewodu. "

| e

Transmisja

szeregowa ”-/

Transmisja réwnolegta
Dane e firzesytane s3 w porcjach po 8, 16, 32 hﬂa 64 bity, czyli wielokrotnosci bajtow.

& Transmisja j
> réwnolegla

‘r:____.J

Transmisja synchroniczna
przesytaniem danych zarzadza sygnat sterujacy.

JUduuyL

Dane | Dane Dane Dane Dane Dane

RyS Transmisja synchroniczna

Sygnat sterujgcy

[Transmisja asynchroniczna
Wada tego rozwiazania jest koniecznos¢ robienia odstepéw pomigdzy wysytanymi danymi.
L Odstepy te musza by¢ oznaczane jako start i stop.

Bit Bit Bit Dane Bit Bit Dane Bit
startu stopu startu stopu startu stopu

Ry: Transmisja asynchroniczna

» _COM (RS-232C) - szeregowy;
» LPT (IEEE 1284 / Centronics) —réwnolegly;
s LISB — szeregowy;
» FireWire (IEEE 1394) — szeregowy;
IrDA — bezprzewodowy;

Bluetooth — bezprzewodowy.
Interfejs COM (RS-232C)

Zlacze oznaczone na tylnej $ciance obudowy komputera jako COM to zlcze inter-
fejsu szeregowego RS-232C. Standard RS-232 zaprojektowano w 1962 roku w wersji
25-stykowej (DB-25S). Takie zlgcza byly montowane w starszych komputerach z pty-
ta gléwng AT. Obecnie wykorzystuje sie¢ mniejszg, 9-stykowa wersje ztacza (DB-9).
Przesyla sie nim: dwa sygnaly danych, dwa sygnaty sterujace urzadzeniem zewnetrznym
oraz cztery sygnaty kontrolne (odbierane od urzadzenia) i jedna mase.

» Szybko$¢ przesytania danych: do 1 Mby/s.

¢ Dtlugosc kabla: do 15 m. '

Liczba urzadzen do podiaczenia: 1.

* Liczba komputeréw do podlaczenia: 1.

* Mozliwoé¢ podiaczenia: myszy, modemu, sprzetu diagnostycznego.

Na rysunku 61.5 pokazano interfejs COM w wersji 9-stykowej i 25-stykowej.




a) DB-95 DB- 255

0JoLeX0J6)] 00RO LEOLOR®
OO0 BRROBOOORBBB

Ztacze COM (RS-232C)
@00 BROOOBOEO@OGO m — meskie (do komputera), % — zefiski
eeoR ©00000080000 (dourdezenia) P ' riskg

Interfejs LPT (IEEE 1284 | Centronics)

LPT jest ziaczem interfejsu réwnoleglego, opisanego standardem IEEE 1284. Opracowano
go w 1994 roku jako 25-stykowy port réwnolegly, wykorzystywany przede wszystkim do
podiaczenia urzadzen peryferyjnych: drukarki, skanera, plotera. Zapewnia wsteczng kom.-
patybilno$¢ z uzywanym od lat siedemdziesiatych XX wieku jednokierunkowym zlgczem
Centronics, ktére dotgd stanowilo standard ztacza réwnolegtego do przesylania informacj
z komputera do drukarki.

Wtyczki kabla LPT

m — meskie (do komputera), 2 — zeniskie (do urzadzenia)

. b)
R,

Gniazda kabla LPT: a) w komputerze, b) w urzadzeniu

Parametry interfejsu LPT

» Szybko$¢ przesytania danych: do 3 MB/s.
. Dhugoé¢ kabla: 2 m w wykonaniu standardowym bez skrecania przewodéw sygnalo-
wych z masa.
Liczba urzadzen do podlaczenia: 64.
Liczba komputeréw do podlaczenia: 1.
» Mozliwoéc podlaczenia: drukarki, skanera, plotera.
Tryby pracy interfejsu IEEE 1284:
» SPP - standardowy port réwnolegly do 50 KB/s.
s EPP — rozszerzony port réwnolegty do 3 MB/s.
» ECP - rozszerzona zdolnog¢ portu do 3 MB/s.

Jakie znasz rodzaje transmis;ji?
Jakie parametry ma interfejs RS-232?
Ile urzadzer mozna podlaczy¢ do interfejsu LPT?

11

Interfejsy USB

ZAL

# Rodzaje interfejsu USB

u Jak jest zbudowany interfejs USB?
@ Parametry interfejsu USB

Wprowadzeme

Przypomnienie wiadomosci na temat interfejséw komputera:
s Jakie sg rodzaje transmisji danych?
» Jakie znasz rodzaje interfejséw?

Interfejs USB

Int_elfﬂs__U_SE_(_a__g__Mfmwrsal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa) jest odmia- |
ng sprzgtowego 7hacza komunikacyjnego komputeréw. Mozna nim zastapic stare zlacza
szeregowe i réwnolegte. Zlacze USB jest uniwersalne i mozna je wykorzysta¢ do podtacze-
nia do komputera wielu réznych urzadzen zewnetrznych, np. Klawiatury, drukarki, skane-
ra, pamieci przeno$nej, kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komorkowego
Urzadzenia padiaczane w ten sposéb sa automatycznie wykrywane irozpoznawane przez
system..Dlatego instalacja sterownikéw i konfiguracia odbywaja sie w duzym stogmu au-
tomatycznie. Mozliwe jest takze podiaczanie i odlaczanie urzadzeri bez koniecznosci wy-
taczania czy ponownego uruchamiania komputera.

r

» Standardy:
— 1.0 -5 Mb/s, dtugoéé kabla; do 3.m;

- 1.1-12 Mb/s, dtugo§¢ kabla: do5-ma;
0 — 480 Mb/s, dtu do 5 m;

w .
= 3.0 4800 MbJs, dhugos¢ kabla: do 5 m; [ i~ \mwdu‘p 34 Gund )
1 .
¢ Liczba urzadzeri do podtaczenia: 127, { G ®
* Liczba komputeréw do podlaczenia: 1;
* Mozliwo$¢ podigczenia wiekszosci obecnie produkowanych urzadzen.
Na rysunku 62.1 przedstawiono budowe kabla USB w standardzie 2.0.

( —

. - _ —— Za.,st:qmu;g‘ 2
}r/ z \ Y
><] N T~ D PATA- ) '
A TN 4D ATA + } ey, 49«30-

N G = GND

R Waya
¥5. 621 Budowa kabla USB 2.0




Interfejs USB oznacza sig symbolem pokazanym na rysunku 62.3.
Na rysunkach 62.2, 62.41 62.5 przedstawiono rézne wtyki, natomiast na rysunku 62.6 —
gniazdo interfejsu USB 2.0.

>

Wiyczki kabla USB: a) wtyk typu A (do komputera), Symbol ztacza USB
b) wtyk typu B{do Titzadzenia)
Wtyk typu USB mikro Wiyk typu USB mini

Gniazda USB: a) w komputerze, b) w urzadzeniu

Budowa przewodu USB 3.0

Para sygnatowa D , +D

/ Zasilanie +5V,
;’ GND

Para synatowa SDP

Na rysunkach ponizej przedstawiono rézne gniazda i wtyki interfejsu USB 3.0

~ A

Budowa wtyku USB 3.0 typu B
(1, 2 oraz 4, 5 — pary sygnatowe SDP, 3 - GND)

Interfejs USB 3.0 micro-B: a) w urzadzeniu, b ) wtyk

Interfejs USB 3.1

Coo)

a) Budowa USB typu C, b) USB typu C w iirzadzeniu
Obciazenie portéw USB

Kazdy port USB ma swoje obcigzenie, po ktérego przekroczeniu urzadzenia przestajg by¢
wykeywane. Dla USB 1.11 2.0 obcigzenie wynos mA, adla USB 3.0 —az 900 mA.

W plytach gléwnych producenci zaczeli réwniez stosowaé porty USB 2.0 o wiekszym
obcigzeniu, np. do ladowania urzadzen przez USB.

T — —
|
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Wewnetrzne kontrolery USB: a) kontroler PCMCIA do laptopa, b) kontroler PCI do kom-

Kontrolery USB zewnetrzne

Aby kontroler USB mégt obstuzy¢ wiecej niz jedno urzadzenie, nalezy do niego podtaczy¢
hub USB. Trzeba jednak pamieta¢, ze wiekszo$¢ hubéw jest pasywna. Oznacza to, ze ob- |
cigzenie catego huba to obcigzenie portu USB, czyli standardowo 500 mA dla USB 2.0.

Aby hub mégt obstuzy¢ urzadzenia z wiekszym obciazeniem, nalezy zastosowaé do Rys Ziacze eSATA
niego, zasilacz, ktéry zwigkszy jego obcigzenie, np. do 2 A.

/' putera PC
Obciazenie portéw USB / SATA o przepustowosci 3 Gb/s. Stuzy do
Kolor czarny — .0 — obcigZenie 50 Zlacze eSATA (rys. 62.15) to zewnetrzny port 0 przepusto
olor y — USB 2.0 — obcigzenie 500 mA q T P : by¢ montowane wewnatrz
Kolor czerwony ~ USB 2.0 - obcigzenie 1500 mA podaczania zewnetrznych pamigci masquch, ktére nie musza by
: Kolor niebieski — USB 3.0 — obcigzenie 900 mA Kompuira, a osiagaja predkos¢ doréwnujaca SATA3.
|
: Kontrolery USB
Wyrézni wa rodzaje ko 6w USB:
r—Zewhetzne,
1 wewnetrzne.
|
|

- Jakie znasz rodzaje interfejsu USB? .

v 2. Czym rézni si¢ w budowie USB 2.01 3.0?
S : 5

N‘ Z jaka szybkogcig dziataja interfejsy USB:

UsB 2.0HUB

4-portowy pasywny hub USB !

Kontrolery USB wewnetrzne

| Zdarza sig, ze komputer obstuguje USB w starym standardzie, np. 1.1, a chcieliby§my ko-
| rzysta¢ z urzadzent o wigkszej predkosci. Nalezy wtedy podlaczy¢ kontroler USB np. do
gniazda PCI na ptycie gléwnej. Jezeli jednak laptop nie ma szybkiego kontrolera USB, i
mozemy zastosowac kontroler do gniazda PCMCIA. Jednoczesnie zwiekszy on liczbe por-
téw w laptopie.




|
o~ | Interfejs FireWire
i interfejsy

/=’  bezprzewodowe

# Interfejsy bezprzewodowe
« Dziatanie interfejséw bezprzewodowych
Parametry wspdfczesnych interfejséw bezprzewodowych

-

Interfejs FireWire (IEEE 1394) ( Oy” acogk Aa?(f‘QL )
FireWire jest zkaczem szeregowym opisanym standardem IEEE 1394. Jest to interfejs ogél-
nego przeznaczenia. Stuzy przede wszystkim do podtaczania urzadzen multimedialnych,
a ze wzgledu na czeste zastosowanie w kamerach jest kojarzony glownie z kamerami cy-
frowymi. Obecnie bardzo popularne stato si¢ uzywanie FireWire w profesjonalnych kar-
tach dzwiekowych i mikserach, ktére wykorzystuja jego bardzo duze mozliwosci.

Istniejg dwa rodzaje kabla FireWire:

Kabel 6-zytowy (z dwoma przewodami zasilajacymi (3) 1 dwiema parami sygnatowymi

(1)1 (2)), do zfacza 6-stykowego (rys. 63.1a).

Kabel 4-zylowy bez zasilania i wykorzystujacy mniejsze wtyki (rys. 63.1b).

a) P 9 b) prew
/ @ \ ..\\\ &y ~ .// I/; \\
/ &/ A\ 3 0 e / \
& =, O] ( )
A 2 / \ o /
AL e O—_ o) /

" --// < ’ = \-_ __/'/

Przekr6j kabla FireWire: a) 6-zytowego, b) 4-zylowego

1, 2— pary sygnalowe, 3 — przewdd zasilajacy

Szybko$¢ przesytania danych: do 3200 Mb/s.

Dtugos¢ kabla: do 4,5 m. .

Liczba urzadzen do podlaczenia: 63.

Liczba komputeréw do podiaczenia: 63.

Mozliwo$¢ podiaczenia: kamer cyfrowych, kart muzycznych, mikseréw, przeno$nych
dyskéw twardych.

400 Mby/s;
800 Mb/s;
1600 Mb/s;

Interfejs FireWire oznacza sie symbolem pokazanym na rysunku 63.4. Na rysunku 63.2 |
pokazano wtyki, natomiast na rysunku 63.3 — gniazda interfejsu FireWire.

a) b)
- |

b/ Za 5LQ«WA:°\-

R Wiyczki kabla FireWire: a) 4-stvkowe, b) G-stylcowe |
Wiyczci kaba f :

,,O‘ |

Ztacze FireWire: a) 4-stykowe, b) 6-stykowe Symbol zlgcza FireWire
e

{

7darza sie, ze komputer nie ma dostepnych gniazd FireWire. Nalezy wtedy podtaczy¢ ;
kontroler FireWire np. do gniazda PCI (rys. 63.5). !
!

h Y DV Luak |
Gdink

Kontroler FireWire na PCI

Interfejs IrDA
Interfejs IrDA (ang. Infrared Data Association) stuzy do przesylania danych za pomoca
&wiatta podczerwonego

. Obecnie standard IrDA jest stosowany gléwnie w komputerach
przenosnych, telefonach komérkowych, a takze niektérych modelach komputeréw osobi-
stych, drukarek i aparatéw cyfrowych.

P

Standardy: , |
~ SIR (ang. Serial Infrared) — szybko§¢ przesytania danych: do 115 Kb/s.
~ FIR (ang. Fast Infrared) — szybkos¢ przesytania danych: do 4 Mb/s..
Zasieg do ok. 3 m (urzadzenia musza si¢ ,widzie¢”, kat do. 30°).

Liczba urzadzen do podiaczenia: 2.
Liczba komputeréw do podlaczenia: 2. 5=
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63 INTERFIJS FIREWIRE I INTERFE]JSY BEZPRZEWODOWE

- e ) SN — i
uss Bluetooth
i Stuchawka
e Bluetooth . Bluetooth
'| Paimiop = koE?E)n Drukarka ] > Laptop
K. rkowy o z R
& @ A & a2
i . Bluetooth
i Interfejs . @m® ysgs W » _. Bluetooth
1 DA Bluetooth &% X ) - Aparat
| - L 2 Komputer F % ] fotograficzny
(_; mini ' ' Kamero;: : : Laptop -
! t AL NERs FIR USE IoA_g ) cyfrowa b Bluetooth Bluetooth
| i Palmtop Telefon
Odtwarzacz MP3 komérkowy
; . i . R Mozliwosci potgczen za pomoca \ Symbol ztacza Bluetooth
| : Karta interfejsu (adapter) [rDA ’ : Mozliwos$ci polgczen za pomocy interfejsu Bluetooth
interfejsu IrDA -
|
Interfejs Bluetooth : PRAWDZ SWOIJE U]

Interfejs Bluetooth jest standardem opartym na specyfikacji IEEE 802.15.1. To technolo-
t gia bezprzewodowej komunikacji miedzy réznymi urzadzeniami elektronicznymi, takimi.

jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop czy telefon komérkowy. W zaleznosci od mocy
urzadzenia zasieg waha sie od okolo 10 m na otwartym terenie do nawet 200 m przy uzy-
ciu fal radiowych w pasmie ISM 2,4 GHz. Urzadzenie umozliwiajagce wykorzystanie tej
technologii to adapter Bluetooth.

(O Za pomoc dostepnych interfejséw: COM, LPT, USB lub FireWire potacz dwa kompu-
" tery w celu przesylania migedzy nimi informacji.
Skorzystaj z instrukcji obstugi ptyty gtéwnej. Sprawdz, jak nalezy podtaczy¢ dodatkowe
gniazda USB i / lub FireWire do kontrolera na ptycie. '

Standardy: ' Jakie znasz interfejsy bezprzewodowe?
1.0 - szybko$¢ przesylania danych: do 21 Kb/s; 0 2. Ile urzadzer mozna podigczy¢ do tych interfejséw?
1.1 - szybko$¢ przesylania danych: do 124 Kb/s; \}!\/ 5 b /; Z jaka szybkoscia dzialaja interfejsy bezprzewodowe? :
1.2 — szybkos¢ przesylania danych: do 328 Kb/s; L 00 4 O‘A : |
2.0 — szybko$¢ przesylania danych: do 3,1 Mb/s; @wb |

3.0 - szybko$¢ przesylania danych: do 24 Mb/s;

3.1 — szybko$é¢ przesytania danych: do 40 Mb/s.

4.0 LE (low energy) — do 1 Mb/s zwiekszono realny zasieg do 100 m.

4.1 - klasyczny do urzadzei zawierajacych w sobie komputer.

4.2 — szybszy transfer, wigksze bezpieczetistwo, latwe nawigzywanie tacznosci z urza-
dzeniami——

| ( Zasieg: do 100 m.)
Liczba urzadzen do podlaczenia: 255.

Mozliwos¢ podlaczenia: telefonu, palmtopa, komputera.

Bluetootny’
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Klawiatury i urzadzenia
'wskazujace

Definicja urzadzenia peryferyjnego
Rodzaje urzadzen wskazujacych
Mozliwoéci urzadzen wskazujacych

to rodzaj urzadzenia zewnetrznego, dolaczanego do komputera
najczedciej za posrednictwem ukladéw wejscia—wyjscia. Stuzy do komunikacji komputera
ze $wiatem zewnetrznym (uzytkownikiem). Wéréd urzadzen peryferyjnych znajduja sig
urzadzenia stuzace:
tylko do wprowadzania danych do komputera (np. mysz, klawiatura, skaner);
tylko do wyprowadzania danych z komputera (np. drukarka, monitor);
do wprowadzania i wyprowadzania danych (np. pendrive, dysk twardy, modem, faks).

Urzadzenia peryfer};jne wejécia:
mysz,
klawiatura,
skaner,
= tablet,
tuner TV.

Urzadzenia peryferyjne wyjscia:
» drukarka,
¢ monitor,
¢ ploter,
streamer,
glogniki.
Urzadzenie peryferyjne wej$cia-wyjscia:
» urzadzenie wielofunkcyjne,
» modem zewnetrzny.

Klawiatury

Klawiatura komputerowa (ang. keyboard) to zestaw uporzadkowanych klawiszy stuzacy do
wprowadzania danych lub sterowania urzadzeniami. Kazdyklawisz ma przypisana pare
sygnaléw, po jego naciénieciu sygnat jest wysytany do komputera. Standardowy uktad kla-
wiatury to QWERTY (pierwsze litery w lewym gérnym rogu), rzadziej spotyka si¢ ukdad
QWERTZ (klawiatury niemieckie).

Kazda klawiatura zawiera klawisze réznego typu:

o Cyfrowe: 0-9.
» Alfabetyczne (a, b, citd.).

Znaki specjalne, np. @, %, $, &, *.
Funkcyjne: F1-F12.
Definiowane przez uzytkownika.

Coraz czesciej w klawiatury komputerowe wbudowuje si¢ dodatkowe elementy sterujace:
Dodatkowe przyciski, pokretta, suwaki.

Kontrolne diody $wiecace.

Czytniki kart pamieci, porty USB.

Gniazda do zestawu stuchawkowego.

Dodatkowe opcje dla graczy, np. wy$wietlacze LCD.

Rys. Przyktad klawiatury komputerowej

Od pewnego czasu na rynku sa dostepne klawiatury bezprzewodowe. Do komunika-

Gji z komputerem wykorzystuje sie w nich podczerwieri oraz fale radiowe (moga to by¢
odlegto$ci dochodzace do ok. 5 m). Najnowsza metods jest faczenie klawiatur za pomocg

standardl_l ]ihﬁtt(:)ot}}_._, ( toe IL?JJL \}CLJ.Low(,)

Interfejsy klawiatur:

« PS/2,

» USB,

o podczerwien,
e Bluetooth,

» fale radiowe.

Urzadzenia wskazujace

Urzadzenie wskazujace (ang. pointing device) jest urzadzeniem wejscia—wyjécia kompute-
ra. Stuzy do wprowadzania danych do komputera przez wykonywanie fizycznych ruchéw
wskazywania, klikania i przeciggania. Przykladem urzadzenia wskazujacego jest mysz.
Ruchy urzgdzenia wskazujacego s odzwierciedlane na ekranie monitora za pomocg ru-
chéw wskaznika (kursora) myszy lub innych zmian wizualnych.

Rodzaje

* mysz komputerowa,
¢ trackball,
& pidro $wietlne,

i




s touchpad,

» tablet z rysikiem,
dzojstik,

» ekran dotykowy.

Mysz komputerowa

Mysz komputerowa to urzadzenie umozliwiajace poruszanie kursorem na ekranie moni-
tora oraz wykonywanie polecen wskazywanych za jej pomocg. Zmiana potozenia wzgle-
dem ptaskiego podloza jest odczytywana i zamieniana na sygnal cyfrowy, wysylany do
komputera. Mysz jest wyposazona standardowo w dwa przyciski funkcyjne oraz kétko do
przewijania. Obecnie istnieja dwa mechanizmy przekladania ruchu na sygnaly elektrycz-
ne: mechaniczno-optyczny i optyczny. Stad rodzaje myszy: kulkowa (mechaniczno-optycz-
na) i optyczna (z dioda LED lub diodg laserowa). Najwazniejszym parametrem myszy jest
jej rozdzielczos¢, wyrazona w dpi, np. 800 dpi (transmituje potozenie 800 razy na kazdy
cal przemieszczenia). Im wieksza rozdzielczo$¢ myszy, tym jest ona doktadniejsza i tym
mniej trzeba nig poruszaé, aby zmienilo sie polozenie kursora. Spotyka sig¢ réwniez mysz-
ki bezprzewodowe: radiowe i Bluetooth. Istnieja myszy podlaczane do komputera kablem
przez interfejs PS/2 lub USB oraz bezprzewodowe (np. Bluetooth).

a)

.. Budowa myszy: a) sterowanej kulka, b) optycznej

Mysz komputerowa

Trackball

Trackball (manipulator kulkowy), podobnie jak mysz, stuzy do sterowania kursoren
na ekranie. W przeciwieristwie do myszy, trackball pozostaje nieruchomy w czasie
pracy, porusza si¢ jedynie zamontowana w nim kula. Trackball w komputerach prze-
no$nych bywa zamontowany pod najnizszym rzedem klawiszy klawiatury. Moze tez
by¢ oddzielnym urzgdzeniem (rys. 64.4). Wystepuja dwa typy tych urzadzen: trackball
optyczny i mechaniczno-optyczny.

Rvs i Trackball jako oddzielne urzadzenie i

Piéro $wietlne

piéro $wietlne to kolejne urzadzenie wskazujace.
Przypomina ksztattem dtugopis. We wskazujace]
koficéwee piéra znajduje sie element §wiattoczuly.
Dotykanie nim ekranu monitora powoduje przesta-
nie sygnalu umozliwiajacego zlokalizowanie przez
komputer wskazanego punktu. Piéra $wietlnego
mozna uzywac jedynie z monitorami CRT. ponie-
waz jego dzialanie jest oparte na dziafaniu tego mo-
_nitora. Urzadzenie okazuje si¢ przydate w pracy
2 programani graficznymi, gdyz mozna nim Tyso- Pi6ro wietlne
wac na ekranie. e ———

Touchpad

Touchpad to urzadzenie wskazujace w postaci panelu dotykowego. W laptopach czesto za-
stepuje mysz. Zasada jego dziatania jest oparta na wyczuwaniu pojemnosci elektrycznej
palca. Dlatego nie reaguje on na dotykanie otéwkiem ani dlonia w rekawiczce. Zmiana
potozenia palca w pionie i w poziomie jest odczytywana dzigki czujnikom pojemnosci.

Touchpad

Trackpoint

Jest urzadzeniem stosowanym zazwyczaj w laptopach IBM Lenovo. Za jego pomocg ste-
rujemy kursorem na ekranie. Trackpoint umozliwia sterowanie kursorem bez odrywania
13k od klawiatury, poniewaz znajduje sie na jej srodku.

i e et e e e e o e e e e e e e ,*_;i, L
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Tablet

—
Tablet to urzadzenie wskazujgce, ktére stuzy gléwnie do tworzenia grafiki na komputerze,

Moze jednak zastepowac w pelni mysz komputerowa. Sklada sie ze specjalnej podktadki
oraz wskaznika — rysika (podobnego do dtugopisu). Podkladka jest wrazliwa nie tylko na
_ dotyk, lecz takze na stopieni nacisku. Bardmgi__jozormzema I_CJ_&U‘UM
chxlenle i obrét 1\»511(3_1__01(0[ wiasnej osi i wzglqmwwrzchm tabletu). Odwzorowujy

ten ruch, aby np. imitowa¢ smuge farby naktadang pedzlem.

Obszar roboczy, np. 300 x 180 mm:
» Rozdzielczoéd, np. 4000 dpi.
» Liczba pozioméw nacisku, np. 1024.
» Dokladnog¢, np. 0,5 mm.
» Wysoko$¢ odczytu, np. 10 mm. ~

Tablet

Dzojstik

Dzojstik (joystick) to urzadzenie wejSciowe uzywane szcze-
golnie w grach komputerowych. Stuzy do sterowania obiek-
tami na ekranie. Dzojstik jest zbudowany z podstawki,
w ktérej umieszcza sie manipulator w postaci drazka. Wy-
chylenie drazka powoduje reakcje sterowanego obiektu.

Dzojstiki stosuje sie gléwnie w symulatorach lotu, gdyz
przypominaja one swoja budows uklady sterowania $mi-
glowcéw i samolotéw. Dzojstiki zwykle sa wyposazone w kil-
ka dodatkowych przyciskéw, ktérym mozna przypisaé pewne
funkgje.

/
Dzojstik

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy (touchscreen) to jednoczesénie urzadzenie wyjsciowe i wejéciowe. Jak sama
nazwa wskazuje, jest ekranem, ktéry reaguje na dotyk. Ma zazwyczaj rozmiar zwykltych
wys$wietlaczy. Palcem lub za pomoca rysika mozna na takim ekranie pisa¢ lub uruchamia¢
programy (uderzenie odpowiada kliknieciu myszg). Stosuje sie go w palmtopach (PDA),
w telefonach komérkowych i urzadzeniach nawigacji GPS. Ekrany dotykowe maja takze
zastosowanie w komputerach przenognych.

Ekran dotykowy

[ %3

Co to jest urzadzenie peryferyjne?

]akie znasz urzadzenia peryferyjne wejscia, a jakie wyjscia?

3. Jakie znasz urzadzenia wskazujace?

Jakimi parametrami charakteryzujg si¢ urzadzenia peryferyjne?




Definicja drukarki
Rodzaje drukarek
Parametry drukarek

Drukarka jest urzadzeniem wyjsciowym stuzacym do przenoszenia tekstu i / lub obrazu
gléwnie na papier (cho¢ s tez drukarki drukujace np. na folii czy pi6tnie). Istniejg takze
drukarki, ktére mogg drukowa¢ bez podtaczenia do komputera. Drukujg np. zdjecia wy-
konane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podigczeniu go do drukarki lub wlozeniu
karty pamieci z zapisanymi zdjeciami do wbudowanego w drukarke gniazda).

%- iglowe,

| (9 atramentowe,

@ laserowe,
(% sublimacyjne.

(P:

]I
i

+ Rozdzielczos¢ w;fdruku (dpi).
Predko$¢ wydruku.
Interfejs.

» Wydajnosc.

Pamiec.

Formaty no§nikéw.

Rodzaj materiatéw eksploatacyjnych.

Drukarki igtowe

Kiedy$ najpopularniejsze byty drukarki igtowe (ang. dot-matrix printer, needle printer). S310_
drukarki mozaikowe, poniewaz drukowane litery sktadaja sie z kropek. Glowna jej zaleta
s3 niskie koszty eksploatacji i mozliwo$¢ drukowania kilku Kopii na papierze samokopiu-
jacym. Do dzi$ takie drukarki sg czgsto uzywane np. do druku faktur. [’W’
karki 9-, 18- lub 24-iglowe oraz jedno- lub wielogtowicowe.

Zasada dziatania drukarki igtowej

Budowe drukarki igtowej pokazano na rysunku 65.2. Na ruchomej glowicy znajduje si€ 2&-
sp6t tepo zakoriczonych igiet, kt6re uderzaja w nasaczong atramentem tagéme. Pod tasma
miesci sie gumowy watek, po kt6érym jest przewijany papier. Na kartce pozostaje plamka
tuszu odbita z tasmy. Skala szarosci na mﬁdmwsﬁ ' uderzenia i

W drukarkach kolorowych (24-iglowych) ta§ma z atramentem jest podzielona na trzy kolo-

- 761ty € iniebieski. Aby na kartce pozostata plamka danego koloru, glowice ude-
rzaja w kazdy pasek kolorowy z okreslong sita (im silniej, tym mocniejszy odcieni koloru).

Glowica z iglami porusza si¢ od lewej do prawej i uderza kolejno iglami. Gdy glowica
dojdzie do korica wiersza, papier jest przewijany do géry i nastgpuje drukowanie kolejnych
wierszy. Aby tasma zuzywala si¢ réwnomiernie, jest ona wraz z przesunieciem glowicy
przewijana wewngtrz pudelka z taéma. Pracg drukarki steruje jej mikroprocesor. Informa-
cje o drukowanym punkcie mikroprocesor przetwarza na impulsy sterujace magnesami
igiel i sama glowicg.

-_—

Rys Drukarka iglowa

Parame

» Interfejs: USB, LPT.

s Liczba igiel: 24.

Liczba kopii: 4 (oryginat + 3 kopie).
Predkos¢ druku: 390 znakéw na sekunde.
Rozdzielezod¢ 360 x 360. 5

Szeroko$¢ wydruku: 15 cali.
Zainstalowana pamiec: 64 KB.

Podawanie papieru: reczne, traktor tylny.
Glosnoéé: 54 dB.

* & & & 9 @& 0
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3.2 Budowa drukarki igtowej

Miejsce na kartrid z tasma, 2— glowica z igltami, 3 — gumowy walek

e




Mozliwosé¢ kopiowania.
Tania eksploatacja.
Druk na ,dtugim” papierze (papier perforowany samokopiujacy).

Niska jékoéé druku.
Powolna i glo$na praca.

Podtacz i zainstaluj drukarke iglowa. Wykonaj wydruk na zwyklym papierze (kartce A4).
Przelacz drukarke na wydruk z papieru perforowanego. Zamontuj papier w podajniku |
traktorowym i wykonaj wydruk. Zwr6¢ uwagg, jak glogna i wolna jest drukarka igtowa. !

Co to jest drukarka?

Jakie znasz rodzaje drukarek?

Jak dziata drukarka iglowa?

Jakie parametry ma drukarka iglowa?

~ (  Drukarki atramentowe
JL ) isublimacyjne

= Zasada dziatania drukarki atramentowej
#» Rodzaje drukarek atramentowych
» Parametry drukarek atramentowych

Drukarka atramentowa

Drukarka atramentowa (ang. ink-jet printer) to najpowszechniejsza drukarka do zasto-
sowari domowych. Drukuje, umieszczajac na papierze bardzo mate krople atramentu.
7 wigkszoéci drukarek atramentowych otrzymujemy wydruk kolorowy. Uzywajg one atra-

w czterech podstawowych kolorach w standardzie CMYK: Cyan, Magenta, Yellow
iBlack (cyjan — niebieski, purpura, 261ty i czarny). Oprécz podstawowych koloréw mozna
sggg_@v_elgiusze fotograflczne aby realniej odzwierciedla¢ barwy przy drukowaniu zdjec.

Zasadniczo mozna pod21e11c drukarki atramentowe ze wzgledu na rodzaj glowicy (ter-
miczna lub plezoelelxtv\ czna). Czes¢ drukarek zawiera zintegrowang z nimi glowice dru-
‘-__\_-‘__--
kujaca. Wymienia si¢ w nich jedynie pojemniki z tuszem (rys. 66.2a). Dodatkowo drukarki
te ma]q zazwyczaj rozdzielone tusze kolorowe na trzy odrebne. Pozostate drukarki-zawie-

towice drukujaca zintegrowang z kartridzem (ang. ink cartridge) . W tych drukarkach
tusze w trzech kolorach podstawowych sa w jednym kartridzu (rys. 66.2b).

L. Rys Drukarka atramentowa




| ] Zasada dziatania drukarki atramentowej
Na pocza,tku sterowmk drukarki t}umaczy zawartosé strony wy druku na szk Zrozumia.

papleru ak i te przeznaczone dla g‘}OWIC\ druku ace . W g}owmy niewielkie 1lodci atra.

j “fentu sg na mﬂ‘a milisekund podgrzewane do temperatury 300°C (glowice termiczne)
lub przxsuleszane za pomocq elementu piezoelektrycznego (glowice p piezoelektryczne).
Pojedyncze krople atramentu trafiajg na papier z prggkosc1cL_ko}o 100 km/h. Powsta.

1y wydruk jest mozaika ,klekséw” w czterech kolorach ktére dla ludzklexjo oka daja

zhudzenie ¢ odpowiedniej, jedniolite] barwy. Im mniejsze ,,kleksy (wicksza rozdzielczog¢
Wmﬁmwomona paleta barw, —Il?)‘ntury obiektéw, wyrds.
‘niejsze litery tekstu).

. Zalety drukarki atramentowej jest dobra jako$¢ druku, szybkos¢ i stosunkowo niska
cena. Do wad naleza: wysokie koszty eksploatacji i nietrwaty wydruk.

1] S

Budowa drukarki atramentowej: a) tusze i glowica drukujaca, b) kartridz ze zintegrowa-
i ng glowicg drukujgca = Y ] A
[
!

Interfejs: USB, Ethernet,

Maks. format noénika: A4.

Maks. predkosc¢ wydruku mono: 16 str./min.
i Maks. predkosc wydruku kolorowego: 12 str./min.
Rozdzielczo$¢: 4800x1200. 5740 » A4y®
Podajnik papieru: 100 kartek.
Zainstalowana pamie¢: 32 MB.

{ nadruk na CD, DVD;
' nadruk na kopertach;
] praca w sieci (opcja przy interfejsie LAN).

MEN 2]

prukarka sublimacyjna

rukarka sublimacyina stuzy gtéwnie do wydruku zdiec. Do przenoszenia barwnika na

Capier fotograficzny wykorzystuje ciepto. Barwnlk — nawiniety na przeZroczysta tasme
tréikolor z dodatkowy warstwa zabezpi jaca — jest podgrzewany i przechodzi do
postaa gazowe], osiadajac na papierze. Warstwy koloru s3 naktadane kolejno jedna po po dru-

giej: najpierw ta z kolorem z6ttym, jako druga z kolorem czerwonym, potem z niebieskim.
Na koricu nakladana jest warstwa zabezmeczan aca zdjecie. Czes¢ drukarek oprécz standar-
dowego interfejsu USB ma réwniez czytnik kart i szybki bki interfejs USB do bezposredmego
druku z karty lub aparatu cyfrowego. Materiat eksploatacyjny takich drukarek sklada si¢
2 kompletu ta§m barwigcych i odpowiadajacej im liczby arkuszy papieru fotograficznego.

Drukarka sublimacyjna

Podlgcz i zainstaluj drukarke atramentowa. Wykonaj wydruk i sprawdz, jak rozmazuje
sie tusz po wydruku.

. Poréwnaj predkosc i jakos¢ wydruku drukarki iglowej i atramentowe;j.
Sprawdz, czy dostepna drukarka atramentowa ma glowice zintegrowans z drukarka,
czy z kartridzem.
Podlacz i zainstaluj drukarke termosublimacyjng. Wykonaj na niej wydruk dowolnego
zdjecia. Zwr6¢ uwage na proces reprodukcji obrazu.

5. Wydrukuj zdjecie bezposrednio z aparatu cyfrowego.

. Jakie sa rodzaje drukarek atramentowych?
Jak dziata drukarka atramentowa?
Jakie parametry ma drukarka atramentowa?
.. Co to jest drukarka sublimacyjna?




=~ /  Drukarki laserowe

= Zasada dziatania drukarki laserowej
Budowa drukarki laserowej
= Parametry drukarek laserowych

(laser printer) jest urzadzeniem stosowanym najczesciej w biurach i innych
miejscach, w ktérych duukuje sie spore ilogci danych. wzuje sie duza szybkoscia,
wysoky jakoscia i trwatodcia wydruku. Jest bezkonkurencyjna pod wzgledem eksploatacji.

Zasada dziatania drukarki laserowej
W budowie drukarki laserowej mozna wyrézni¢ uktad prowadzenia papieru, uktad wywo-

| tujacy oraz uktad utrwalajgcy. Napaczatkn papier jestelektryzowany. aby mdol utrzymad
na sobie drobinki tonera. Nastepnie transportuje sig¢ go do ukladu wywotujacego. Ju he-
ben sw1aﬂoczu1y est elektryzowany ujemnie, a nastepnie nagwietlany przez laser lub dio-

d.&ED Miejsca naswietlone, natadowane dodatnie,przyciagaja drobinki tonera, ktére sg
Jozmieszczane-prrez-specjalne walki.
|

Uktad prowadzenia

papieru
Q Q =
Q o= “\ T @
— N Uklad
7 9 J 6 utrwalgjgey
/I

Y
Uktad wywotujqgcy

Zasada dzialania drukarki laserowej

1- papier, 2- elektryzowanie papieru, 3 — watki grzejne, 4 — nagwietlanie bebna, 5 - rozmagnesowanie papie-
ru, 6—uklad czyszczacy beben, 7 - pojemnik z tonerem, 8 — uklad elektryzujacy beben, 9 — beben selenowy

Wraz z obrotem, dzigki naelektryzowaniu papieru, toner z bebna wedruje na kartke
i nie obsypuje sie z niej. Ostatnia faza wydruku jest zgrzanie tonera z kartka w ukiadzie
utrwalajgcym przez walki grzejne. Dwa walki, z kt6rych jeden jest nagrzany do 200°C,
powodujg topienie tonera i polaczenie go z kartkg. Nastepnie drobinki tonera z bgbna s3
usuwane przez uklad czyszczacy beben.

7~ Zalety drukarek laserowych jest bardzo dobra jako$¢ druku, niskie koszty eksploatacii, szyb-

(kosc i U'wa}y wydruk Wadg jest Wysoka cena, zwlaszcza w przypadku drukarek kolorowych

2. Uktad utrwalania papieru (1) 3. Uktad wywotujacy (kartridz z tonerem)

i uk}ad podajacy (2)

o Interfejs: USB, Ethernet.
o Maks. format nosnika: A4.

; o Maks. predkos¢ wydruku: 16 str./min.

| & Rozdzielczo$é: 600 x 600.

t « Wydajno$¢: 5000 str./miesigc.

| e Podajnik papieru: 150 kartek.

| o Zainstalowana pamig¢: 2 MB.

| & Wydajno$¢ materialu eksploatacyjnego: 1500 stron.
e Praca w sieci (opcja przy interfejsie LAN).

Drukarka laserowa

to przewidywalna maksymalna liczba stron wydrukowanych na miesigc. Je-
zeli przewiduje si¢ wydruk okoto 10 000 str./miesiac, nalezy wybra¢ drukarke o odpovvled
niej wydajnosci. Czesci zastosowane w drukarce o mniejszej wydajnosci nie sprawdzy si¢
przy takiej iloéci wydruku, J
? to orientacyjna liczba wydrukowanych stron przy |

zaczernieniu 6% strony (wydruk tekstu).

Podlacz i zainstaluj drukarke laserows. Wykonaj na niej wydruk. Zwré¢ uwage, ze przed
pierwszym wydrukiem drukarka musi si¢ rozgrzac.

2. Poréwnaj predko$¢ wydruku tekstu i grafiki na drukarce atramentowej i laserowej.
Przedyskutuj spostrzezenia.

I. Jak jest zbudowana drukarka laserowa?
2. Jak dziala drukarka laserowa?
Jakie parametry ma drukarka laserowa?
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— to drukarka drukujaca na specjalnym papierze termicznym, ktéry po i S || S | R gl |
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podgrzaniu ciemnieje. Glowica termiczna zawiera matryce igiel, ktére po dociénieciu do | Cralnemnsama [ Chatumma e | Sraredodvapsons L2l
papieru termicznego podgrzewaja go i powoduja zaczernienie w tym miejscu. - ’ e —
Drukarki te pracuja szybko i do§¢ cicho, sg niewielkich rozmiaréw, jednak wydruk nie
jest dog¢ trwaly. Blaknie po pewnym czasie, zwlaszcza wystawiony na $wiatto stoneczne, Rys. 68.2. Przykladowy wydruk z drukarki etykiet
Drukarka paragonowa w kasie fiskalnej Dru " _
Dru to urzadzenie drukujace na dowolnym materiale (zazwyczaj

Drukarka etykiet

Drukarka bonowa (wydruk zaméwienia do kuchni) papierze) przy uzyciu specjalnej tagmy, z ktérej barwnik jest przenoszony na materiat.

) ] Wydruk taki jest duzo trwalszy niz drukarki termicznej. Ten rodzaj drukarek stosuje sig
Przykladows drukarke etykiet pokazano na rys. 68.1, a przyktadowy wydruk etykiety na np. do drukowania etykiet na ubraniach oraz kod6éw kreskowych na produktach. Urzadze-
rys. 68.2. nia przemystowe do duzej ilosci wydrukéw czesto sa do§¢ duze.

et
# Rozdzielczo$¢ wydruku, np. 300 dpi.

o Szeroko$¢ wydruku, np. 100 mm.

¢ Predko$¢ druku, np. 300 mm/s.

¢ Interfejsy: USB, LAN, RS-232.

* Dodatkowe opcje, np. obcinacz papieru.
* Bufor, np. 2MB.

|
| G
. L Podlycz i zainstaluj drukarke etykiet.

2. Wykonaj projekt etykiety na posiadanym papierze i go wydrukuj.
3. Wyszukaj dostepne drukarki termiczne do zastosowania w malej firmie.

] I Jakie s3 rodzaje drukarek termicznych?
| % Jak dziata drukarka termiczna?
% Jakie parametry maja drukarki termiczna i termotransferowa?

Przyktadowa drukarka etykiet: a) podczas wydruku, b) budowa od $rodka - { L'
S— —i ZH— - s SN - T S— - + =
||

% | P
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'Drukarki 3D

=

ZAGADNIENIA

# Definicja drukarki 3D

= Budowa drukarki 3D

#» Rodzaje i zastosowanie drukarek 3D

— to urzadzenie, ktére wytwarza zaprojektowane na komputerze tréjwymia-
rowe obiekty przy uzyciu odpowiedniego materiatu. Obiekty sa drukowane z bardzo duza
doktadnoscia. Projekt obiektu 3D mozna wykona¢ w dowolnym programie do projektowa-
nia 3D, np. Blender, Tinkercad, FreeCad, DesignSpark i wiele innych. Materiat do wydru-
ku nazywa sie fi lamentem.

« PLA,

» ABS,

» nylon,

« Laywood (drewnopodobny),
o PVA,

» NinjaFlex,
» guma,

» PET,

« HIPS,

» poliweglan,
¢ iglidur.

Najpopularniejszymi materiatami do druku sa PLA i ABS.
— materiat w pelni biodegradowalny produkowany z kukurydzy, temp. wydruku
ok. 190-230°C
— typowy plastik, duza twardo$c¢ i odporno$¢ na uszkodzenia, nieprzyjemny zapach
przy drukowaniu, temp. ok. 200-240°C.
Do wydruku potrzebny jest nam model przygotowany w programie 3D. Przygotowany
model nalezy ,pociad” w warstwy za pomoca odpowiedniego programu, np. Cura, Slic,
Makerbot i wiele innych. Drukarka 3D drukuje w 3 wymiarach x, yiz.

Kazda warstwa o okreslonej grubogci jest naktadana na stét wg wspéhrzednych x i y. Po
wydrukowaniu kazdej warstwy zmienia sie wspélrzedna z, czyli swoje potozenie zmienia
st6t lub glowica drukujaca — w zaleznosci od rodzaju drukarki. Wydruk polega na podgrze-
waniu okreslonego filamentu do temperatury jego topnienia i wstrzyknieciu go na stét ro-
boczy wg zaprojektowanego wzoru warstwy.

Przyktad pocigtego projektu 3D mozna zobaczy¢ na rys. 69.1. 1

Rys. 69.1. Projekt obiektu pociety na warstwy

Przyldady ustawieri wydruku do przygotowanego projektu mozna zobaczy¢ na rysunku 69.2.

ouality  Temperature Speed Ouality  Temperature Speed
itk 10% o - 1] Left Exdruder: égbﬂc ) -

Nymber of Shells: {2 Mﬂr
Layer Height: 0,20 mm

Heat the Build Plate
Build Plate:  [70°d =

Rys Infill — wypelnienie w §rodku 10%,
Shells — ilo§¢ warstw zewnetrznych, Layer height
— grubo$¢ warstwy 0,2 mm, Left i right extruder
- temperatura prawej i lewej glowicy, Build plate
~ temperatura stotu, Speer extruding - predkoé¢ |
drukowania 35 mm/s, Speer travelling — pred- 5
kog¢ przemieszczania 100 mm/s

Qualty  Temperature  Speed

Speed while Extruding: ,3_5 mmjs

Speed while Traveling: HO mmfs

Do drukowania na kazdym z wymienionych wczeéniej materialéw s3 wymagane inne
ustawienia drukarki 3D, dotyczy to zaré6wno temperatury stotu, jak réwniez temperatury
glowic drukujacych. ‘

Pierwsze wydruki na drukarkach 3D wcale nie muszg by¢ udane, trzeba sporo czasu,
aby swé6j wydruk doprowadzi¢ do perfekcji. Kazdy parametr podczas drukowania ma bar- |
dzo duze znaczenie i trzeba czasem go testowad wiele razy. i

‘ Rys. Przyktadowe wydruki z drukarki 3D




. Budowa drukarki 3D z dwiema gltowicami
1 - glowice z chlodzeniem, 2 — uchwyt na filament, 3 — stét roboczy, 4 — wy§wietlacz, 5 - sterowanie

. Budowa systemu glowic drukarki 3D

1 - chlodzenie glowicy 1, 2 — chlodzenie glowicy 2, 3 — chlodzenie wydruku, 4 — glowica 1, 5 — glowica 2

Osie dziatania drukarki 3D
7-0§Y, 2-0$ X, 3—stét, czylio§ Z

P
e
°
L

Zortrax
Zmorph
3Novatica
» Omni3D
o Jelwek

» Monkeyfab
» MakerBot
o Ultimaker

G s

1. W dowolnym programie do projektowania 3D przygotuj swéj wlasny projekt.

2. Uzywajac programu do ciecia 3D, przygotuj projekt do wydruku.

3. Jezeli posiadasz drukarke 3D, wydrukuj projekt i zobacz efekty.

4. Sprawdz, jakie drukarki 3D s3 obecnie dostepne na rynku oraz ktéry polski producent
jest najpopularniejszy w Polsce.

ﬁ P

1. Jakie s3 rodzaje filamentéw do drukarek 3D?

2. Jak dziata drukarka 3D?

3. Jak jest skonstruowana drukarka 3D?
4. Wymien producentéw drukarek 3D.
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negatyw kolorowy 1200 6 MB
| — S i — - i e + S—— - — - H
S ka n e ry f IFfotograﬁa kolorowa 300 6 MB }
| wydruk laserowy grafiki 300 260 kB E
! | wydruk laserowy fotografii 150 520 kB
|
i B 1 o o | ocR 300 ; 260 kB
| i i S e S - _
il CGADNIENIA graﬁka na strone WWW 75 130 kB
. - = T . p—— S o = & . - —
| Budowa skangra . fotografia na strong WWW 75 ! 400 kB
X Rodzaje skaneréw | it — —e .
Parametry skaneréw i
| ‘ = R e e el e e AR e i £ e e A - | i
| to urzadzenie wejsciowe, ktére umozliwia przetworzenie obrazu rzeczywistego na
I postaé cyfrowa w celu dalszej obrébki komputerowej lub wydruku. Skanery maja gléwnie 4
zastosowanie w obrébce ;14[ iki, rozpoznawaniu pisma (OCRY), S\stc;lfr_l,idl_z__egjneczen 7 |
(skanowanie dtoni lub siatkéwki oka). |
Skaner reczny. | _
Skaner plaski. Y . |

. Skaner bebnowy.

Skaner do do slajdéw.
Skaner kod6w kreskowych. s - —
. . 7% — | arc Kanaty
Zasada dziatania skanera |
Elementy skanera — najistotniejsze ze wzgledu na zasade dzialania — to: Zrédlo §wiatta, | ! /4 5

el D VYV L C

5 Zasada dziatania skanera
zestaw [uster i soczewek, element $wiattoczuty CCD? i przetwornik analogowo-cvfrowy.
_p.___ ﬂ___j;______
Bl — ({ orygma} 2 - zaréwka, 3 - lustro, 4 — soczewka, 5 — filtr dichroiczny, 6 - CCD-J

Przeznaczony do skanowania oryginal umieszcza si¢ na szklanym blac1e anahzowanq
strong do wnetrza urzadzenia. Podczas skanowania dokument jest of ietlar ez lam-.

pe¢ (ksenonowg, halogenows lub fluorescencyina). O _J_ta_ed.doleme‘Ml_qz___’__lmh _ : e 600 x 1200 doi
przechod21 przez filtry odpowiedzialne za poszczegdlne skladowe koloru. Nastepnie tra- _ l * RozdzielczoS¢ optyczna, np. 600 x Pl
| fia do elementéw CCD znajdujacych sie na listwie, ktéra przesuwa sie wewnatrz skane- |

ra. Ostatecznie przetwornik analogowo- cyfrowy zamienia dane na sygnat roz oznawaln ® Czas skanowania, nip. 30 s.
| stat e pr: NiK an2l0gowWo- Wy Zar Lle 1d Sy Zpoz. Y » Glebia koloru, np. 48 b.
przez komputer.

| T » Glebia szarodci, np. 16 b.
« Maks. format skanowania, np. A4, A3.
H o Interfejs, np. USB, LPT, SCSIL

— ————— S

» Rozdzielczo$¢ interpolowana, np. 19 200 x 19 200.

Zastosowanie skanera

Rozdzielczos¢ to podstawowy parametr przy skanowaniu obrazu. Wyrazana jest jako
| grafika czarno-biata 600 ' 1MB liczba punktéw na cal (dpi). Im wieksza rozdzielczos¢, tym dokladniejszy jest skanowany
obraz, ale tez wiekszy rozmiar pliku na dysku.

G}lea koloru i szaroéci to liczba bitéw do reprezentacji koloru lub odcieni szarosci po-
jedynczego piksela. Wigksza glebia oznacza wiekszy zakres koloru lub odcieni.

] fotografia czarno-biata 300 2 MB

skanera zalezy od gestoéci ulozenia elementéw $wiattoczutych
na listwie skanujacej obraz. Im wiecej tych elementéw, tym wieksza rozdzielczo$¢ optyczna.

‘_Qg ang. Optical Char&ﬂgw- oprogramowanie stuzace do rozpoznawania tekstu ze skanowanego dokumentu,
) CCD (ang. Charge Coupled Device) —element Swiattoczuly pozwalajdcy z zamlemc ilod¢ padajqcego swmh‘a na sygna’relektryczny L

—— —_—
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i jest sztucznie podwyzszong rozdzielczoscia skanowanegg
obrazu przez oprogramowanie skanera. Migdzy dwa sasiadujace punkty jest wstawiany
kolejny, o jasnoéci i kolorze wyliczanych z punktéw sasiadujacych.

Skaner reczny

To typ skanera obstugiwany recznie, ktérego gtowica jest przesuwana nad skanowanym
dokumentem. Jest to niewygodna metoda skanowania — przy wiekszych obszarach ko-
nieczne jest skanowanie po fragmencie oryginatu. Obraz zeskanowany jest czesto nier6w-
ny i poszarpany, trudno tez dopasowac skanowane oddzielnie dokumenty. Skanery te maja
jednak ogromng zalete. Umozliwiajg skanowanie powierzchniniedostepnych dla innych
skaneréw, np. wzoru na $cianie czy okleiny na meblach. Ich maksymalna rozdzielczos( to
zwykle 400 dpi. o

Skaner reczny

Skaner ptaski

Najpopularniejszy typ, w ktérym do skanowania uzywa sie lampy przesuwajacej sie pod
szyba. Dokument lub grafike do zeskanowania nalezy przylozy¢ wlasciwg strong do szyby
skanera. Poruszajaca sie pod szyba lampa przekazuje obraz do przetworzenia. Skaneryte
s korzystywane gléwni i i 0 zas A fesjonal-
nych. Czesto sg wyposazone w przystawki do skanowania negatywéw slajdéw. Rozdziel-
czoé¢ tych skaneréw wynosi od 300 x 600 dpi do 2400 x 4800 dpi.

—_—

.. Przystawka do slajdéw w skane-
rze plaskim

Skanery CIS. %

maja lampe fluorescencyjna do o$wietlania oryginatu oraz zestaw |

luster, ktére kieruja odbite §wiatto na matryce CCD. Skanery te bardzo dobrze odwzoro-
wuja kolory, lecz nie zapewniajg najwyzszej jako$ci przy odwzorowywaniu monochroma-
tycznych projektéw i schematéw.

' jako ukladu optycznego uzywaja tréjkolorowych diod LED. Odbite
gwiatlo trafia do $wiattoczutych czujnikéw optycznych. Te skanery stabiej odwzorowujg ko-
lory niz urzadzenia wyposazone w matryce CCD, lecz duzo lepiej radza sobie ze skanowa-
niem schemat6w i projektow.

Skaner bebnowy

Skaner bebnowy (ang. drum scanner) umozliwia skanowanie oryginaléw przezroczystych,
slajdéw, negatyw6w. Skanowany oryginat umieszcza si¢ na bebnie, ktéry obraca sie z pred-
koscia do ponad 1500 obrotéw na minute. Skanery te znajduja zastosowanie gtéwnie w pro-
fesjonalnych studiach graficznych, gdzie liczy si¢ wysoka jakos¢ skanowanych obrazéw.
Skanery bebnowe uzyskuja rozdzielczo$¢ do kilku tysiecy dpi, przy ktérej ze slajdu 35-mi-
limetrowego mozna uzyska¢ obraz do wydruku w formacie A3.

Skaner bebnowy

Skaner do slajdéw

Skaner do slajdéw jest urzadzeniem przeznaczonym do skanowania 35-milimetrowych
slajdéw w celu edycji komputerowej uzyskanego obrazu. Czesto urzadzenie to jest zaste-
Powane przez skanery ze specjalnymi przystawkami do skanowania negatywéw i slajdow.




' Urzadzenia
/ wielofunkcyjne

Skaner slajdéw

Skaner do kodéw kreskowych

To reczny lub stacjonarny skaner stosowany w biurach lub w handlu, stuzacy do odczyty-
wania kodu kreskowego na produktach. Po zeskanowaniu kodu z produktu informacja ze
skanera wedruje do kasy fiskalnej lub systemu komputerowego. Korzystanie z tego urza-
dzenia jest bardzo wygodne, poniewaz umozliwia szybsza obstugg i automatyczne usunie-
cie produktu ze stanu magazynowego.

Skorzystaj z dostepnego skanera i dolaczonego oprogramowania. Wykonaj skanowa-
nie dokumentu tekstowego w rozdzielczosci 300 dpi oraz grafiki w rozdzielczosci 300
i 600 dpi. Poréwnaj wielko$¢ plikéw zeskanowanych dokumentéw oraz ich jakos¢.
Otwoérz zeskanowany dokument tekstowy i rozpoznaj tekst za pomocg oprogramowa-
nia OCR.

Co to jest skaner?

Jak jest zbudowany skaner?

Jakie s3 rodzaje skaneréw?

Jakie sg parametry skaneréw?

Jakie s rodzaje skaneréw plaskich?

Co to jest rozdzielczo$¢ optyczna i interpolowana?

Definicja urzadzenia wielofunkcyjnego
Rodzaje urzadzeh wielofunkcyjnych
Parametry urzadzefi wielofunkcyjnych

faczy funkcje kilku urzadzen, najczesciej drukarki, skanera
i faksu. Z niektérych jego funkeji mozna korzysta¢ bez uzycia/posrednictwa komputera.

o drukowanie,
, skanowanie,
» kopiowanie,
, faksowanie.

atramentowe,
» laserowe.

Zasada dziatania urzadzenia wielofunkcyjnego

Urzadzenie moze pracowac jako typowa drukarka lub skaner, ktérych dziatanie juz zna-
my. Jezeli jednak chcemy korzystaé z urzadzenia jako kopiarki, dane ze skanera nie musza
wedrowac¢ do komputera. Sg transmitowane bezposrednio do drukarki, ktéra drukuje ze-
skanowany wczesniej obraz.

Podobnie dzieje sie w przypadku korzystania z faksu, ktéry pobiera dane ze skanera
i wysyla je przez linie telefoniczng. W przypadku odbierania faksu dane z linii telefonicz-
nej sg bezposrednio dostarczane do wbudowanej drukarki i kierowane do wydruku.

» Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi.

* Technologia druku: atramentowa lub laserowa.

* Maks. format noénika: A4 / A3.
Maks. predko$¢ wydruku mono: 33 str./min.
Maks predkog¢ wydruku kolor: 25 str./min.

» Rozdzielczog¢ wydruku: 4800 x 1200 dpi.
Rozdzielczo$¢ skanowania: 1200 x 2400 dpi.

* Glebia koloru skanowania: 48 b.
Zmniejszanie | powiekszanie: 25-400%.
Podajnik papieru: 250 kartek.

|
|
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Zainstalowana pamie¢: 32 MB. ! ,
» Wbudowany czytnik kart: SD, MMC, XD Picture. = R l |

Praca w sieci (opcja przy interfejsie LAN).
Plote ry

Il nie. W jego sktad wchodzi m.in. program do skanowania obrazu i tekstu.

Kazde urzadzenie wielofunkcyjne producent wyposaza w odpowiednie oprogramowa- } '

u Definicja plotera
#» Rodzaje ploteréw
» Podstawowe parametry ploteréw

1 to urzadzenia wyjéciowe zapisujace na papierze lub folii informacje w postaci

rysunku liniowego. Stuzg do wykonywania rysunkéw technicznych, rejestracji wynikéw
1 pomiaréw, rysowania map, planéw, schematéw elektronicznych. Doskonale nadaja si¢ do
|
|

kreglenia projektéw architektonicznych i innych, wykonanych za pomocg oprogramowa-
nia CAD, a takze do wykreslania form i wzornikéw. Plotery moga tez kresli¢ na materiale
swiattoczutym (wtedy funkcje pi6ra petni np. dioda laserowa) i pracowad w trybie teksto-
wym. Dlatego maja wbudowany zestaw znakéw. Rozmiary rysunku mogg by¢ rézne: od
formatu A4 do nawet kilku metréw. W typowych ploterach do pisania stuza najczesciej
pisaki wypelnione réznokolorowym tuszem. Papier, na ktérym wykonuje si¢ rysunek, jest
nie tyko przypiety do podloza (stolu), lecz czgsto takze przytrzymywany elektrostatycznie
przez natadowanie podtoza. Plotery pracujg wolno, ale cicho. Zwykle byly urzadzeniami
wykorzystywanymi w biurach projektowych przez inzynieréw elektronikéw, mechanikéw,
architektéw i geodetow. ,
I Wspétczesnie plotery stosuje sie réwniez w agencjach reklamowych do sporzadzania
| Panel sterowania urzadzenia wielofunkcyjnego atramentowego ' Wydrukéva.l wielkoformatowych: baneréw Feklamowych i wycinanych reklam zewnetrz-
nych. Stuzg tez do grawerowania na materialach twardych.

1 — wlacznik, 2 - funkcja Wi-Fi, 3 — funkcja sieci, 4 — kopiowanie mono, 5 — kopiowanie kolorowe,
l 6 - anulowanie akcji, 7 - brak tuszu, 8 - brak papieru Ploter jest zbudowany z nastepujacych elementéw:

! » wozka z pisakiem, glowicg natryskujacg lub laserem wraz z jego zespotem napgdowym;
» urzadzenia do przesuwu materiatu;

» ukladéw sterujacych.

Skorzystaj z dotaczonego przez producenta oprogramowania do urzadzenia wielofunk-

cyjnego. Wykonaj skanowanie przyktadowych obrazéw i tekstu. p.lo’;er. kreslqcy,

Uzyj urzadzenia wielofunkcyjnego jako kopiarki i wykonaj kopie kolorows i czarno-
-bialg. ¢ ploter atramentowy;
| * ploter laserowy;

| * ploter solwentowy;
| * ploter grawerujacy;
* ploter tnacy.

Co to jest urzadzenie wielofunkcyjne?
Jakie s3 rodzaje urzadzert wielofunkcyjnych? Ploter kreé

r
Jakie sg parametry urzadzen wielofunkcyjnych? eshcy

Ploter kreglacy jest wykorzystywany gléwnie przez architektéw i geodetéw do kreslenia E
projektéw w duzej skali. L‘
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Ploter atramentowy

Ploter atramentowy to drukarka wielkoformatowa, ktéra jest w stanie wydrukowac zargw.

no grafike rastrows, jak i wektorowg na dowolnej powierzchni plaskiej. Szerokos¢ plote.
réw laserowych siega od okoto 80 cm do nawet kilku metréw.

Ploter laserowy

Ploter laserowy to wielofunkcyjny ploter tnaco-grawerujacy, stosowany do wielu materiatsw,
Tnie i graweruje drewno, plastik, pleksi, tkaniny, skére, karton, gume, korek, folie. Ponadto
sprawdza si¢ przy grawerowaniu w szkle, ceramice, marmurze i metalu.

Ploter solwentowy

Ploter solwentowy stuzy do drukowania baneréw wielkoformatowych za pomocg specjal-
nych farb solwentowych. S3 one odporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych orayz
$wiatla. Banery takie stosuje sie jako reklamy zewnetrzne.

Ploter grawerujacy

Ploter grawerujacy to urzadzenie grawerujgce w twardych materiatach, takich jak: metal,
szklo, tworzywa sztuczne czy drewno. Plotery te wystepuja w wersjach dwuwymiarowych,
w ktérych glowica porusza si¢ w osiach X 1Y, oraz w wersji tréjwymiarowej, w ktérej gho-
wica porusza sie réwniez w osi Z. Plotery w wersji tréjwymiarowej moga grawerowac na
rézne glebokogci.

Ploter tnacy

Elementem wykonawczym w tym rodzaju plotera jest nie pisak, lecz ostrze. Plotery tnace
stosuje si¢ do wycinania napiséw i grafiki na folii samoprzylepnej, a takze do tworzenia
szablonéw do piaskowania napiséw i grafiki w kamieniu. Sg takze wykorzystywane w fa-
brykach odziezowych do wycinania z materiatu elementéw ubran.

Przyktady ploteréw: a) tnacy, b) tnaco-rysujacy

Predko$¢ pracy podawana w'mm/s.
Obszar pracy, np. maks. szerokosc.
» Rozdzielczo$c kreslenia, np. 0,2-0,01 mm.

, Dolkdadnog¢, np. 0,01 mm.
» Rodzaj napedu — silnik krokowy.

[

Formaty plikéw wejsciowych: BM, CDR, PSD, Al, DST, DXF. |
. Rodzaje portéw: Centronics, szeregowy RS 232, USB.

Skorzystaj z internetu i sprawdz, jakie parametry maja plotery: laserowy, solwentowy,

tngcy i grawerujacy.

Co to jest ploter?
. Jakie s rodzaje ploter6w?
. Jakie sg parametry ploteréw?




|

|

'Aparaty cyfrowe
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' Rodzaje aparat6éw cyfrowych
» Podstawowe parametry aparatéw cyfrowych

Cyfrowy aparat fotograficzny rejestruje obraz w postaci cyfrowej (tzw. mapy bitowej). Swia-
tlo odbite od fotografowanych obiekt6w — po przejsciu przez uktad optyczny aparatu (obiek-
tyw, przestone i migawke) — pada na przetwornik obrazu (matryce CCD — ang. Charge
Compled Device, CMOS —ang. Complementary MOS). Sygnat z matrycy CCD podlega obréb-
ce w ukdadzie elektronicznym (przetwornik analogowo-cyfrowy). Nastepnie jest kierowany
na wyswietlacz aparatu oraz do jego pamieci. Obraz w postaci cyfrowej jest zapisywany
w jednym z format6éw zapisu obrazu — zazwyczaj JPEG (kompresja stratna), TIFF (kompre-
sja bezstratna) lub RAW (pelna informacja matrycy z aparatu). Najczgéciej wykorzystywa-
nymi pamigciami w aparatach cyfrowych sg pamieci typu flash.

Budowa aparatu cyfrowego
Aparat cyfrowy sktada sie z nastepujacych elementéw:

obiektywu,
migawki,

» korpusu $wiatloszczelnego,
przetwornika obrazu (matryca CCD lub CMOS),
przetwornika analogowo-cyfrowego,
pamieci do przechowywania obrazéw,
ukladu zasilania (bateria, akumulator),
wizjera,
lampy blyskowej,
panelu LCD,
ukladu sterowania.

lustrzanki,
kompaktowe,
kieszonkowe.

Budowa aparatu cyfrowego
1 - obiektyw, 2 wizjer, 3 - korpus aparatu, 4 — panel
LCD, 5 - lampa blyskowa, 6 - sterowanie aparatu

-8,

to aparaty fotograficzne zbudowane jak klasyczne lustrz/anki jed:
noobiektywowe. Blone $wiattoczulg zastapiono w nich rr}atryc.a, CCD. Obraz, ktéry ch}llac
w wizjerze optycznym, jest rzutowany na matéwke Pezposredmo. z ob1ekbrwu przez rucho-
me lustro zastaniajace migawke i matryce. W chwili \fvykonywa}malzld] qcia lustro Qbraca sie
tak, by éwiatlo padalo na matryce. Zaletg lustrzanek jest mozliwoéé wymiany obiektywéw.

; e s3 mniejsze niz lustrzanki, majg tez zwykle rnniejszq matryce
swiattoczula. Wiekszoé¢ aparatéw ma chowany obiektyw o mniejgzym zoomie optycznym
i cyfrowym. Niektére aparaty kompaktowe budowg i parametrami przypominajg lustrzan-
ki cyfrowe.

sq jeszcze mniejsze niz aparaty kompaktowlel. Maie wymi.ary wiaza
sie z rezygnacja z czeéci funkeji. Najezedciej apa'ratyl te maja grubos¢ kilku lub kilkunastu
milimetréw i sa niewiele wieksze od karty ptatnicze;j.

Rodzaje aparatéw cyfrowych
1 — lustrzanki cyfrowe, 2 — aparaty kompaktowe, 3 — aparaty kieszonkowe

» Wielkoé¢ matrycy, np. 8 megapikseli.
» Maks. rozdzielczo$¢ zdjeé, np. 3264 x 2443.
Maks. rozdzielczo$¢ sekwencji wideo, np. 640 x 480.
Obstugiwane karty pamieci, np. SD, SDHC, MMC.
Ogniskowa obiektywu, np. 38-114 mm.
Maksymalny zoom optyczny, np. x3.
» Maksymalny zoom cyfrowy, np. x4.
» Przekatna wyéwietlacza LCD, np. 2,5 cala.
Format zapisu wideo, np. AVL.
» Dodatkowe funkcje, np. wykrywanie twarzy, redukcja efektu czerwonych oczu.

Skorzystaj z internetu i wyszukaj parametry aparatéw kompaktowych oraz lustrzanek
cyfrowych. Poréwnaj je. Jakich funkcji nie maja lustrzankiz . o o
Dostepnym aparatem cyfrowym wykonaj zdjecia w réznej rozdzielczosci i poréwnaj
wielkosci plikéw poszczegélnych zdjec.

Jakie sg rodzaje aparatéw cyfrowych?
Jakie s3 parametry aparatéw cyfrowych?
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Kamery cyfrowe
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Rodzaje kamer cyfrowych
Podstawowe parametty kamer cyfrowych

Kamera cyfrowa jest urzadzeniem stuzgcym do nagrywania ruchomego obrazu i dZzwieku
w postaci cyfrowej na tasmie Digital Video w kasetach DV albo MiniDV, na plycie DVD,
karcie pamieci lub dysku twardym. Dziala ona na podobnej zasadzie jak aparaty cyfrowe.
W kamerach cyfrowych sg stosowane dwa rodzaje matryc §wiattoczutych:
» CCD (charge coupled device).
CMOS (complementary MOS).

o R

Hy

ey

ME:

Budowa kamery cyfrowej

1 - obiektyw, 2, 3 — panel LCD, 4~ wyjicia HDMI, 5 - sterownia, 6 — akumulator, 7 — zoom, 8 - funkcja zdje,
9 - gniazdo zasilania

Format zapisu:
- Standard Video (SD);
— High Definition (HD 1080i).
Rodzaj noénika:
— dysk twardy;
— karta pamieci;
— kaseta MiniDV.
» Rodzaj przetwornika.
Maksymalny zoom optyczny, np. x40.
Maksymalny zoom cyfrowy, np. x2000.

Dodatkowe funkcje:

— stabilizator obrazu,

— tryb nocny,

- mozliwo$¢ wykonywania zdjec.
» Wielko$¢ wyswietlacza, np. 2,7 cala.
. Wyijécia, np. HDMI, USB, DV, AV.

Format zapisu

Réznica miedzy standardem SD, stosowanym w starszych urzadzeniach, a standardem
HD jest do§¢ duza. Dotyczy przede wszystkim jako$ci nagrania, czyli rozdzielczosci.

Rodzaj nosnika
Kazdy z noénikéw ma wady i zalety. Od rodzaju nosnika, a wigc np. od jego pojemnosci,
zaleze¢ bedzie jakos¢ zapisu filmu.

Dysk twardy ma duza pojemnos¢, dzieki czemu mozemy na nim zapisa¢ dugi film
w dobrej rozdzielczogci. Wadg jest jednak krétki czas nagrywania na baterii, poniewaz
dysk pobiera duzo energii ze wzgledu na swojg mechaniczng budowe.

Karta pamieci jest noénikiem wygodnym, jednak niezbyt pojemnym, przez co nagranie
nie moze by¢ zbyt dtugie lub nie bedzie najlepszej jakosci. Kamery wyposazone w ten
noénik maja dtugi czas nagrywania na baterii.

Kamery wyposazone w no$nik kaset miniDV cechujg sig do$¢ dtugim czasem pracy na
baterii, nie zapewniaja jednak wystarczajaco dobrej jakosci nagran.

Kamery internetowe

Kamera internetowa (ang. webcam) to rodzaj minikamery cyfrowej,
podiaczanej do komputera zazwyczaj przez port USB w celu komu-
nikacji z innymi uzytkownikami internetu. Kamera przesyta obraz
przy uzyciu matrycy $wiattoczulej. Jako$¢ obrazu (rozdzielczo$()
i predko$¢ wysytania zaleza od modelu kamery.

¢ Interfejs USB 2.0.

Typ czujnika, np. CMOS.

» Maks. rozdzielczodé, np. 640 x 480.

« Dodatkowe funkcje: mozliwoé¢ wykonywania zdje¢, wbudowany
mikrofon.

o

Kamerka
internetowa

Kamery sportowe

Jest to specjalna seria niewielkich kamer, ki6rych przeznaczeniem jest nagrywanie szyb-
kich ujec.

» Rozdzielczo$c¢ matrycy, np. 12 Mpx.

* Zoom cyfrowy, np. x10.

* Rozdzielczoé¢ nagran, np. 4K 30 kl/s , 1440p 80 kl/s, 1080p 120 kl/s (klatki na sekundg).
s Interfejsy: USB, wifi, bluetooth.

¢ Pamie¢: SD lub mikro SD.
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Przyklad kamery sportowej Go Pro

1-wyéwietlacz, 2— wlacznik, 3 - obiektyw, 4— mini HDMI, 5~ USB np. do mikrofonu zéwne;trznego, 6 - wej-

$cie na karty micro SD, 7 — akumulator

» Uchwyty
« Statywy obrotowe
s Przedhuzki

Obudowy wodoodporne

|
1 2 3 4 5 6

Przyktad akcesoriéw do kamery GoPro

1, 3 — szybkozlacza, 2 — przyssawka, 4 — obudowa wodoodporna do 40 m, 5 — mocowanie na kierownice,

6— adapter do ramki

Kamery przemystowe

To rodzaj kamer stosowanych w systemach monitoringu w celu ochrony obiektéw przed
niepowolanymi osobami. Dzieki nim w szybki sposéb mozemy zidentyfikowac czas i oso-
be, ktéra dokonata jakiego$ czynu.

Ze wzgledu na miejsce pracy:
— zewnetrzne
— wewnetrzne
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykonywania ruchu:
— stacjonarne
— obrotowe
» Ze wzgledu na technologie
— analogowe
- cyfrowe —IP

|. Wyszukaj w internecie modele kamer cyfrowych i poréwnaj ich parametry.
Uruchom posiadang kamere cyfrowa i nakrec krétki materiat w réznych rozdzielczo-
$ciach, ale tym samym czasie, np. 1 min.
Podlacz kamere do komputera i zgraj materiat. Zobacz, ile zajmuje materiat w kazdej
rozdzielczosci.
Wyszukaj dostepne na rynku kamery: domowe, sportowe i sprawdz ich parametry.

Jak jest zbudowana kamera cyfrowa?

Jakie s3 parametry kamer cyfrowych?

Jakie s3 parametry kamer internetowych?

Jakie sg rodzaje kamer cyfrowych?

Jakie przetworniki wystepuja w kamerach cyfrowych?
Jakie s3 rodzaje kamer przemystowych?




 Urzadzenia
 do monitoringu
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Definicja monitoringu
Rodzaje urzadzen stosowane do monitoringu

to system umozliwiajacy rejestracje zdarzen przez przynajmniej jedng kamere
i przesytanie danych na urzadzenie rejestrujace. System mozna obstugiwac ze stanowiska
odbiorczego lub — po odpowiedniej konfiguracji — zdalnie. Celem stosowania monitoringu
jest poprawa bezpieczeristwa, rejestrowanie zdarzen na terenie obstugiwanym przez system.

Kamery IP
Rejestratory 1P
Urzadzenia zasilajace
~ Zasilacze

— Switche PoE

Kamery IP

Jest to rodzaj kamery cyfrowej, ktéra rejestruje i przesyla na zywo obraz przez sie¢ kompu-
terowg za pomocg interfejsu LAN lub Wi-Fi. Kazda kamera posiada whasny adres IP oraz
jedyny i niepowtarzalny identyfikator — kod QR (co$ w rodzaju mac adresu urzadzen sie-
ciowych), dzieki ktéremu mozliwe jest jej zidentyfikowanie na zewnatrz sieci.

kompaktowa,
koputkowa,
obrotowa.

» Rozdzielczogé, np. Full HD.
Praca w nocy — dzieki wbudowanym diodom podczerwieni.
Zasieg kamery podczas trybu nocnego, np. 40 m (zalezy od ilo$ci zamontowanych diod).
Zapis materiatu wideo, np. 25 kl/s. |
Ogniskowa obiektywu, np. 2,8 —12 mm.
Mozliwo$¢ obrotu kamery.
Zoom cyfrowy.

Zapis obrazu moze odbywac sie na kilka sposobéw, np. za pomocy:
Karty SD zamontowanej w kamerze.
Zewnetrznego rejestratora cyfrowego zainstalowanego w sieci lokalnej.

Zewnetrznego serwera danych:
— NAS (serwer danych w sieci lokalnej)
— chmura w sieci Internet.

Na rysunkach 75.1175.2 rﬁoiemy zobaczy¢ kamere 1P koputkowa oraz kompaktows.

Kamera IP koputkowa

1- zasilania, 2 - interfejs LAN, 3 — soczewka,
4 — diody podczerwieni

Kamera IP kompaktowa

1 - zasilania, 2 — interfejs LAN, 3 — soczewka,
4 — diody podczerwieni

to urzadzenie zapisujace rejestrowany obraz z kamer IP, przesylany przy

uzyciu sieci lokalnej LAN. Urzadzenie ma w $rodku zamontowany dysk twardy 3,5” (lub

dyski) z interfejsem S-ATA. Zaleca si¢ stosowanie dyskéw twardych do pracy ciaglej 24/7.

Zarzadzanie rejestratorem odbywa sie za pomoca programu zainstalowanego na tele-

fonie, komputerze lub bezposrednio po podlaczeniu do monitora za pomocy interfejsu
HDMI lub D-SUB.

T
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Na rysunku 75.3. pokazano rejestrator ID.

Rejestrator IP a) widok z przodu, b) widok z tytu

1 - Gniazda USB pod pendrive lub mysz do obstugi, 2 — diody sygnalizujace prace urzadzenia, 3 — interfejs
HDM]I, 4 - interfejs D-SUB, 5—LAN, 6 - audio wejscie i wyjécie, 7— sterowanie menu, 8 — zasilanie, 9— wihacz-
nik zasilania

Urzadzenia zasilajace

Kazda kamera IP pracujgca w sieci monitoringu musi zostac zasilona. Do zasilenia potrze-
bujemy napiecia 12 V z zasilacza lub switcha PoE o odpowiedniej mocy. Kazda z kamer
pobiera ok. 0,5 A. Jezeli posiadamy system szesciu kamer IP, to potrzebujemy zasilacza
0 mocy powyzej 3 A.

Zanim podlaczymy zasilacz do urzadzenia, najpierw musimy wybra¢ odpowiedni model
zasilacza o wladciwej mocy, a nastepnie doprowadzi¢ do kamery dodatkowy przewdd zasi-
lajacy, oprécz przewodu transmisyjnego UTP.

Jest to duzo wygodniejsze rozwigzanie, poniewaz switch — oprécz standardowej transmis;ji
po UTP - rozprowadza odpowiednimi portami réwniez zasilanie i nie potrzebujemy do-
datkowego kabla zasilajacego.

Przyklad switcha Poe mozemy zobaczy¢ na rysunku 75.4.

PoE Switch

Switch PoE

1 — sygnalizacja pracy kamer, 2 — interfejsy od 1 do 8 kamer z zasilaniem, 3 — interfejsy 91 10 do sieci LAN
irejestratora

Co to jest monitoring?
]akle urzqdzema stosu]e sie w momtormgu>

Rodzaje systemoéw gltosnikéw
1 Podstawy dZwigku przestrzennego

Wyrozmamy nastepujace systemy glosnikéw:
2.0 — dwa glodniki satelitarne.
2.1 — dwa glosniki satelitarne + subwoofer.
4.1 - cztery gloéniki satelitarne + subwoofer.
5.1 — cztery glogniki satelitarne + subwoofer + glo$nik centralny.
6.1 — pie¢ gloénikéw satelitarnych + subwoofer + gloénik centralny.
7.1 - sze$¢ gloénikéw satelitarnych + subwoofer + gtosnik centralny.
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Wlasciwe ustawienie glognikéw w systemie 6.1

(gtosnik niskotonowy) jest dodatkowym glosnikiem, stuzacym do odtwarza-
nia dzwiekéw o niskiej czestotliwosci (w granicach 20-200 Hz).
' to nieduze gloéniki realizujace dzwiek przestrzenny.

) to system kodowania i odtwarzania dzwieku, w ktérym stuchacz ma
wrazenie przestrzennosci. W systemie tym sg wykorzystywane co najmniej trzy glogniki
(dwa z przodu, po prawej i lewej stronie, oraz jeden z tytu osoby stuchajacej).

We wspéltczesnych kartach dzwiekowych podtaczenie do odpowiedniego gniazda nie
oznacza weale uruchomienia wybranych glognikéw. Wyborem glosnika, do ktérego moze
zosta¢ wystany sygnal, steruje bowiem oprogramowanie do kart dzw1e;kowych
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» Rodzaje monitoréw CRT
= Parametry monitoréw CRT

Obstuga dzwieku: a) system 5.1, b) system 7.1

Do obstugi dwéch glosnikéw potrzebujemy jednego wyjscia karty dzwigkowej, zatem

do obstugi zestawu 5.1 (sze$¢ glosnikéw) wymagane sg trzy wyjscia. Zazwyczaj do gniazda

. zielonego podtgczamy glosniki przednie, do rézowego — mikrofon, natomiast gniazdo nie-

i bieskie to wejscie liniowe. Niemniej jednak, przy uzyciu oprogramowania dotgczonego do

| karty, do gniazd niebieskiego i rézowego mozemy podiaczy¢ gtosniki tylne oraz glognik
centralny z subwooferem.

Budowa monitoréw CRT

to og6lna nazwa urzadzenia wyjsciowego do bezposredniej komunikacji uzytkow-
| nika z komputerem. Na monitorze s3 wizualizowane wyniki pracy uzytkownika komputera.
Sygnat do monitora jest wysylany za posrednictwem karty graficznej.

i

| i

. CRT (kineskopowe).
» LCD (cieklokrystaliczne).

»_PDP (plazmowe).

OLED.

| Monitor CRT |

W _monitorze. kinegkopowym CRT (ang. Cathode-Ray Tube) obraz jest wyswietlany przy |
I ‘ uzyciu lampy kineskopowe]. Dziala ona nia podobiie] zasadzie Jak Mneskopx telewizorow. E

sl _ o

Zestaw gloénikéw w systemie 5.1

|

Skorzystaj z oprogramowania karty dzwiekowej w standardzie 5.1. Podlacz glosniki do
odpowiednich gniazd. Nowe systemy oprogramowania wy§wietlaja informacje o tym,
jakie glogniki zostaty podiaczone. Dokonaj testu glosnikéw i sprawdz, czy zostaly od-
powiednio podlaczone.
Ustaw i przetestuj efekty przestrzenne: pokéj, jaskinia, gory.

| Sprawdz, czy wszystkie wejscia karty dzwiekowej sa wigczone: ‘

. . PP Moni RT
[ Start — Programy — Akcesoria — Rozrywka — Regulacja gitosnosci. onitor €

|
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| Z35d
: | 5(5"1)%;}0 elektronowe monitora wysyla trzy strumienie elektronéw, odpowiadajace trzem
Jakie sa systemy gloénikéw komputerowych? | kolorom luminoforéw: czerwonemu — R (red), ed), zielonemu — G (green) 1 niebieskiemu —
Jak odpowiednio rozstawi¢ glogniki? | B (blue). Na te strumienie dziata uktad odchylajacy (cewki odchylania poziomego i pio-
Ile glosnikéw mozna podiqczyc do jednego wy]sc1a karty dzwiekowej? ?_ nowego). Kieruje on je, gdy przejda juz przez maskownice, w odpowiednie miejsce na
— - - = = e A= U L
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| kineskopie (rys. 77.2). Elektrony uderzajg w luminofor i tworzg plamke (piksel) o okre- Przeplot — sposéb wy$wietlania linii na ekranie: bez przeplotu lub najpierw parzyste,

glonym kolorze (np. R = 250, G =0, B =100 to kolor fioletowy) 1 asno$ci. Piksele sa wy- a p6zniej nieparzyste (z przeplotem).
| $wietlane kolejno, punkt po punkcie, w liniach od lewej do prawej strony ekranu, a caty Standard zarzadzania energia — zawiera wytyczne dotyczgce ekologicznych metod pro-
proces odbywa si¢ z czestotliwoscig 60-85 Hz. dukcji monitoréw oraz zalecenia w zakresie poboru mocy przez monitory, np. Energy
1 Star.
! © 00 0O //\ 0 Funkcja rozmagnesowania maski kineskopu w przypadku jej zbytniego namagnesowa-
wzmocnigiz"] ' P e [ nia (ang. degaussing).
|| _wideo fwizii) P 1 1\\ Cyfrowe sterowanie menu na ekranie monitora, czyli OSD.
1 o LA " ‘\ Zlacza sygnatowe, np. D-SUB (rys. 77.4), BNC.
' : - __i__ | Normy emisji promieniowania wydzielanego przez monitor, np. MPRI], TCO99,
! _L | | TCO2003.
o s |
| T / '
l geberator ( \~\ /
) — | odchylania +—— N
| pionowego 4
% geberator N
— | odchylania ———
| poziomego | Ztacze sygnatowe D-SUB monitoréw CRT

Zasada dziatania monitora CRT
1—luminofor, 2— plamka, 3— szklana batika kineskopu, 4~ dzialo elektronowe, 5 - siatka sterujaca wysokoscia
napiecia, 6 — cewki odchylenia pionowego, 7 - cewki odchylenia poziomego, 8 - maska

Po uruchomieniu komputera ustaw czestotliwos¢ odéwiezania monitora CRT na 60 Hz.
Nastepnie zmieri na czestotliwo$¢ 75 Hz i zauwaz, jaka jest réznica w od$wiezaniu
obrazu oraz reakgji ludzkich oczu. W rozmontowanym modelu monitora CRT znajdz
poznane elementy, odpowiedzialne za tworzenie obrazu na ekranie.

Uktad luminoforu w kineskopie monitora CRT — maski: a) perforowana, b) szczelinowa,

¢) kratowa
Co to jest monitor i jakie sa rodzaje monitoréw?
. 2. Jakie znasz rodzaje monitoréw CRT?
Z maska perforowana: Jakie parametry majg monitory CRT?
— zaokraglenia ekranu, Jakie ztacze sygnatowe maja monitory CRT?

— znieksztalcenia obrazu.

| Z maska szczelinowa:

w 1/312/3 ekranu poziome paski,

il — bardzo wrazliwy na pole elektromagnetyczne.
Z maska kratowa:

bardzo dobre parametry,

idealnie ptaski ekran,

krétka czes$¢ tylna.

Dlugos¢ przekatnej wyrazona w calach, np. 177 — rzeczywista przekatna w monitorze
CRT jest mniej wiecej o 1 cal mniejsza, poniewaz czeé¢ jest zakryta obudowa. Dlatego
! 17” to tak naprawde 15,9” lub 16,1”.
Rozdzielczosé — liczba pikseli w pionie i poziomie, np. 1024 x 768 pikseli (im wigksza
5 rozdzielczo$é, tym mniejsze od$wiezanie ekranu).
Odéwiezanie — czestotliwoé¢ wyéwietlania obrazu na ekranie, np. 85 Hz. Zalecane od-
$wiezanie to min. 75 Hz.

|
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‘Monitory LCD

Rodzaje monitoréw LCD
Parametry monitoréw LCD
Budowa monitoréw LCD

W monitorze LCD (ang. Liquid Crystal Display) do wys$wietlania obrazu stuzy wyswietlacy

ciektokrystaliczny (rys. 78.1). Zasada jego dziatania jest oparta na zjawisku zmiany polary-
zacii $wiatla, ktéra zachodzi pod wplywem przytozonego pola elektrycznego. Wyswietla-

cze ciektokrystaliczne skfadajg sie z: komorek z zatopionym ciektym krysztatem; elektrod
bedacych Zrédtem pola elektrycznego, dzialajgcego na ciekty krysztat w komérkach; dwéch
folii (pelniacych role polaryzatora i analizatora) oraz Zrédta $wiatla.

\ |
=)
1 — éwiatlo, 2— polaryzator pionowy, 3 — elektroda,

@ \ 4 - ciekty krysztat, 5 - filtr koloru, 6 — polaryzator

5 poziomy

Zasada dzialania wys$wietlacza LCD

L

Na rys. 78.1 przedstawiono zasade dzialania monitora LCD. 7rédlem éwiatta w panelach
LCD jest lampa fluorescencyjna lub panel diod LED (1). Swiatlo wnikajace jest w pierw-
szej fazie polaryzowane pionowo przez filtr polaryzacyjny (2). Nastepnie przechodzi przez
elektrode (3) i warstwe ciektego krysztatu (4). Swiatlo emitowane przez lampe przechodzi
przez filtr koloru (5) — ekran zlozony z milionéw pikseli. Filtr tworzg trzy sktadowe kolo-
réw: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Intensywnos¢ $wiatla przepuszczanego p'YZeZ
piksel reguluje si¢ za pomocy napiecia przytozonego do elektrod. Ostatecznie, gdy $wiatlo
przejdzie przez polaryzator poziomy (6), na ekranie powstaje punkt o okreslonym kolorze.
Poniewaz przelaczanie $wiatta nastepuje z pewnym opéznieniem, to na monitorze LCD
jest czesto widoczny efekt smuzenia podczas wyswietlania obrazu dynamicznego- Ab}f
Zlikwidowa¢ ten problem, dodano cienkowarstwowy tranzystor, wykonany w technologﬁ
TFT (ang. Thin Film Transistor). Technologia TFT pozwala na uzyskanie obrazu o lepszy©
parametréach, poprawia sie zwlaszcza kgt widzenia i czytelnos¢ obrazu.

! osaahufec - yllioua eidana pasy o lcosn

o va:Su, 03039«&1'?. to o\otswov

s MVA,

« DVA,

s IPS.
.—’

\ (ang. Twisted Nematic) charakteryzuja sie znakomitym czasem reakcji
(nawet do 2 ms) i bardzo dobra jakoscia obrazu. Monitory z matrycg TN w technologii
[T sg przeznaczone przede wszystkim dla 0s6éb korzystajacych z aplikacji biurowych. Nie
poleca si¢ ich do zastosowar profesjonalnych (obrébka grafiki i wideo). Bardzo dobrze
sprawdzaja si¢ natomiast w przypadku kazdego rodzaju multimediéw (gier, filméw itp.).
Matryce TN/TFT — w poréwnaniu z matrycami MVA lub PVA — cechujy sie jednak stab-
szym odwzorowaniem koloréw oraz gorszymi katami widzenia.

\ (ang. Multidomain Vertical Alignment) maija szeroki kat widzenia, zaréwno
w pionie, jak i w poziomie (min. 170°). Cechuja sie znakomitym odwzorowaniem koloréw.
Inne utozenie pikseli niz w matrycach TN sprawia, Ze nie s one zauwazalne w przypadku
wystapienia jakiegokolwiek blednego piksela badz subpiksela. Jedynym stabszym parame-
trem jest stosunkowo dtugi czas reakcji. Obecnie najkrétszy czas to 2 ms, a w przypadku
wiekszoéci modeli wynosi on okoto 8 ms. Mimo wyzszej ceny wymienione wyzej zalety
sprawiajq jednak, ze panele LCD z tym typem matrycy sg obecnie coraz popularniejsze.

Mati (ang. Patterned Vertical Alignment) charakteryzuja sig, tak jak matryce
MVA, bardzo duzym katem widzenia i §wietnym kontrastem. Gwarantuje to znacznie lep-
sze odwzorowanie czerni. Tu réwniez nie sg zauwazalne piksele, dzieki czemu matryce te
sq coraz czefciej montowane w panelach LCD.

Mat (ang. In-Plane Switching) bardzo dobrze odwzorowuja kolory (nie tak do-
skonale jak obie matryce VA, ale duzo lepiej niz matryce TN). Oferuja szeroki kat widze-
nia. Obecnie ich czas reakcji jest krétszy i zblizony do czasu matryc TN. Bardzo dobrze
nadaj si¢ do profesjonalnych zastosowan. Tak wigc maja one zalety zaréwno matryc VA,
jak i TN, dlatego zdobywaja coraz wigkszg popularnoé¢, pomimo wysokiej ceny.

M s3 odmiang matryc LCD. Standardowe $wietléwki zostaty w nich zastapio-
ne diodami LED. Rozwigzanie z uzyciem diod pozwala zmniejszy¢ pobér pradu i uzyskac
regularne podéwietlenie catosci ekranu.

Param

* Dhugos¢ przekatneéj wyrazona w calach, np. 197, jest rzeczywisty przekatna — w przeci-
wienistwie do monitora CRT.

Rozdzielczog¢, np. 1280 x 1024.

Typ matrycy, np. TN/TFT.

Rozmiar plamki, np. 0,285 mm.

Format obrazu, np. 4 : 3 standard lub 16 : 9 panorama.

Jasno$¢, np. 300 cd/m? (kandele na metr kwadratowy).

Kontrast, np. 1 000 000 : 1.

Kat widzenia w pionie i poziomie, np. 170/170°.

Czas reakcji plamki, np. 2 ms.

Pivot — mozliwo$¢ obrécenia panelu o kat 90° (np. do pracy w edytorze tekstu).
Mozliwos¢ zawieszenia na $cianie.

Normy, np. Energy Star®, RoHS, Windows Vista WHQL.

Ziycza sygnatowe, np. D-SUB, DVI, HDMI (rys. 78.4).
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i Monitor LCD

: Poréwnanie monitoréw CRT i LCD

RGB

Uklad filtru koloréw w monitorze LCD

ZYacza sygnatowe monitoréw LCD: a) D-SUB, b) DVI, ¢) HDMI

i
1

rzeczywista

zajmuje niewiele miejsca

zalecana

na $cianie

-

Ustaw rozdzielczo§¢ monitora LCD na zalecang. Nastepnie zmiefi rozdzielczo$¢ na
mniejsza i wigksza. Zwré¢ uwage, jak zmienia si¢ obraz na ekranie przy innej rozdziel-

czoSci niz zalecana.

Jakie znasz rodzaje monitoréw LCD?

Jakie sa parametry monitoréw LCD?

Jakie ztacza sygnalowe majg monitory LCD?

przekatna cze$¢ zakryta obudowg
rozmiary zajmuje duzo miejsca
rozdzielczogé dowolna

pivot hie

promieniowanie d;;;

cena tani

zuzycie energii duze W
mozliwos¢ zawieszenia nie

tak
brak

drogi
.4_,_

tak

Wyswietlacze plazmowe

i | i OLED

# Rodzaje monitoréw plazmowych i OLED
» Parametry monitoréw plazmowych i OLED
» Budowa monitoréw plazmowych i OLED

Monitor plazmowy

W monitorze tym obraz powstaje w wy$wietlaczu plazmowym PDP (ang. Plasma Display
Panel). Migdzy dwiema szklanymi plytkami z elektrodami znajduje si¢ cienka warstwa
gazu w komorach tworzacych macierz. Trzy sasiadujace ze sobg komory, kazda z lumi-
noforem o innej sktadowej barw (RGB), tworza jeden piksel. Przylozenie napiecia miedzy
elektrodami powoduje zjonizowanie gazu (powstanie plazmy) i emisje §wiatla, ktére pada
na luminofor.

N

Ry Zasada dziatania monitora plazmowego

1- elektrody, 2 — plyta szklana, 3 — komora z luminoforem czerwonym, 4 — komora z luminoforem zielonym,

5—komora z luminoforem niebieskim, 6 — elektroda, 7 — ptyta szklana

¢ Plaski ekran.

* Mozliwo$¢ budowy ekranéw duzych rozmiaréw (np. 377, 427, 46", 507, 617, 637, 657, 1037).

* Trudnoéci technologiczne przy budowie ekranéw matych rozmiaréw (mniejszych niz 307).

» Ekran jest stosunkowo cienki w poréwnaniu z pozostatymi rozmiarami (2” przy prze-
katnej ekranu 507).

* Szeroki kat widzenia (standardowo 170°, bez spadku jasnosci czystosci obrazu).

* Wysoka jakoé¢ tworzonego obrazu.

* Mata podatno$¢ na znieksztalcenia obrazu spowodowane polem magnetycznym.
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Cienkie, fatwe do zamontowania na $cianie. » Maja wigksza skale barw i jasno$¢ niz

| Szerszy kat widzenia i lepsze odwzorowanie koloréw niz w przypadku paneli LCD. wyséwietlacze LCD. e I ui
| ‘ Lepszy wspétczynnik kontrastu niz w wyswietlaczach LCD. | . Nie wymagaja podéwietlenia — kontrast i |i":f 1
Wieksza glebia czerni niz w wy$wietlaczach LCD. moze wynosi¢ nawet 1000 000 : 1. | ® i"f-'el '
| Zywotno$é¢ ekranu ok. 27 lat (przy 6 godzinach pracy dziennie). » Kat widzenia dochodzi do 180°. @ % .
I Duzo krétszy czas reakcji plamki niz w panelach LCD. » Maja krétki czas reakeji — okoto 0,01 ms. ® o '
| » Produkcja jest mniej szkodliwa dla $ro- ®® o |
Wicksza masa niz w przypadku paneli LCD. dowiska patura?r%ego,. ) o ‘ ® | © i
| Ekran plazmowy zuzywa §rednio dwa razy wiecej energii niz ekran LCD. o Wystepuje mozliwos¢ produkeji zwija- @ |®
Sg kruche i podatne na sttuczenie, dlatego trudniej je transportowac i instalowac; n?’Ch ,Wysvvletlaczy, np. skiadanych mo- @l ©
Wystepuje tendencja do nieréwnomiernego wypalania luminoforu. NItOTOW. ®
Wyswietlacz jest jasniejszy przez pierwsze 2000 godzin. @ @@:
Przy wy$wietlaniu obrazu o bardzo wysokim kontrascie pojawia sig czasami ,efekt teczy”, s Ograniczona zywotno$¢ materiatéw or- e
Przy dtuzszym ogladaniu meczy sig wzrok. ganicznych. W przypadku rozszczelnie-
nia matrycy WYSjWieﬂaCZ:“ wilgo¢ moze Zasada dziatania wy$wietlacza OLED
Dhugo$¢ przekatnej wyrazona w calach, np. 327, zniszc,z_yé matena% .O'Iganlcznyj 1 — anoda, 2 — organiczna warstwa przewodzaca, 3 —
Rozdzielczosd, np. Full HD 1920 x 1080. o ROZWO]. teChnOlOgll ]'eSt Ograr}lczony pa- (?misyjna warstwa organi;zpa, 4- kat(:)da, 5.— kierunek
Katy wi dzenia, np. 178°. l tentami uzyskanyml przez firme East- przeptywu pradu, 6 - emisja promieniowania
Format obrazu, np. 16 : 9. man Kodak Company.

Jasnosé, np. 1500 cd/m2. !
Kontrast, np. 30000 : 1.

Poréwnanie monitoréw LCD i OLED

Zywotno$¢, np. 100 000 godzin. '
L ZYacza sygnatowe, np. D-SUB, DVI, HDMI.
podswietlenie lampa lub diody nie wymaga
Poréwnanie monitoréw LCD i PDP kgt widzenia do 170° do 180°
. kontrast 1000-50 000 : 1 do 1000 000 : 1 |
| czas reakcji 2-25 ms | 0,01 ms
przekatna w calach 157-52” 307100 Zywotnosc nieokreslona ograniczona materiatdw organicznych
kat widzenia do 170° do 178° inne mniejsza skala barw i jasnos¢  produkcja mniej szkodliwa dla $rodowiska,
_ AT = v e w [ mozliwos¢ produkgji zwijanych
| zuzycie energii niewielkie dwa razy wieksze niz LCD wyswietlaczy lub sktadanych monitoréw
; inne stabszy kat widzenia, na poczatku uzytkowania
' mniejsza glebia czerni, jasniejszy obraz, {
mniejsza masa niz PDP nieréwnomiernie sie wypala
T Skorzystaj z internetu i wyszukaj informacje o monitorach PDP oraz OLED. Poréwnaj
. ich parametry.

Monitor OLED 2. Sprawdz, jakie zastosowanie poza monitorami komputera maja wys$wietlacze OLED.

W monitorze OLED obraz powstaje w wy$wietlaczu OLED (ang. Organic Light Emitting

Diode, czyli organiczna dioda emitujaca $wiatlo). Wy$wietlacz ten jest zbudowany z diod

elektroluminescencyjnych (LED), wytwarzanych ze zwigzkéw organicznych. Warstwa ot ‘

ganiczna, sktadajaca sie z pikseli — diod w trzech kolorach (lub czterech — dodatkowy kolor . ] ak.dz1aia monitor plazmowy?

bialy) — jest nakladana na ptyte bazows. Proces ten przypomina technike drukowania Jakie parametry ma monitor plazmowy?

stosowang w drukarkach atramentowych. Dodatkowe wprowadzenie warstwy posrednie] ]ak-dzm%a monitor OLED?

miedzy ptyta a emiterem podnosi sprawno$¢ i jasno$¢ ekranu. Technologia ta jest caly " ]akl.e parametry ma monitor OLED?

czas rozwijana ze wzgledu na duzy potencjat. ' - Jakie sg wady i zalety monitoréw plazmowych i OLED?

|
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'Projektory
'multimedialne

: Definicja projektora multimedialnego
Rodzaje projektoréw multimedialnych
: Budowa i parametry projektoréw

v to urzadzenie, ktére metoda optyczna wyswietla na ekranie pro-
jekcyjnym obraz okreslonej wielkosci. Projektor jest zbudowany z ukladu optycznego
i zrédta wiatta. W projektorach jako zZrédlo éwiatla stosuje si¢ lampy halogenowe Jub za-
réwki z oparami halogenéw i metali. Lampa projektora ma zywotnos$¢ 2000-8000 godzin
i jest jego najdrozszym elementem.

Budowa projektora multimedialnego

. Projektor multimedialny:

1- chlodzenie, 2 - sterowanie, 3 — obiektyw, 4 — zoom, 5 — wejécie D-SUB, 6 — audio, 7 — s-wideo, 8 — kompo-
nent, 9 — wyjécie D-SUB (np. na monitor), 10— wejscie USB

Wyrézniamy dwa podstawowe rodzaje projektoréw:
» LCD,
» DLP.

Projektory LCD

W projektorach LCD przetwornikiem obrazu jest matryca TFT, podobnie jak w matrycach
LCD. Swiatlo przechodzace przez matryce LCD tworzy obraz. Wiazka §wiatta rozdziela si€
na trzy podstawowe barwy RGB, z ktérych kazda trafia na swojg matryce LCD. Obraz jest
Iaczony przez uklad pryzmatéw, a nastepnie musi zosta¢ powiekszony przez uktad socze:
wek i wyéwietlony na ekranie.

§.. — P —— J—

Soczewki projekcyjne Ekran
( - Soczewka projektora
Matryce LCD Matryce LCD P
Uktad
" | DMD ’
! | oA !
L | g
- ]
1
Lustro Lustro P
przepuszczaine Lampa
projekcyjna

1
- Koto
] koloréw
Lampa

Budowa projektora 3 LCD

Projektor DLP

Projektory DLP wykorzystuja uklad DMD, zawierajacy tysiace mikroluster, ktére odbijaja
lub rozpraszaja padajace na nie $wiatto. Swiatto jest kolorowane przez barwne koto z fil-
trami, ktdre ciagle wiruje.

Pas

Rozdzielczo$¢ projektorow

640 x 480 VGA

800 x 600 SVGA

1024 x 768 XGA
,1280 x 1024 SXGA
1600 x 1200 UXGA

1920 x 1080

Parametry projektora:

Technologia LCD lub DLP.

Rozdzielczoé¢, np. SVGA.

Jasnos¢, np. 2700 ANSI Lumen.

Moc lampy, np. 180 W.

Zywotnos¢ lampy (normal), np. 5000 godzin.
Zywotnos¢ lampy (ekono), np. 6000 godzin.
Kontrast, np. 4000 : 1.

o &£ © a4 o




} Format obrazu 4: 3 lub 16 : 9.
| ’ Minimalna wielko$¢ obrazu, np. 23 cale.

Mal'csymalna Wielkos"c’ obrazu, np. -300 cali. ( M ate rl al’y .
| ggzgz gzggﬁj $-Video, Composite RCA, USB. "4 eks p l oata cy ] ne
( ‘do drukarek

| Wyposazenie, np. pilot, torba.
| » Dodatkowe opcje, np. facznos¢ Wi-Fi, glogniki.
i  Projektory LED | ]
" ~ Podobnie jak w przypadku monitoréw przy produkcji projektoréw LED nie stosuje si¢ no- F .

wej technologii, lecz zastepuje tradycyjng lampe uzywang w projektorach LCD $wiattem i ‘o materiatéw ekspl veh d karek
" | diod LED. Zmienia sie wiec jedynie pod$wietlenie, a nie cala budowa projektora. W pro-  Rodzaje mateiaiéw eksploatacyjnych do drukare

# Regeneracja materiatéw eksploatacyjnych

jektorach LED zrédlem $wiatla sg zaawansowane diody RGB, ktére gwarantujg szeroka Wyszukiwanie materiatéw eksploatacyinych
» Wyszukiwanie materiatéw eksploatacyjnyc

game koloréw oraz intensywne odcienie. Charakteryzuja si¢ jasnoscia na poziomie do

: i 4800 lumenéw (ANSI) oraz duza stabilno$cia obrazu. Zuzycie energii jest w nich ponad [ i

' ‘ 30% mniejsze, a zywotno$¢ dochodzi nawet do 30 tys. godzin. R
|

Do kazdego rodzaju drukarki lub urzadzenia wielofunkcyjnego uzywa si¢ innych materia-
' 16w eksploatacyjnych. Mozemy je podzieli¢ na trzy podstawowe rodzaje:

+ Pojemnik z ta§ma nasgczong tuszem.
o+ Pojemnik z tuszem.

\ Co to jest projektor multimedialny?
» Pojemnik z tonerem.

l Jakie sg rodzaje projektoréw multimedialnych?
' Jakie sg parametry projektoréw multimedialnych?

Pojemnik z ta§ma nasaczong tuszem

Ten material eksploatacyjny stosuje sie przede wszystkim w drukarkach igtowych, lecz
takze w niektérych faksach stacjonarnych. W érodku pojemnika znajduje si¢ zwinigta cia-
sno ta$ma nasaczona tuszem. Jest to material eksploatacyjny, ktérego z reguty sie nie
regeneruje, poniewaz koszt zakupu jest do$¢ niski. Wynosi on $rednio 8-60 zt i zalezy od
| rodzaju urzadzenia, od producenta i wielkosci kartridza. Oryginalne materiaty eksploatacyj-

ne sg drozsze i maja lepsza jako$¢. Mozemy jednak korzysta¢ tez z tanszych zamiennikéw
innych firm.

| a) b)

' Ry: Tasma do drukarek igtowych: a) kompletna, b) widok wewnatrz z nawinigta tasma

Pojemnik z tuszem

Pr.oducenci drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych stosuja najczesciej jedno z dwéch roz-
Wwigzan: albo umieszczaja w urzadzeniu dwa pojemniki z tuszem (czarny i kolorowy), albo
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cztery (czarny, Cyjan, magenta i z6tty). Zazwyczaj przy zastosowaniu pierwszej opdji po.
jemniki maja zintegrowane glowice drukujgce. Przy czterech pojemnikach s3 to jedynie
pojemniki z samym tuszem.

a)

Pojemniki z tuszem i gtowicg — a) i b) oraz pojemniki z tuszem bez glowicy - ¢} i d)

Pojemniki zawierajgce glowice mozemy regenerowa¢ poprzez napehianie ich tuszem
w celu obnizenia kosztéw eksploatacji. Nalezy pamieta¢, by nie zastania¢ naklejka otwo-
réw napowietrzajacych, poniewaz drukowanie nie bedzie wtedy mozliwe. Do kazdego po-
jemnika nalezy wla¢ odpowiednig ilo$¢ tuszu, zgodnie z opisem na pojemniku. Jezeli na
pojemniku kolorowym znajduje sie napis 15 ml, nalezy wla¢ maksymalnie po 5 ml kazde-
go z trzech koloréw.

Kolory zuzywajg si¢ nieréwnomiernie, wiec ilo§¢ dolewanego tuszu moze by¢ rézna.

a) b)

20ty (yellow)

turkusov&yh_('c»j;én')'

purpurowy (magenta)

. Napelnienie pojemnika z tuszem: a) czarnym, b) kolorowym

Pojemniki z samym tuszem s na tyle tanie, ze nie oplaca sie ich regenerowad.

pojemnik z tonerem

W drukarkach laserowych stosuije si¢ pojemniki wypelnione tonerem. Tonelf to po prostu
sproszkowany tusz. Nalezy pamietaé, ze w nowo zakupioqej drw.ulfarce zga]du]e sig tzw,.

ojemnik startowy, ktéry zawiera mniejszg ilo§¢ tonera..Po].ernmlﬂ te mozna bylo klledys
regenerowac, lecz obecnie producenci stosuja chipy thza]qce wydrgkovyape.kartkl, co
atrudnia regeneracje. W przypadku regeneracji pojemnika nalezy pamigtac, ze jest w nim
r6wniez zamontowany beben selenowy. Ma on ograniczong wytr.zyma}os'c', trzel.J'a sie wiec
liczy¢ z koniecznoscig wymiany pojemnika po okre$lone liczbie jego regeneracji.

Rys Pojemnik z tonerem do drukarki laserowej

Wyszukiwanie materiatéw eksploatacyjnych
Materialéw eksploatacyjnych nalezy szukac albo na podstawie oznaczen urzadzenia, albo
wedtug oznaczet wymienianego materiatu. Tonera do drukarki HP szukamy albo zgodnie
z jej oznaczeniem, np. L] 1018, albo wedtug modelu tonera, np. Q2612A.

W przypadku drukarek atramentowych lub urzadzen wielofunkcyjnych mozemy po-

trzebowac¢ kilku tuszéw, np. Epson SX 218 wymaga czterech tuszéw: TO711 (black), T0712 -

(cyan), T0713 (magenta), TO714 (yellow).

1. Skorzystaj z informacji zebranych w internecie i wyszukaj materiaty eksploatacyjne do
posiadanych drukarek.

A

1. Jakie znasz rodzaje materialéw eksploatacyjnych?
2. Jakie s3 rodzaje pojemnikéw z tuszem?
3. Jak nalezy dobiera¢ materiaty eksploatacyjne?
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Konserwacja urzadzen
peryferyjnych

Zasady konserwowania urzadzenia peryferyjnego
Srodki stosowane przy konserwacji
Btedy popetniane przy konserwacji urzadzen

Whasciwa konserwacja przedtuza zywot urzadzenia i jego dobre funkcjonowanie. Nalezy
jednak pamieta¢, ze moze ona wptynac negatywnie na dziatanie urzgdzenia, o ile nie zo-

stanie przeprowadzona nalezycie i wedtug okreslonych wskazéwek.

Do konserwacji urzadzeri w zaleznosci od typu potrzeba:
sprezonego powietrza;
! $rodkéw czyszezacych:
— pianek do plastiku,
— pianek do ekranéw,
- nawilzonych chusteczek;
$ciereczek z mikrofibry;
odkurzacza komputerowego.

Konserwacja klawiatury

Zabrudzong klawiature nalezy przeczy$ci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza, aby po-
zby¢ sie zabrudzer, ktére czesto powoduja blokade ktéregos z klawiszy lub kilkakrotne
powtarzanie wcisnietego znaku. Jezeli ta metoda nie przyniesie oczekiwanego efektu,
nalezy wyja¢ klawisz, przeczyéci¢ detergentem gumke pod nim, a po wyschnieciu za-
lozy¢ klawisz na swoje miejsce. W przypadku konserwacji klawiatury w laptopach nale-
7y przy zdejmowaniu klawisza zwréci¢ szczeg6lng uwage na jego zaczepy, aby ich nie
uszkodzic.

Konserwacja myszy

WspGhezesne myszki optyczne i laserowe nie s3 tak wymagajace pod wzgledem konserwacji
jak myszy kulkowe, w ktérych nalezato oczy$cic kulke i rolki. Nalezy regularnie oczyszczac
w nich ¢lizgacze, na kt6rych przesuwamy mysz po powierzchni. Bardzo czgsto zbiera si€
tam spora ilo$¢ brudu, co powoduje nieprawidtowe sterowanie mysza na ekranie.

Konserwacja monitoréw

Obudowe zewnetrzng monitoréw nalezy czy$cic specjalna piankg do plastikéw kompute-
rowych lub lekko zwilzong szmatkg. Ekran monitora CRT czyscimy pianka elektrostatycz
ng. Nie wolno my¢ monitora CRT mokra §ciereczkg z detergentami.

PEE————

|

|

Ekran monitora LCD nalezy czy$ci¢ przeznaczonymi do tego piankami lub specjalnymi
nasaczonymi chusteczkami. Nie powinno sig stosowa¢ zadnych innych $rodkéw (w tym
detergent6w), poniewaz mozna uszkodzi¢ matryce monitora.

Konserwacja drukarek i atramentowych
urzadzen wielofunkcyjnych

W przypadku konserwacji atramentowych urzadzen drukujacych czyszczenie glowicy dru-
kujacej mozna przeprowadzi¢ na dwa sposoby: recznie lub za pomoca oprogramowania do
zarzgdzania urzadzeniem.

Mozna skorzysta¢ z oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym lub
dostepnego w rozbudowanym panelu sterujagcym (w przypadku niektérych urzadzen
wielofunkcyjnych). Podczas konserwacji urzadzenie moze pobrac kilka kartek w celu prze-
prowadzenia testow glowicy po wyczyszczeniu.

fCzyszozenie

- LAttt

¥szystkie

Rys. Czyszczenie glowicy w urzadzeniu wielofunkcyjnym

Konserwacje reczng glowicy drukujacej mozna wykona¢ jedynie w urzadzeniach, ktére
maija glowice wbudowang w kartridz z tuszem. Pojemnik taki nalezy wyjac z urzadzenia
i delikatnie przeczysci¢ za pomocg chusteczki higienicznej dolng czes¢ drukujaca.

Przed zamontowaniem kartridza na miejscu nalezy przetrze¢ styki w §rodku urzadzenia.

Glowica drukujaca w urzadzeniu atramentowym (widok od spodu)

Kplejnym etapem konserwacji urzadzen drukujacych jest czyszczenie rolek podajacych
Papier. Rolki te czesto tracg swoje whasciwosci przyczepne przez zabrudzenie pytem papie-
FoWym i kurzem. Rolki najlepiej czy$ci¢ wilgotng szmatka z detergentem.
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Do rolek podajacych papier najlatwiej dostac sie od tytu urzadzenia, gdzie znajduje sie
otwor rewizyjiny.

Otwér rewizyjny

Konserwacja drukarek i laserowych
urzadzeh wielofunkcyjnych .

|

‘ Urzadzenia te nalezy wyczysci¢ przede wszystkim z resztek tonera, ktére znajduja sie
w §rodku. W tym celu trzeba wyja¢ uktad wywotujacy i wyczysci¢ wnetrze za pomocy spre-

’ zonego powietrza lub — najlepiej — odkurzacza komputerowego.

|

| Konserwacja skaneréw .I 6. |<O 'm p Ute ry

l Podczas skanowania zabrudzeniu ulegaja dwa podstawowe elementy skanera: szyba i lu- |

stra odbijajace obraz. W celu wyczyszczenia luster nalezy zdja¢ wierzchnia szybe i prze-
czysci¢ w srodku lustra odbijajace. Nastepnie, przed zamontowaniem szyby, powinno sig | rZ e n O S n e
wyczyscic ja $rodkiem do mycia szyb.

B | urzagdzenia mobilne

Wykonaj konserwacje monitora dostepnego na twoim stanowisku komputerowym.
Wykonaj w grupie konserwacje urzadzenia drukujacego, dostepnego w pracowni kom-

= puterowe]. ,
| ® Komputery przenosne — budowa, parametry

® Netbooki

® Urzadzenia mobilne

® Smartfony

" Tablety

® Nawigacje GPS

. ® Czytniki e-bookéw
® Smartwatche

i
!
!
!
!
|

|
i
i

Jakich §rodkéw nalezy uzywa¢ przy konserwacji urzadzen peryferyjnych?
Jak powinno sie przeprowadzi¢ konserwacje urzadzenia drukujgcego?

i
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v Komputery przenosSne —
| ‘budowa, parametry

| |

] i
ZAGADNIENIA

= Budowa typowego laptopa
= Podstawowe elementy laptopa

| Komputery przenosne
Laptopy (nazywane takze notebookami) to przeno$ne, zamykane urzadzenia, w ktdrych
znajduja sig:

* phyta gléwna, Rys. 83.2. Widok laptopa z przodu
¢ prOC?sE)r, . 1- matryca matowa, 2 - klawiatura, 3 — touchpad, 4 - kamera
e pamie operacyjna RAM,
e karta graficzna, Laptopy sa wyposazone w wewnetrzne akumulatory, pozwalajace na kilka godzin pracy
e dysk twardy, bez podiaczenia do sieci zasilajacej. Zewngtrzne zasilacze shuzg do tadowania akumulato- ' |
e naped dyskéw optycznych (CD, DVD, Blu-ray Disc), 16w z sieci elektrycznej. Istniejg takze fadowarki podiaczane do gniazda zapalniczki wsa- |
o klawiatura, ' mochodzie lub gniazda zasilajacego w samolocie czy w pociagu.
l e touchpad, Wiekszos¢ wspétczesnych laptopéw jest ponadto wyposazona w urzadzenia wykorzystu-
| I e ekran LCD (ang. Liquid Crystal Display). jace nowoczesne technologie, takie jak IrDA (ang. Infrared Data Association), Wi-Fi (ang.
Laptopy pobieraja mniej energii elektrycznej niz komputery stacjonarne. Budowe lap- Wireless Fidelity), Bluetooth, GPS (ang. Global Positioning System). Pozwalajg one m.in. ko-
| topa pokazano na rysunku 83.1. munikowac sie z urzadzeniami zewnetrznymi oraz laczy¢ sie bezprzewodowo lub przewo-
dowo z internetem.
‘ Laptopy maja zazwyczaj gniazdo do podiaczania zewngtrznego monitora lub rzutnika,

co utatwia prowadzenie prezentacji multimedialnych i konferencji. Na rynku sg réwniez
dostepne modele wyposazone w cyfrowe zlacze DVI (ang. Digital Visual I nterface) do trans-
misji obrazu lub zlacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) do przesylania
nieskompresowanego sygnatu cyfrowego audio-wideo oraz strumienia danych. ‘

Rys. 83.1. Budowa laptopa
1—procesor, 2—karta graficzna, 3 - chipset, 4- pamig¢ RAM, 5 dysk twardy, 6—karty rozszerzen, 7~ bateria,
8~ wentylator

I S to podstawowe elementy budowy laptopéw. Firmy produkujace laptopy oferuja réw-
niez rozbudowane wersje, w zaleznosci od zastosowan danego modelu. -

Ekrany laptopéw sa wykonane w technologii TFT (thin film transistor) lub LED i maja

| wymiary od 12 do 17 cali. Jako urzadzenie wskazujace wykorzystuje si¢ dotykowy panel,

zwany potocznie touchpadem.

!
|
I
Rys. 83.3. Widok laptopa z boku | ]
I~ port LAN, 2 - porty USB, 3 - naped optyczny, 4 — ztacze D-SUB, 5 - HDML, 6 - ztacze USB, 7 — gniazda i
stuchawek i mikrofonu, 8 — ztacze zasilania

I S . +




16. KOMPUTERY PRZENOSNE 1 URZADZENIA MOBILNE

Na rynku laptopé6w mamy do czynienia z produktami oferowanymi przez wielu pro-
ducentéw. R6znij si¢ one nie tylko parametrami, lecz takze wygladem. O wygladzie decy-
duja: obudowa, kolor, uklad elementéw i wiele innych. Producentami laptopéw sq m.in.:
Acer, Lenovo, Asus, HP, Fujitsu, Toshiba, Samsung, MSI.

Przy wyborze laptopa nalezy zwréci¢ uwage przede wszystkim na jego parametry, po-
niewaz to od nich zalezy szybko$c i wydajno$¢ pracy urzadzenia.

Parametry laptopa

Najwazniejszymi parametrami laptopéw sa:
‘Matryca — wielko$¢, typ, rozdzielczosé.
Procesor — producent, seria, model, parametry.
Pamied — typ, ilo$¢, szybkosc.

Karta graficzna.

Dysk twardy — typ, pojemnog¢, predkosc.
Wejécia 1 wyjscia.

Matryca

Matryca petni w laptopie bardzo wazna funkcje, poniewaz wy$wietla obraz wyslany przez
karte graficzng. Od matrycy zalezy m.in. rozdzielczo$¢, w jakiej bedziemy na co dzieni pra-
cowaé. W przypadku zastosowari domowych rodzaj matrycy nie jest tak bardzo istotny.
Za to w zastosowaniach profesjonalnych stanowi bardzo wazny element.

Najczesciej wystepujg matryce o przekatnej 17,37, 15,6%, 15,47, 15", 141" i 12” oraz
rozdzielczo$ciach 1366 x 768 lub HD 1600 x 900. Ekrany o wyzszych rozdzielczo$ciach |
(np. WUXGA 1920 x 1200 pikseli), ktdére zapewniajg lepszy komfort pracy, sg stosowane
w laptopach wyzszej klasy, zazwyczaj wyposazonych w bardzo szybkie karty graficzne.

W starszych laptopach sa wykorzystywane matryce typu LCD, a w nowszych — typu
LED. Réznica polega na systemie podéwietlania matrycy. W przypadku podéwietlenia
LCD po obu stronach matrycy znajduja sie $wietléwki, a przy matrycach LED ekran
jest pod$wietlany diodami. Matryce LED s3 energooszczedne i nie maja dodatkowego
zasilania.

|
i

Rys. 83.4. Matryca: a) LCD, b) LED

Matryce LCD mozna poznac po dodatkowej wtyczce zasilania z inwertera (rys. 83.4).
Matryce LED s3 zasilane ze zlacza sygnatowego.

Rozdzielczo$¢ matrycy ma przede wszystkim znaczenie dla grafikéw i graczy kompute-
rowych. Dla nich liczba pikseli jest szczeglnie istotna przy wy$wietlaniu grafiki. W takich
sytuacjach nalezy korzysta¢ z matrycy o podwyzszonej rozdzielczosci.

e Core i7 — 2- i 4-rdzeniowe

PRZYKLAD 83.1.

Procesor

Podobnie jak w wypadku komputeréw stacjonarnych — s3 dwaj producenci procesoréw do
Japtopéw. S3 to firmy INTEL i AMD. Kazdy z producentéw oferuje wiele rozwigzan — od
domowych do profesjonalnych.

Rodzaje procesoréw wystepujacych we wspéiczesnych laptopach przedstawia tabela 83.1.

Tabela 83.1. Rodzaje procesoréw

AMD

¢ Celeron Dual Core e seria C — 2-rdzeniowe

¢ Pentium Dual Core e seria E — 2-rdzeniowe

e Core i3 — 2-rdzeniowe e seria A — 2- i 4-rdzeniowe

e Core i5 — 2- i 4-rdzeniowe §

Intel Celeron i Pentium Dual Core oraz AMD seria C i E to rozwigzania dwurdzeniowe
dla uzytkownikéw domowych, ktérzy nie potrzebuja duzej wydajnosci.

Seria procesoréw Intel Core oraz AMD seria A to procesory do zastosowan bardziej
profesjonalnych i dla wymagajacych uzytkownikéw.

Rys. 83.5. Przyktadowe procesory mobilne
Intel (u géry) i AMD (u dotu)

Intel® Core™ i5-2450M (3M cache, do 3.1 GHz)

To dwurdzeniowy procesor o czestotliwoéci 2,5 GHz, ktéry dzieki technologii HT
jest traktowany w systemie operacyjnym jako uklad czteroprocesorowy. Zawiera
tez technologie Turbo Boost, dlatego moze podnieé¢ czestotliwo$¢ do 3,1 GHz. Ma
réwniez pamie¢ cache L3 o wielkosci 3 MB.

B Procesory
.5} Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz
[ Intel(R) Core(TM) 15-2450M CPU @ 2.50GHz
L5} intei{R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz
) Intel(R) Core(TM) i5-24501 CPU @ 2.50GHz

Rys. 83.6. Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5,
widziany w systemie operacyjnym jako cztery
rdzenie (technologia HT)
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AMD A6-3420M (4 cores, 4MB 12 Cache, up to , HD graphic controller, Turbg
Core) to czterordzeniowy procesor o czestotliwosci 1,5 GHz. Dzigki technologi;

Turbo Core moze pracowac z czgstotliwoscig do 2,4 GHz. Ma pamie¢ cache 12
o wielkosci 4 MB oraz wbudowang karte graficzng serii Radeon HD 6520.

Pamieé

Laptopy s3 wyposazone w szybkie pamieci SO-DIMM DDR, DDR2 lub DDR3. Przy zaky.
pie laptopa nalezy zwréci¢ uwage, jaki typ i jaka ilos¢ pamieci w nim zamontowano oray
z jaka maksymalng predkoscia pamieci moze pracowac. Wazne jest réwniez, jakg mak.
symalng ilo$¢ pamieci obstuzy notebook oraz czy jeden ze slotéw pamieci jest wolny (co
umozliwi pézniejszg rozbudowe).
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Rys. 83.7. Pamigci SO-DIMM: a) DDR, b) DDR2, c) DDR3

Karta graficzna

Notebooki do typowych zastosowari domowych majg zintegrowane karty graficzne firm
AMD i Intel. Jezeli potrzebujemy wiekszej wydajnosci graficznej, musimy poszuka¢ note-
booka z kartg graficzng ATT Radeon lub NVIDIA GeForce. Przy wyborze karty nalezy zwré-
cic szczeg6lng uwage na model chipsetu oraz ilog¢ pamieci zawartej w karcie (np. NVIDIA
GeForce GT630M z 2 GB DDR3 lub ATI Radeon 7670M z 1 GB DDR3)

Rys. 83.8. Dyski laptopow: interfejs SATA (u géry) i ATA (u dotu)

k twardy . . . o
\?Jisgkszoéc' laptop6w jest wyposazona w szybkie dyski SATA o pojemnosci od 250 do 750 GB.

ie j 7 iewaz d niego zalezy, ile danych zmieéci si¢ na

zakupie jest to wazny element, poniewaz to o ' . . na

Eézputerlzje. Niektére modele notebookéw maja bardzo szyb1.<1e.dysk1 SSD o pojemnosci
32-512 GB. Starsze modele laptopéw byly wyposazone w dyski z interfejsem ATA.

|
jéci .W.§Cia . . .. s . |
?{V:éfi;li‘alptog ma okreglona liczbe oraz typ wej$¢ i wyjsé¢. Typowymi wejsciami i wyjSciami sg: }
o gniazda USB 2.0 lub USB 3.0,
° gniaZdo D-SUB, DVI, HDMI, |
o czytniki kart i linii papilarnych,
e gniazdo E-SATA.

Dokonaj analizy dostepnego laptopa i wyszukaj w nim wszystkie poznane elementy.

. Jakie s3 podstawowe elementy laptopa?
Jakie wejcia i wyjécia ma laptop?
Jakich znasz producentéw laptopéw? ,
. Jakie s3 podstawowe parametry laptop6w?
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; Netbooki

|

ZAGADNIENIA
® Budowa typowego netbooka
= Podstawowe parametry netbooka

P Netbook -

! Na rynku pojawily sie réwniez mniejsze wersje laptopéw, czyli netbooki (ultrabooki).
Jak sama nazwa wskazuje, przewidziane byty przede wszystkim do korzystania z interne-
tu. Ze wzgledu. na niewielkie rozmiary montuje sie¢ w nich matryce 10-13 cali. Netbooki

| maja zazwyczaj gorsze parametry w poréwnaniu z wigkszymi urzgdzeniami, ale za to pra-
cana baterii jest duzo dtuzsza (nawet do dziewieciu godzin).

‘ Nlektc'zre.modele netbookéw majg zintegrowany modem 3G, dzieki czemu mozna
korzysta¢ z internetu GSM bez koniecznoéci montowania modemu w gniezdzie USB.

Cechg charakterystyczng netbooka jest brak napedu optycznego.

l a) b).
E .

Budowa netbooka

Rys. 84.1. Poréwnanie net-
booka i laptopa: a) Typowy
netbook, b) typowy laptop

Rys. 84.2. Budowa netbooka: a) widok z przodu, b) widok z boku.

1- USB, 2 - czytnik kart, 3 — mikrofon, stuchawki, 4 - gniazdo D-SUB, 5 — i
7 — gniazdo zasilania, 8 — gniazda USB ¢ # 3ot LAN. &~ Kensingron(ESSy

I

parametry netbookéw

parametry przykladowego netbooka:
Procesor: Intel Atom N570 1,66 GHz.
Matryca: LED 10,1 cala matowa.
Rozdzielczoéé: WSVGA 1024 x 600.
Pamieé: DDR3 1 GB (maks. 2 GB).
Dysk twardy: 320 GB SATA 5400 obr/min.
Karta graficzna: Intel GMA 3150.
Interfejsy / porty:

— Bluetooth

— Wi-Fi802.11b, g, n

— 2 sztuki USB 2.0

— czytnik kart SD, SDHC, MMC

—~ D-SUB

— LAN

¢ Wbudowana kamera 0,3 Mpx.

o Bateria trzykomorowa.

Procesory stosowane w netbookach
o Intel Atom.

o Intel Pentium Dual Core Mobile.
e Intel Core i3 Mobile.

o AMD seria C.

o AMD dual core seria E.

Pamigé masowa stosowana w netbookach
o Dyski twarde SATA.

e Dyski SSD.

e Karty pamieci flash.

Rozbudowa netbooka jest bardzo ograniczona i sprowadza sig jedynie do wymiany pa-
mieci lub dysku twardego. Pozostate elementy komputera s3 zintegrowane z ptyta gléwna
i nie mozna ich wymieni¢. W niekt6rych modelach mozna tez wymieni¢ procesor.

Skorzystaj z internetu i sprawdz, jak sa zbudowane wspdlczesne netbooki.

Jakie s3 podstawowe parametry netbookéw?
Jak jest zbudowany typowy netbook?
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'Urzadzenia mobilne

— - e N -

ZAGADNIENIA
m Definicja urzadzenia mobilnego
® Rodzaje urzadzeft mobilnych

Urzadzenia mobilne !
Urzadzenie mobilne to niewielkie urzadzenie elektroniczne o duzych mozliwosciach, stu-
zace do komunikacji, pozwalajace na przetwarzanie oraz odbieranie i wysylanie danych za
pomoca technologii bezprzewodowych.

Rodzaje urzadzeri mobilnych
Palmtop.

Odtwarzacz mp3, mp4.
Przeno$ne konsole gier.

Laptop, netbook.

Tablet.

Smartfon.

Nawigacja GPS, rejestrator jazdy.
Czytnik e-bookéw.

Smartwatch.

Ewolucja urzadzefi mobilnych

Jednym z pierwszych urzadzen mobilnych na rynku bylo urzadzenie PDA, tzw. Palmtop

- komputer, ktéry miesci sie na dloni. Posiadal on wiele funkgji, np. oprogramowanie biu- |
rowe, kalendarz, notatnik, przegladarke plikéw, ksigzke adresows. Kolejne wersje urzadze-
nia miaty dodatkowe funkcje, takie jak odtwarzacz mp3, przegladarke zdje¢, wbudowany
aparat cyfrowy i modut GPS.

Rys. 85.1. Przykladowy palmtop

DBIL

Urzadzenie moglo laczy¢ sie z komputerem za pomocy interfejséw: Bluetooth, Irda
oraz USB. Ponadto moglo taczy¢ sie z siecig internet za pomocg Wi-Fi i wbudowanego
w najnowsze modele modemu GSM. Najnowsze rozwiazanie polegato na wprowadzeniu
modulu, takiego jak w telefonach, umozliwiajacego rozmowy telefoniczne. Urzadzenie
pracowato zazwyczaj w systemie Windows CE.

Jak tatwo sie domysli¢ — rozwinieciem tego rozwiazania jest wspélczesny smartfon,
kt6ry oprécz funkcji telefonu moze petnié te same co palmtop. Smartfon jest urzadzeniem
o wiele wydajniejszym od swojego poprzednika, a do tego pracuje na systemie Android,
ktéry zrewolucjonizowat rynek smartfonéw.

W czasach jeszcze przed smartfonami duzg popularnoscia cieszyty sie multimedialne:

urzadzenia, takie jak odtwarzacze mp3 i mp4. Mozna bylo na nich odtwarza¢ muzyke
mp3 zamieszczong na pamieci flash. Dodatkowo urzgdzenia mp4 mogty odtwarza¢ zdje-
cia oraz filmy w specjalnych formatach.

Rys. 85.2. Urzadzenia mp3 oraz mp4

Mobilnoéci nie opart sie réwniez rynek gier komputerowych, gdzie wprowadzono zmi-
niaturyzowane, przenosne konsole, takie jak Nintendo DS oraz Playstation Portable (tzw.
PSP). Urzadzenia umozliwiaty uruchomienie wielu popularnych gier komputerowych na
niewielkich ekranach.

Rys. 85.3. Przeno$ne konsole Nintendo DS. i Playstation PSP

|
|
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Réwniez rynek komputeréw PC spetnia wymogi mobilnosci — powstaly pierwsze kom-

1 | putery przenos$ne, zwane dotychczas notebookami lub laptopami. S3 wyposazone we
wszystkie funkcje typowego komputera klasy PC, a dodatkowo mozna je swobodnie prze.
nosic i pracowac dzieki zasilaniu z baterii gdy nie ma dostepu do sieci elektrycznej. ; f' P

; Producenci laptopéw uwzgledniajg zapotrzebowanie klientéw na urzadzenia jak naj. | ' S m a rt 0 ny ?
mmniejsze oraz o wydtuzonym czasie pracy na zasilaniu bateryjnym, ktére stuza przede
wszystkim do korzystania z internetu. W tym celu powstaly notebooki o wielkosci od 7 do
11 cali, ktérych czas pracy przy zasilaniu bateryjnym dochodzi do 11 godzin. l
Okazalo sie, ze nawet netbooki s zbyt duze i ciezkie. Kolejnym krokiem w kierunky

% ] zmniejszenia urzadzen byly tablety. Wyswietlacze wielkosci zazwyczaj od 7 do 10 cali, wy-

posazone w wielordzeniowe procesory oraz spora pamiec podreczng, zrewolucjonizowaty ZAGADNIENIA
rynek mobilny. Urzadzenia te staly sie bardzo popularne ze wzgledu na swoje mozliwosci s Definicja smartfona :
oraz niewielkie wymiary. Dodatkowo wiekszo$¢ urzadzen pracowala na nowym systemie u Budowa smartfon

Android, ktéry dawal ogromne mozliwosci.
Rosnaca popularnos¢ tabletéw zmierzata tez w innych kierunkach, jak czytniki ebookéw, |
.| nawigacje GPS i rejestratory jazdy. Jednak chyba jednym z najbardziej popularnych dzig |
‘ ! urzadzen mobilnych pozostaje smartfon. l
Mimo ze pelni te same funkcje co wszystkie wezesniejsze urzadzenia, jest jednym
z najmniejszych.

m Funkcje typowego smartfona l

Smartfon

Smartfon to przeno$ne urzadzenie elektroniczne niewielkich rozmiaréw, ktére iaczy
w sobie funkcje telefonu komérkowego i palmtopa. Popularni producenci smartfonéw: |
Samsung, LG, Apple, Huawei, ZTE, Nokia.

|
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Typowe funkcje smartfona 1
Telefon komérkowy. |

Przegladarka sieci www i poczty elektronicznej. |

Nawigacja GPS. '

Aparat i kamera cyfrowa.

Terminarz. ] ‘

Odtwarzacz wielu typéw dokumentéw. ‘

Konsola do gier.

Czytnik e-bookéw. |

Odtwarzacz muzyki.

Przegladarka zdjec.

Co to jest urzadzenie mobilne?
Jakie sg rodzaje urzadzeh mobilnych?
Jakie sg mozliwodci, funkcje urzadzen mobilnych?

Budowa typowego smatrfona .
l ‘e Ekran dotykowy (digitizer). |
| ® Matryca.
t o Plyta gléwna z procesorem oraz pamigcig.
' o Kamera lub kamery (przéd, tyh).

o Akumulator litowo-jonowy.
| e Obudowa.

! Systemy operacyjne pracujace na smartfonach \ !
e Android.
e iOS. i
e Windows 10 Mobile.

| e BlackBery OS.
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Budowa smartfona
Poszczegdlne elementy typowego smartfona wida¢ na rysunku ponizej.

R —
i
I
i
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Tablety

3 S———

ZAGADNIENIA

m Definicja tabletu

s Budowa tabletu

= Funkcje spetniane przez typowy tablet

Tablet
Tablet — jest to nieduzy komputer przenosny, wigkszy niz smartfon, a mniejszy niz net-
book. Ma 7-10-calowy ekran dotykowy, nie zawiera wbudowanej klawiatury, a jedynie jej
odpowiednik ekranowy. Na tabletach nie korzysta si¢ z no$nikéw wymiennych, takich
jak plyty czy pamieci flash. Wspétpracuja one jedynie z kartami pamieci, ktére stano-
Rys. 86.1. Budowa smartfona | wig rozszerzenie wbudowanej pamieci wewnetrznej. W tablecie korzystamy z aplikacji
1- sluch_awka, 2- c_zujnik zblizeniowy éwigt}a, 3 —kamera przednia, 4—/ wys$wietlacz z panelem dotykowym, wbudowanych w system lub takich, ktére mozna naby¢ bezptatnie albo kupi¢ w aplikacji
5— przycisk zasilania, 6 - ztacze Jack, 7 - mikrofon, 8- kamera tylna (gtéwna), 9~lampa btyskowa, 10~ przy- i bilnei. np. Coogle Play. Posiadai be d k ikacie Bluetooth. Wi-Fi
cisk glognoéci, 11 — gniazdo karty SIM i micro SD, 12— akumulator, 13 — gloénik, 14 — przycisk Home mobiine], np. g ‘Y- 1a 3‘]_% one z.przewo; O\INQ omunikacje bluetootn, Wi-ri
oraz czesto GSM. Pracuja na baterii znacznie dluzej niz laptopy. Tablety nie maja duzo

Parametry przyktadowego smartfona zhacz wej écia—vy}.fjécia jak laptopy. Korzystaja zazwyczaj z interfejséw bezprzewodowych
1 . o Matryca 5,5” Super Amoled. i maja najwyzej jedno ztacze USB oraz zigcza Jack do podpiecia stuchawek.
! ° Rozd21¢1czosc: 25.60 x 1440 pikseli. Producenci tabletéw
| e Procesor 8 rdzeni (4x2,3 GHz +4x1,6 GHz). e Samsung.
< 1 e Pamieé wewnetrzna 32 GB. e Asus.
| ' e Pamiec RAM 4 GB. e Lenovo.
| e Aparat cyfrowy: tyt 12 Mpx, przéd 5 Mpx. e Apple.
o Interfejsy: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LTE, GPS, USB. e Modecom.
. e Dodatkowe funkcje: akcelerometr, barometr. e Manta.
| e Czujniki: geomagnetyczny, o$wietlenia, zyroskop, zblizeniowy, linii papilarnych. e Coclever.
|| e System operacyjny: Android 6.

| Rodzaje tabletéw
: . . ® Mini—7- i 8-calowe.
® Pelnowymiarowe — ponad 9 cali.

Sprawdz, jakie funkcje posiada twéj whasny smartfon. o Transformer — z odlgczang szybko klawiaturg zewnetrzna.

Sprawdz, parametry swojego smartfona.
Zobacz, jaki system jest zainstalowany w twoim smartfonie.
Zobacz, jak jest zbudowany twéj smartfon.

Przyktadowe parametry tabletéw

Matryca: 9,7” Super Amoled.

Rozdzielczod¢: 2048 x 1536.

Procesor 8 rdzeni (4x1,8 GHz + 4x1,4 GHz).
Pamieé wewnetrzna: 32 GB.

Pamiec: RAM 3 GB DDR3.

Aparat cyfrowy: tyt 8 Mpx, przéd 2,1 Mpx.
Interfejsy: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LTE, GPS, USB.

~

Jakie s3 typowe funkcje smartfona
Jakie systemy wystepuja na smartfonach?
Jakie sg przyldadowe parametry smartfona? I
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¢ Dodatkowe funkcje: poréwnaj tablet z laptopem, korzystajac z ponizszej tabeli. Mozesz dodac inne parametry.

— akcelerometr,

— zyroskop Tablet Laptop
i |
e Czujniki: » ?, i
. whalkodc ekranu |
| — $wiatla, wie |
7 {
— magnetometr. Klawiatura ;

o System operacyjny: Android 6.

. Czas pracy na baterii J

. Budowa tabletu
' Budowa zewnetrzna typowego tabletu jest podobna do budowy smartfona, natomiast by.
| dowa wewnetrzna zostata przedstawiona na rysunku ponizej.

Tiigaa wejécia, wyjscia

| |

ea—L

1. Sprawdz, jakie funkcje ma tablet, kt6ry posiadasz.

7. Sprawdz parametry swojego tabletu.

3. Zobacz, jaki system jest zainstalowany w twoim tablecie.
4. Wyszukaj dostepne na rynku tablety i poréwnaj je ze soba.

1. Jakie s3 rodzaje tabletéw?
2. Jakie sa przykladowe parametry tabletu?

1 2 5 8 9 10

Rys. 87.1. Budowa tabletu

1-mikrofon, 2— ztacze Jack, 3— kamera przéd, 4— kamera tyl, 5— pamie¢ wewnetrzna, 6— procesor, 7—ztacze
| matrycy, 8 — wejscie kart micro SD, 9— akumulator, 10 - glo¢niki, 11 — antena Wi-Fi

Funkcje tabletu

o przegladanie internetu
robienie, przegladanie i katalogowanie zdjec
nagrywanie, stuchanie muzyki

bezprzewodowa lgczno$é z urzadzeniami mobilnymi
dostep do aplikacji sklepu Google Play
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Nawigacje GPS

ZAGADNIENIA
= Definicja GPS
» Zasada dziatania nawigacji GPS

System GPS i nawigacja GPS
GPS to system nawigacji satelitarnej, wynaleziony w Stanach Zjednoczonych, obejmuje
calg kule ziemska. System ztozony jest z trzech segmentéw: satelit krazacych wokét Ziemi,
stacji monitorujacych i kontrolnych na Ziemi oraz odbiornikéw sygnatu przez uzytkowni-
kéw. Dzialanie systemu jest oparte na pomiarze czasu, w jakim sygnat z satelitéw dociera
od odbiornikéw. Sygnat zawiera réwniez informacje o rozmieszczeniu satelitéw na nie-
bie. Aby korzysta¢ z systemu GPS, wystarczy mie¢ jedynie odbiornik, ktéry znajdowac sie
moze w: smartfonie, tablecie, nawigacji GPS, moze tez by¢ samodzielnym urzadzeniem
podiagczanym przez interfejs USB.

Rys. 88.1. Przyklad dzialania systemu GPS

Nawigacja GPS jest to urzadzenie z wbudowanym modutem GPS, ktére w prosty spo-
s6b moze doprowadzi¢ nas do wybranego celu, dzigki mapie zainstalowanej w nawigacji-
Urzadzenie pelni tez dodatkowe funkcje, np.: odtwarzacza zdje¢, muzyki, filméw, przegl_%'
darki plikéw, modutu Bluetooth lub Wi-Fi. Zasilanie i fadowanie urzadzenia odbywa SI¢
zazwyczaj przez USB mini lub mikro.

e

Budowa nawigacji jest podobna do budowy tabletu. Sktada si¢ z dotykowego panelu,
matrycy oraz ptyty gtéwnej z procesorem i pamigcia. Wszystko jest zasilane wbudowanym
akumulatorem litowo-jonowym.

} Przyktadowa nawigacje GPS z akcesoriami widzimy na rysunku 88.2.

17:30:31

%4 [

=

il Mthailia Fotr

Rys. 88.2. a) Nawigacja GPS z menu gtéwnym, b) akcesoria: uchwyt na szybe i fadowarka samo-
' chodowa

Budowa nawigacji GPS zostata przedstawiona na rysunku 88.3.

1 2

Rys. 88.3. Budowa nawigacji GPS

1 - matryca z dotykiem, 2 - ta§ma matrycy, 3 — gniazdo Jack, 4 - gniazdo mini USB, 5 - gniazdo mikro SD,
6~ procesor z pamiecia, 7 — modut GPS, 8 — zlacze tagmy matrycy, 9 - akumulator, 10— glognik

Rodzaje map do nawigacji GPS
® Automapa.

¢ PC Navigator.

e Igo.

® MapaMap.

Rodzaje nawigacji GPS

® Tom Tom.

* Garmin.

® Blow, Modecom, Manta, GoClever.
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Sprawdz, jakie funkcje ma dostepna nawigacja GPS.
Sprawdz, jaka mape ma zainstalowana.
Wyszukaj, czym wyrézniajg sie nawigacje TomTom i Garmin oraz pozostale,

Co to jest system GPS?
Co to jest i jak dziata nawigacja GPS?

Czytniki e-bookéw

ZAGADNIENIA
u Definicja e-booka
s Budowa i zasada dziatania czytnik e-bookéw

E-book

E-book to ksiazka elektroniczna, czyli tekst zapisany w postaci elektronicznej, przeznaczo-
ny do czytania za pomoca odpowiedniego urzadzenia i oprogramowania. E-booki czesto sg
stosowane jako system pomocy. Mozliwoéci e-booka: fatwy i wygodny sposéb wyszukiwa-
nia informaciji, dobra czytelnos¢ tekstu (mozna powiekszac czcionke). Dla 0s6b z réznego
rodzaju dysfunkcjami udogodnieniem sa dodatkowe funkcje, np. dzwiekowe odtwarzanie
tekstu.

Formaty e-bookéw

¢ ePUB — jeden z najpopularniejszych formatéw zapisu; nie ma podziatu stron, dzigki
czemu mozna dostosowac tekst do wielkosci wy$wietlacza; inne udogodnienia: wyszu-
kiwanie tekstu, mozliwo$¢ robienia notatek lub zakladek.

» Mobi — urzadzenie musi posiadac obstuge tego formatu lub mie¢ wgrane odpowiednie
oprogramowanie do jego obstugi.

e PDF — znany format ze sztywnym podzialem stron, nadaje sie do prezentacji grafiki,
zwlaszcza na duzych wys$wietlaczach.

Zabezpieczenia e-bookéw

s DRM - cyfrowe zarzadzanie prawami (ograniczenie liczby urzadzeri do odtwarzania,
brak mozliwosci drukowania i kopiowania).

* WM - watermark (znak wodny) — zabezpieczenie przypisane do wiasciciela e-booka,
zapisane w kodzie pliku, ktére zostaje wygenerowane przy zakupie e-booka (brak ogra-
niczen co do ilodci urzadzeni, mozliwos¢ drukowania i kopiowania).

E-book ma wiele zalet w poréwnaniu z tradycyjna ksigzka:
dostepnos,

nie niszczy sie,

nizsza cena,

szybka elektroniczna dostawa,

zajmuje niewiele miejsca na no$niku.

Czytnik e-bookéw to urzadzenie do czytania elektronicznych ksigzek tzw. e-bookéw.
Wygladem, wielkoscia i dziataniem przypomina tablet. Moze posiada¢ dotykowy ekran.
Czytnik ma whudowana pamig¢ flash o wielkoéci do kilku GB, na kt6ra mozna wgrywac
kSiqZki elektroniczne. Jezeli czytnik jest wyposazony we wbudowang karte Wi-Fi, mozliwe
Jest pobieranie ksigzek z internetu.
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Rys. 89.1. Czytnik e-bookéw

1~ cofanie, 2— podéwietlenie ekranu, 3 — menu, 4 — sterowanie ksigzka, 5 — wlacznik, 6 — zatwierdzenie

Sprawdz, jakie urzadzenia do czytania e-bookéw sg dostepne na rynku.
Sprawdz, jakie parametry majg wyszukane urzgdzenia.
Sprawdz, jaka jest réznica w zakupie ksigzki tradycyjnej i elektronicznej.

Co to jest czytnik e-bookéw?
Jakie rozszerzenie ma elektroniczna ksigzka e-book?
| Jakie zabezpieczenia posiadaja e-booki?

S-S —J———"

ZAGADNIENIA

m Definicja smartwatcha

= Funkcje smartwatcha

Smartwatch

Smartwatche |

Smartwatch to elektroniczny, mobilny zegarek z ekranem dotykowym, z zainstalowanym
systemem Android, spetniajacy funkcje zwyklego zegarka oraz niektére funkcje smartfona.

Funkcje smatrwatcha
o Zegarek.
Telefon.

Aparat cyfrowy.

Wysokosciomierz.
Termometr.
Kompas.
Mierzenie tetna.

Rejestrator dzwigku.

Odtwarzacz zdje¢, muzyki.

Przyklad smartwatcha przedstawia rysunek 90.1, a rysunek 90.2 — przykladowe aplika-

cje na smartwatchu.

Rys. 90.1. Smartwatch

i
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EIVA 16. KOMPUTERY PRZENOSNE I URZADZENIA MOBILNE N

17. Przygotowanie
komputera do pracy

Rys. 90.2. Przyktadowe aplikacje na smartwatchu

Sprawdz, jakie parametry i mozliwosci maja najnowsze smartwatche.

' Parametry katalogowe sprzetu komputerowego

Publikacje elektroniczne dotyczace instalacji i konfiguracji urzadzefi
Co to jest smartwatch? techniki komputerowej
Jakie funkcje majg smartwatche? Sporzadzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego

‘ » Dokumentacja stanowiska komputerowego

| ' Montaz komputera z podzespotéw

Modernizacja komputera PC

» Modernizacja komputeréw przeno$nych

[

"
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Parametry katalogowe
sprzetu komputerowego

Odczytywanie parametréw katalogowych sprzetu komputerowego

Parametry katalogowe ptyt gtéwnych
| Skréty stosowane przy opisie plyt gléwnych oznaczaja:
PCX - gniazdo PCI Express x16.
z VGA - zintegrowang karte graficzna.
DZW - zintegrowang karte dZwiekows.
GLAN - gigabajtowg karte sieciowg LAN.
SATA - obstuge urzadzen na magistrali SATA.
DDR2 lub DDR3 — obsluge odpowiednich modutéw pamieci.
RAID - wbudowang macierz dyskowa.
CrossFire — obstuge wielu kart ATI.
| mATX — standard plyty microATX.

G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR2) mATX.
P43 Socket 775 (PCX/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3).
X48 Socket 775 (PCX/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3/CrossFireX).

740G Socket AM2+ (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR2) mATX.
760G Socket AM3 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3) mATX.
770 Socket AM3 (PCX/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3).
s 785G Socket AM2+ (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR2).
790GX Socket AM3(2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3/CrossFireX).

Parametry katalogowe procesoréw
5 :

1.7GHz - czestotliwos¢ procesora: 1700 MHz.

128 — pojemnoé¢ pamigci podrecznej (cache) oraz jej typ: 128 KB L2.

400 — czgstotliwo$¢ magistrali systemowej (FSB): 400 MHz (rzeczywiste 100 MHz).
1.75V — zasilanie rdzenia: 1,75 V.

2.66GHz — czestotliwos¢ procesora: 2660 MHz,
256 — pojemno$¢ pamieci podrecznej (cache) oraz jej typ: 256 KB L2.
533 — czegstotliwo$¢ magistrali systemowej (FSB): 533 MHz (rzeczywiste 133 MHz).

2.6GHz — czestotliwoé¢ procesora: 2600 MHz.

3MB — pojemno$¢ pamieci podrecznej (cache) oraz jej typ: 3 MB L3.
LGA 1155 - gniazdo procesora.

BOX — procesor w zestawie z chtodzeniem.

. APU — procesor z ukladem graficznym ATT.

X4 — procesor czterordzeniowy.
A6-3650 — model procesora.
2,6 GHz — czestotliwos¢ procesora.
FM1 - socket procesora.

» 100W — pobierana moc.

, X8 — procesor o§miordzeniowy.
FX-8120 — model procesora.
3.1GHz — czestotliwos¢ procesora.
» AM3+ — socket procesora.
« 125W — pobierana moc.
o 16MB — wielkoé¢ pamieci cache L2 =8 MB i L3 =8 MB.

Parametry katalogowe pamieci

s RIMM - typ pamigci: RIMM.

» 128 — pojemnos¢ pamigci: 128 MB.
» 16 — magistrala danych: 16-bitowa.
s PC800 — czestotliwosé: 800 MHz.
» ECC - kontrola bled6w?.

o DDR - typ pamieci: DDR.

» 400 — czestotliwosé: 400 MHz.

» 64— magistrala danych: 64-bitowa.
» C25 - op6znienie CL* 2,5.

¢ 512 — pojemno$¢ pamigci: 512 MB.

» DDR2 — typ pamigci: DDR2.
» 64 — magistrala danych: 64-bitowa.
» 4096 MB — pojemnos¢ pamieci: 4 GB.
PC800 — czestotliwos¢: 800 MHz.
2*2 GB - liczba modutéw pamieci: 2, kazdy o pojemnosci 2 GB. |
» CL5 - opéznienie CL: 5.

" Pamie¢ 7 ECC {ang. Error Correction Code) ma szersza magistralg danych w celu kontrolowania i wykrywania bledéw wystepujacych
podczas pracy pamigci. Najczgsciej jest stosowana w serwerach.

2CL {ang. CAS Latency) to czas (liczba cykli zegara) migdzy wystaniem z kontrolera pamieci zadania dostepu do okreslonej komérki
i momentem odczytania z niej danych.




DDR3 - typ pamiegci: DDR3.
64 — magistrala danych: 64-bitowa.
4 GB - pojemnos¢ pamieci: 4 GB.
PC1333 — czestotliwodc: 1333 MHz.
s 2*%2 GB - liczba moduléw pamieci: 2, kazdy o pojemnosci 2 GB.
CL9 — op6znienie CL: 9.

Parametry katalogowe kart graficznych

Radeon HD 7850 — model ukladu graficznego: ATT.
» 2048 MB — pojemno$¢ pamieci: 2 GB.
DDRS5 — rodzaj pamieci VRAM.
s 256 bit — szeroko$¢ szyny.
« DVI/HDMI/DP - wyjscia z karty graficznej.
« PCI-E — interfejs PCI Express.
870 — czestotliwoé¢ ukladu graficznego: 870 MHz.
4840 — czestotliwos¢ efektywna pamieci (rzeczywista 1210 MHz).

GF 550Ti — model ukladu graficznego NVIDIA.
GTX — model extreme.
1024 MB - pojemno$¢ pamiegci: 1 GB.
DDRS5 - rodzaj pamieci VRAM.
192 bit — szeroko$¢ szyny.
« DVI/HDMI/DP - wyjscia z karty graficznej.
PCI-E - interfejs PCI Express. 7
» 910 — czestotliwos¢ uldadu graficznego: 910 MHz.
s 4104 — czestotliwo$¢ efektywna pamieci (rzeczywista 1026 MHz).

Skorzystaj ze stron internetowych producentéw piyt gtéwnych i wyszukaj najnowsze
plyty gtéwne pod procesory Intel LGA 1155 oraz AMD Socket AM3+. Sprawdz, jakie
obstuguja procesory, ile maja pamieci, jakie gniazda rozszerzen i interfejsy peryferyjne.

Zweryfikuj, czy obstuguja tryb SLI lub CrossFire.

Jak odczytywaé parametry katalogowe z procesoréw?
Jak odczytywaé parametry katalogowe z plyt gtéwnych?
Jak odczytywad parametry katalogowe z pamieci?

| Publikacje elektroniczne
( V")  dotyczace instalacji ;
A i konfiguracji urzadzen

techniki komputerowej

Sposoby pobierania informaciji o sprzecie UTK
Korzystanie z pobranych informacji

Aby korzysta¢ z posiadanego sprzetu komputerowego, na poczatek powinni$my zajac
sie jego instalacja i konfiguracjg. Niezbedne beda do tego instrukcje obstugi i sterowniki
sprzetowe. Wszystkie potrzebne informacje i pliki znajdziemy przede wszystkim na stro-
nach producentéw sprzgtu.

http: //www.gigabyte.pl/,
!+ http://pl.msi.com/,
i http://pl.asus.com/,
+ hitp://www.amd.com/pl, i
http: //www.intel.pl/.
Najwiecej informacji potrzebujemy na temat ptyty gtéwnej. Niezbedne beda: |
instrukcje obstugi i instalacji podzespotéw, !
l sterowniki i oprogramowanie uzytkowe, 1
|
!

informacje na temat obstugiwanych procesoréw i pamieci.

Potrzebujemy informacji na temat ptyty GIGABYTE GA-Z68P-DS3.
Po wyszukaniu danego modelu uzyskamy dostgp do wszystkich niezbednych
szczegOlow na jego temat: |

GA-ZB8P-DS3 rev. 1.0}

i
| _ chmnm |
l P P 753 Chipaat
« wapaie dia procesortw Inel & Core
« GIGABYTE 3+ USB Pawer parts
+ Cigabilowa kasa sieciona
+ CrossFiex zapesta wyigikona wycaioost gratcas
Technologia XKD,
i
H
1

« Tectino'ogla Ura Durabie ™ 2 ofaz 4 fazy zashaniz VR
« Touch BKYS™ 22pewta innowacyjny Sposdh modyhack
sosu

|
|
I |
|

W czesci ,,Do pobrania” mozemy wybrac interesujacg nas opcje: sterownik, BIOS,
instrukcje w postaci elektronicznej lub oprogramowanie dodatkowe. - Jr




funkgji urzadzenia. Nieprawidlowo dobrane sterowniki powoduja konflikty sprzetowe,

. o
Sporzadzanie cennika
o .
zawieszanie komputera lub jego niewtasciwg prace. Niektére urzadzenia, takie jak karty I koszto rys u Sta n Ow I s k a
| graficzne lub plyty gtéwne, moga pracowac bez sterownikéw, ale w najnizszych parame- »w _
wach. komputerowego

0d BIOS-u zalezy, jakie procesory, pamieci i dyski twarde bedzie obstugiwala piyta gléw-
na. Jezeli plyta nie obstuguje najnowszego procesora, nalezy sprawdzi¢, czy problemu nie
rozwiaze aktualizacja BIOS-u do najnowszej wersji.

To oprogramowanie, ktére nalezy zainstalowa¢, aby méc w pelni korzystaé ze wszystkich i

Przygotowanie cennika stanowiska komputerowego

. . . . 3 . Przygotowanie kosztorysu kompletnego stanowiska komputerowego
Jezeli nie mamy instrukcji w postaci ksigzeczki dofaczanej do kazdej piyty gléwnej, moze- -

my skorzysta¢ z instrukcji w formie elektroniczne;j.

Przed przygotowaniem cennika nalezy sie zastanowid, jakie elementy tworza stanowisko

| | komputerowe.
Kazda plyta gléwna ma mozliwo$¢ wykorzystania oprogramowania dodatkowego, takie- |

go jak eBios czy Easy Tune. Umozliwia ono aktualizacje do najnowszej wersji BIOS-u |

1

o plyta gtéwna monitor systemowe

I przez program, ktéry sam znajdzie ja na stronie producenta. Niektére programy wyszu- ]
' ! kuja réwniez najnowsze sterowniki do piyt gléwnych. Programy z serii Tune pozwalajg | » procesor klawiatura antywirusowe
[ w bezpieczny sposéb ,podkreca¢” niektére podzespoty zainstalowane na plycie gléwnej, + pamie¢ mysz |« biurowe
| | np. procesory, pamieci. | « obudowa gtosniki magazynowo-ksiegowe
' B zasilacz drukarka
Jezeli nie potrafimy sie zdecydowac w kwestii wyboru sprzetu, mozemy skorzystac¢ z wie- » karta graficzna zasilacz ups ’
| ; lu portali, ktére zajmuja sie testowaniem sprzetu komputerowego. W przejrzysty sposéb » dysk twardy pamie¢ przenona flash l

obrazujg one wyniki testéw.
Przylktadami takich portali sg:

* naped optyczny |

s L

www.benchmark.pl,
www.pclab.pl,
www.chip.pl,
www.pcworld.pl,
www.komputerswiat.pl.

Podczas poszukiwan odpowiedniego sprzetu warto $ledzi¢ znane fora dyskusyjne, po§wie-
cone opiniom na temat sprzetu komputerowego.

Przykladowe fora:

www.forumpc.pl,

www.pececik.com,

www.elekiroda.pl.

Skad pobiera¢ informacje na temat sprzgtu komputerowego?
Jakie oprogramowanie jest niezbedne do korzystania ze sprzetu?
Gdzie mozna uzyska¢ pomoc przy wyborze sprzetu?

Potem trzeba przemysle¢ wybor poszczegélnych elementéw, czyli modelu, producenta,
ceny itp. Doradzamy klientowi, jakie podzespoty powinien dobra¢, aby stanowisko kom-
puterowe spehiato jego wymagania. Bardzo waznym elementem stanowiska jest oprogra-
mowanie niezbedne w kazdym domu i w kazdej firmie.

Po analizie wymaganego sprzetu sprawdzamy ceny:

w stacjonarnym sklepie komputerowym;

na portalu z wyszukiwarka cen: www.skapiec.pl, www.ceneo.pl, www.allegro.pl;

» w internetowym sklepie komputerowym.

Kiedy zamawia sie produkty przez internet, warto robi¢ to w jednym sklepie, aby nie
placié¢ zbyt duzo za wysytke. Trzeba takze wzig¢ pod uwage kwestie gwarancji na zamoé-
wione podzespoty. Jesli produkt sie zepsuje, bedziemy go musieli na swéj koszt wysta¢ do
sprzedajacego. Dlatego zakup podzespoléw w stacjonarnym sklepie komputerowym jest
czasem lepszym rozwigzaniem.

Po skompletowaniu cen podzespotéw nalezy przystapi¢ do przygotowania kosztorysu
stanowiska komputerowego, na ktéry sktadaja si¢ ceny:

podzespotéw,

montazu podzespoléw,

oprogramowania,

» instalacji oprogramowania systemowego i uzytkowego,
* instalacji i konfiguracji stanowiska u klienta,
» przeprowadzenia szkolenia pracownikéw.

S
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Ceny instalacji i konfiguracji stanowiska komputerowego mogg by¢ bardzo rézne, ponie.
waz od klienta zalezy, jakie wybierze oprogramowanie. W przypadku oprogramowaniy
systemowego i biurowego tatwo policzy¢ koszt. Natomiast instalacja oprogramowania ma.
gazynowo-ksiegowego bedzie wymaga¢ konfiguracji serwera wspétpracujacego z opro.
gramowaniem. Trzeba tez bedzie wprowadzi¢ wiele ustawien i danych firmy. Dlatego
najlepiej liczy¢ koszt w roboczogodzinach.

Wiekszo$¢ klientéw zyczy sobie instalacji i konfiguracji stanowiska na miejscu. Instalacja
moze polega¢ na dostosowaniu stanowiska do sieci komputerowej albo udostepnieniu plj.
kéw czy drukarek w sieci.

Skomplikowane oprogramowanie uzytkowe moze wymaga¢ szkolenia pracownikéw pod
katem obslugi programu. Jezeli nie mozemy sami przeprowadzi¢ szkolenia, nalezy poda¢
klientowi odpowiedni kontakt do firm szkolacych.

Przygotuj stanowisko komputerowe wraz z koniecznym oprogramowaniem dla grafika
w firmie.

Przygotuj stanowisko komputerowe wraz z koniecznym oprogramowaniem dla sekre-
tarki w firmie.

Jakie elementy tworza stanowisko komputerowe?
Co sklada sie na kompletny kosztorys stanowiska komputerowego?

DOKUMENTACJA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO [

- vhm,m....m—_mwm-..._m__j L

Dokumentacja
stanowiska
komputerowego

ZA
# Przygotowanie dokumentacji stanowiska komputerowego
» Dokumenty tworzace dokumentacje stanowiska

Wiekszo$¢ podzespoléw komputera ma wlasng dokumentacje. Pozwala ona poznad
mozliwosci sprzetu, zasady obstugi i zakres konfiguracji. Warto tworzy¢ i kompletowad
dokumentacje stanowiska komputerowego.
W skiad dokumentacji stanowiska komputerowego wchodzi dokumentacja:
s jednostki centralnej,
plyty gtéwnej z oprogramowaniem i sterownikami,
procesora,
karty graficznej z oprogramowaniem i sterownikami,
monitora z oprogramowaniem,
drukarki / urzadzenia wielofunkcyjnego z oprogramowaniem i sterownikami,
» oprogramowania systemowego,
» oprogramowania uzytkowego,
s oprogramowania do obstugi firmy.

¢ & &5 &

To dla uzytkownika jeden z wazniejszych dokumentéw stanowiska. W dokumentacji nale-
zy zawrze¢ doktadny opis budowy jednostki. Musi ona takze obejmowac informacje o tym,
jakie urzadzenia i gdzie mozna podiaczy¢.

Rve

Jednostka centralna (przéd)

1 - naped optyczny, 2 - przycisk reset, 3 — whacznik komputera,
4 -~ panel przedni (dwa gniazda USB oraz gniazda na mikrofon
I shuchawki)




Jednostka centralna (ty})

1 - zasilacz komputera, 2 — panel tylny, 3 — wentylator tylny, 4 — miejsce montowanych gniazd roz-
szerzen, 5— PS/2, 6— USB, 7— DVI, 8- D-SUB, 9- LAN, 10 - audio

W sktad dokumentacji wchodzi drukowana instrukcja uzytkowania plyty gléwnej. W in-
strukcji jest zawarty kompletny opis ptyty gtéwnej oraz montazu podzespotéw. Dokumen-
tacja obejmuje réwniez DVD ze sterownikami i oprogramowaniem dodatkowym.

Dokumentacja zawiera drukowang instrukcjg uzytkowania karty graficznej, opis wyjs¢
oraz mozliwosci konfiguracji. Dodatkowo dofaczane sa sterowniki i programy do zarza-
dzania kartg graficzna.

Dokumentacja zawiera instrukcje obstugi monitora oraz informacje na temat uzytkowa-
nia i konfiguracji. Czesto jest dolgczona ptyta CD z dodatkowym oprogramowaniem oraz
z instrukcja w postaci elektronicznej.

mi
Zestaw dokumentacji zawiera instrukeje instalacji i montazu urzadzenia drukujacego. Po-
nadto obejmuje instrukcje uzytkowania urzadzenia zaréwno od strony mechanicznej, jak
i od strony oprogramowania. Dolaczane s3 sterowniki i oprogramowanie dodatkowe na
plytach CD lub DVD.

Kazde oprogramowanie — systemowe, uzytkowe czy do obstugi firmy — zawiera zawsze i1t-
strukcje instalacji i uzytkowania. Jest ona dolaczana do plyty z programem, kt6ry nalezy
zainstalowaé. W dokumentacji sa zazwyczaj podane informacje o wymaganiach dotycza-
cych komputera, na ktérym oprogramowanie zostarnie zainstalowane.

Co wchodzi w sklad dokumentacji stanowiska komputerowego?
Co powinna zawiera¢ dokumentacja jednostki centralnej?

‘Montaz komputera
z podzespotow

= Wykonanie montazu komputera z podzespotéw
» Zasady montazu

Przed przystapieniem do montazu komputera z podzespotéw nalezy zaopatrzy¢ si¢ w nie-
zbedny sprzet montazowy. Trzeba tez pamieta¢ o zachowaniu bezpieczefistwa przy pracy.
Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ przy wylaczonym zasilaniu. Dopiero po
zmontowaniu komputera mozna go podlaczy¢ do zasilania w celu sprawdzenia.

Aby przystapi¢ do montazu, nalezy przygotowac wszystkie niezbedne podzespoty.

Elementy skladanego zestawu
komputerowego

Rozmieszczenie elementéw
w obudowie

1 — napedy optyczne, 2 — dyski twarde,
3 - plyta gtéwna z podzespolami

W przypadku obudowy bez zasilacza nalezy go zamon-
towa¢ czterema $rubami, jak pokazano na rysunku
95.3. Nastepnie rozprostowuje si¢ wszystkie przewody
do zamontowania pozostatych elementéw.

Przed zamontowaniem plyty gléwnej z elementami
nalezy zamontowac w obudowie §rubki dystansowe, kt6-
te bedy oddziela¢ plyte gléwna od obudowy (rys. 95.4).

Montaz zasilacza

!




Przed zamontowaniem plyty gtéwnej nalezy umiesci¢ w niej procesor i pamie¢ RAM.
W ten sposéb latwiej jest montowaé elementy niz juz po zamontowaniu samej plyty we.
wngtrz obudowy. Dotyczy to zwlaszcza montazu chlodzenia procesoréw Intel LGA.

Procesor montujemy w gniezdzie plyty gtéwnej. Zwracamy przy tym szczegélng uwage na
sposéb, w jaki nalezy to wykonaé. W przypadku procesoréw Intel LGA nalezy odblokowa¢
gniazdo procesora i umiesci¢ je zgodnie z wycigciami na procesorze, jak pokazano na ry-
sunku 95.4. Procesory AMD nalezy umiedci¢ w gniezdzie zgodnie ze strzatky. Trzeba tez
uwaza¢ na nézki procesora AMD oraz nézki gniazda w przypadku procesora Intel, aby ich
nie uszkodzié.

il
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Zamontowany procesor z lewej oraz chlodzenie na procesorze z prawej

Pamie¢ operacyjna montujemy w gniazdach. Zwracamy szczegdlng uwage na wyciecia.
Przy montazu kilku kosci nalezy odpowiednio skonfigurowaé pamie¢ w systemie dual
channel. Przy prawidlowym montazu ko$¢ pamieci RAM zatrzasnie sie¢ w gnieZzdzie.

Po zamontowaniu procesora i pamieci w plycie gtéwnej nalezy zamontowac plyte gléwna
w obudowie, jak pokazano na rysunku 95.5.

- Montaz plyty
gléwnej w obudowie

e i e

95 ONTAZ KOMPUTERA Z PODZESIPOLOW

Po zamontowaniu plyty gtéwnej podiacza sie zasilanie do plyty oraz dodatkowe zasi-
lanie do procesora. Nastepnie nalezy podtaczy¢ diody i przyciski panelu przedniego, a na
koniec USB i interfejsy stuchawek z mikrofonem z panelu przedniego.

Podlaczenia elementéw panelu przedniego
1-wlaczniki i diody, 2 gniazda USB, 3 - interfejsy audio

Montaz napedu optycznego .
W miejscu montazu napedéw optycznych umieszczamy naped i mocujemy go $rubkami
(rys. 95.7). Podlgczamy do zasilania oraz do kontrolera na ptycie gtéwnej.

Podiaczenie napedu optycznego

Montaz dysku twardego
Dysk montujemy w obudowie ponizej napedéw optycznych (rys. 95.8). Podlgczamy go do
zasilania i kontrolera na ptycie gléwnej.

Rys. 95.8. Podtgczenie dysku twardego

Montaz karty graficznej
Karte montujemy w gniezdzie rozszerzeri (rys. 95.9). Zwracamy szczegblng uwage,

|

i aby
l przewody zasilajace z zasilacza nie wkrecily si¢ w wentylator chtodzenia.
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Montaz karty graficznej

Po zakoticzonym montazu nalezy starannie ulozy¢ przewody zasilajace. Najlepiej uzy¢
do tego celu opasek zaciskowych (rys. 95.10). '

Efekt koficowy montazu komputera mozna oceni¢ po pierwszym uruchomieniu sprzetu.
Jezeli montaz wykonano bezblednie, komputer wlaczy si¢ i poinformuje o zainstalowa-
nych podzespotach. Jesli po montazu komputer nie uruchomi si¢ prawidtowo, nalezy po-
nownie sprawdzi¢ wszystkie podlaczenia, zwlaszcza podstawowych podzespotéw.

Organizacja przewodéw w obudowie

Jak wykonuje sie montaz zestawu komputerowego?
Jakich zasad nalezy przestrzegac przy montazu?

\(__ Modernizacja
' komputera PC

ZAGADN

» Wykonywanie modernizacji komputera
= Zasady modernizacji

Ze wzgledu na szybki postep technologiczny i zmiany na rynku sprz¢tu komputerowego
komputery wymagaja modernizacji. Nalezy sie jednak zastanowi¢, co mozna zmoderni-
zowac i za jaka cene. Czasami koszt modernizacji komputera moze przewyzszyc koszt za-
kupu nowego. Niektére starsze czedci komputerowe, np. pamiec, s3 bowiem drozsze niz
cze$ci nowe i szybsze.

To jedna z modernizacji, ktére zawsze warto wykonac, poniewaz przy wymianie procesora
na nowszy uzyskamy od razu duzo wieksza wydajno$¢ sprzgtu. Przy wymianie procesora
nalezy pamieta¢ o gniezdzie, jakie obstuguje dany procesor, oraz o plycie gléwnej (a do-
kladniej chipsecie) obstugujacej okreslone procesory.

Po odnalezieniu modelu ptyty trzeba sprawdzi¢, jakie procesory moze ona obstuzy¢
i czy warto zmienia¢ procesor na nowszy.

Komputer ma zainstalowang plyte gtéwna do gniazda Socket AM2 z procesorem
AMD Athlon X2. Chcielibyémy zmieni¢ procesor na czterordzeniowy AMD Phe-
nom X4. Niestety, w tym wypadku nie uda si¢ zmieni¢ procesora na nowszy, ponie-
waz chipset plyty gtéwnej nie obstuguje procesoréw Phenom. W tej sytuacji nic nie
da nawet aktualizacja BIOS-u.

Modernizacji pamieci dokonujemy poprzez dotozenie nowej kosci pamigci do juz istnie-
jacej. Nalezy zwréci¢ uwage, jaki typ pamieci zastosowano w komputerze. Rozpoznajemy
rodzaj pamieci z wyjetej kodci lub sprawdzamy zasilanie na gnieZzdzie pamieci. Najlepiej,
aby doktadana ko$¢ pamieci pochodzita od tego samego producenta i byta taka sama pod
wzgledem, modelu i czestotliwosci. Jezeli montujemy pamiec innego producenta, nalezy
dopilnowac¢, aby miata mozliwie t¢ samg czgstotliwos¢.

Przy wiekszej ilodci pamieci trzeba zwréci¢ uwage na maksymalng ilog¢ pamieci obstu-
giwang przez chipset ptyty gléwne;.

-' PRZYKLAD 96.2.

Komputer ma zainstalowang plyte gléwna do gniazda Socket LGA 775 o pamieciach
DDR2. W gniezdzie zamontowano pamie¢ DDR2 512 MB PC5300. Jest to pamig¢

|
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o czestotliwoéci 667 MHz. Dokladamy pamie¢ DDR2 o wielkosci 1 GB i czgstotli-
wosci 800 MHz (poniewaz nie mamy pamieci 667 MHz). Przy takim rozwigzaniu
po zamontowaniu obu kosci uzyskamy 1,5 GB pamigci RAM, pracujacej z czestotli-
woscia 667 MHz (zawsze uwzglednia sie czestotliwo$¢ wolniejszej kosci pamigci).

B UwWAGA

Nie nalezy aczy¢ kosci o czestotliwo$ciach zbyt drastycznie odbiegajacych od siebie, np.
533 i 800 MHz. Polaczone koéci beda pracowaly z czestotliwoscia 533 MHz, ale pamigé
o wyzszej, lecz mocno zanizonej czestotliwosci moze pracowa¢ niestabilnie.

Przy wymianie karty graficznej nalezy zwréci¢ uwage na gniazdo interfejsu karty (AGP
czy PCI Express) oraz moc zasilacza. Po rozpoznaniu gniazda karty graficznej mozemy
wybra¢ dowolng serie kart do gnizada PCI Express lub serig kart do gniazda AGP z okre-
slonym typem x4 lub x8. Przy zmianie nowszych kart graficznych pod PCI Express nalezy
sprawdzi¢, czy zamontowany zasilacz bedzie w stanie obstuzy¢ nowg karte graficzna. Trze-
ba obliczy¢ moc pobierang przez wszystkie elementy jednostki. Sygnatem dla kart graficz-
nych o duzym poborze mocy jest dodatkowe zasilanie 12 V do karty.

Wymieniamy karte graficzng w pycie gtéwnej z gniazdem PCI Express. Ptyta ma za-
montowany procesor dwurdzeniowy AMD wyzszej serii. Nowa karta bedzie pocho-
dzita z serii AMD Radeon HD 6xxx z dodatkowym zasilaniem. W jednostce zamon-
towane s3 réwniez dwa dyski twarde o pojemnosciach 500 GB i1 TB. Komputer jest
zasilany zasilaczem o mocy 350 W. W przypadku montazu nowej karty graficznej
konieczna jest wymiana zasilacza na taki o mocy co najmniej 550 W, poniewaz moc
pobierana przez zestaw wyniesie okolo 450 W.

Przy wymianie dysku twardego w komputerze nalezy sprawdzic rodzaj interfejsu na ply-
cie gtéwnej, ktérym dysk jest podtaczony. Moze to by¢ interfejs ATA lub SATA. Przy zmia-
nie dysku na wigkszy trzeba ustali¢, jaki maksymalnie dysk obstuzy ptyta gléwna. Dyski
z interfejsem ATA moga by¢ trudniejsze do znalezienia, a takze drozsze. Jezeli na plycie
nie ma kontrolera SATA, mozemy zainstalowa¢ kontroler w gnieZdzie PCI i podlaczy¢ tam
dysk SATA. Czasami dysk ATA jest drozszy od kontrolera i dysku SATA.

Wymieniamy dysk twardy 1 TB na zlacze SATA i dysk jest rozpoznawany jako
500 GB. Powodem moze by¢ ptyta gtéwna, ktéra nie obstuguje dyskéw o tak duzej
pojemnosci. Mozna sprébowac zaktualizowaé BIOS ptyty gtéwnej. Inng przyczyna
problemu moze by¢ wersja systemu operacyjnego bez najnowszego pakietu Service
Pack.

Przy zmianie napedu optycznego nalezy sprawdzi¢ jedynie interfejs, jakim jest on podia-
czany do plyty gtéwnej. Kazdy komputer obstuzy dowolny naped optyczny, bez wzgledu
na jego rodzaj.

Zanim przystapi sie do modernizacji ptyty gléwnej, warto sprawdzi¢ oplacalno$¢ takiego
zabiegu. Po kilku latach uzytkowania sprzetu moze by¢ trudno znalez¢ ptyte gtéwng pasu-
jaca do gniazda procesora zamontowanego w komputerze. Dostosowanie ptyty gtéwnej do
nowszego gniazda moze sie okaza¢ nieoptacalne ze wzgledu na koniecznos$¢ zmiany pro-
cesora, pamieci (zazwyczaj), zasilacza i karty graficznej (zazwyczaj). Czasami wymienia
sie przy okazji réwniez dysk twardy. W takiej sytuacji, gdy nalezatoby wymieni¢ wigkszo§¢
podzespotéw, warto rozwazy¢ kupno nowego komputera, zamiast przeprowadza¢ kosz-
towna modernizacje starego.

Przy modernizacji plyty do tego samego gniazda procesora warto zwréci¢ uwagg, czy
nowsza pyta ma wszystkie interfejsy, do ktérych podlaczymy obecne urzadzenia. Nowsze
plyty moga nie mie¢ np. interfejséw ATA na dyski i napedy albo ztaczy PCI na standardo-
we karty rozszerzen.

Gdy wymieniamy zasilacz, warto zainwestowa¢ w urzadzenie o wyZszej mocy niz dotych-
czasowe. Moze sie to przyda¢ w razie modernizacji sprzetu w przyszlosci. Nalezy tez pa-
mietaé, aby zasilacz byt wyposazony we wszystkie potrzebne wtyczki zasilania. Zwré¢my
uwage, ze zasilacz o wiekszej mocy nie pobiera wiecej pradu — jedynie tyle, ile potrzebuja
podzespoty.

Dokonaj przegladu dostepnej jednostki centralnej i sprawdz, jak mozna by jg zmo-
dernizowac.
Ustal, jaki bylby koszt wykonanej modernizacji.

Jakie elementy stacji roboczej warto modernizowac?
Na co zwracaé uwage przy modernizacji?
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Modernizowanie komputera przeno$nego
|| = Podstawowe problemy zwiazane z modernizacja
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Dwa gniazda pamieci RAM, z ktérych jedno jest wolne

Modernizacja laptopéw jest mozliwa, jednak nie tak swobodna jak w przypadku kompu- | wania tego ukladu z ptyta gléwna. W przypadku dodatkowej karty graficznej, mont.owanej

| teréw stacjonarnych. Przy modernizacji komputera przenosnego nalezy kierowac sie $ci- w gniezdzie PCI Express, problem nadal istnieje. Nie wszystkie karty zostang bow%er.n obj

I i §le okreslonymi zasadami, ktére zostang oméwione nizej. Warto tez pamieta¢, ze nie do stuzone przez BIOS plyty gtéwnej laptopa, a ponadto nie uda sie w sklepie zakupi¢ innej
wszystkich elementéw laptopa istnieje bezposredni dostep. karty graficznej.

" | Niestety, wiekszoé¢ laptopéw nie umozliwia wymiany karty graficznej z powodu zintegro-

Gdy wymieniamy procesor, powinni§my przede wszystkim zwrdci¢ uwage na to, jakie ma
on gniazdo. Do kazdego gniazda pasujg tylko niektére modele procesoréw, podobnie jak
w wypadku ptyt gtéwnych do komputeréw stacjonarnych (rys. 97.1). Niemniej jednak za
obstuge procesoré6w odpowiadaja chipsety na ptytach gtéwnych laptopéw. Przy wymianie
procesora najlepiej siegna¢ po specyfikacje techniczng plyty ze strony producenta. Nieste-
ty, bardzo czesto nie mamy zbyt duzego wyboru przy wymianie procesora. Najczes$ciej mo-
zemy jedynie nieznacznie polepszy¢ mozliwoéci laptopa dzigki takiej wymianie.

Przy wymianie dysku twardego nalezy przede wszystkim zwr6ci¢ uwage, czy j.e/gc? kontrf)-
| ler jest typu ATA czy SATA. Po zidentyfikowaniu kontrolera trzeba sprawd?}c, jak duzy
dysk zostanie obstuzony przez BIOS laptopa. Dopiero wtedy mozna przystapic do zakupu
i montazu nowego dysku twardego.

L : / . RHBBS38 748
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Kontrolery dysku twardego 2,5 cala: a) kontroler ATA, b) kontroler SATA

W wypadku zmiany napedu optycznego trzeba — podobnie jak przy dysku twardyn} -
| sprawdzi¢, jaki sie ma kontroler: ATA czy SATA. Po zidentyfikowaniu kontrolera mozna

@ 1.73/2M/533 wymieni¢ naped na dowolny z takim kontrolerem.

% INTELO®©O' 84 ] ‘

Wymiana procesora w laptopie: a) gniazdo procesora, b) przykladowy procesor i

W notebookach zwykle nie ma wiekszych probleméw z wymiang pamieci. Wigkszos¢
laptopéw ma dwa gniazda pamieci (w niektérych laptopach jest tylko jedno gniazdo
wbudowane na state). Przy zakupie warto zwréci¢ uwage, aby zamontowana pamiec byta |
w jednym banku — wtedy w przyszlosci bedzie ja mozna zwigkszy¢ poprzez dotozenie |
| . I kolejnego elementu (rys. 97.2). g

Naped optyczny z kontrolerem: ATA (u géry) i SATA (u dotu)




nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy laptop bedzie w stanie ja sprzetowo obstuzy¢
(rys. 97.5). Do obshugi karty w standardzie 802.11n potrzeba trzech anten, a nie —j ak w przy.
padku kazdego innego standardu - tylko dwéch.

: !

il Aby wymieni¢ karte Wi-Fi w laptopie na nowsza i szybszg, np. w standardzie 802.11n, ' !
|

!

| | ] Karta Wi-Fi: a) starszy model, b) model wspétczesny 1 8 ( e ﬁ k OW a n i e i
! &
| V 4
Jakie elementy mozemy zmodernizowac w laptopie? O I l I p u te rOW

Ile jest gniazd pamieci w typowym laptopie?

[ | Jakie kontrolery dyskéw i napedéw maja laptopy?

R | gospodarowanie
odpadami

® Certyfikowanie zestawéw komputerowych
» Zasady gospodarowania odpadami
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Certyfikowanie zestawéw
| komputerowych

ZAGADNIENIA
m Procedura uzyskania certyfikatu CE

Certyfikowanie

Od 2004 roku wszystkie zestawy komputerowe powinny by¢ certyfikowane. Wynika to
z Ustawy o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (DzU 2016, poz. 542) z 13 kwietnia
2016 r. i wydanego na jej podstawie Rozporzgdzenia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zg-
sadniczych wymaga# dla sprzetu elektrycznego (DzU. z 2016 1., poz. 806).

Oznakowanie CE jest deklaracja zgodnosci wyrobu z wymaganiami zawartymi w dyrek-
tywach unijnych. Dotyczy ono tylko tych wyrobéw, ktére znajduja sie w obszarze okreglo-
nym przez te dyrektywy.

Jezeli wytwarzany przez kogo$ wyrdb nie nalezy do podanych kategorii, producent nie
ma obowigzku umieszczania oznakowania CE.

Oznakowanie CE nie jest znakiem jako$ci, nie okregla tez miejsca pochodzenia, dlatego
nie nalezy go samowolnie stosowac.

Kazdy komputer montowany z gotowych czesci traktuje sie jak nowy produkt, a wiec
osoba montujaca taki komputer jest producentem. Dlatego tez osoby tej dotycza wszystkie
obowigzki producenta. Odpowiada ona za zapewnienie zgodnosci montowanego kompu-
tera z wymaganiami dyrektyw unijnych i powinna umieéci¢ na obudowie znak CE.

q

Osoba sprzedajaca zwyklemu konsumentowi gotowe elementy, z ktérych mozna zlozy¢

komputer, nie jest odpowiedzialna za jego zgodnoéc z wymaganiami dyrektyw.
Certyfikowanie przebiega w kilku etapach:

e badanie przez producenta lub laboratorium (jednostke notyfikowana) — niezalezne od
dostawcy;

e sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami przez jednostke kontrolujacs;

o certyfikacja przez odpowiednia jednostke certyfikujaca.

Jednostki notyfikowane
Sa to niezalezne laboratoria, ktére uczestnicza w procesie oceny zgodnoéci. Pozytywnie
rozpatrzona ocena zgodnosci daje producentowi certyfikat zgodnosci.

Deklaracja zgodnosci
Jest to dokument wystawiany przez producenta, w ktérym stwierdza on zgodnos¢ wyrobu

z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw Unii Europejskie;.

s 1

Przygotowanie deklaracji zgodnosci

1. Odnalezienie wyrobu w obszarze okre§lonym przez dyrektywy.
2. Lista wymagat bezpieczenistwa.

3. Dokumentacja techniczna produktu.

Odnalezienie wyrobu
Nalezy wyszuka¢ wyréb wéréd tych, ktére obejmuje dana dyrektywa.

Lista wymagah bezpieczenstwa
Nalezy ja wypisa¢ z dyrektywy i przyjetych norm zharmonizowanych.

Dokumentacja techniczna produktu
Dokumantacja powinna zawierac:

o opis produktu;

rysunki i schematy;

objasnienia do rysunkéw i schematéw;
wykaz norm zharmonizowanych;
obliczenia i testy.

W deklaracji zgodnosci nalezy podac:

nazwe i adres producenta lub przedstawiciela;

opis urzadzenia;

zastosowane normy zharmonizowane;

dane osoby podpisujacej;

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie CE.

Deklaracja zgodnosci wraz z dokumentacjg techniczng powinny by¢ przechowywane
przez 10 lat i okazywane na kazde zadanie uprawnionych organéw.

Ocena zgodnosci z wymaganiami
Do oceny zgodnoéci moga zalicza¢ si¢ przyktadowe normy zharmonizowane:
e PN-EN 60950:2002 (U)
Bezpieczeristwo urzgdzen techniki informatycznej;
e PN-EN 60950-1:2004

Urzgdzenia techniki informatycznej. Bezpieczenstwo — Czgs¢ 1: Wymagania podstawowe;
e PN-EN 55022:2006 (U)

Urzgdzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeri radioelektrycznych. Poziomy dopusz-

czalne i metody pomiaru;

e PN-EN 55024:2000 + A1:2002

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzqdzenia informatyczne;
e PN-EN 61000-3-3:2004

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czgs¢ 3-2: Dopuszczalne poziomy.

Jezeli osoba skiadajaca komputer bierze na siebie pelng odpowiedzialnoé¢, a zlozony
sprzet spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu, nie ma koniecznosci przeprowadzania
badari. Komputer taki nie zostanie jednak sprzedany do firmy czy instytucji, ktéra takich
certyfikatéw wymaga.

E

Jak wyglada procedura uzyskania certyfikatu?
Jak przygotowac deklaracje zgodnosci?




. CERTYFIKOWANIE KOMPUTEROW I GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zasady gospodarowania
odpadami
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ZAGADNIENIA
m Obowiazki wytwércéw odpadéw
u Obowigzki posiadacza odpadéw

Gospodarowanie odpadami

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 ze zmianami)

Pojecia podstawowe

e Odpady — substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz si¢ pozbywa.

e Odpady komunalne — odpady, ktére powstaja w gospodarstwie domowym, nie zawiera-
jace odpadéw niebezpiecznych.

e Odpady medyczne — powstaja w miejscach udzielania $§wiadczen zdrowotnych lub pro-
wadzenia badari i do§wiadczen.

e Posiadacz odpadéw — osoba zarzgdzajaca odpadami.

e Wytwoérca odpad6éw — osoba wytwarzajaca odpady.

e Transportujacy odpady — osoba odpowiedzialna za przewdz odpadéw — nie jest ona
posiadaczem odpadéw.

Zasady gospodarowania odpadami
Jednym z istotniejszych celéw ustawy o odpadach jest wprowadzenie racjonalnego gospo-
darowania odpadami i ich powtérnego wykorzystania.

Przez gospodarowanie odpadami nalezy rozumiec zbieranie, transportowanie oraz od-
zyskiwanie i unieszkodliwianie odpadéw. -

Obowiazki wytwércéw odpadéw '

o powyzej 1t odpadéw niebezpiecznych lub powyzej 5 000 t pozostatych odpadéw — po-
siadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw;

o powyzej 0,1t odpad6éw niebezpiecznych — posiadanie zatwierdzonego programu gospo-
darowania odpadami;

o do 0,1t odpadéw niebezpiecznych albo powyzej 5 t odpadéw innych niz niebezpieczne
— informowanie odpowiednich wtadz o wytwarzanych odpadach i sposobach gospoda-
rowania nimi.

Posiadacz odpadow
Przez posiadacza odpadéw rozumie si¢ kazdego, kto je wytwarza badz prowadzi dzialal-
no$¢ w zakresie ich zbierania, odzyskiwania lub unieszkodliwiania.

Obowiazki posiadaczy odpadéw:

e prowadzenie ilogciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw zgodnie z przyjetym katalo-
giem odpad6w i lista odpadéw niebezpiecznych — podaje je Rozporzgdzenie Ministra Sro-
dowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzU Nr 112, poz. 1206);

o jesli posiadacz odpadéw prowadzi dziatalnos¢ w zakresie ich unieszkodliwiania lub
odzyskiwania z nich surowcéw, powinien prowadzi¢ ewidencje obejmujaca sposoby
gospodarowania odpadami i dane o ich pochodzeniu.

Sprawozdawcze obowigzki posiadaczy odpadéw

Dokumenty dotyczace prowadzenia ewidencji odpadéw:

o karty ewidencji odpadu;

e karty przekazania odpadu;

o karty ewidencji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uproszczong ewidencje odpadéw moga prowadzi¢ male i $rednie przedsiebiorstwa,
ktore:
o prowadza dzialalnos¢ wytacznie w zakresie transportowania odpadéw;
o wytwarzaja odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie;
o wytwarzaja odpady inne niz niebezpieczne w ilodci do 5 t rocznie.

Posiadacz odpad6éw prowadzacy ewidencje jest zobowiazany sporzadzic zbiorcze zesta-
wienie danych o rodzajach i ilogci odpadéw oraz sposobach gospodarowania nimi. Zesta-
wienie nalezy przekaza¢ marszatkowi wojew6dztwa whasciwemu ze wzgledu na miejsce
wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Termin przekazania ze-
stawienia za poprzedni rok kalendarzowy mija 15 marca.

Dla posiadaczy odpadéw, ktérzy nie przestrzegajg przepiséw ww. ustawy, przewidziane
sq wysokie kary pienigzne.

Wylaczeni z prowadzenia ewidencji sa:

o wytworcy odpadéw komunalnych;

o wytwércy odpadéw w postaci pojazdéw wycofanych z eksploatacji;

o osoby fizyczne i jednostki organizacji, ktére nie sa przedsigbiorcami i wykorzystuja
odpady na wlasne potrzeby;

» osoby prowadzace odbi6r zuzytych baterii i akumulatoréw.

Jakie obowigzki spoczywaja na wytworcy odpadéw?
Jakie obowigzki spoczywaja na posiadaczu odpadéw?
Kto jest wytaczony z prowadzenia ewidencji odpad6éw?
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Narzedzia do naprawy sprzetu komputerowego
Kody btedéw uruchamiania komputera
» Uszkodzenia sprzetowe komputera
Uszkodzenia sprzetowe notebooka
Uszkodzenia urzadzef peryferyjnych
Harmonogram naprawy
Testowanie i diagnostyka komputeréw
Odzyskiwanie utraconych danych
* Po naprawie — wskazania dla uzytkownika komputera
' Kosztorys naprawy komputera
Kosztorys naprawy laptopa




;I Narzedzia do naprawy
 sprzetu komputerowego
|

I

+ Narzedzia stosowane przy naprawie komputera
Rodzaje narzedzi specjalistycznych

Narzedzia do naprawy

Do testowania i diagnozowania urzadzen techniki komputerowej nalezy sie zaopatrzy¢

w odpowiedni sprzet i narzedzia. Trzeba tez przygotowac stanowisko pracy.

' (biurko) przeznaczone na stanowisko robocze powinien by¢ wyposazony w mate

antystatyczng wraz z opaska odprowadzajgcg fadunki do uziemienia.

nie powinien by¢ utrudniony, a najlepiej, by napiecie

byto doprowadzone na listwie zasilajacej z wytacznikiem.
stuzace do serwisowania komputeréw:
+ wkretaki plaskie i krzyzowe réznych rozmiaréw,
wkretaki typu torx réznych rozmiaréw,
obcinaki do przewodéw,
specjalne §rodki chemiczne,
$rodki smarujace,
sprezone powietrze,
odkurzacz komputerowy,
opaski zaciskowe do mocowania przewodéw.

Stosujemy je do odkrecania wigkszo$ci $rub mocujgcych w sprzecie komputerowym.
W zaleznosci od wielko$ci §ruby, nalezy dostosowa¢ odpowiednia wielkoé¢ i typ wkretaka.

.

Narzgdzia do naprawy: wkretaki krzyzowe, ptaskie oraz szczypce

funkcyjnych, notebookach, a takze w mocowaniach ptytki elektronicznej wiekszosci twar-

!
l Popularne gwiazdki s3 stosowane jako mocowanie w drukarkach, urzadzeniach wielo-
|
| dych dyskéw.

| ‘ Maja, zastosowanie w przypadku konserwacji urzadzeni oraz do utrzymania ich w czystosci. ‘
[ Stosuje sie je ﬁrzede wszystkim do smarowania ruchomych czesci urzqglzer'l komputero-
ch, takich jak: wentylatory oraz tozyska urzadzen drukujacych i skanujgcych.

l Srodek smarujacy tozyska wentylatoréw

Shuza przede wszystkim do usuwania brudu z wnetrza urzadzen.

zaciskowe




Narzedzia specjalistyczne:
. miernik elektroniczny,

lutownica z cyng i kalafonia,

stacja lutownicza,

odsysacze cyny,

chwytaki prézniowe,
« uchwyty pomocnicze,

testery (zasilaczy, ptyt gléwnych, przewodéw),
» probéwka.

Jest to nieodzowne narzedzie serwisanta, dzieki ktéremu zbadamy przede wszystkim war-
to$¢ napiecia w zasilaczu komputerowym lub laptopie.

a)

Miernik elektroniczny: a) standardowy, b) cegowy

Sprzet taki umozliwia wykonanie prac lutowniczych, takich jak wymiana kondensatoréw
czy przewodéw w zasilaczu laptopa.

Wszystkie bardziej skomplikowane prace lutownicze (montaz i demontaz SMD) mozna
wykona¢ jedynie przy uzyciu stacji lutowniczej, ktéra umozliwia ustawienie odpowiedniej

temperatury grota lutownlcy oraz w stac]ach z modutem Hot Air — umozliwiajacych pod-

grzanie elementu w celu jego us ia lub zamontowania.
—

Stacja lutownicza z Hot Air

Whaczenie zasilacza, nie pozwala nam jeszcze stwierdzi¢, czy dziala on prawidtowo. Te-
ster zasilaczy umozliwia szybkie uruchomienie zasilacza i sprawdzenie wartosci podsta- !

wowych napie¢ wyjéciowych.

Eaay to rend powse veltage

= = —

POWER SUPPLY TESTER

A e |

Tester zasilaczy

Jezeli chcemy sprawdzi¢, czy przewéd sieciowy jest odpowiednio przygotowany, nalezy uzy¢ | [
w tym celu testera przewodéw sieciowych, ktéry wykryje kazda nieprawidlowosc. '

Tester przewodéw sieciowych

Jest to zazwyczaj niewielka ptytka, montowana w gniazdo PCI lub podtaczana do gniazda
USB w celu zidentyfikowania problemu z nieprawidlowo dziatajagcym komputerem. i

MADE N CHNA

Sm

Tester plyt gtéwnych

Wymierr poznany sprzet specjalistyczny.
Jakiego sprzetu potrzebujemy przy wymianie uktadu SMD?

|
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 Kody btedéw
‘uruchamiania
'komputera

Rodzaje bledéw uruchamiania komputera
Funkcje BIOS

- - A — —_ ——

Rodzaje bledéw uruchamiania komputera:
svgnaly dzwickowe (wysylane przez glognik systemowy),
:punkty kontrolne (kody szesnastkowe wysylane na testery do portéw PCI lub ISA),
komunikaty na ekranie monitora. o

H eue mmoe edsio ¢
System BIOS PO 8 .
(ang. Basic Input-Output System) jest to'rodZaj pamieci flash, ktéra jest podiaczona
najczesciei do kontrolera KBC (ang. Keyboard Controller) lub do mostka potudniowego.
| System ten zawiera w sobie podstawowe sterowniki do obstugi podstawowych urzadzen

Mi, pg@e’ws_z_ygckim_su‘;rowniki dysku twardego, napedu optycznego, karty
grafiki, karty sieciowej, magistrali USB oraz podstawowych urzadzen wejscia—wyjsciar jak
klawiatura i mysz. BIOS ma wbudowang procedurg POST (ang. Power On Self Test), kidra
| pozwala na testowanie magistral oraz urzgdzen na nich pracujgcych. Ponadto BIOS moze
i | p?égc_istawic’ wyniki testu przy uzyciu specjalgicﬂg_t_d_iw%h.

DPOST wysyla sygnat reset na wszystkie urzadzenia i zaczyna testowac po kolei wszyst-
kie urzadzenia. Jezeli wyslanie do urzadzenia dane nie powrdcg do Kontrolera KBC, to

| procedura POST jest przerywana i uzyskujemy Kod bledu. =

_ Jezeli zapomnieli$my hasta do BIOS-u i nie mamy mozliwosci przywrécenia ustawief
fabrycznych zworka na plycie gléwnej, musimy uzy¢ jednego z haset fabrycznych.
] Dla poszczegolnych wersji BIOS-u s3 rézne hasta:
2} przyktadowe hasta BIOS-u AMI: A-M.T. Bios310; KILLCMOS, SMOSPWD;
{ b przyktadowe hasta BIOS-u AWARD: PASSWORD, biostar, ALFAROME, award.

Sygnaty dzwiekowe

Jezeli mamy problem z uruchomieniem komputera, nalezy podiaczy¢ glosnik systemowy
i zwréci¢ uwage na wydawane przez niego sygnaly dzwiekowe. Sygnaty r6znig si¢ w zalez-
nosci od rodzaju BIOS-u (Ami, Award, Phoenix).

e

——
01. KODY " LRUCH KOMPU !*
I
Sygnaly akustyczne AMI BIOS I ’
1 sygnat Btad od$wiezania DRAM, wymieri pamig¢ |
| 2 sygnaty | “I;’rqd parzrystos',ci w pierwszyéh 64 KB pamieci RAM, wymie p;nviqc’ - ~+i
L 3 sygnaty U;zkédzeni; w podste;\;\;ow;);:i'x 64 KBw pamieci RAMﬂ, wymief pamied ]
ssygnsty | Blad timerasystemowego ]
5 sygnatéw . Btad procesu . 1
6 sygnatdw Btad kontrolera klawiatury, wymieri klawiature j
7 sygnatéw Btad przerwania przez wystapienie wyjatku w trybie wirtualnym procesora -
8 sygnatow l Btad o_dczytu/zap};u pamieci -ka-rty“graﬁc-znej', wy;1qie-ﬁ kar’th graficzng - 3
9 sygnatéw ' Suma kontrolna ROM BIOS jest btedna, wymieri BIOS
10 sygnatéw ;Bié_fi:??izj);t;/zapisu rejestru SHUTI?OWN CMOEM B B i 4!
11 sygnatéw i Bfad pamieci cache )
|
Sygnatly akustyczne AWARD BIOS l _
1 krétki me\lv(’ E@é\ﬁ lNSZXEtk?_ OK R |
2 krétkie Btad niekrytyczny, zresetuj ustawienia CMOS !

1 dhugi, 1 krétki Btad ptyty gtéwnej lub pamieci RAM

' 1dtugi, 2 krétkie  Bfad karty graficznej

1dbugi, 3 krétkie  Btad kontrolera klawiatury

1 dtugi, 9 krétkich = Bfad pamieci Flash — BIOS

Diugi sygnat Bank pamigci jest uszkodzony lub pamie¢ nieprawidtowo zamontowana

Punkty kontrolne — kody btedéw

Kody bledéw plyty gtéwnej mozemy odczyta¢ za pomocy karty diagnostycznej, umiesz-
czonej w zkaczu PCIL. Karta wy$wietla kod bledu, ktéry nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji
technicznej karty.

Jest to pierwszy kod wyswietlony po wiaczeniu zasilania. Nie nalezy go jednak trakto-
waé jako kodu POST. Wyswietlenie kodu zalezy przede wszystkim od zastosowanego
BIOS-u w plycie gtéwnej. ;




Tabela kodéw

o U L W= T i

Dziesigtny 0 1 2 3 4 5
b S B
Szesnastkowy 0 1 23 4 5

Wyswietlacz
karty diagn.

Gdy diody 12V, 412V, +5V, +3.3V zapalaja sie po podigczeniu zasilania, oznacza to, ze
napiecie osiggneto okreslony stan. Jezeli ktérakolwiek z diod sie nie zapali, oznacza to
uszkodzenie na plycie gléwnej lub nieprawidtowe napiecie.

Wytacz zasilanie i wyjmij wszystkie karty
podtgczone do gniazd ISA i PCI.

Wiacz zasilanie
i sprawdz, czy zapality sig

(e ]

wszystkie diody.

¥

Sprawdz, czy TAK
wyswietlit sie kod

h 4

Nieprawidtowe
napigcia — >
zasilania piyty

gtéwnej.

btedu, ktéry oznacza
uszkodzenie.

NIE

L

Wytacz zasilanie i podtacz
klawiature, karte graficzna,
pozostate karty.

Podfacz zasilanie i sprawdz,
czy wystapit kod bfedu.

Y

Jezeli test zostat zakoriczony
pomyslnie i wynik jest
poprawny, problem moze

TAK

Y

Wytgcz zasilanie

i znajdz przyczyne,
identyfikujac i
problem zgodnie
z tablicg kodow.

Wytacz zasilanie
i znajdz przyczyne,

tkwi¢ w oprogramowaniu,
dysku twardym lub obwodzie
DMA.

Przeplywy sterowania

identyfikujac i
problem zgodnie
z tablicg koddw.

e P

i

|
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Komunikaty na ekranie komputera

Podczas uruchomienia komputera z systemem XP moze zosta¢ wysSwietlony jeden
z komunikatéw o bledzie:

Blad dotyczy uszkodzonego lub brakujacego pliku, ktéry jest wymagany do aktywacji
produktu Windows.

Aby naprawi¢ ten blad, nalezy uzy¢ CD z systemem Windows.

Po uruchomieniu ptyty z instalatorem nalezy wcisng¢ przycisk R, aby uruchomic kon-
sole odzyskiwania systemu i naprawic pliki systemowe.

Blad wynikajacy z zamienienia litery dysku twardego.

Problem wynikajacy ze zmiany rejestru systemowego. Aby rozwigzac ten problem, na-
lezy usuna¢ zawarto$¢ klucza rejestru MountedDevices w podkluczu rejestru

Zmieniona zostata litera dysku twardego lub zmianie ulegt dostawca zabezpieczen.

Problem pojawia sie czesto po uaktualnieniu systemu do nowego Service Pack.
Mozna go naprawi¢, instalujac ponownie Service Pack.

Blad wystepuje w przypadku braku lub uszkodzenia pliku

Blad okreéla uszkodzenie dysku twardego.

Jakie s3 rodzaje btedéw uruchamiania komputera?
Do czego stuzy BIOS?
Podaj przyklady sygnatéw akustycznych AWARD i AMI BIOS.
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Uszkodzenia sprzetowe
- komputera

= Diagnozowanie usterek w komputerze
Naprawa komputera

Przed testowaniem i diagnozowaniem urzadzer techniki komputerowej nalezy wyposa-
zy¢ si¢ w odpowiedni sprzet i narzedzia. Trzeba tez przygotowac stanowisko pracy.

Stét (biurko) na stanowisku powinien mie¢ miekko wyscielony blat, aby zdemontowane
elementy sie nie porysowaty.

Dostep do zasilania na stanowisku nie powinien by¢ utrudniony. Najlepiej, by napiecie
byto doprowadzone na listwie zasilajacej z wylgcznikiem.

Narzedzia stuzace do serwisowania komputeréw:

wkretaki plaskie 1 krzyzowe réznych rozmiaréw,

wkretaki typu Torx réznych rozmiaréw,
» obcinaki do przewoddw,
= oprogramowanie diagnostyczne i narzedzie do testowania podzespoléw,

$rodki chemiczne do czyszczenia elementéw ruchomych,
» sprezone powietrze,

odkurzacz komputerowy,

uniwersalny miernik elektroniczny (dodatkowo miernik cegowy),

opaski zaciskowe do mocowania przewodéw,

lutownica z cyna i kalafonis.

Do diagnozowania sg potrzebne (w celu ewentualnej zamiany uszkodzonych na spraw-
ne) nastepujace elementy jednostki centralne;:

zasilacz 24-stykowy z dodatkowym zasilaniem 4-stykowym do procesora,

pamigci SDRAM DIMM, DDR, DDR2, DDR3,

karta graficzna do gniazda PCI, AGP i PCI Express,

plyty gléwne i procesory do popularnych gniazd,

karty rozszerzeni: sieciowe, dzwiekowe,

kable do podigczania dyskéw i napedéw,

klawiatura i mysz serwisowa na PS/2 i USB.

Najwazniejsze, aby elementy do wymiany byly wczeéniej przetestowane.

Jak pamigtamy, zestaw komputerowy sklada sie z jednostki centralnej i urzadzen peryfe-
ryjnych. Do uruchomienia jednostki centralnej niezbednych jest pie¢ elementéw.
Elementy niezbedne do uruchomienia jednostki centralnej:
. obudowa z zasilaczem,
L plyta gléwna,

U=ZK ZED O

Pprocesor,
pamiec operacyjna,
karta graficzna.

&Z\eli zabraknie jednego z tych elementéw lub bedzie on uszkodzony, jednostka nie

uruchomi sie lub bedzie sygnalizowata uszkodzenie.

Przed przystapieniem do skomplikowanych operacii na sprzecie nalezy sprawdzic, czy
nie ma sie do czynienia z pro odstawowymi, takimi jak:

~ przelacznik w zasilaczu nieustawiony w pozycji ON,
—odaczone, poluzowane gniazdo zasilania ptyty gtéwnej,
brak elementu wymaganego do uruchomienia,
niewpiete do korica karty montowane w gniazda plyty gléwnej,

_niedopieta pamie¢ operacyjna RAM,

ednostka nie uruchamia sie (brak jakiejkolwiek reakcji). Mozliwe przyczyny to:
(=Juszkodzony zasilacz, Siscas St
uszkodzona plyta gléwna,
»)jeden z element6éw jednostki powoduje zwarcie.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy wylaczy¢ zasilanie komputera
oraz odlgczy¢ zbedne podzespoly i przewody z plyty gléwnej. Pozostawi¢ trzeba
jedynie elementy niezbedne do uruchomienia.

W przypadku uszkodzenia zasilacza nalezy wymieni¢ go na sprawny. Jezeli po wy-
mianie komputer uruchamia sie prawidlowo, podiaczamy pozostate podzespoty
i przewody oraz sprawdzamy dzialanie jednostki.

Jesli nie dysponujemy sprawnym zasilaczem, mozemy przetestowac ten, ktérego
uszkodzenie podejrzewamy. Nalezy w tym celu zewrze¢ dwa przewody w zlaczu
podiaczanym do plyty gtéwnej. Jezeli zasilacz sig uruchamia, jest sprawny. W prze-
ciwnym razie nalezy go wymieni¢ na nowy. Nie oznacza to jednak, ze zasilacz jest
jedynym uszkodzonym elementem. Po wymianie zasilacza nalezy przetestowal
komputer.

Jezeli po sprawdzeniu zasilacza (lub wymianie na nowy) komputer nadal si¢ nie
uruchamia, moze to oznacza¢ uszkodzenie plyty gléwnej. Chcac to zbadad, nalezy
wyja¢ pamieé operacyjna i karte graficzna, ktére moga powodowac zwarcie w przy-
padku ich uszkodzenia. Po wyjeciu tych elementéw wiaczamy jednostke. Jezeli
nadal sie nie uruchamia, z duzym prawdopodobiefistwem jest to spowodowane
uszkodzeniem ptyty gtéwnej. Nalezy wymieni¢ procesor, aby mie¢ pewnosc.
Poniewaz technologia zmienia sie bardzo szybko, zazwyczaj nie dysponujemy od-
powiednim procesorem. Niemniej jednak uszkodzenie procesora jest mato prawdo-
podobne — ten element rzadko sig psuje. Aby sie jednak co do tego upewni¢, mozna
sprawdzi¢, po wyjeciu procesora z gniazda, czy nie ma on zagietych nézek.

Jesli uszkodzeniu ulegt jeden z podzespotéw zamontowanych na ptycie gtéwnej, po
whaczeniu zasilania moze on powodowa¢ zwarcie. Nalezy kolejno zamienia¢ pod-
zespoly na sprawne i uruchamia¢ komputer, aby okregli¢, ktéry z nich powoduje

B e e ] A S




zwarcie. Po znalezieniu uszkodzonego podzespotu, nalezy go wymienic na inny, Je.
zeli po wymianie wszystkich podzespoléw na dziatajace komputer nadal si¢ nie ury.
chamia, moze to oznaczac uszkodzenie gniazda ktéregos elementu. Nalezy wéwczag
dany podzespét zamontowad w innym gniezdzie (jezeli istnieje taka mozliwo$¢). Je-
§li uszkodzeniu ulegnie gniazdo AGP lub PCI Express, jedynym rozwigzaniem jest
wymiana plyty gtéwnej lub zamontowanie karty graficznej w gniezdzie PCI.

Jednostka uruchamia sig, ale brak jest reakcji na monitorze. Mozliwe przyczyny to:
uszkodzony zasilacz (nieprawidtowe napiecia),

» nieprawidlowo skonfigurowany BIOS (wprowadzono nieprawidlowe zmiany),
uszkodzona pamieé operacyjna,
uszkodzona karta graficzna,
uszkodzona ptyta gtéwna.

Za pomocy uniwersalnego miernika elektronicznego nalezy sprawdzi¢ gléwne na-
piecia zasilania +5 Vi +12 V we wtyczce molex — napigcie+5 V (miedzy przewodem
czerwonym i czarnym), a +12 V (miedzy przewodem z6ttym i czarnym). Jezeli na-
piecia sa nieprawidlowe, nalezy wymieni¢ zasilacz.

Czasami wystarczy z poziomu BIOS-u przywrdéci¢ ustawienia fabryczne (ang. Load
Setup Default). Nie ma wtedy potrzeby rozbierania komputera. Jezeli niedo$wiad-
czona osoba wprowadzala zmiany w BIOS-ie, zabezpieczenie komputera nie po-
zwala na jego prawidlowe uruchomienie. Aby to naprawi¢, nalezy skasowac pamiec
CMOS przy uzyciu zworki lub wyjac na kilka minut baterie.

CLR_CMOS

CLR_CMOS

SHORT| CLEAR CMOS &
OPEN | MORMAL i
I

Zworka do kasowania pamieci CMOS (1) oraz bateria podtrzymujgca pamig¢ (2)

Aby zdiagnozowaé uszkodzenie pamieci operacyjnej lub karty graficznej, nalezy
mie¢ glosnik prawidlowo podtaczony do plyty gtéwnej. W przypadku uszkodzenia
pamieci operacyjnej zazwyczaj glosnik wydaje trzy dzwieki w dtuzszych odstepach.
Gdy uszkodzona jest karta graficzna, zwykle wydawane s trzy dZwieki w krétkich
odstepach czasu.

Nalezy postepowaé jak w przypadku uszkodzenia opisanego w przykiadzie
pierwszym.

Jednostka zuszkodzong ptyta gléwna moze nieuruchamiaé sie wealeluburuchamiac¢
sie ciemnym ekranem, w zaleznoéci od rodzaju uszkodzenia.

Jednostka uruchamia sie, lecz resetuje lub zawiesza w réznych sytuacjach. Mozliwe
przyczyny to:

uszkodzenie ptyty gléwnej (napuchniete kondensatory),

przegrzewanie sie jednego z elementéw (procesora, karty graficznej, chipsetu).

Niekiedy uszkodzenie kondensatoréw elektrolitycznych, objawiajace sig ich na-
puchnieciem (rys. 102.2), jest powodem dostarczania do plyty gléwnej nieprawi-
dlowych napie¢. Moze to prowadzi¢ — w najmniej spodziewanych momentach —do
zawieszania sie jednostki lub nieoczekiwanych restartéw. Nalezy sprawdzi¢ kon-
densatory zaré6wno na plycie gtéwnej, jak i w zasilaczu.

Przyktad dobrych kondensatoréw (po lewej) oraz napuchnigtych (po prawej)

Napuchniete kondensatory nalezy wymieni¢ na nowe o odpowiednich parame-
trach (pojemno$¢ i napigcie znamionowe).

W przypadku podejrzenia o przegrzewanie si¢ jednego z elementéw nalezy spraw-
dzi¢ w BIOS-ie lub za pomoca jednego z programéw diagnostycznych (np. Eve-
rest) jego temperature.
Prawidlowa temperatura pracy:

procesora: 20-50°C,

karty graficznej: 30-70°C,

chipsetu: 30-70°C.

Przegrzewajacy sie element ma zapewne zakurzony (zabrudzony) radiator lub wen-
tylator, ktéry nalezy oczysci¢. Moze tez istnie¢ potrzeba natozenia nowej warstwy
pasty termoprzewodzacej (miedzy elementem a jego radiatorem) oraz pozbycia sig
resztek starej pasty. Zle dzialajace, zatarte wentylatory nalezy wymieni¢ na nowe
o podobnej wielkosci i predkosci obrotowe;.




ﬂ§ Temperatury

@ rracesor 34 °C (93 °F)
@ procesor nr 1 [ rdzedi e 1 14 °C (57 °F)
@ rrocesor nr 1 [ rdzefine 2 10 °C (50 °F)
" Procesor graficzny 45 °C (113°F)
w* Seagate ST9250827A45 37°C (99°F})

), Wartosci napiec
@ Napiecie rdzenia procesora 1.06 %

Przyktad prawidlowych temperatur podzespotéw komputera

Jednostka uruchamia si¢ i faduje sie system operacyjny, lecz przed wy$wietleniem
pulpitu komputer sie¢ resetuje. Mozliwe przyczyny to:

nieprawidlowe sterowniki,

problem z systemem operacyjnym.

Trzeba uruchomi¢ system w trybie awaryjnym i sprébowa¢ okredli¢, ktéry sterow-
nik ostatnio byt instalowany. Nastepnie nalezy usuna¢ sterownik sprawiajacy pro-
blem i ponownie uruchomi¢ komputer. W trybie normalnym nalezy ponownie za-
instalowac sterownik urzadzenia, najlepiej pobrany ze strony producenta.

Przy uruchamianiu komputera nalezy nacisna¢ klawisz F8 i wybrac ostatnia dobra
konfiguracje. Jezeli to nie pomoze, trzeba uruchomi¢ komputer w trybie awaryj-
nym i przy uzyciu narzedzia przywracania systemu przywréci¢ ustawienia z ostat-
niego punktu kontrolnego (Start - Programy - Akcesoria — Narze-
dzia systemowe - Przywracanie systemu).Jezeli to narzedzie réwniez
zawiedzie, nalezy ponownie zainstalowac system operacyjny.

Jednostka uruchamia sie, lecz na ekranie pojawiaja sie¢ kolorowe paski, kreski itp.
Mozliwe przyczyny to:

uszkodzona karta graficzna.
Uszkodzona karte graficzna nalezy wymieni¢ na nows.

Jednostka uruchamia sie i faduje si¢ system operacyjny. System dziata nieprawidto-
wo. Nie instalujg si¢ i nie uruchamiaja programy. Mozliwe przyczyny to:
uszkodzona pamiec operacyjna.

Uszkodzong pamie¢ operacyjng nalezy wymieni¢ na nows.
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Jednostka uruchamia sie i faduje sie system operacyjny, lecz w niespodziewanym
momencie pojawia sie niebieski ekran z komunikatem o btedzie:

uszkodzony dysk twardy.
Przy uzyciu programu diagnostycznego nalezy przetestowac dysk twardy w poszuki-
waniu uszkodzonych sektoréw.

|. W dostepnej jednostce komputerowej, przy zamontowanym gtoéniku komputerowym

w plycie gléwnej, wyjmij na zmiane pamie¢ RAM i karte graficzng. Sprawdz, jakie
dzwieki wydaje plyta.

Odlgez dysk twardy od plyty gtéwnej i sprawdz, jaki otrzymasz komunikat.
Przeanalizuj wymienione przypadki i zastanéw sie, jakie problemy spotkale$ w kom-
puterach.

1. Jakich elementéw potrzebujemy do testowania i diagnozy komputera?

Jakie elementy wymagane s3 do uruchomienia komputera?

5. Jakie sa bledy wykrywane przez POST?

4. Jakie mogg by¢ przykladowe usterki komputera PC?
5. Jakie elementy skladaja sie na koszt naprawy komputera?




Uszkodzenia sprzetowe
laptopa

Diagnozowanie usterek w komputerze przeno$nym
Naprawa komputeréw przenosnych
Wykonanie kosztorysu naprawy laptopa

nie stanowisko serwisowe oraz sprzet do wymiany.

Sprzet niezbedny do napraw laptopow:
| stacja do lutowania (nie wystarczy zwykla lutownica),
, stanowisko do reballingu uktadéw,
| narzedzia do montazu i demontazu laptopa: mate wkretaki krzyzowe, plaskie i torx,
. akcesoria do czyszczenia laptopa,
; uniwersalny miernik elektroniczny.

Do diagnozowania s3 potrzebne (w celu ewentualnej wymiany uszkodzonych na spraw-

| ne) nastepujace elementy laptopa:
zasilacz uniwersalny z regulowanym napieciem oraz ze wszystkimi wtykami;
pamieci SDRAM DIMM, DDR, DDR2, DDR3;
b l matryce LCD i LED o wymiarach 14, 15, 15,4 oraz 15,6 cala.
' Elementy do wymiany powinny by¢ wcze$niej przetestowane.

. Najczgstsze usterki w komputerach przenosnych:
| brak jakiejkolwiek reakcji przy wiaczaniu,

pasy, artefakty na ekranie,

bialy ekran po wlaczeniu,

uruchamia sie, lecz nie reaguje,

wylacza sie po pewnym czasie,

niebieskie ekrany,

zawiesza sie lub resetuje.

Powody usterek w komputerach przeno$nych:
zalanie plynem,

upadek,

uderzenie,

zamkniecie z przedmiotem w $rodku,
nieprawidlowy zasilacz.

Przed przystapieniem do diagnostyki i naprawy laptopéw nalezy przygotowa¢ odpowied-
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Brak jakiejkolwiek reakcji przy wlyczaniu. Mozliwe przyczyny to:
uszkodzony zasilacz,
zwarcie jednego z podzespoléw laptopa,
uszkodzona ptyta gtéwna.

Nalezy sprawdzi¢ miernikiem, czy napigcie na wyjéciu zasilacza (na wtyczce) jest
takie, jakie podano na jego odwrocie, np. 19 V. Jezeli na wyjéciu zasilacza nie ma
okreglonego napiecia, nalezy go wymieni¢. Zdarza sie, ze wtyczka zasilacza ma
skrecone przewody — nalezy wtedy wymienic kabel taczacy zasilacz z wtyczka.

Nalezy wyja¢ wszystkie elementy mogace spowodowaé zwarcie, czyli pamig¢, dysk
twardy, karte Wi-Fi, klawiature, naped optyczny. Jezeli po wyjeciu tych elementéw
laptop sie uruchamia, nalezy wktada¢ po jednym elemencie i uruchamia¢ kompu-
ter, aby wykry¢ uszkodzony element. Jezeli po wyjeciu tych elementéw laptop nadal
sie nie uruchamia, najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie ptyty gtéwne;.

W przypadku uszkodzonej plyty gtéwnej diagnoza wymaga glebokiej analizy, po-
dobnie jak w komputerze stacjonarnym. Nie istnieje jednak uniwersalna ptyta gtéw-
na do zastosowania w kazdym laptopie. W ptycie moze ulec uszkodzeniu system
zasilania, jeden z uktadéw chipset i wiele innych elementéw. Jezeli nie mamy od-
powiedniego sprzetu do diagnostyki ptyt gtéwnych laptopéw, musimy te czynnosé
zleci¢ profesjonalnemu serwisowi.

Pasy, artefakty na ekranie. Mozliwe przyczyny to:
uszkodzona matryca laptopa,
uszkodzony uktad graficzny,
odklejenie uktadu graficznego.

Uszkodzona matryca objawia si¢ zazwyczaj pionowymi paskami na ekranie. Aby
sprawdzid, czy zostala uszkodzona matryca, nalezy j3 zamienic na sprawng. W tym
celu demontujemy ramke matrycy, aby ustali¢, z jakim typem matrycy mamy do
czynienia. Jezeli po wymianie matrycy nadal nie wida¢ zmiany, nalezy sprawdzic
uklad graficzny.

W przypadku odklejenia uktadu graficznego nalezy wykonac¢ reballing uktadu,
czyli wymiane starych taczy w postaci kulek na nowe. Jezeli to nie rozwigze pro-
blemu, trzeba wymieni¢ uktad graficzny. Jesli mamy do czynienia z zewngtrzng
karty graficzna, nalezy wymienic ja na uktad z tej samej serii, aby laptop mégt ja
obstuzyc.
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Bialy ekran po wlaczeniu. Mozliwe przyczyny to:
uszkodzony uklad graficzny,
odklejenie ukladu graficznego.

Postgpowanie jak w poprzednim przykladzie.

Uruchamia sie, lecz nie reaguje (czarny ekran). Mozliwe przyczyny to:
uszkodzona pamiec,
uszkodzony procesor,
uszkodzona plyta gtéwna,
uszkodzony / odklejony chipset.

Nalezy sprawdzi¢, jaka pamiec jest zamontowana w laptopie, i wymienic ja na dzia-
tajacy. Problem moze tez dotyczy¢ nie samej pamieci, ale gniazda pamieci w lap-
topie. Dlatego tez najlepiej wyja¢ wszystkie zamontowane pamigci i montowaé je
po kolei w kazdym gnieZdzie. Jezeli te testy nic nie wniosa, trzeba badac pozostale
mozliwodci uszkodzenia.

Sprawdzamy rodzaj gniazda, w jakim jest zamontowany procesor. O ile to mozliwe,
zamieniamy je na sprawne. Nalezy jednak pamietaé, ze samo gniazdo proceso-
ra nie determinuje obstuzenia wszystkich modeli, jakie do niego pasujg. Nalezy
sprawdzic¢ na stronie producenta, jakie modele obstuguje dany laptop.

Powodem opisywanego uszkodzenia moze by¢ odklejony uklad chipset, zazwyczaj
péinocny przy dwéch ukladowych rozwigzaniach. Uktad odpowiada za obstuge
karty graficznej, co skutkuje brakiem obrazu na ekranie. Nalezy wykonac¢ reballing
ukladu chipset, a jezeli to nie pomoze, wymieni¢ wadliwy uktad na nowy.

Laptop wylacza si¢ po pewnym czasie. Mozliwe przyczyny to:
przegrzewanie sie procesora,
przegrzewanie si¢ ukladu graficznego,
przegrzewanie sie ukladu chipset.

Procesor moze si¢ przegrzewac z dwéch powodéw: ze wzgledu na zabrudzony sys-
tem chlodzenia lub problem z pastg termoprzewodzgca. Jezeli system chtodzenia
jest zabrudzony, nalezy go wyczysci¢. Samo wydmuchanie sprezonym powietrzem
nie jest skutecznym rozwigzaniem. Klebki kurzu moga bowiem wpasé pod topatki
wentylatora i zablokowa¢ go lub spowolni¢ jego prace. Nalezy tez wyczysci¢ prze-
strzeri pomiedzy wentylatorem a radiatorem do chlodzenia ~ tu zazwyczaj zbiera
si¢ duzo kurzu. Jezeli system chlodzenia nie jest zabrudzony, powodem przegrze-
wania sig¢ moze by¢ zbyt stara pasta na procesorze. Po pewnym czasie staje si¢ ona
twarda i traci swoje wlasciwodci. Nalezy dokladnie usuna¢ starg paste i wymienic
ja na nowsa.
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100 USZKODZENIA SPRZETOWE LAPTOPA

Uktad graficzny w laptopie zazwyczaj jest chtodzony tym samym systemem, co
uklad procesora i chipsetu. Przegrzewanie si¢ ukladu graficznego moze by¢ spo-
wodowane zabrudzeniem tego systemu lub — jak w przypadku procesora — proble-
mem z past termiczng, ktéra nalezy wymienic.

Uklad chipset jest chtodzony przez ogélny system chtodzenia laptopa, ktéry moze
by¢ zabrudzony. Inny mozliwy powé6d to uszkodzenie lub przypadkowe usunigcie
termopadu pod chipsetem. Termopad to niewielki kawatek specjalnego tworzywa
(podobnego do gumy). Odpowiada on za potaczenie rdzenia chipsetu z ukladem
chlodzenia w celu odprowadzania ciepta. Jezeli termopad jest uszkodzony, nalezy
go wymienic na nowy.

Niebieskie ekrany. Mozliwe przyczyny to:
uszkodzony dysk twardy,
nieprawidtowe sterowniki do urzadzenia.

Jesli podejrzewa sie uszkodzenie dysku twardego, nalezy go przetestowac progra-
mem diagnostycznym. W przypadku wykrycia bledéw trzeba dysk wymieni¢ na

nowy.

Jezeli przed wystapieniem problemu instalowaliémy nowe sterowniki, moga one by¢
jego powodem. Nalezy uruchomi¢ system, przy wcisnigtym klawiszu F8, i wybrac
ostatnia dobra konfiguracje. Jezeli to nie przyniesie efektu, nalezy uruchomi¢ system
awaryjny i usuna¢ btedny sterownik.

Laptop zawiesza sie lub resetuje. Mozliwe przyczyny to:
nieprawidtowe sterowniki do urzadzenia,
problem z systemem operacyjnym. .

Uruchamia sie przy czarnym ekranie, lecz stycha¢ ladowanie systemu. Mozliwe
przyczyny to:

uszkodzona matryca,

uszkodzony inwerter,

uszkodzona karta graficzna.

Po aktualizacji w notebookach systemu, np. Windows Vista na Windows 7, system
pokazuje, Ze bateria jest zuzyta i trzeba ja wymieni¢ na nowa. Mozliwe przyczyny to:
sprawdzié programem testujacym (Laptop Battery Tester), czy napigcie jest zgod-
ne z podanym przez producenta;
jezeli napiecie bedzie nizsze niz w specyfikacji, sprawdzi¢ bateri¢ miernikiem
elektrycznym;




jezeli obydwa pomiary wskaza napiecie ponizej podanego przez producenta, na-

lezy rozwazy¢ wymiane baterii;

jezeli napigcie bedzie zgodne ze specyfikacja producenta, nalezy odnalez¢ po.

prawke do systemu na stronie firmy Microsoft;
» moze nastapic sytuacja, ze firma Microsoft nie rozwigzala jeszcze takiego proble-
mu. Wtedy nalezy opisad te sytuacje w e-mailu.

Problem z matryca najlatwiej sprawdzi¢ przez podlaczenie laptopa do zewnetrz.
nego monitora. Jezeli pokaze si¢ na nim obraz, prawdopodobne jest uszkodze-

nie matrycy. Nalezy zamieni¢ matryce na inng i sprawdzi¢, czy problem zostanie
rozwigzany.

Inwerter odpowiada za podéwietlenie matrycy (tylko LCD). Najtatwiej zdiagnozo-
wac ten problem poprzez dokladne przyjrzenie sie matrycy z bliska. Jezeli delikat-
nie wida¢ na ekranie obraz, uszkodzony jest inwerter — nalezy go wymienic.

W przypadku niektérych typéw uszkodzen karty graficznej system operacyjny
moze si¢ uruchamiaé, ale nie przesyla¢ obrazu ani do matrycy, ani do monitora
zewnetrznego.

Przeanalizuj wymienione przyktady i oméw problemy, ktére wystepuja w laptopach.

Jakich elementéw potrzebujemy do testowania i diagnozy laptopa?
Jakie elementy s3 wymagane do uruchomienia laptopa?
Jakie moga by¢ przykladowe usterki w komputerach przenognych?

Uszkodzenia urztheﬁ
* peryferyjnych

Typowe uszkodzenia urzadzen peryferyjnych

Uszkodzenia wiekszosci urzadzeri, w tym réwniez peryferyjnych, powstaja najczesciej
z winy uzytkownika, kt6ry nieprawidtowo sie nimi postuguje, nie zna ich przeznaczenia
i nie stosuje sie do zasad zapisanych w instrukcji obstugi urzadzenia. Brak regularnej kon-
serwacji urzadzeri réwniez wplywa na skrécenie ich wytrzymatodci i czgste uszkodzenia.

Uszkodzenia klawiatur

Klawiatury zazwyczaj ulegaja uszkodzeniu przez zalanie ptynem. Dzieje si¢ tak wtedy, gdy
uzytkownik nie stosuje si¢ do zasad korzystania ze stanowiska komputerowego. Méwig
one, ze przy komputerze nie nalezy spozywac positkéw oraz pi¢ napojow.

Zalang klawiature mozna prébowac przeczyéci¢ z pozostatosci zaschnigtego zazwyczaj
plynu. Plyn, ktéry dostat sie do $rodka klawiatury, moze spowodowac zwarcie klawiszy.
Zwarcie klawiszy powoduje problemy przy uruchamianiu systemu komputerowego, a na-
wet brak mozliwoéci whaczenia komputera.

Uszkodzeniu ulegaja réwniez klawisze, zwlaszcza w laptopach. Klawisze czesto zostajg
wylamane z zaczepéw. Uszkadzane sa réwniez gumki pod tymi przyciskami. Jezeli zo-
stanie uszkodzony zaczep pod klawiszem, nalezy go wymieni¢ na nowy i zamontowac
kompletny klawisz w klawiaturze.

Klawiatura, ktérej nie wykrywa komputer, moze mie¢ powyginane piny we wtyczce, o ile
jest podtaczana do portu PS/2. Podobna sytuacja moze dotyczy¢ myszy komputerowej pod
PS/2.

Uszkodzenia myszy

Podatne na uszkodzenia sa réwniez przyciski myszy, gdyz intensywnie si¢ ich uzywa.
W zasadzie nie ma mozliwosci wymiany takiego uktadu, odpowiedzialnego za dziatanie
myszy.

Innym problemem dotyczacym dziatania myszy komputerowej jest uszkodzenie lub zgu-
bienie glizgaczy, wlatwiajacych poruszanie mysza po powierzchni. Po uszkodzeniu §lizga-
cza mysz bedzie dziatata nieprawidlowo, kierujac kursor w inne miejsce, niz wskazujemy.

Uszkodzenia drukarek

W drukarkach iglowych czesto dochodzi do uszkodzenia glowic drukujacych, w ktérych
tamiy sie igly. Przy dtuzszej eksploatacji sprzetu nalezy pamigtac o regularnym czyszcze-
niu rolek podawania papieru. Wycieraja si¢ one i nie s3 w stanie przesuwal pobranego

papieru. |
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Rolki podawania papieru w drukarce

W drukarkach atramentowych najczestszym uszkodzeniem jest zatykanie sie dysz gto-
wicy drukujacej. Problem jest do§¢ powazny w drukarkach, ktére maja wbudowang gto-
wicg, poniewaz mozna ja przeczyscic jedynie przy uzyciu oprogramowania.'W przypadku
drukarek, ktére majg glowice wbudowane w kartridz drukujacy, problem jest fatwiejszy do
rozwigzania. Glowice takg mozemy zanurzy¢ w goracej wodzie lub uzy¢ specjalnego pty-
nu udrazniajacego glowice drukarek. Ponadto producenci napetniaczy do drukarek czesto
oferuja w komplecie system do odsysania zaschnietych glowic.

W drukarkach laserowych najczesciej psuje sie uklad wywotujacy. Uszkodzeniu ulega
beben selenowy: zuzywa sie on lub zostaje porysowany przez ciala obce, ktére dostaja sie
do drukarki. Zdarza si¢ réwniez, ze uktad wywotujacy uszkadza sie w wyniku odklejenia
si¢ od watka grzejnego teflonu, ktéry jest odpowiedzialny za nieprzyklejanie sie do niego
toneru.

We wszystkich typach drukarek znajduje sie duzo plastikowych k6t zebatych, ktére na-
pedzaja system prowadzenia papieru. Kola te czesto ulegaja uszkodzeniu wskutek wyta-
mania kilku z¢béw. Papier nie moze by¢ wéwczas dalej podawany. Nalezy niezwlocznie
wymieni¢ takie kolo zebate na nowe.

Uszkodzenia skaneréw

W skanerach jednym z probleméw jest uszkodzenie $wietléwki o$wietlajacej oryginal.
Swietléwka przepala sie po dtugiej eksploatacji.

Innym problemem, podobnie jak w przypadku drukarek, jest uszkodzenie rolek
podajacych kartki z oryginatem lub uszkodzenie jednego z kot zebatych odpowiedzialnych
za przesuwanie papieru oraz swietléwki.

Uszkodzenia monitoréw

Jednym z uszkodzei monitoréw LCD, jak réwniez matryc w laptopach, jest zniszcze-
nie matrycy LCD. Powodem uszkodzenia moze by¢ uderzenie albo zamkniecie laptopa
z pozostawionym przedmiotem na klawiaturze. Czesto na matrycy pojawiajg sie pionowe
paski réznych koloréw. Przy uszkodzeniu matrycy jedynym rozwigzaniem jest wymiana
jej na nowa. W monitorach LCD uszkodzeniu ulegaja tez kondensatory elektrolityczne
w sekgji zasilania monitora. Kondensatory puchng, a napiecie z zasilacza jest niewystar-
czajace do uruchomienia pods$wietlenia matrycy. W przypadku pojawienia sie na monito-
rze niewlasciwych koloréw nalezy sprawdzi¢, czy przewéd sygnatowy monitora nie zostal
przygnieciony lub uszkodzony. Czesto sam wtyk przewodu lub powyginane piny moga
powodowac takie problemy.

Uszkodzenia zasilaczy awaryjnych UPS

Najczestszym uszkodzeniem zasilacza awaryjnego jest awaria akumulatora, ktéry pod-
trzymuje komputer podczas braku zasilania. Akumulator taki ma okreslong liczbe cykli
tadowania, po ktérej przekroczeniu nie jest w stanie zasila¢ komputera. Najprostszym
sposobem naprawy jest wymiana akumulatora na taki sam jak ten w zasilaczu.

Uszkodzenia gtos$nikéw
Problemem w gloénikach najcze$ciej bywa uszkodzenie membrany, ktéra jest odpowie-
dzialna za generowanie dzwieku. Wymiana gloénika na ogét nie jest oplacalna, chyba ze
dotyczy to drozszego zestawu.

Uszkodzeniu ulegajg réwniez przewody do glosnikéw, kt6re przecieraja si¢ lub s3 prze-
gryzane przez zwierzeta. Psuja sig tez czgsto wyciggane wiyczki.

Jakie problemy moga wystapi¢ przy urzadzeniach peryferyjnych? Z czego wynikajg te
uszkodzenia?




L. Harmonogram
- I\J/ J ' naprawy

Przebieg naprawy sprzetu komputerowego

Mozna wyréznic nastgpujace etapy naprawy sprzetu:
przeglad ogélny sprzetu,

» wywiad,

» diagnoza usterki,

» kosztorys naprawy,
naprawa uszkodzen,
wymiana podzespoléw,

. testowanie sprzetu.

Przed przystapieniem do naprawy nalezy zapoznac si¢ ze sprzetem, sprawdzi¢ wszyst-
kie potaczenia wewnatrz i na zewnatrz. Powinno si¢ uruchomic¢ komputer i potwierdzi¢
usterke (problem ze sprzetem). Czesto zdarza sie, Ze przyniesiony sprzet dziata prawidto-
wo, a problem powoduje pozostawione u klienta inne urzadzenie.

Nalezy dokladnie wypytaé, co dzieje sie ze sprzetem, od jakiego czasu wystepujg objawy
i co mogto je wywota¢. Od prawidlowo przeprowadzonego wywiadu zalezy szybka i spraw-
na diagnoza. Niestarannie przeprowadzony wywiad moze przysporzy¢ wielu probleméw
przy diagnozie i wydtuzy¢ jej czas.

. Rozpoczynamy od pozostawienia pigciu podzespotéw wymaganych  do uruchomienia
komputera. Wymieniamy po kolei poszczegélne elementy jednostki, az komputer urucho-
mi si¢ prawidtowo. Podczas diagnozy warto korzysta¢ z odpowiedniego sprzetu diagno-
stycznego, co ulatwi szybka i pewng diagnoze.

Po wykonaniu diagnozy nalezy przedstawi¢ klientowi kosztorys naprawy komputera.
W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ zaréwno koszt diagnozy, koszt wymiany uszkodzonych
elementéw, jak réwniez koszt roboczogodzin poswieconych na naprawe sprzetu. Zdarza
sie czasem, Ze podczas naprawy sprzetu potrzebna jest wymiana dodatkowego elementu,
co podnosi catkowity koszt naprawy. Dogwiadczony serwisant bedzie umiat przewidziec
wczesniej mozliwos¢ wystgpienia takiego problemu.

Co zrobi¢, gdy klient nie zgodzi si¢ na naprawg ze wzgledu na zbyt wysoka ceng, a my
poswieciliémy czas na diagnoze sprzetu? Niektére serwisy nie pobieraja oplat za takg dia-
gnoze, lecz wiekszo§¢ serwisow firmowych pobiera oplate w przypadku, gdy klient rezy-
gnuje z naprawy po wycenie i diagnozie.

W przypadku decyzji klienta o naprawie sprzgtu przystepujemy do usunigcia usterek kom-
putera. Usuniecie usterki moze polega¢ jedynie na ustudze serwisowej, kt6rg jest np:
czyszczenie przegrzewajacego si¢ sprzetu,
» reset ustawieri BIOS-u do fabrycznych,
. wymiana pasty termoprzewodzacej pod CPU lub GPU,
czyszczenie klawiatury.

Jezeli z diagnozy wynika, ze konieczna jest wymiana podzespoléw, nalezy je wymieni¢ na
nowe lub zaméwié, jesli nie mamy ich w magazynie.

Po prawidlowo przeprowadzonej naprawie nalezy przystapi¢ do testowania sprzetu. W tym
celu powinno sie uzywac¢ odpowiedniego oprogramowania, obcigzajacego prace kompute-
ra. Spowoduije to symulacje jego pracy w rzeczywistych warunkach.

Przeanalizuj przyktady 102.1-102.7 z dziatu Uszkodzenia sprzgtowe komputera i wykonaj
do nich samodzielnie harmonogram naprawy.

Wymieti etapy naprawy sprzetu komputerowego.
Oméw poszczegblne etapy naprawy.
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Testowanie i diagnostyka

komputeréw

' Sposoby testowania podzespotéw komputera

Oprogramowanie do testowania i diagnostyki

Testowanie i diagnostyka procesoréw
Przy testowaniu procesoréw mozna korzystac z wielu programow — zar6wno darmowych,

jak i platnych. Oto przyklady oprogramowania do testowania i diagnostyki procesoréw:
CPU-Z, PC Mark, 3DMark Vantage, Super Pi, Everest, Sandra Lite.

To oprogramowanie dostarczajace wszystkich informacji na temat analizowanego pro-
cesora. Program informuje o producencie, rodzaju i modelu procesora, poborze mocy,
technologii wykonania, napieciu rdzenia, zawartych instrukcjach, predkosci, mnozniku,
szynie oraz rodzaju i ilogci pamieci podrecznej cache kazdego rodzaju (rys. 106.1). Jest to
oprogramowanie bezplatne. Warto z niego skorzysta¢, aby dowiedzie¢ si¢ wiccej na temat

SW0]ego procesora.
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Program CPU-Z

Darmowe oprogramowanie do testowania poszczegélnych skladnikéw systemu, m.in.
procesora. Programu mozna uzywac w celu obcigzania procesora, a takze testowania jego
wydajnosci i niezawodnoéci, np. w przypadku przetaktowania. fezeli chcemy po zakoricze-
niu testu zobaczy¢ wyniki, musimy miec zarejestrowang kopie oprogramowania.

Runsning tests - Please wait..
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Program PC Mark

Oprogramowanie testuje wydajno$¢ komputera z systemem Windows Vista lub 7 wraz
z biblioteka DirectX 10. Program wykonuje dwa testy procesora, dwa testy karty graficznej
i sze$¢ ogblnych testéw wydajnosci.

Program shuzy do testowania przede wszystkim stabilno$ci komputera poprzez obcigzanie
procesora obliczeniami liczby pi. Wykorzystuje pelng moc procesora, dzigki czemu nadaje
sie idealnie do testowania procesoréw o zwigkszonej czestotliwosci. Programu nie trzeba
instalowad, wystarczy go pobra¢. Ma niewielkie rozmiary.
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Bezptatne oprogramowanie do analizy i diagnostyki sprzetu. Program ma wiele modutéw, | ; Program Sandra Lite

ktére zawierajg informacje dotyczace: procesoréw, pamiegci, chipsetéw, kart graficznych
i wielu innych element6w.

w odmeswnl}l do.procesoro.w program zawiera ba.ltdZO c1ekavs/zy mOdl?} . | Przetestuj kilka procesoréw w komputerach z dostepnymi poznanymi programami.
, poréwnujacy wydajnos¢ okreslonych serii procesoréw. Mozna w nim T oy
| Poréwnaj uzyskane wyniki.

porovmac .dany PrOCEsor 2 dowolnym atym m odele_m lub serl3. Mozna tez \fvy]?rac | 2. Skorzystaj z programu Sandra Lite i poréwnaj procesory réznych producent6w. Sprawdz '
modele réznych producentéw w celu poréwnania wydajnosci, poboru mocy, ceny i wielu

Py . |
| innych aspektéw. 1 wyniki testu




Testowanie i diagnostyka pamieci

Przy testowaniu pamigci mozemy skorzystaé z programoéw:
» Mem Test,
» Everest.

i Niewielkich rozmiaréw program, ktérego nie musimy instalowaé. Sluzy do testowania
; pamieci RAM. Mozemy skorzystaé z niego w trybie DOS i przetestowac caly dostepng pa-
mie¢, a takze w trybie Windows przetestowac niewykorzystang pamie¢ operacyjna.
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4¢ [0 Errors] Mem... | =)

~Enter megabytes of RaM lo test ———

o
tTesz:}

| °
>

Stop Testing ]

About MemTest _!
| e oy i e P o e e
; &5] or Deluxe [$1g4]pversionsn,gwhich ‘m Zapzs do pamigc
add additional features. :m Memory Copy
| /] 0:8% Coverage, 0 Einors '“'”‘""J .. Czas oczekiwania |

' Cztery testy pamieci
' i Program Mem Test programu Everest

Poznany juz wcze$niej program zawiera réwniez cztery testy pamieci (dotycza odczytu, za-
pisu, kopiowania i czasu oczekiwania). Po wykonaniu kazdego testu otrzymujemy wynik
! poréwnujacy z komputerami opartymi na innych procesorach i pamieciach.

Warto wykonac za pomocg programu Everest testy na pamieciach w trybie single channel
i dual channel. Pozwolg one sprawdzi¢, jak zmienia si¢ wydajnos¢ komputera przy kilku
kosciach pamieci.
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Test odczytu z pamieci (z lewej) i oczekiwania pamieci (z prawej)

Wykonaj na komputerze testy pamieci RAM za pomoca dostepnego oprogramowania
i poréwnaj rezultaty z innymi wynikami w programie.
Wykonaj test pamieci i sprawdz, czy ma ona biedy.

Testowanie i diagnostyka dyskéw twardych

Do testowania dyskéw twardych mozemy uzy¢:
oprogramowania ogélnego,
oprogramowania producentéw dyskéw,
programu HD Tune,

» programu HDDlife.

Mozemy skorzysta¢ z oprogramowania, ktére oferuje np. Hirens BootCD. Wyszukamy na
dysku twardym ewentualne sektory BAD, czyli uszkodzone miejsca powodujace zawiesza-
nie sie komputera lub wystepowanie tzw. blue screenéw.

Kazdy z producentéw dyskéw twardych oferuje oprogramowanie do testowania i diagno-
styki dyskéw. Przyktadowe programy to: Seagate SeaTools, Samsung czy WD Data Life-
guard Diagnostics. Oprogramowanie producenta wykonuje testy szybkesci, kopiowania,
wyszukiwania bledéw i wiele innych testéw.
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Przyktad programu Seagate SeaTools

To bezplatne narzedzie do testowania wydajnosci dyskéw twardych. Test sprawdza pred-
ko$¢ zapisu i odczytu dysku. Podaje predkos¢ minimalna, $rednig i maksymalng, a takze
temperature pracy dysku oraz informacje o partycjach i producencie. Oprogramowaniem
mozemy réwniez wykona¢ skan powierzchni dysku na sektory BAD. W programie da si¢
tez testowad pamieci przenogne Flash Drive. '

HDDlife to prosty program monitorujacy prace dysku twardego. Zawiera informacje o sta-
nie, sprawnosci i temperaturze dysku oraz na temat partycji — podaje iloé¢ zajetego miej-
sca, procent uzycia, rozmiar.
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a) Wyniki testu FID Tune, b) Monitor dysku programu HDDlife

Za pomocg dostepnych programéw wykonaj testy dysku twardego.
Poréwnaj rezultaty z wynikami testéw innych dyskéw.

Za pomocy programu HD Tune przetestuj wszystkie dostepne pamieci flash. Przeana-

lizuj ich predkosci odezytu i zapisu.

Testowanie i diagnostyka kart graficznych

Karty graficzne pelnig bardzo wazng funkcje w komputerach, zatem niezmiernie istotne

jest testowanie ich wydajnosci w celu poréwnania z innymi modelami.

Programy do testowania kart graficznych:
3D Mark 03, 05, 06, 11,

3D Mark Vantage,

Sandra Lite,

gry komputerowe.

To typowy program do testowania wydajnosci kart graficznych. W wersjach od 2005 r. s3
zawarte réwniez testy wydajnosci procesoréw. Program testuje wydajno$¢ kart w wielu
testach: w renderingu, teksturowaniu, cieniowaniu. Po zakoficzeniu testu otrzymujemy

wynik, ktéry mozemy poréwnac z innymi rezultatami w sieci.

Poznany juz program ma modut

graficznej i poréwnac jej wydajnosc¢ z pozostatymi.

¢

zt , w ktérym mozemy poréwnywaé wydaj-
nos¢ wyb-ranych kart graficznych. Pozostale moduty z serii GP réwniez oferujg poréwna-
nie wydajnosci wybranych kart graficznych. Mozemy tez wykonaé test posiadanej karty
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Modut Video Rendering w programie Sisoft Sandra

Gry komputerowe

Sg idealnym narzedziem do testowania kart graficznych — zar6wno pod katem wydajnosci,
jak i obcigzenia. W grach mozemy zmienia¢ rozdzielczo$¢, renderowanie, jako$¢ tekstur,
oswietlenie, jakoé¢ szczegétéw. Wszystko to wptywa na zmiane wyswietlania obrazu przez
karte, a co za tym idzie — na liczbe wy$wietlanych klatek na sekundg.
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Za pomocg dostepnego oprogramowania wykonaj test dostepnych kart graficznych. Po-
réwnaj osiagniete wyniki i dokonaj analizy.

Skorzystaj z programu Sandra Lite i poréwnaj wydajnos¢ karty w komputerze z pozo-
statymi kartami testu.

‘ Odzyskiwanie
~ utraconych danych

i
i
i
|
i
i
|
i
|
L

']

Jak testujemy i diagnozujemy komputery? :
Jakie oprogramowanie jest niezbedne do testowania i diagnozowania komputeréw? Sposoby odzyskania utraconych danych

Problemy, ktére moga sig pojawi¢ przy odzyskiwaniu danych

] Trzeba podkresli¢, ze za tworzenie kopii bezpieczeristwa kazdy uzytkownik odpowiada
‘ sam. Ani producent urzadzenia, ani producent komputera nie moze wzig¢ odpowiedzial-
nosci za utrate czyich$ danych. W kontekscie odzyskiwania utraconych danych warto sig
zastanowic, gdzie przechowujemy dane i dlaczego mozemy je utracic.
No¢niki do przechowywania danych:
| dyski twarde,
|« plyty CD, DVD, BD,
pendrive'y,
karty pamieci.

i Najczestszym powodem utraty danych moga by¢:
uszkodzenie mechaniczne nognika,
uszkodzenie elektroniczne,

| problem z oprogramowaniem,

problem z partycjami,

usuniecie danych,

format dysku.

Uszkodzenia mechaniczne

Najczeéciej dotyczy ptyt napedéw optycznych, ktére moga zostac porysowane. Tak uszko-
dzone no$niki mozemy sprébowaé wypolerowaé, aby odczyta¢ z nich dane. Niestety, na
porysowanej powierzchni no$nika $wiatlo lasera sie zalamuje i nie moze trafi¢ na odpo-
wiednig $ciezke.

Uszkodzenie mechaniczne moze tez dotyczy¢ powierzchni dysku twardego (tzw. sektor
BAD). Uszkodzenia takie da sie czasem naprawi¢ programem HDD Regenerator, jednak
w wiekszoéci przypadkéw nie mozna usungc tego problemu.

Przy uszkodzeniu mechanicznym tego rodzaju noénika nie odzyskamy z niego danych,
poniewaz nie jest mozliwe uruchomienie fizycznie uszkodzonej pamigci ani dysku.




Pozostate uszkodzenia

Jedynie w przypadku dyskéw twardych mozemy liczy¢ na pomysélne rozwiazanie proble-
mu poprzez wymiane elektroniki dysku. Nalezy pamietad, ze elektronika musi pochodzi¢
z dokladnie takiego samego modelu dysku. Przy uszkodzeniu elektroniki w pozostatych
nosnikach zazwyczaj nie uda si¢ uruchomi¢ urzadzenia.

Najprosciej odzyskac dane z nosnikéw, jedli problem dotyczy oprogramowania systemo-
wego lub partycji. Jezeli na dysku twardym zostal uszkodzony system, mozna dysk przeto-
zy¢ do innego komputera i.przegrac dane.

Na dysku twardym istnieje tylko jeden gléwny rekord fadujacy, ktéry jest zawsze umiesz-
czony na poczatku dysku. Ten rekord to MBR (ang. Master Boot Record). Zawarte sa w nim
informacje o ilosci, rodzaju i wielkosci partycji. Zdarza si¢, ze MBR zostanie wymazany.
Na dysku twardym nie wida¢ wtedy zadnych partycji, a co za tym idzie — zadnych danych.
Mozna podjaé prébe odzyskania wpisu w tablicy MBR za pomocg specjalnego oprogramo-
wania diagnostycznego lub w systemie DOS poleceniem fixmbr.

Innym problemem moze by¢ usuniecie aktywnosci partycji. Zazwyczaj pierwsza party-
cja dysku twardego jest ustawiana jako aktywna, aby system mdégl z niej startowad. Aktyw-
nos¢ partycji mozemy przywréci¢ dowolnym programem do operacji na partycjach, takim
jak Ranish Partition Manager.

Urzadzenia do przechowywania danych s3 wyposazone w systemy plikéw, ktére organizu-
ja je w logiczng strukture wolumenéw oraz katalogéw. Elementy te tworzg model umozli-
wiajacy dotarcie do danych. Systemy operacyjne pozwalaja wybrad jeden z obstugiwanych
przez nie systemdéw plikéw.

Najpopularniejsze systemy plikéw spotykane na nosnikach do przechowywania danych:

system Windows — FAT 16, FAT 32, NTFS,

system Linux — EXT?2.

To najmniejsza jednostka alokacji danych, w ktérej moze by¢ zapisany nie wiecej niz jeden
plik. Wielkosc¢ klastra zalezy m.in. od wielkosci partycji i systemu plikéw.

Dla systemu plikéw NTFS domyslna wielkos¢ klastra to 4 KB, dla systemu FAT 32 to
4-16 KB, a dla systemu FAT 16 — 1664 KB.

Do naprawy uszkodzonych danych w systemie DOS stuzg programy CHKDSK oraz SCAN-
DISK. S3 to programy do$¢ proste i niezbyt odpowiednie do naprawy plikéw z waznymi
danymi. Sprawdzaja sie jedynie w naprawach plikéw systemowych. Program SCANDISK,
wbudowany réwniez w system Windows, bez trudu naprawia bledy systeméw plikéw.

Niezbednym warunkiem utrzymania porzadku na dysku i unikania probleméw z uszko-
dzeniami plikéw jest regularna defragmentacja powierzchni dysku. Pozwala ona na po-
rzadkowanie plikéw i katalogéw oraz ukladanie danych na dysku w postaci ciaglej, bez
porozrzucania. Defragmentacja umozliwia tez szybszy dostep do danych.

W wiekszoéci przypadkéw dane usuwane z komputera laduja w Koszu, z ktérego w kazdej
chwili mozemy je odzyska¢. Problem powstaje wtedy, gdy dane usuwamy z przytrzyma-
niem klawisza Shift i zostajg one usuniete poza Kosz.

Po wykonaniu takiej operacji dane usuniete z dysku mogg by¢ trudne do odzyskania. Za-
lezy to przede wszystkim od sposobu wykonania formatu — od tego, czy przeprowadzono
format szybki, czy dokladny. Format szybki nie zamazuje plikéw, a jedynie je maskuje,
natomiast format doktadny usuwa pliki.

Na rynku istnieje wiele programéw do odzyskiwania danych. Wszystkie produkty profesjo-
nalne s3 jednak dostepne tylko w wersjach testowych, pozwalajacych odzyska¢ niewielky
cze$¢ danych.

Programy umozliwiaja odzyskanie danych: usunietych, zamazanych, po formacie —
z dyskéw twardych, pamieci USB, kart pamieci oraz ptyt CD i DVD.

Oto przyklady programéw do odzyskiwania danych:
Advanced Disk Recovery,

» Easy Recovery,

. Digital Image Recovery.

Jakie znasz noéniki do przechowywania danych?

Co moze by¢ powodem utraty danych?

Co to jest klaster i jakie moze przyjmowac wielkosci?
Jakie s3 znane systemy plikéw?




- Po naprawie — wskazania
dla uzytkownika
komputera

Zasady do przestrzegania po naprawie komputera
Zasady do przestrzegania po naprawie urzadzef peryferyjnych

Po naprawie komputera nalezy przedstawi¢ uzytkownikowi powdd uszkodzenia oraz

wskaza¢, jak nalezy postepowa¢, aby unikna¢ ponownych uszkodzer.

czysci¢ regularnie wnetrze jednostki centralnej z kurzu (za pomoca sprezonego powie-
trza, sprezarki lub odkurzacza);

. sprawdza¢ temperature pracy podzespotéw komputera (za pomocg programow diagno-
stycznych);
smarowac regularnie fozyska wentylatoréw chtodzenia komputerowego;

. nie montowa¢ podzespotéw niewiadomego pochodzenia (przypadkowo otrzymanych);
nie montowa¢ podzespotéw w portach, gniazdach, jesli wymaga to uzycia sity (mozliwe,
ze nie pasuja do danego komputera);
nie stawia¢ komputera blisko Zrédel ciepta;
uwaza¢ na zmiany temperatury — zwlaszcza zimg nie podlacza¢ urzadzen zimnych
i zmarznietych (musza uzyskac temperature pokojowa);
odtaczaé komputer od zrédla zasilania podczas burzy;
stosowa¢ zasilacze ups przy czestych zanikach zasilania;
nie je$¢ i nie pi¢ przy komputerze (mozliwo$¢ zalania sprzetu).

czyéci¢ urzadzenia peryferyjne z kurzu i brudy;

podiaczac urzadzenia pod interfejs PS/2 przy wylaczonym komputerze;

nie przygniata¢ przewodéw urzadzen peryferyjnych;

nie stosowac zasilaczy od innych urzadzen (mozliwo$¢ uszkodzenia sprzetu);
odlgcza¢ w trakcie burzy przewody od kart sieciowych i modeméw;

nie wciskaé na site przewodu do gniazd interfejséw;

nie podigczaé glognikéw innych niz komputerowe;

czyscic urzadzenia jedynie $rodkami do tego przeznaczonymi.

Drukarki, skanery i urzadzenia wielofunkcyjne:

wymienia¢ na biezaco materiaty eksploatacyjne w drukarkach atramentowych, aby nie
dopusci¢ do zaschniecia glowicy;

stosowa¢ materiaty eksploatacyjne znanych producentéw;

stosowac papier polecany do danego urzadzenia;

nie wktadac kartek ze zszywkami i spinaczami do podajnikéw automatycznych skaneréw;
nie wklada¢ zbyt wielu kartek do podajnikéw;
czyécic rolki podawania papieru.

Jakich zasad nalezy przestrzegaé po naprawie komputera?
Jakich zasad nalezy przestrzegaé po naprawie urzgdzen peryferyjnych?
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Kosztorys naprawy
komputera
‘stacjonarnego

= Elementy kosztorysu
Catkowity koszt naprawy

Jesli podejmujemy sie naprawy komputera, bedziemy musieli oceni¢ jej koszt. Przy nie-
ktérych usterkach mozemy go poda¢ z géry. Jednak w wielu sytuacjach nie bedziemy
w stanie przewidzie¢ wszystkich probleméw.

Koszt naprawy musi uwzgledniac roboczogodziny przeznaczone na:
« diagnoze problemu;
« wymiane uszkodzonych elementéw;
. sprawdzenie, czy problem nadal nie wystepuje;

testowanie komputera.

Catkowity koszt naprawy to:
» koszt wymienionych podzespoléw;
koszt zaméwienia czedci do wymiany;
roboczogodziny po§wiecone na naprawe;
» koszt instalacji oprogramowania.

Komputer przyniesiony do naprawy zostal uszkodzony podczas burzy (prawdopo-
dobnie od uderzenia pioruna). Oto kolejno wykonywane czynnosci:
po wstepnej diagnozie okazuje si¢, ze komputer nie wlacza sie wcale;
odfaczamy wszystkie zbedne elementy oraz przewody;
wlaczamy ponownie komputer, lecz nie ma zadnej reakeji;
» podiagczamy tester do zasilacza i okazuje sie, Ze zasilacz jest uszkodzony;
= wymieniamy uszkodzony zasilacz ( );
po wymianie zasilacza komputer nadal nie reaguje;
po wyjeciu karty graficznej i pamieci (ktére moga powodowad zwarcie) komputer
nadal sie nie wiacza;
wyjmujemy . procesor (w ten sposéb eliminujemy ostatni problematyczny
element);
komputer nadal sie nie uruchamia;
uszkodzona jest plyta gléwna ( 1);
zamawiamy 1 wymieniamy uszkodzong plyte gtéwna ( );

po wymianie ptyty gtéwnej komputer sie uruchamia;
testujemy komputer pod obcigzeniem procesora i karty graficznej, np. progra-
mem 3D Mark ( ); w trakcie testéw okazuje sig, ze komputer si¢ zawie-
sza i restartuje;

» dostepnym oprogramowaniem testujemy pamiec operacyjng i dysk twardy;
test dysku twardego wykazuje bledy na dysku (te 2);
zamawiamy i wymieniamy uszkodzony dysk twardy ( );
po wymianie dysku jest wymagana ponowna instalacja systemu operacyjnego
( ramowania);
testujemy komputer pod obcigzeniem procesora i karty graficznej, np. progra-
mem 3D Mark (tes );
po wykonanych testach i wymianie uszkodzonych elementéw komputer jest
sprawny.

Koszt naprawy komputera:
diagnoza uszkodzenia: zasilacza, ptyty gtéwnej oraz dysku twardego (cena okoto
30 zt — roboczogodzina);
zasilacz komputerowy (cena okoto 100 zb);
plyta gléwna (cena okoto 250 zi);
dysk twardy (cena okoto 250 zt);
testowanie komputera (cena okolo 30 zt — roboczogodzina);
instalacja oprogramowania (cena okolo 60 zt — 2 roboczogodziny).

Catkowity koszt naprawy komputera wynosi 720 zt.

Przeanalizuj przyktady 102.1-102.7 z dziatu Uszkodzenia sprzgtowe komputera i wykonaj
do nich samodzielnie kosztorys naprawy.
Poréwnaj swoje rezultaty z wynikami pozostatych uczniéw.
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» Wykonanie kosztorysu naprawy laptopa !

Naprawa notebooka jest podobna do naprawy komputera PC. Jednak nie wszystkie napra-
wy jeste$my w stanie wykona¢ sami.
Koszt naprawy musi uwzgledniac:
» diagnoze uszkodzenia;
» koszt wymienianych czesci;
+ koszt zaméwienia czesci;
¢ koszt reballingu;
* samg naprawe (roboczogodziny);
» sprawdzenie, czy problem nie wystepuje nadal;
» testowanie laptopa. E

DRIYKLAD 1101
FPFRELTRALALD 1IUV.0. |

Przyniesiony laptop nie reaguje na przycisk wlgczania (brak jakiejkolwiek reakcji).

» sprawdzenie miernikiem zasilacza do laptopa;
zasilacz wskazuje zbyt male napiecie ( 10Za);
» wymiana zasilacza ( );
» sprawdzenie laptopa z nowym zasilaczem; !
» laptop uruchamia sie z ciemnym ekranem; l
» podlaczenie do zewnetrznego monitora — brak reakcji;
= sprawdzenie/zamiana pamieci RAM — uszkodzona pamiec ( );
* wymiana pamigci RAM (wyn )
» sprawdzenie laptopa — wszystko d21a}a
testowanie sprzetu programami do obcigzenia procesora i pamiieci ( ).
Koszt naprawy laptopa: l
* wymiana zasilacza (cena okoto 120 zl);
* wymiana pamieci (cena okoto 100 z});
» diagnoza uszkodzenia (cena okolo 30 zt — roboczogodzina);
« testowanie (cena okolo 30 zt — roboczogodzina).
Catkowity koszt naprawy wynosi 280 zt.

Kolejno wykonywane czynnosci: [

E Pyta gtéwna nr 1 (Intel, gniazdo Socket 478)

Przeanalizuj przyklady 103.1-103.9 z dziatu Uszkodzenia sprzgtowe laptopa i wykonaj do
nich samodzielnie kosztorys naprawy.
Poréwnaj swoje rezultaty z wynikami pozostatych uczniéw.
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l Plyta gtéwna nr 3 (AMD, gniazdo Socket 754)
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Ptyta gtéwna nr 4 (AMD, gniazdo Socket 939)
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Ptyta gtéwna nr 5 (AMD, gniazdo AM2)
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Windows 7 Read

Ptyta gtéwna nr 9 (Intel, gniazdo LGA 1151)
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DODATEK B. PROCESORY Procesor Intel Pentium 4 seria 600
|
Procesory Intel T
‘ Pentlum 4630 3,0 GHz 64 bit Socket LGA 775 i

Procesor Intel Celeron 4 (Socket 478)

Pentlum 4 640 3,2 GHz 64 bit 200 2 Socket LGA 775 l
3 e Cue 213
? i | Pentium 4 650 3,4 GHz 64 bit 200 Socket LGA 775

2 i
Celeron 1700 MHz 100 | FC-PGA2 128 ¢ — 1
[ ’ Pentium 4 660 3,6 GHz 64 bit 200 2 Socket LGA 775 J
| Celeron 1800 MHz 100 FC-PGA2 128 ! g
Pentium 4 670 3,8 GHz 64 bit 200 [ 2 | Socket LGA 775
Celeron 2000 MHz 100 FC-PGA2 128 | ! —L L
Celeron 2100 MHz 100 FC-PGA2 128

I | Podstawowe parametry procesora Intel Pentium 4 seria 600:
]- Celeron 2200 MHz 100 FC-PGA2 128 1 ! o gniazdo: Socket LGA 775;

Celeron 2300 MHz 100 FC-PGA2 128 . czestotliwoé¢: 3,0-3,8 GHz; .
1 1 | e FSB 200 MHz (800 MHz efektywnie);
| | Celeron 2400 MHz 100 5 FC-PGA2 128 1 o pamiec cache: L1 -16 kB, L2—-2 MB, pracuje z czestotliwoscia CPU;
Celeron 2500 MHz 100 FC-PGA2 128 1 | e technologie: Hyper Threading, Quad pumping.
Celeron 2600 MHz 100 FC-PGA2 128
' ’ Procesor Intel Celeron D (Socket 478 /LGA 775)
i Celeron 2700 MHz 100 FC-PGA2 128
| [Clron 0010 m rcrane s | m Cace L2
| Celeron D 315 2,26 GHz FC-PGA2
Podstawowe parametry procesora Intel Celeron 4 (Socket 478): ‘ ' 1
| e gniazdo: Spocket 4%? ( ) | Celeron D 320 2,4 GHz 133 FC-PGA2 256
1 | e Czestotliwosé: 1700-2800 MHz; | Celeron D 325 2,53 GHz 133 FC-PGA2 256
o FSB 100 MHz (400 MHz efektywnie); ! | s o -
l e pamie¢ cache: L2 — 128 kB, pracuje z czestotliwoécig CPU; Celeron D 330 2,66 GHz { _ ;
| e technologia: Quad pumping. Celeron D 335 2,8 GHz 133 FC-PGA2 256
Celeron D 340 2,93 GHz 133 FC-PGA2 256

| | Procesor Intel Pentium 4 seria 500

= i Celeron D 345 3,06 GHz 133 FC-PGA2 256 !

H
| . ,
1 | JLPentium43202.8 GHz = ! §OCket A Podstawowe parametry procesora Intel Celeron D (Socket 478/LGA 775):

Pentium 4 530 3,0 GHz 200 1 Socket LGA 775 e gniazdo: Socket 478, LGA 775;

S

' i tliwosé: 2,26-3,06 GHz;
| Pentium 4 540 3,2 GH 200 1 e czesto 02,263, 2
i AL - Socket LGAT7S |« FSB 133 MHz (533 efektywnie);
| | Pentium 4 550 3,4 GHz 200 1 Socket LGA 775 - o pamig¢ cache: L1 -16 kB, L2 - 256 kB, pracuje z czestotli-
Pentium 4 560 3,6 GHz 200 1 | Socket LGA 775 3 | woscig CPU; .
| ‘ 1 e technologia: Quad pumping.
8 P g

 Pentium 4 570 3,8 GHz 200 1 Socket LGA 775 i

Podstawowe parametry procesora Intel Pentium 4 seria 500:
e gniazdo: Socket LGA 775;

e czestotliwosé: 2,8-3,8 GHz; %
FSB 200 MHz (800 MHz efektywnie);
pamiec cache: L1 —16 kB, L2 — 1 MB, pracuje z czestotliwodcig CPU; ‘ I
technologie: Hyper Threading, Quad pumping. i %

03 -




392

DODATEK B. PROCESORY

Procesor Intel Pentium D seria 800

' Pentium D 805 2,66GHz 64 bit LGA 775
Pentium D 820 2,8 GHz 64 bit 200 7 2x1 LGA 775
Pentium D 830 3,0 GHz 64 bit 200 2x 'IW LGA 775
Pentium D 840 3,2 GHz 64 bit 200 2 ;(1 ) LGA 775

Podstawowe parametry procesora Intel Pentium D seria 800:

gniazdo: Socket LGA 775;

czestotliwosé: 2,66-3,2 GHz;

FSB 200 MHz (800 MHz efektywnie);

pamied cache: L1 -16 kB, L2 = 2 x 1 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
technologia: Quad pumping.

Procesor Intel Pentium D seria 900

Pentium D 915 2,8 GHz 64 bit 2x2MB LGA 775
Pentium D 925 3,0 GHz 64 bit 200 2x2 MB LGA 775
Pentium D 935 3,2 GHz 64 bit 200 2x2MB LGA 775
Pentium D 945 3,4 GHz 64 bit 200 2x2MB LGA 775

Podstawowe parametry procesora Intel Pentium D seria 900:

e gniazdo: Socket LGA 775;

czestotliwoéé: 2,8-3,4 GHz;

FSB 200 MHz (800 MHz efektywnie);

pamiec cache: L1 - 16 kB, L2 — 2 x 2 MB, pracuje z czgstotliwoscia CPU;
technologia: Quad pumping.

Procesor Intel Pentium Dual Core

i o

[ Pentium E2140 1,8 GHz 64 bit LGA 775
Pentium E2160 1,8 GHz 64 bit 200 1 LGA 775
Pentium E2180 2,0 GHz 64 bit 200 1 LGA 775
Pentium E2200 2,2 GHz 64 bit 200 1 LGA 775
Pentium E2220 2,4 GHz 64 bit 200 1 LGA 775
Pentium E5200 2,5 GHz 64 bit 200 2 LGA 775
Pentium E5300 2,6 GHz 64 bit 200 2 LGA 775 }

i
1

Podstawowe parametry procesora Intel Pentium Dual Core:

e gniazdo: Socket LGA 775;
czestotliwosé: 1,8-2,6 GHz;
FSB 200 MHz (800 MHz efektywnie);

tliwoscig CPU;
o technologia: Quad pumping.

Procesor Intel Core 2 Duo

Core 2 Duo E43001,8 GHz 64 bit
Core 2 Duo E4400 2,0 GHz 64 blt
Core 2 Duo E4500 2,2 GHz 64 bit
Core 2 Duo E4600 2,4 GHz 64 bit
Core 2 Duo E4700 2,6 GHz 64 bit
Core 2 Duo E6300 1,86 GHz 64 bit

l

Core 2 Duo E6400 2,13 GHz 64 bit

Core 2 Duo E6600 2,4 GHz 64 bit

Core 2 Duo E6700 2,66 GHz 64 bit T
Core 2 Duo E7200 2,53 GHz ;1 bit
Core 2 Duo E7300 2,66 GHz 64 bit
Core 2 Duo E7400 2,8 GHz 64 bit
Core 2 Duo E8200 2,66 GHz 64 bit
Core 2 Duo E8300 2,83 GHz 64 bit
Core 2 Duo E8400 3,0 GHz 64 bit
Core 2 Duo E8500 3 16 GHZ 64 bit T

Core 2 Duo E8600 3,33 GHz 64 bit |

—— SR S —

pamiel cache: L1 - 2 x16 kB, L2 — 1,2 MB, pracuje z czesto-

ey ._r.‘ ——

200
200
200
200

266

266
266
266
266
266

266

333
333
.333“
333

333

e e

LGA 775
LGA 775
LGA 775
LGA 775
LGA 775
LGA 775
LGA ;;;
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LGA 775
LGA 775
LGA 775
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LGA 775
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Podstawowe parametry procesora Intel Core 2 Duo:

e gniazdo: Socket LGA 775;
e czestotliwogé: 1,8-3,33 GHz;

e FSB 200, 266, 333 MHz (800, 1066, 1333 MHZ efektywnie);

e pamiec cache: L1 — 2 x 16 kB, 12 — 2, 3,
z czestotliwoscig CPU;
technologia: Quad pumping.

[ ]

4, 6 MB, pracuje

S50




EL/B DODATEK B. PROCESORY s l

Procesor Intel Core 2 Quad Procesor Intel Core i3 (druga generac]a)
[GHz] wqtkow [M B]
Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz LGA 775
Core i3-2100T LGAN55
2 266 8 LGA 775 * — - [ 7]
o 2 Qe ) B i Core i3-2100 5 3] 2/4 3 LGAT155
Core 2 Quad Q8200 2,33 GHz 333 4 | Lea7s Core 32102 s 3 244 3 LGATISS
Core 2 Quad Q9300 2,5 GHz 333 6 LGA 775 Core i3-2105 5 31 2/4 3 LGA1155
] ! i
Core 2 Quad Q9400 2,66 GHz 333 | 6 LGA 775 . ' Core i3-2120T i 5 33 2/4 3 LGAT155
+ i . -
Core 2 Quad Q9450 2,66 GHz 333 12 LGA 775 W Core i3-2120 3 2,6 2/4 3 LGATNSS
Core i3-2125 5 33 2/4 3 LGA1155
Core 2 Quad Q9550 2,83 GHz 333 12 LGA775 orel /
T Core i3-2130 5 34 2/4 3 LGA1155
Core 2 Quad Q9650 3,0 GHz 333 12 LGA 775 — —— — e
L {
| Podstawowe parametry procesora Intel Core i3 (drugiej generacji):
Podstawowe parametry procesora Intel Core 2 Quad: e gniazdo: So,c,ket LGALLS5;
e gniazdo: Socket LGA 775; czestotliwos¢: 2,5-3,4 GHz;

czestotliwosé: 2,4-3,0 GHz; DMI — czestotliwosé magistrali 5 GTYs;
pamiec cache: L1-2 x 16 kB, L2 — 2 x 256 kB, L3 — 3 MB, pracuje z czestotliwoscia CPU;

FSB 266, 333 MHz (1066, 1333 MHz efektywnie); ¢ : i .
pamiec cache: L1 - 2 x 16 kB, L2 — 4, 6, 8, 12 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU; technologie: Direct Media Interface (DMI), Smart Cache, Hyper Thearding, GPU
Intel® HD Graphics 2000.

technologia: Quad pumping. ! |
| Procesor Intel Core i3 (trzecia generacja)

Procesor Intel Core i3- (pierwsza generacja)
3 ) Procesor DMI [GTs] Taktowanie | Liczba rdzeni | Cache L3 Griazdo
Procesor DMI [GT/s] Taktowanie Liczba rd’zem / Cache L3 Ghiazdo [GHz] watkoéw [MB]
[GHZ] watkow [MB]
Core i3-3210 3,20 2/4 LGAT155
i3-530 2/4 LGATI56 - S -
| core / | Core i3-3220 5 3,30 2/4 3 LGAT155
R ¢
SR 4P HUs 24 4 LGATISE Core i3-3220T 5 2,80 2/4 3 LGATISS
Core i3-550 2,5 i 3,20 2/4 4 LGAT156 Core i3-3225 5 3,30 2/4 3 LGAT155
| Core i3-560 2,5 3,33 2/4 4 LGATI56 Core i3-3240 5 3,40 2/4 3 LGAT155
Core i3-3240T 5 2,90 2/4 3 LGA1155 l
Podst'awowe parametry procesora Intel Core i3 (pierwszej generacji): i Core i3-3245 5 3,40 2/4 3 LGATI55 j
o gniazdo: Socket LGA1156; | ) |
. CZE;StOﬂiWOéCll 2,93-3,33 GHz; | Core i3-3250 5 3,50 | 2/4 3 LGA1155 g
o DMI - czestotliwo$é magistrali 2,5 GT/s; ' Core i3-3250T 5 3,0 ] 2/4 3 LGA1155

pamiec cache: L1-2 x 16 kB, L2 — 2 x 256 kB, L3 — 4 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU; = = 2 ==
technologie: Direct Media Interface (DMI), Smart Cache, Hyper Thearding, GPU Intel®
HD Graphics.

Podstawowe parametry procesora Intel Core i3 {trzeciej generacji): ‘
e gniazdo: Socket LGA1155;

czestotliwosé: 2,8-3,5 GHz;

DMI - czestotliwo$¢ magistrali 5 GT/s; |
pamiec cache: L1 -2 x 16 kB, L2 — 2 x 256 kB, L3 — 3 MB, pracuije z czestotliwoscia CPU; |
technologie: Direct Media Interface (DMI), Smart Cache, Hyper Thearding, GPU In-
tel® HD Graphics 2500 i 4000.
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Procesor Intel Core i3 (czwarta generacja)

oeia0 | 5 | 3 | o | 4 | tea
Core i3-4330T | 5 | 3,0 2/4 4 LGAT150

' Core 3:4340 | s | 360 | ﬁ 2/4 ] 4 | LGAIIS0

i Core i3-4350 5 I 3,60 T 5/4 i B 4 RN LGAHSO |

Coemasor | s | a0 | a4 s |
Core i3-4360 . W“SR e ‘3,70M = 2/4 MTW 4 ‘ LGA1150 |

' Core 343607 5 a0 | o T 4| LeAso |

I Core i3-4370 3 I 3,80 2/4 1 4 LGAHSO

] Core i3-4370T —“5 T 3,30 ’—*"-*2;; R 4 | LGAT150 1'

Y T e I BT

' Core i3-4170 s g 370 Rl 2/4 Y ““—I_GA;EO

_Core i3-4160T I 5 T 3,0 N '—-““'2'/4 3 T LGAN50
Core i3-4160 —5 3,60 | 27/; i 3 Rl LGAT150
Core i3-4150T | _5” | 43~0 imn 2/4 1 ; § “LGAHSO

FC;I;‘enl‘3—4150 5 ;,56 T 2_/4— 3 B [GAH 50
! Core |E§-4'I30T 5 . 2;0 “ 2/4 - 3 LGA'I'ISO
>Core.i3ﬂ-;ﬂ3(b) _1” . 5 | 3,40 o ; 2/4 3 o __:GwAﬂso

Podstawowe parametry procesora Intel Core i3 (czwartej generacji):

e gniazdo: Socket LGA1150;

czestotliwosc: 2,9-3,7 GHz;

DMI - czestotliwo$¢ magistrali 5 GTJs;

pamiec cache: L1-2 x 16 kB, L2 — 2 x 256 kB, L3 — 3, 4 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
technologie: Direct Media Interface (DMI), Smart Cache, Hyper Thearding, GPU
Intel® HD Graphics 4400 i 4600.

Procesor Intel Core i3 (szésta generacja)

Taktowanie Liczba rdzeni Cache L3
Procesor DMI [GT/s] [GHZ] watkéw / [MB] m

Core i3-6300 8 ’ 3,80 f 2/4 ' 4 l LGAT151 !
Core i3-6300T 8 . 3,30 IL 2/4 T 4 7 LGAT151 E
oo |5 | | x| 4| s 4
(oemoo | s [ a0 | o | 3 [ ownw

B. PROCESORY

Core i3-6100T 3,20 % 3 L LGANST |
- { T e
LGATST 7

l

;
E  —_— — —
[ Core i3-6098P 8 3,60 2/4 3
Podstawowe parametry procesora Intel Core i3 (széstej generacji):

e gniazdo: Socket LGA1151;

czestotliwo$é: 3,2-3,9 GHz;

DMI — czestotliwoé¢ magistrali 8 GTJs;

pamie¢ cache: L1-2 x 16 kB, L2~ 2 x 256 kB, L3 — 3, 4 MB, pracuje z czgstotliwoscig CPU;
technologie: Direct Media Interface (DMI), Smart Cache, Hyper Thearding, GPU
Intel® HD Graphics 510, 530.

Procesor Intel Core i3 (si6dma generacja)

!

Core i3-7101E 8 3,90 LGATIST |
| Core i37101TE 3 340 2/4 3 1 LGAT151
' Core i3-7100T 8 [ 3,40 j{ s | 3 | LGANST
Core37100 | s 300 2/4 [ 3 LGATI51
| Core i37350K | 8 I a0 2/4 | 4 LGATI51
' Core 37320 8 40 2 4 LGAT151
Core i3-7300 8 1 0 o n LGAT151
Core i3-7300T 8 350 2/4 4 LGAT151

Podstawowe parametry procesora Intel Core i3 (siédmej generacji):

e gniazdo: Socket LGA1151;

czestotliwo$é: 3,4—4,2 GHz;

DMI — czestotliwo§é magistrali 5 GT/s;

pamiec cache: L1-2 x 16 kB, L2 -2 x 256 kB, L3 - 3, 4 MB, pracuje z czgstotliwoscig CPU;
technologie: Direct Media Interface (DMI), Smart Cache, Hyper Thearding, GPU
Intel® HD Graphics 630.

Procesor Intel Core i5 (pierwsza generacja)

2/4 [ i

Core i5-650 4 LGAN56 |
Core i5-665K 2,5 3,20 2/4 4 | LGAT1156
Core i5-660 ! 2,5 3,33 | 2/4 4 ‘ LGAH;S
Core i5-661 2,5 3,33 2/4 4 LGAT1156

397
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?
i
|

|
2,5

Taktowanie | Liczba rdzeni |
[GHz] watkow
3,46 l 2/4

| Core i5-670

Core i5-680 2,5 3,60
; C‘ore i5-75(; 2,5 hz,ss
L S

Core i5-750S 2,5 2,40

Core i5-760 2,5 2,80

2/4

4/4

4/4

4/4

Cache L3

[MB]

8
8

Podstawowe parametry procesora Intel Core i5 (pierwszej generacji):

e gniazdo: Socket LGA1156;
czestotliwosc: 2,40-3,60 GHz;

[ ]
® DMI - czestotliwos¢ magistrali 2,5 GTJs;
L]

pamiec cache: 11— 4 x 16 kB, L2 — 4'x 256 kB, L3 — 4, 8 MB,

CPU;

e technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache,
Hyper Thearding, GPU Intel® HD Graphics.

Procesor Intel Core i5 (druga generacja)

Taktowanie | Liczba rdzeni | Cache L3
Procesor DMI [GT,
- [GHz] [ME]
5 2,8 4/4 6

Core i5-2300
Core i5-2310 5 2,9
f Core i5-2320 5 3,0
| Core i5-2380P 5 31
f Core i5-2390T 5 2,7
Core i5-2400 5 3,1
;r Core i5-2400S 5 2,5 f
Core i5-2405S 5 2,5
Core i5-2450P 5 3,2
Core i5-2500 5 3,3
Core i5-2500K 5 33
Core i5-2500S 5 2,7‘
Core i5-2500T 5 23 ?
Core i5-2550K 5 34 i

4/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
474
474
4/4
4/4
4/4
4/4

4/4

6

6

1

I —

-

LGAT156

LGA56

LGAT1156

LGA1156

LGA156

pracuje z czestotliwo$cia

LGAT155
LGAT155
LGA1155
LcAtss
LGAT155
LGAT155
LGAT155
LGAI1155
LGAT155
LGA1155
LGAT155
LGA1155
LGAT155

LGANS55

Podstawowe parametry procesora Intel Core i5 (drugiej generacji):

e gniazdo: Socket LGA1155;

czestotliwosé: 2,5-3,4 GHz;

DMI - czestotliwos¢ magistrali 5 GT/s;

pamie¢ cache: L1 -4 x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 6 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache,
GPU Intel® HD Graphics 2000.

Procesor Intel Core i5 (trzecia generacja)

Core i5-3550 5 330 4/4 6 LGAT155 j
Core i5-3550S 5 3,0 4/4 LGA1155
Core i5-3570 E 5 3,40 4/4 | LcATIss
. !
Core i5-3570K 5 3,40 4/4 LGA1155
Core i5-3570S 5 3,10 4/4 I LGATISS
Core i5-3570T 5 2,30 4/4 LGATI55 |
| Core i5-3450 5 3,10 i 4/4 LGAT155 j
Core i5-3450S 5 2,80 4/4 LGAT155
Core i5-3470 i! 5 3,20 4/4 I LGAT155
Core i5-3470S 5 2,90 4/4 LGAT155
Core i5-3470T 5 290 | 2/4 LGAT155
Core i5-34755 5 2,90 4/4 LGAT155
Core i5-3330 5 3,0 ! 4/4 LGATISS
Core i5-3330S 5 2,70 4/4 LGAT155
 Corei5-3340 5 3,10 474 LGATISS |
Core i5-3340S 5 2,80 4/4 LGAT155
Core i5-3350P 5 3,10 4/4 l LGAT155

Podstawowe parametry procesora Intel Core i5 (trzeciej generacji):
e gniazdo: Socket LGA1155;

czestotliwosé: 2,3-3,4 GHz;

DMI — czestotliwos¢ magistrali 5 GT/s;

pamigc cache: L1 -4 x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 6 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache,
GPU Intel® HD Graphics 2500.

e & & @

| - _— LR




400 DODATEK B. PROCESORY “

|
| | Procesor Intel Core i5 (czwarta generacja) Podstawowe parametry procesora Intel Core i5 (piatej generacji):
iazdo: Socket LGA1150; !
Taktowani Li I ¢ gruazdo: ’ i
' o DMI- czqstothwosc maglstrah 5 GT/s; ‘
| Core i5-4670 i 3,40 | LGA1150 o pamiec cache: 11— 4x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 4 MB, pracuje z czstotliwoscig CPU; N
Core i5-4670K 5 3,40 4/4 E 6 LGAI50 o technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache,
i , GPU Intel® HD Graphics 6200.
Core i5-4670S 5 30 4/4 6 LGAT150 J z
| Core i5-4670T 5 2,30 4/4 6 LGAT150 Procesor Intel Core i5 (sz6sta generacja)
t —— ! i
| i i | !
’ Core i5-4690 | 5 3,50 I 4/4 [ 6 | LGATI50 i Procesor DMI [GT}s] Taktowanie | Liczba rdzeni | Cache L3 Griazdo i
(i : - i | [GHz] watkéw [MB]
Core i5-4690K 5 3,50 4/4 6 LGA1150
] : 1 ! Core i5-6600 LGAT151
Lo Core i5-4690S 5 3,20 ! 4/4 6 l LGAT150 ‘ |
| Core i5-4690T c 2,50 44 6 — | Core i5-6600K 8 B 3,_50 4/4 6 LGAT151
. T i5- !
| i Corei5-4570 5 x 3,20 i 474 6 1 LCATT50 i | Core i5-6600T 8 2,70 4/4 6 ! LGAT151
! Core i5-4570S 5 2.90 4/4 6 LGATI50 Core i5-6500 8 3,20 | 4/4 6 LGAN51
Core i5-4570T 5 2.90 o 4 [ LGATIS0 | | | Core i5-6500T 8 250 444 6 | LGATISI
Core i5-4590 5 3,30 4/4 6 T | Corei5-6402P 8 2,80 4/4 6 LGAT15]
=1 - — L — -
? Core 5-4590S 5 3,0 | 4/4 6 L LGATIS0 { Core {5-6400 8 270 | 474 6 LGATI51
Core i5-4590T 5 2,0 4/4 6 LGAT150 | Core i5-6400T 8 2,20 4/4 6 LGAT151
Core i5-4460T T; 5 1,90 4/4 6 ;~ LGAT150 { « 1
Core i5-44605S 5~ 290 4/4 6 LGATI50 | Podstawowe parametry procesora Intel Core i5 (széstej generacji): |
1 . - i e gniazdo: Socket LGA1151;
|| | Coreis-4460 5 3,20 as | 6 | LGATI50 o czestotliwosé: 2,5-3,5 GHz; |
! Core i5-4440S 5 2,80 4/4 6 LCAT150 I e DMI — czestotliwos$¢ magistrali 8 GT/s;
. ; - - o pamiec cache: L1 -4 x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 6 MB, pracuje z czestotliwoécig CPU;
| Core i5-4440 3 310 4/4 6 ’ LGAT150 « technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache,
Core i5-4430S 5 2,70 4/4 6 LGATI50 GPU Intel® HD Graphics 510, 530.
| - - -
Core (54440 c 30 4/4 6 LGAT150 Procesor Intel Core i5 (siédma generacja) i
1:°g:;[;vz"zzvespaiaftllfgiﬁr;gesora Intel Core i5 (czwartej generacji): Procesor DMI [GT/s] Ta';:;‘-'l’:]"'e L'Cz‘l"l:tz(‘iz‘:“'/ Ca[C";‘;]B
: Socke ;
o czestotliwosc¢: 1‘,9—3,5 GH;; Core i5-7400T | 3,00 | LGAT1151
i o DMI - czestotliwo$¢ magistrali 5 GT/s; + -
e pamiec cache: L1 -4 x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 6 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU; GeralsAlly . Y St 2 LAl 2
e technologie: Direct Mec'ha Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache, Core i5-7500 8 3,80 4/4 6 LGAT151 Z
GPU Intel® HD Graphics 4600, 5200. | ' |
. . . ! Core i5-7500T 8 3,30 4/4 6 LGAT151
| Procesor Intel Core i5 {piata generacja)
Core i5-7600T | 8 3,70 4/4 6 LGAT151 |
Procesor DMI [GT/s] Taktowanie | Liczba rdzeni [ Cache L3 \ , !
i [GHZ] watkow [MB] Gniazdo i | Core i57600K 8 4,20 44 6 Lcanst |
; i »
| Coreissezsc | s 3,10 4/4 4 | LGATI50 ' Coreis7600 | 8 40 4 6 | LGAlIS] |
I = ) T = I S .—-—‘«!»f“‘ bk.»._‘l.,.h.-......mm_....,..._,«.A_._..,.‘ SUR— S — .,n-—»—-mw——'-—-ﬂ-—-ﬁ"*—"""ﬂ’-”“
|
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Pods‘anowe parametry procesora Intel Core i5 (szdstej generacji):

e gniazdo: Socket LGA1151;

e czestotliwosé: 3,0-4,2 GHz; '

¢ DMI - czestotliwog¢ magistrali 8 GT/s;

° far}llne;cl ca‘che]:)I.dl ~4x16kB, L2 -4 x 256 kB, L3 -6 MB, pracuje z czgstotliwoscig CPU:

¢ technologie: Direct Media Interface DMI), Turbo Boost ,
GPU Intel® HD Graphics 630, ( ) 0%t Technology, Smart cache

Procesor Intel Core j7 (pierwsza generacja) seria 800

Procesor Liczba rdzeni / Cache L3 .
watkéw [MB] Gniazdo

Taktowanie

DMI [GTys] [GH2]

Core i7-860 j ) 1
} 2,5 2,80 4/8 8 ( LGAI1156
Core i7-860S 2,5 2,53 4/8 8 LGA1156
| Core i7-870
| 2,5 '
2,93 48 8 | LGATIS6 |
. ! ,'
Core i7-870S 2,5 2,66 4/8 8 LGAT156
i . T
I Core i7-875K | 2
.f. 5 2,93 4/8 8 LGAT156
Core i7-880 2,5 3,06 4/8 8 LGAI1156

Podstawowe parametry procesora Intel Core {7 (p; j ji
: i7 (pierwsz ii 800:
e gniazdo: Socket LGA1155; e " BEnerac) serii 800:
o czestotliwogé: 3,66-3,06 GHz;
e DM I ~ czestotliwo$¢ magistrali 5 GT/s;
® pamieccache: L1-4x16 kB, [2 -4 x 256 kB, L3 - 8 MB, pracuje z czestotliwoscia CPU:

® teChIlOlOgle. DlIeCt Medla Illtelface DI\’{I IuIbO 0ost IEChIlOlO s‘, SIIlaIt CaCIIe,
’ B

Procesor Intel Core j7 (pierwsza generacja) seria 900

Liczba rdzeni / Cache L3 0
watkow [MB] Gniazdo

Taktowanie

Procesor
[GHZ]

QPI [GT/s]

1
| Core i7.920 i 438 2,66 4/8 8 LGA1156
Core i7-930 438 2,80 4/8 8 LGA1156
Core i7-940 438 2,93 4/8 8 LGAN56 |
Core i7-950 48 3,06 4/8 8 LGA1156
Core i7-960 48 3,20 4/8 8 LGANS6 |
Core i7-970 48 3,20 6/12 12 LGAT156 j
Core i7-980 48 3,33 6/12 12 |

LGAT156

|

Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (pierwszej generacji) serii 900: }
® gniazdo: Socket LGA1155;

e czestotliwo$é: 2,66-3,33 GHz; ;
® DMI - czestotliwo$¢ magistrali 5 GT/s; f
* pamiec cache: L1 -4, 6 x 16 kB, L2 — 4, 6 x 256 kB, L3 ~ 8,12 MB, pracuje z czestotliwo-

$cia CPU; |
e technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cache,
Hyper Thearding.

Procesor Intel Core i7 (druga generacja)

Taktowanie | Liczba rdzeni
Procesor DMI [GT/s] [GHZ] watkow
| T
5 3,5 f 4/8 ’

Core i7-2700K | LGATI55
. " i I

Core i7-3820 5 3,6 4/8 10 LGAT155

6/12 12 LGAT155

Core i7-3930K | 5 ( 3,2
Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (drugiej generacji) serii 2700, 3800, 3900:
e gniazdo: Socket LGA1155;

e czestotliwosd¢: 3,2-3,5 GHz;
* DMI - czestotliwo$¢ magistrali 5 GTJs;
* pamiec cache: L1-4x16 kB, L2 ~ 4 x 256 kB, L3 - 8, 10, 12 MB, pracuje z czestotliwoscig

CPU;
e technologie: Direct Media Interface (DMI),Turbo Boost Technology, Smart Cache,

Hyper Thearding, GPU Intel® HD Graphics 3000.

Procesor Intel Core i7 (trzecia generacja)

Cache L3

Core i7-3770 5 34 48 8 fL LGATISS |
Core i7-3770K 5 3,5 4/8 8 LGAT155

! Core i7-3770S 5 3 4/8 8 E LGAT155
Core i7:3770T 5 2,5 48 8 LGAT155

Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (trzeciej generacji) serii 3700:

e gniazdo: Socket LGA1155;

czestotliwosc: 2,5-3,5 GHz;

DMI - czestotliwo§c¢ magistrali 5 GT/s;

pamiec cache: I1-4x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, 13 -8 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cashe,
Hyper Thearding, GPU Intel® HD Graphics 4000,

Cache L3 . ,’
g [
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! |
Procesor Intel Core i7 (czwarta generacja) i Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (sz6stej generacji): |
Taktowanie | Liczba rdzem Cache L3 e gniazdo: Socket LGA1151;
DMI [GT/s] [GHz] [MB] o czestotliwoséc: 2,8-4,0 GHz; |
» DMI — czestotliwo$¢ magistrali 8 GT/s;
' Core i7-4765T 3 LGATIS0 |« pamiec cache: L1-4x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 8 MB, pracuje z czestotliwoscia CPU;
Core i7-4770 5 3,4 4/8 8 LGAT150 o technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cashe,
1 ! ding, GPU Intel® HD Graphics 530, 580.
Core i7-4770K 5 3,5 g 4/8 8 ~ LGAT150 ‘ Hyper Thearding P
Core i7-4770S 5 3] ] 4/8 3 LGATI50 Procesor Intel Core i7 (siédma generacja)
? i i - | Taktowanie | Liczba rdzenl / Cache L3
s S ST T ; o PUIETEL | e I e
Core i7-4771 5 3,5 4/8 8 LGAT150
| Core i74785T 5 2,2 4;8 8 - LGANI50 Core 77720 : ——
| Corei { ) | P
P = T Core i7-7700K 8 42 4/8 8 LGATI51
Core i7-4790 5 3,6 4/8 8 LGAT150 [ —+ = o . T achaisi ]
I “ i7: 2,9 4 3
Core i7-4790K s L 40 43 8 LGA1150 | Corei77700T | 8 A | oAl
S 2 3.2 4/8 8 LGAT150 Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (siédmej generacji):
| Core i7-4790T 5 2,7 4/8 8 LGAT150 ° gniaqu:' Soc,ket LGA1151;
' ! ! ' e e o czestotliwosé: 2,9-4,2 GHz;
Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (czwartej seneracii) serii 3700: e DMI — czestotliwosc¢ magistrali 8 GTs;
e gniazdo: Sgcket LGerISO' ( e " I e pamiec cache: L1-4x 16 kB, 12 -4 x 256 kB, L3 — 8 MB, pracuje z czgstotliwoscig CPU;
e czgstotliwosé: 2,0-4,0 GHz; e technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cashe,
® DMI - czestotliwos¢ magistrali 5 GT/s; Hyper Thearding, GPU Intel® HD Graphics 630. 1
e pamigc cache: L1 -4 x 16 kB, L2 — 4 x 256 kB, L3 — 8 MB, pracuje z czestotliwoscia CPU:; AMD |
e technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cashe, Procesory |
Hyper Thearding, GPU Intel® HD Graphics 4600, 5200. Procesor AMD Athlon 64 (Socket 754)
. . . | 1800 '
Procesor DMI [GT/s] Taktowanie | Liczba rd,zem / Cache L3 Gniazdo ‘ L Athlon 64 2800+ | 512 kE_ |
[GHz] watkow [MB] e |
| ‘ | Athlon 64 3000+ 200 x10 512 kB 2000
| Core i7-5775C 5 33 g 4/8 6 | LGAT50 - = !
l ) i L Athlon 64 3200+ 200 xN 512 kB 2200 l
Podstawowe parametry procesora Intel Core i7 (piatej generacji): l Athlon 64 3400+ 200 x12 512 kB 2400

o gniazdo: Socket LGA1150; ; !
o czestotliwo$é: 3,3 GHz; | Athlon 64 3700+ 200 x12 | 1MB 2400 H
* DMI - czestotliwo$¢ magistrali 5 GT/s; E
e pamiec cache: L1 -4 x 16 kB, L2 - 4 x 256 kB, 1.3 — 6 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;

o technologie: Direct Media Interface (DMI), Turbo Boost Technology, Smart Cashe, Podstawowe parametry procesora AMD Athlon 64 (Socket 754):
Hyper Thearding, GPU Intel® HD Graphics 6200. » gniazdo: Socket 754;

P Intel Core i7 (szést i e czestotliwo$¢: 1800-2400 MHz;

rocesor Intel Core i7 (szésta generacja) o FSB 200 MHz (400 MHz efekt ie); |

Procesor DMIIGT/s Taktowanie | Liczba rdzeni | Cache L3 Gniazdo e oznaczenie: 2800+ — 3700+; ;
[CTf] [GHZ] watkéw [MB] ' e pamie¢ cache: L1 64 kB + 64 kB, L2 - 512 kB lub 1 MB (mo-

Core i7-6700K 8 40 4/8 8 LGATT51 ‘ del 3700+), pracuje z czestotliwoscig CPU.

Core i7-6700T 8 2,8 4/8 8 LGA1151
{ Core i7-6700 8 34 4/8 8 LGAT151

— - St . S .

+M__ S - SR e
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|| Procesor AMD Sempron 64 (Socket 754) }l- Podstawowe parametry procesora AMD Sempron 64 (Socket 939):
o gniazdo: Socket 939; |
| WW Ceie Rt ] - cagstoliwosc: 1800-2200 Mz |
Sempron 64 2500+ 1400 e FSB 200 MHz (400 MHz efektywnie); E
| e oznaczenie: 3000+ — 3500+;
iocmpionfolizend, 200 X 128 600 o pamigé cache: L1 - 64 kB + 64 kB, 12~ 128 lub 256 kB, pracuje z czestotliwoscig CPU. |
| 1 T
| Sempron 642800+ | 200 x8 256 1600 Procesor AMD Athlon 64 (Socket AM2) H
|| Sempron 64 3100+ 200 x9 256 1800 : ’ =
i 4 1
Sempron 64 3300+ 200 x10 128 2000 Athlon 64 3000+
| Sempron 64 3400+ 200 x11 256 2200 Athlon 64 3200+ 200 x10 312 BT g
= e TN ! . .. i - e |
| Podstawowe parametry procesora AMD Sempron 64 (Socket 754): Athlon 64 3500+ 200 x11 512 2200 I
e gniazdo: Socket 754; l ) ‘
512 2400
o czestotliwogé: 1400-2200 MHz; Y Athlon 64 3300+ 200 oSl |
e FSB 200 MHz (400 MHz efektywnie); i
| ® oznaczenie: 2500+ — 3400+; | Podstawowe parametry procesora AMD Athlon 64 (Socket AM2):
! e pamiec cache: L1 - 64 kB + 64 kB, L2 — 128 lub 256 kB, pracuje z czestotliwoscig CPU. i o gniazdo: Socket AM2; L sl
| Procesor AMD Athlon 64 (Socket 939) o czestotliwosé: 1800-2400 MHz;
e FSB 200 MHz (400 MHz efektywnie);
Athlon 64 3000+ 512 kB 1800 e pamie¢ cache: 11 — 64 kB + 64 kB, 12 — 512 kB, |
| r “ pracuje z czestotliwoscig CPU. i
| Athlon 64 3200+ 200 x10 512 kB 2000 |
| { Athlon 64 3500+ 200 x11 l 512 kB 2200 J 1 Procesor AMD Sempron 64 (Socket AM2)
Athlon 64 3700+ 200 xT1 1MB 2200 I FSB [MHZ] m Cache L2 [kB] | Czestotliwos¢ [MHz]
oo -~ 1
| Athlon 64 3800+ ' 200 x12 512 kB 2400 [ ‘ Sempmn 64 2800+ 1600 ||
. L |
Athlon 64 4000+ 200 x12 TMB 2400 Sempron 64 3000+ 200 x8 256 1600
! i
Podstawowe parametry procesora AMD Athlon 64 (Socket 939): = Sempron 64 3200+ 200 x9 128 1800
e gniazdo: Socket 939; erzsisie i 3
. s | 256 1800
o czestotliwo$é: 18002400 MHz; | Sempron 64 3400+ G 3(9, . S e B
e FSB 200 MHz (400 MHz efektywnie); | Sempron 64 3500+ 200 <10 128 2200 ,
o oznaczenie: 3000+ — 4000+; P . AR - — - et e ‘
e pamiegc cache: L1-64kB + 64kB, L2 - 512 kB lub 1 MB, pracuje
z czgstotliwoscia CPU. ; Podstawowe parametry procesora AMD Sempron 64 (Socket AM2):
| ! e gniazdo: Socket AM2;
Procesor AMD Sempron 64 (Socket 939) i o czestotliwosé: 1600-2200 MHz;
FSB [MHz] m Cache L2 [kB] Czqstotllwosc [MHz] e FSB 200 MHz (400 MHz efektywnie);
i ] e oznaczenie: 2800+ — 3500+; .
e . Ll i e pamieé cache: L1 - 64 kB + 64kB, L2 -128 lub 256 kB, pracuje
Sempron 64 3200+ 200 x9 256 1800 ' z czestotliwoscig CPU.
Sempron 64 3400+ 200 | x10 i 128 2000
I Sempron 64 3500+ 200 x11 128 2200 I
F‘- i e e - - - — SN - — 3
| : . = e e
i |
|
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Procesor AMD Athlon 64 X2 (Socket AM2)

.- I T N T e
i

© Athlon 64 X2 3600+

. Athlon 64 X2 3800+ 200
" Athlon 64 X2 4000+ 200
Athlon 64 X2 4000+ 200
Athlon 64 X2 4200+ 200

| | Athlon 64 X2 4400+ 200
E Athlon 64 X2 4400+ 200
 Athlon 64 X2 4600+ 200

§ i Athlon 64 X2 4800+ 200
2 Athlon 64 X2 4800+ 200

© Athlon 64 X2 5000+ 200
Athlon 64 X2 5200+ 200
Athlon 64 X2 5200+ 200

| Athlon 64 X2 5400+ 200
| Athlon 64X2 5600+ | 200

| Athlon 64 X2 5600+ 200
Athlon 64 X2 6000+ 200
Athlon 64 X2 6000+ 200

| Athlon 64 X2 6400+ 200

Podstawowe parametry procesora AMD Athlon 64 X2 (Socket AM2):

e gniazdo: Socket AM2;

oznaczenie: 3600+ — 6400+;

czestotliwos$d: 1900-3200 MHz;
FSB 200 MHz (400 MHz efektywnie);

x10
x10
x1
xN
x11
x11.5
x12
x12
x12.5
x13
x13
x13.5
x14
x14
x14,5
x15
x15.5
x16

| 2 x 1024 kB, pracuje z czestotliwosciag CPU.
Procesor AMD Phenom X3 (Socket AM2+)

| : Magistrala HT
: [MHz}
| Phenom X3 8400+ 1800
Phenom X3 8450+ 1800
Phenom X3 8600+ 1800
Phenom X3 8650+ 1800
L Phenom X38_759+W 1“8‘00
}

Cache L2

[KB]

3x512

3 x 512
3x512
3x 512
3x512

2 x 256
2% 512
2x1024
2x512
2x 512
2 x1024
2 x 512
2x 512
2 x1024
2x 512
2x 512
2x1024
2x512
2x1024
—2_><-1024
2 x 1024
2 x1024
2x 512
2 %1024

pamiec cache: L1 — 2 x 128 kB, L2 — 2 x 256 kB, 2 x 512 kB lub

Cache L3 [MB] CZQ?':;I)::IZ\?IOSC

S ST R ST R Y

1900
2000
2000
2100
2200
2200
2300
2400
2400
2500
2600 §
2600
2700
2800
2800
2900
3000
3100

3200 i

E

2100
2100
2300
2300
2400 l

Podstawowe parametry procesora AMD Phenom X3 (Socket AM2+):
e gniazdo: Socket AM2+;

czestotliwos¢: 2100-2400 MHz;

magistrala: HT 3600 MHz;

oznaczenie: 8400+ — 8750+;

pamiec cache: L1 -3 x 128 kB, 1.2 - 3 x 512kB, L3 -2 MB.

Procesor AMD Phenom X4 (Socket AM2+)

Magistrala HT Cache L2 Czestotliwos¢
i pa | e B0 L g

Phenom X4 9150 + 1800 4% 512 2 1300
Phenom X4 9350 + 1800 4x512 2 2000
Phenom X4 9;50 + 1800 4% 512 2 2100
Phenom X4 9500 + 1800 4% 512 B 2 2200
Phenom X4 9550 + 1800 4 x 512 | 2 2200
Phenom X4 9600 + 1800 4% 512 2 2300
r Phenom X4 9650 + 1800 4% 512 2 2300
L Phenom X4 9750 + 1800 4 x 512 2 2400 |
' Phenom X4 9850 + 2000 4x 512 2 | 2500 :
' Phenom X4 9950 + 2000 4% 512 2 2600 |

l
Podstawowe parametry procesora AMD Phenom X4 (Socket AM2+): [
o gniazdo: Socket AM2+; I ;
o czestotliwo$é: 1800-2600 MHz; |
e magistrala: HT 3600 i 4000 MHz; i
e oznaczenie: 9150+ — 9950+

e pamiec cache: L1 -4 x 128 kB, L2 -4 x 512 kB, L3 -2 MB. '

Procesor AMD Phenom X3 Socket AM2+

- Magistrala HT Cache L2 Cache L3 %

AP [MHz] [KB] [MB] [MHz]

. Phenom X3 8400+ 1800 3X 512 ; y) 2100 ! |

- Phenom X3 8450+ 1800 3X 512 2 | 2100 |
Phenom X3 8600+ 1800 3X 512 2 | 2300 L
Phenom X3 8650+ 1800 3X 512 _ 2 2300 t
Phenom X3 8750+ 1800 3XS12 | 2 2400 !

|
f

Podstawowe parametry procesora AMD Phenom X3 (Socket AM2+):
e gniazdo: Socket AM2+; |
czestotliwos$¢: 2100-2400 MHz; n
magistrala: HT 1800 MHz; 1
oznaczenie: 8400+ — 8750+;

pamie¢ cache: L1~ 3x128 kB, L2 -3 x 512 kB, L3 - 2 MB.

e E—
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Procesor AMD Phenom X4
Socket AM3+ Procesor AMD Athlon 11 X2 Socket AM3
M
ag['hs;ﬁl'i“ Al Cacl?s L2 Cache L3 Czestotliwos¢ P Magistrala HT Taktowanie Liczba rdzeni | Cache L2
| [KB] [MB] [MHz] [MHz] [GHz] watkow [kB]
Phenom X4 9150 + . 3600 | 4X512 1800 | Athlon 11 X2 215 | 2000 2x512
Phenom X4 9350 ‘ B _
+ 3600 4X 512 2 2000 Athlon 11 X2 235e 2000 2,7 2/2 2x1024 |
Phenom X4 9450 + 3600 4 X512 I 2 on |
L 2100 Athlon 11 X2 240e 2000 2,8 a 22 2x1024 §
Phenom X4 9500 ' '
om + T 3600 “ 4_)5_51% - 2 _2‘2_90~_ Athlon 11 X2 240 2000 2,8 2/2 2x1024
Phenom X4 9550 + | 3600 4 X512 | 2 2200 | Athlon 11X2 245 | 2000 1 2,9 2/2 2x1024
Phenom X4 9600 + 3600 4X 512 2 2300 g Athlon 11 X2 250 2000 3,0 2/2 2x1024
Ph | = T
enom X4 9650 + 3600 ] 4X 512 ] 2 2300 Athlon 11 X2 255 2000 3] 2/2 2x1024
Phenom X4 9750 + 3600 4X 512 2 2400 . |
'
Phenom X4 9850 + | 4000 4X 512 I 2 2500 Podstawowe parametry procesora AMD Athlon II X2: %
e gniazdo: Socket AM3; 1
Phenom X4 9950 + 4000 4X 512 2 2600 o czestotliwodc: 2,7-3,1GHz;
| Pod e HT - czestotliwo$¢ magistrali: 2000 MHz;
! odstawowe parametry procesora AMD Phenom X4 (Socket AM2+): o pamiec cache: L1 -2 x 16 kB, L2 — 2 x 512, 1024 kB, pracuje z czestotliwoscia CPU; H
: ® gnlaqu. Socket AM2+; o technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.
| e czestotliwos¢: 18002600 MHz; | !
1 ° maglstralgz HT 3600 i 4000 MHz; | Procesor AMD Athlon 1l X3 Socket AM3
e oznaczenie: 9150+ — 9950+;
o pamiec cache: L1 —4x 128 kB, 12— 4x 512 kB, L3 - 2 MB. ”ag[';t,rjl? = Ta';g’:{:]"'e L'cz‘?,:trkiz“f"' d caﬁt'ge] Lz
Procesor AMD Sempron Il Socket AM3 Athlon 11 X3 400e 2000 3x512 1
Mag[i:;rHala HT Takg;Hwanie Liczba rdlzeni / Cache L2 Athlon 11 X3 405e 2000 23 3/3 | 3x512
| 7] [GHZ] watk6w [MB] Athlon Il X3 425 2000 2,7 3/3 .
AMD Sem 140 T
pron 2000 27 n 1 ' Athlon 11 X3 435 2000 2,9 33 3512
AMD S 1 0 o i
SlpLonlL2 ALY 28 n 1 | Athlon 11 X3 440 2000 30 33 me2 |
AMD :
AMD Sempron 150 . 2000 29 a1 Athlon 11 X3 445 2000 3 3/3 3x512 [
Podstawowe parametry procesora Sempron: Athlon 11 X3 450 | 2000 32 K& = | !
o gniazdo: Socket AM3; Athlon 11 X3 455 2000 3,3 3/3 3x512
o czestotliwos¢: 2,7-2,9GHz; |
° HT- C,ZQStOtll.Woéc' magistrali: 2000 MHz; : | Podstawowe parametry procesora AMD Athlon 11 X3: E
e pamigc cache: L1 -1 x 128KB (64KB + 64KB), L2 — 1 x 1MB, pracuje z czestotliwoscia e gniazdo: Socket AM3; |

CPU; o o czestotliwoéé: 2,2-3,3GHz;
e technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport. | o HT - czestotliwos¢ magistrali: 2000 MHz;

o pamiec¢ cache: L1 -3 x 16 kB, L2 -3 x 512, pracuje z czgstotliwoscia CPU;
L ]

technologie: AMD Virtualization Technology. |
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Procesor AMD Athlon 11 X4 Socket AM3

BeEST Magistrala HT Taktowanie
[MHz] [GHz]

Liczba rdzeni |

watkow

Athlon 11 X4 600e i 2000

Athlon It X4 605e 2000 23 4/4

Athlon 11 X4 620 T 2000 f 2,6 1 4/4
| Athlon Il X4 630 ' 2000 i 2,8 4/4 i
L Athlon 1l X4 635 2000 l 2,9 4/4
' Athlon 11 X4 640 2000 3,0 4/4

Athlon I X4 645 2000 3 4/4 r

— 1 L

Podstawowe parametry procesora AMD Athlon 1T X4:
e gniazdo: Socket AM3;

o czestotliwo$é: 2,2-3,1GHz;

e HT - czgstotliwo§¢ magistrali: 2000 MHz;

e pamiec cache: L1 -4 x 16 kB, L2 — 4 x 512, pracuje z czestotliwoscig CPU;

e technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.

Procesor AMD Phenom 11 X2 Socket AM3

Procesor Taktowanie
[GHz]

Magistrala HT Liczba rdzeni |

[MHZ] watkow

]

Phenom Il X2 545 i 2000 3,0 ! 2/2

. o Biuiedo B A

Phenom 11 X2 550 2000 31 2/2 j

Phenom |1 X2 555 l 2000 3,2 l 2/2 E

e i | § —

Phenom 11 X2 560 2000 3,3 ] 22

- g

Phenom 1l X2 565 Jf 2000 | 3,4 I 2/2 'L

Phenom It X2 570 2000 3,5 2/2 ‘
& X B e 2 T, _L S — L -y

Podstawowe parametry procesora AMD Phenom II X2:
e gniazdo: Socket AM3;

o czestotliwoéé: 3,0-3,5GHz;

e HT - czestotliwo$¢ magistrali: 2000 MHz;

e pamigc cache: L1-2 x 16 kB, L2 — 2 x 512 kB, L3 — 6MB, pracuje z czestotliwoécia CPU;

e technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.

Procesor AMD Phenom I X3 Socket AM3

Procesor Magistrala HT

[MHz]
Phenom If X3 700e 2000 l
| Phenom 11 X3 705e 2000 2,5 lL 33

4x512
4x512
4x512
w512
4x512

4x512

’

!
(=)} (=) (2T« )

Cache L2
[kB]

Taktowanie Liczba rdzeni | Cache L3
[GHz] watkdw [MB]
2,4 3/3 ' 6 |

7

\T
\
\

]
[

PROY ORY
Magistrala HT Taktowanie Liczba rdzeni | Cache L3
it T v
Phenom IX3710 | 2000 6 ;
Phenom 11 X3 720 2000 2,8 3/3 6 i
Phenom I X3 740 2000 3,0 33 6 1
s 1

Podstawowe parametry procesora AMD Phenom 11 X3:
gniazdo: Socket AM3;

e czestotliwo$¢: 2,4-3,0GHz;
o HT - czestotliwo$¢ magistrali: 2000 MHz;
e pamiec cache: L1 -3 x16 kB, L2 — 3 x 512 kB, L3 — 6MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
o technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.
Procesor AMD Phenom 1l X4 Socket AM3
[MHz] [GHz] watkow [MB]
' Phenom [1X4805 | 2000 4 |
Phenom 1l X4 810 2000 2,6 4/4 ) 4
. Phenom i X4 820 2000 2,8 4/4 4 ‘
Phenom II X4 840 2000 3,2 4/4 ) Brak
Phenom 11 X4 900e 2000 24 4/4 | 6
i Phenom 1l X4 905¢e M 2,5 :1/4 | 6
Phenom 1l X4 910 2000 2,6 4/4 6
Phenom 11 X4 910e 2000 2,6 - 47: B —g
fL Phenom 11 X4 920 1800 2,8 4/4 g 6
| Phenom 1l X4 925 2000 2,8 4/4 6
Phenom Il X4 940 1800 3.0 4/4 |T 6 '
Phenom Il X4 945 2000 3,0 4/4 6
' Phenom Il X4 955 2000 32 4/4 6 j
P Phenom Il X4 965 2000 34 4/4 6
i Phenom 11 X4 970 l 2000 3,5 4/ 6 |
_Phenomlix4975 2000 3,6 4/4 6 | ’
Phenom 11 X4 980 2000 . 3,7 4/4 R !
Podstawowe parametry procesora AMD Phenom IT X4:

o gniazdo: Socket AM3;

czestotliwosé: 2,4-3,7 GHz;

HT - czestotliwo$¢ magistrali: 2000, 1800 MHz;

pamied cache: L1 -4 x 16 kB, L2 -4 x 512 kB, L3 - 6; 4MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;
technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.
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} i
Procesor AMD Phenom [l X6 Socket AM3 Podstawowe parametry procesora AMD EX: |
i : Socket AM3+;
P Magistrala HT Taktowanie Liczba rdzeni | Cache L3 ° gmaqu oc ,.e P )
rocesor [MHz] [CH] watkow [ME] ! s czestotliwosc¢: 3,1-3,9 GHz;
e HT - czestotliwo$¢ magistrali: 5200 MHz;
: Phenom 11'X6 1035T 2000 6/6 6 e pamied cache: L1 -4, 6, 8 x 128 kB (64 kB + 64 kB), 1.2 — 4, 6, 8 MB, L3 — 4 lub 8 MB,
pracuje z czestotliwoscig CPU;
i ) 2000 27 o/% - 2 e technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.
Phenom 11 X6 1055T 2000 ) 2,8 6/6 6 |
Phenom Il X6 1055T 2000 | 93 6/6 P Processor AMD FX Piledriver Socket AM3+
B . ! Magistrala HT | Taktowanie | Liczba rdzeni Cache L3 Cache L2 !
Phenom Il X6 1065T 2000 2,9 6/6 6 MHz] [GHz] e [MB] [MB]
Phenom [ X6 1075T 2000 3,0 6/6 6 | FX 4300 5200 4/4 2x2 |
| Phenom It X6 1090T 2000 3,2 6/6 6 =~ S 40 4/4 4 2x2 |
Phenom 11 X6 1100T 2000 33 6/6 6 EX 4350 5200 42 4/4 8 2x2 |
|
Podstawowe parametry procesora AMD Phenom II X6: f FX 6300 5200 3,5 6/6 8 3x2
e gniazdo: Socket AM3; FX 6350 5200 39 6/6 8 3x2 i
o czestotliwos$é: 2,6-3,3 GHz; [ . o
o HT - czgstotliwo$¢ magistrali: 2000 MHz; ‘ FX 8300 5200 1 33 8/8 x |
e pamiec cache: L1-4x16 kB, L2 — 6 x 512 kB, L3 — 6MB, pracuje z czestotliwoscig CPU; FX 8310 5200 3,4 8/8 8 4x2
¢ technologie: AMD Virtualization Technology, Turbo Core, Hyper Transport. |
FX 8320 5200 3,5 8/8 ) 4x2
Processor AMD FX Bulldozer Socket AM3+ | FX 8350 5200 40 8/8 8 4x2
Procesor Magistrala HT | Taktowanie | Liczba rdzeni / Cache L3 Cache L2 X 8370 5200 40 8/8 3 4%2
[MHZ] IGHZ] watkow [MB] [MB] |
' FX 9370 5200 44 8/8 8 4x2
FX 4100 5200 8 2x2
FX 9590 5200 47 8/8 8 4x2
FX 4120 5200 3,9 4/4 8 2x2
FX 4130 5200 3,8 4/4 4 2x2 Podstawowe parametry procesora AMD FX:
iazdo: Socket AM3+; |
FX 4150 5200 3,8 4 ¢ gmaz
' F 8 Lk o czestotliwo$¢: 3,3-4,7 GHz; |
FX 4170 5200 ; 42 4/4 8 2x2 e HT — czestotliwoé¢ magistrali: 5200 MHz; |
FX 6100 5200 | 33 6/6 8 3y2 e pamiec¢ cache: L1 -4, 6, 8 x 128 kB (64 kB + 64 kB), L2 — 4, 6, 8 MB, L3 - 41ub 8 MB,
’ L - pracuje z czgstotliwosciag CPU;
FX 6120 5200 3,6 6/6 8 3x2 e technologie: AMD Virtualization Technology, Hyper Transport.
23] 2200 36 /8 : 3x2 Processor AMD seria APU 3000 Socket FM1 !
2520 2 =L i 2 X P Bus Speed Taktowanie | Liczba rdzeni Cache L2 Zint. GPU
FX 8100 5200 3] 8/8 8 4x2 st [MHZ] [GHZ] watkéw [kB]
[ FX 8120 | 5200 3,1 8/8 8 4x2 A4-3300 100 2,5 , 512 HD 6410 '
10
T 6530
FX 8150 5200 3,6 8/8 8 4x2 A6-3500 L 100 2,4 3/3 1024 HD
A D 6530
FX 8170 5200 3,9 8/8 8 4x2 | | A6-3600 100 2,4 4/4 1024 H {
- I =2 i S — - 1 L - 3 . e e+ oo e A T T 17
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Bus Speed Taktowanie | Liczba rdzeni [ | Cache L2 Bus Speed Taktowanie | Liczba rdzeni/ | Cache 12 Zint. GPU
A o I

| A6-3650 1024 HD 6530 # A8-6500T 2x2048 HD 8550
A6-3670K 100 27 ap 1024 HD 6530 A8-6500 100 3,5 4/4 B g
A8-3300 100 2,4 as 1024 HD 6550 | i | A3-6600K 100 3,9 44 2x2048 HD 8570 |

| AB-3850 100 2,9 4/4 1024 HD 6550 } A10-6700T 100 2,5 44 2x2048 HD 8650

|| A8-3870K 100 3,0 4/4 1024 HD6550 | A10-6700 100 37 4/4 2x2048 o p I
|

' 4/4 2x2048 HD 8670 !
Podstawowe parametry procesora AMD FX serii APU 3000: A10-6790K 100 4.0 / ]

e gniazdo: Socket FM1; A10-6800K 100 41 4/4 2x2048 HD 8670 §
o czestotliwo$é: 2,1-3,0 GHz; -
e Bus Speed 100 MHz;

e pamiec cache: L2 — 1-4 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;

e technologie: AMD Virtualization Technology, zintegrowane GPU serii HD6000D.

Podstawowe parametry procesora AMD serii APU 6000:
e gniazdo: Socket FM2; |
e czestotliwos¢: 2,1-4,1 GHz;

i | e Bus Speed 100 MHz;
rocessor AMD serla APL SO0 Socket FM2 o pamiec cache: 12 -1, 4 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU;

B Ceson Bus Speed Taktowanie | Liczba rdzeni / Cache L2 it CPU | o technologie: AMD Virtualization Technology, zintegrowane GPU serii HD800OD.
[M HZ] [G Hz] watkow [kB] In

Processor AMD seria APU 7000 Socket FM2+
, A4-5300 2x512 HD 7480
p Bus Speed Taktowanie | Liczba rdzeni / Cache L2 Zint. GPU

A6-5400K 100 3,6 2/2 2512 HD 7540 rocesor [MHZ] [GHz] wqtkow [kB]
| A8:5500 00 3,2 4/4 232048 HD7560 A6-7400K 2512
i A8-5600K 100 36 4/4 2x2048 HD 7560 A6-7470K 100 37 2/2 2x512 RS ’ !
i

A10-5700 100 34 4/4 2x2048 HD 760 A8-7600 100 3,1 4/4 2x2048 R7

AT0-5800K 100 3,8 4/4 2x2048 HD 7660 A8-7650K 100 3,3 4/4 i 2x2048 R7 |
Podstawowe parametry procesora AMD FX serii APU 5000: A8-7670K 100 36 A4 2x2048 i
o gnlaqu: Solc,ket FM2; A10-7700K 100 34 4/4 2x2048 R7 |
e czestotliwo$é: 3,2-3,8 GHz; 7 |
o Bus Speed 100 MHz; | A10-7800 100 3,5 4/4 22048 7
e pamiec cache: L2 -1, 4 MB, pracuje z czestotliwoscig CPU; A10-7850K 100 37 4/4 2x2048 R7
e technologie: AMD Virtualization Technology, zintegrowane GPU serii HD7000D. R7

A10-7860K 100 3,6 4/4 2x2043
Processor AMD seria APU 6000 Socket FM2 A10-7870K 100 3.9 4/4 2x2048 R7
Bus Speed Taktowanie | Liczba rdzeni / Cache L2 4 2x2048 R7
i A10-7790K 100 41 4 |

[MHz] [GHZ] watkow 18] Zint. GO -

A4-6300 3,7 2/2 2x512 HD 8370 | Podstawowe parametry procesora AMD FX serii APU 7000:

iazdo: Socket FM2+;

A4-6320 100 38 212 2512 HD 8370 © gmazco: i
r / g - o czestotliwosé: 3,1-4,1 GHz;
| A6-6400K 100 3,9 2/2 2x512 HD 8470 | e Bus Speed 100 MHz;

AB-6420K 100 4,0 2/2 2x512 HD 8470 | e pamie¢ cache: 12 -1, 4 MB, pracuje z czestotliwodcia CPU;

! o technologie: AMD Virtualization Technology, zintegrowane GPU serii R51 R7. |

i
H

e e

B +—+w"' e T N e el e L "T — ~ .
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Processor AMD seria RYZEN 7 Socket AM4

Taktowanie
P
rocesor [GH?]

e
Ryzen 7 1800X | 3,6 8/16
Ryzen 7 1700X | 34 8/16
Ryzen 71700 _i' H 3,0 8/16
Ryzen 5 1600X 3,6 6/12
% T Ryzen 51600 ; 3,2 6/12
Ryzen 5 1500X 3,5 4/8
Ryzen 5 1500X 3,2 4/8

Liczba rdzeni |

Cache L2 + L3 j
[MB] Gniazdo

4+16
4+16
4+’|6—
3+16
3+16
2+16
2+8

Socket AM4
Socket AM4
Sécket AM4
Socket AM4
Socket AM4
Socket AM4
éocket AM4

Podstawowe parametry procesora AMD Ryzen:
e gniazdo: Socket AM4;

e czestotliwo$é: 3,0-3,6 GHz;

e pamigé cache: L2 -1, 3,4 MB, L3-8, 16 MB.

)

—d
|

(binary digit) — najmniejsza jednostka danych przyjmu-
jaca dwie wartosci: 0 lub 1.

— okredla, ile czasu efektywnie procesor
przeznacza na wykonanie okreslonego zadania.

— proces taczenia pofragmentowanych
plikéw i folderéw na dysku twardym komputera.

— stuzy do wykonywania wydrukéw dokumentéw
tekstowych lub obrazéw.

(network attached storage) — tech-
nologia umozliwiajaca podtgczenie pamieci dyskowych
bezposrednio do sieci komputerowej.

i — proces przygotowania partycji do zapisu

% danych.

‘] } — umozliwia nagranie filmu lub
prowadzenie wideokonferencji.

~ podstawowe urzadzenie peryferyjne wejscia
stuzace do wprowadzania danych.

— urzadzenie utatwiajace pracg na komputerze,
umozliwiajace wybieranie | aktywowanie opcji dostepnych
w wykorzystywanych programach komputerowych.

(optical character recognition) —
oprogramowanie do optycznego rozpoznawania pisma.

(random access memory) — pamiec o do-
stepie swobodnym.

l ‘ (read-only memory) — pamie¢ tylko do’

odczytu.

(e-paper) — rodzaj wyswietlacza sto-
sowany w czytnikach ksiazek elektronicznych, ktéry imituje
papier.

—wyspecjalizowane urzadzenie podobne do drukar-
ki, przeznaczone do rysowania wykreséw, map, schema-
téw, rysunkéw technicznych itp.

— egzemplarz wykonywanego programu posiadajg-
cy wlasng przestrzeri adresowa.

(Central Processing Unit) - urzadzenie cyfrowe se-
kwencyjne, ktére pobiera dane z pamigci, interpretuje je
i wykonuije jako rozkazy (procesor).

(Hard Disk Drive) — dysk twardy, jeden z typéw
urzadzen pamieci masowej, wykorzystywany do przecho-
1 wywania danych.

(Liquid Crystal Display) — technologia wyswietlania
| obrazu polegajaca na zmianie polaryzacji $wiatta na skutek
zmian orientacji czasteczek ciektego krysztatu pod wpty-
t wem przylozonego pola elektrycznego.

: (MPEG-/MPEG-2 Audio Layer 3) — cyfrowy format
| zapisu plikéw dzwiekowych.
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— komputer udostepniajacy zasoby innym kompu-
terom w sieci.

— urzadzenie wczytujace do komputera réznego
rodzaju dokumenty lub zdjecia, tworzace w ten sposéb
plik z elektronicznym obrazem zeskanowanego doku-
mentu.

~ uktad wspétdziatajacych ze sobg

dwéch sktadowych: sprzetu komputerowego i oprogramo-
wania.

(operating system) — oprogramowa-

hie zarzadzajace sprzetern komputerowym, tworzace sro-

dowisko do uruchamiania i kontroli zadar uzytkownika.

— podstawowa struktura uzywana przez
komputer do organizowania danych na dysku twardym.
— urzadzenie majace postac tabliczki z rysikiem,
umozliwiajace przenoszenie odrecznych rysunkéw oraz
pisma bezposrednio do komputera.

— standard komunikacji migdzy skanerami, apara-
tami cyfrowymi a programami graficznymi.
. — urzadzenia umozliwiajace ko-
munikacjg uzytkownika z systemem komputerowym.

(universal serial bus) — zlacze uniwersalnej magistrali
szeregowej.

— zestaw standardéw stworzonych do budowy bez-
przewodowych sieci komputerowych.

(liquid crystal display) — wyswietlacz
korzystajacy z technologii wyswietlania obrazu polegajacej
na zmianie polaryzacji $wiatta na skutek zmian orientacji
czasteczek ciektego krysztatu pod wplywem przylozonego
pola elektrycznego.

(zasilacz awaryjny) — wtérne zrédto energii
elektrycznej, ktére pobiera prad z wezesniej natadowanych
akumulatoréw.

(Optical Character Recognition) — oprogramowanie
do optycznego rozpoznawania pisma.

(Personal Computer Memory Card International
Association) — standard kart rozszerzer dla komputeréw
przenosnych.

(Quality of Service) — obstuga jakosci ustug.
(Random Access Memory) — pamie¢ o dostgpie
swobodnym — podstawowy rodzaj pamigci cyfrowej wyko-
rzystywany do przechowywania aktualnie wykonywanych
programéw i danych dla tych programéw oraz wyhikéw
ich pracy.
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JEZYK POLSKI
bit
chtodzenie

czestotliwosé

| czytnik ksiazek elektronicznych

defragmentacja

diagnostyka
dokumentacja
dokumentacja techniczna
drukarka

drukarka lokalna
drukarka sieciowa

dysk twardy

eksploatacja

ergonomia

| formatowanie

glosnik

gniazdo

gospodarowanie odpadami
instalacja

interfejs réwnolegly
interfejs szeregowy

jasnosc
jednostka centralna
karta graficzna

karta sieciowa

karta muzyczna
karta pamieci
karta rozszerzefi
klawiatura

koncentrator

| kosztorys

magistrala
materiat eksploatacyjny

matryca

JEZYK ANGIELSKI
bit
cooling
frequency
electronic book reader
defragmentation
diagnostics / diagnostic testing
documentation
technical documentation
printer
local printer

network printer

hard disk

operation / utilization / exploitation

ergonomics
formatting

speaker

socket

waste management
installation

parallel interface
serial interface

brightness
CPU — Central Processing Unit
graphics card / GFX

network interface controller / adapter

/ card

sound card
memory card
expansion card
keyboard

hub

estimated budget / cost estimation

Main / bus
operation material / consumable

matrix

JEZYK NIEMIECKI

der Bit

die Kithlung

die Frequenz / die Hiufigkeit
Ebook-Reader

die Defragmentierung

die technische Uberpriifung
die Dokumentation

die technische Dokumentation
der Drucker

der Lokaler Drucker

die Netzwerkdrucker

die Festplatte

der Betrieb / die Nutzung

die Ergonomie

die Formatierung

der Lautsprecher

die Buchse / die Steckdose

die Abfallwirtschaft
die Installation

die parallele Schnittstelle / das
parallele Interface

die serielle Schnittstelle / das serielle

Interface

die Helligkeit

die Zentraleinheit
die Grafikkarte
die Netzkarte

die Musikkarte
die Speicherkarte

die Erweiterungskarte / die Stedkarte

die Tastatur
der Hub

die Berechnung / der Kostenvoran-
schlag

der Bus
das Betriebsmaterial

die Matrize

W Y I I D Pol
JEZYK POLSKI
mikser
moc
modem

modernizacja
modut
monitor
montaz
most
mostek pétnocny
mostek potudniowy
mysz
napiecie
naped optyczny
natezenie
nosnik
obcigzenie
obudowa
odtwarzacz MP3
odzyskiwanie danych
oprogramowanie diagnostyczne
oprogramowanie monitorujgce
oprogramowanie narzedziowe
oprogramowanie uzytkowe
. pamigc
pamie¢ masowa
‘ pamiec operacyjna
pamigé RAM
pamie¢ ROM
papier elektroniczny
partycja
partycja podstawowa
partycja rozszerzona
ptyta gtéwna
' pobdér mocy
pojemnosé

L prad elektryczny

(- L’ EC '
JEZYK ANGIELSKI

mixer

power

modem

modernization

module

monitor / screen

assembly

bridge

northbridge

southbridge

mouse

voltage

optical drive

intensity

medium

load / encumbrance / overload
case [ tower

MP3 player

data recovery

diagnostic software
monitoring software

utility software

application software
mermory

mass storage

RAM — Random Access Memory
RAM — Random Access Memory
ROM — Read-Only Memory
electronic paper

partition

primary partition

extended partition
mainboard / motherboard
power consumption
capacity

electric current

JEZYK NIEMIECKI

der Mixer
die Starke

das Modem

die Modernisierung

das Modul

der Bildschirm

die Montage

die Briicke / der Bus

die Northbridge

die Southbridge

die Maus

die Spannung

das optische Laufwerk

die Starke

der Triger

die Belastung

das Gehduse

MP3-Player

die Datenwiederherstellung
die Diagnose-Software

die Uberwachungssoftware
die Gebrauchssoftware

die Anwendungssoftware
der Speicher

der Massenspeicher

der Arbeitsspeicher RAM
der RAM |/ Direktzugriffsspeicher
der ROM — Speicher
elektronisches Papier

die Partition

primdre Partition

erweitere Partition

die Hauptplatine

die Leistungsaufnahme
die Kapazitat

der elektrische Strom
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JEZYK POLSKI

proces
procesor

procesor graficzny
radiator

rezystor
rozdzielczos¢
rysunek techniczny
serwer

skaner

stanowisko pracy
sterownik

system informatyczny

system komputerowy
system operacyjny
system plikéw

szyna danych

toner -

tusz

transformator

uktad sterujgcy
urzadzenie peryferyjne

urzadzenie wielofunkeyjne

usterka
wejscie
wentylator
wiyczka
wyjscie
wySwietlacz
wzmachiacz
zasitacz

zasilacz awaryjny UPS

zigcze

JEZYK ANGIELSKI

process

processor/ CPU

graphics processing unit

radiator

resistor

resolution

technical drawing
server

scanner

workstation/ workplace
driver

IT system

computer system
data bus

file system

data bus

toner

ink

transformer
control system
peripheral (device)
multifunction device
malfunction

input

fan/ ventilator
plugin

output

display

amplifier / booster

feeder | power supply (unit)
UPS — Uninterruptible Power Supply

joint / junction / socket

JEZYK NIEMIECKI
der Prozess
der Prozessor
der Grafikprozessor
der Radiator / der Heizkérper
der Widerstand
die Auflésung
die technische Zeichnung
der Server
der Scanner
der Arbeitsplatz
der Treiber

das IT System (das Informations-
technologische System)

das Computersystem

der Datenbus

das Dateisystem

der Datenbus

der Toner

die Tinte

der Transformator

das Steuerwerk; das Leitwerk
das Peripheriegerit

das Multifunktionsgerat

die Panne, die; Funktionsstérung
der Eingang -

der Lufter / der Ventilator

das Modul

der Ausgang

das Display / die Anzeige

der Verstirker

das Netzteil / die Stromversorgung

UPS — ungestérte / die ununter-
brochene Stromversorgung

die Schnittstelle

[1] Kolan Z., Urzgdzenia techniki komputerowej, CWK Screen, Wroctaw 2003.

[2] Metzger P., Anatomia PC, Helion, Gliwice 2004

[3] Mueller S., Rozbudowa techniki komputerowej, Helion, Gliwice 2003.

[4] Wojtuszkiewicz K., Urzqdzenia techniki komputerowej, PWN-Mikom, Warszawa 2007.
[5] Czasopisma komputerowe: ,PC World”, ,Chip”, ,PC Kurier”, ,PC Format”.

[6] Strony www producentéw i dostawcéw podzespotéw komputerowych.
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